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Oikeudelliset ilmoitukset

Oikeudelliset iimoitukset

Kayttotarkoitusta koskeva lausunto

BOND-jarjestelma automatisoi tarvittavat kliiniset protokollat mikroskooppiobjektilaseihin kiinnitettyjen
patologisten ndytteiden immunovarjdyst’ varten. Mikroskooppiobjektilasit kdyvat taman jalkeen
terveydenhuollon patevan ammattilaisen suorittaman tulkinnan I&pi diagnoosin helpottamiseksi.

Tavaramerkit

Leica ja Leica-logo ovat Leica Microsystems IR GmbH:n rekisterdityja tavaramerkkejd; niiden kayttd on
lisenssin alaista. BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection,
Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ja Oracle e ovat Leica
Biosystems Melbourne Pty Ltd -yhtidn tavaramerkkeja, ACN-numero 008 582 401. Muut tavaramerkit ovat
asianomaisten omistajiensa omaisuutta.

Tekijanoikeus

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd omistaa téman asiakirjan ja siihen liittyvien ohjelmistojen
tekijanoikeudet. Asiakirjojen tai ohjelmistojen kopiointi, jaljentédminen, kaantdminen tai muuntaminen
elektroniseen tai muuhun koneellisesti luettavaan muotoon kokonaisuudessaan tai osittain on lain alaisesti
kiellettya ilman meilta saatua kirjallista lupaa.
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Tarkeda tietoa kaikille kayttajille
Tassa asiakirjassa kaytetty termi “Leica Biosystems” viittaa Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd -yhtioén.

Leica Biosystems pidattaa jatkuvan parantamisen kaytantéa noudattaakseen oikeuden muuttaa teknisia
tietoja ilman erillista ilmoitusta.

Takuuvaateita voidaan tehda vain, kun jarjestelmaa on kaytetty maariteltyyn kayttdtarkoitukseen tdman
asiakirjan ohjeiden mukaisesti. Tuotteen virheellisesta kasittelysta ja/tai vaarinkdytdsta johtuvat vahingot
mitatdivat takuun. Leica Biosystems ei ole vastuussa tallaisista vahingoista.

Henkiliden, jotka kayttavat BOND-III- ja BOND-MAX -prosessointimoduuleja, on oltava asianmukaisesti
koulutettuja. Kayttajille on kerrottava mahdollisista vaaroista tai vaarallisista toimenpiteistd ennen
instrumentin kayttda. Vain koulutettu henkiléstd saa poistaa prosessointimoduulin kansia tai osia, mikali
tdssa oppaassa pyydetdan niin tekemaan.

Korjauksia saa suorittaa vain Leica Biosystemsin valtuuttama pdteva huoltohenkildsto.
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Oikeudelliset ilmoitukset

Sellaiset vakavat haittatapahtumat, jotka ovat joko johtaneet tai voivat johtaa potilaan tai kayttajan
kuolemaan tai potilaan tai kayttajan terveydentilan valiaikaiseen tai pysyvaan heikkenemiseen, on
raportoitava paikalliselleLeica Biosystems edustajalle ja asianmukaiselle paikalliselle sdantelyviranomaiselle.

Versiotiedot

Versio | Julkaistu Paivitetyt kohdat Tiedot

A01 - - Ei julkaistu

A02 - - Ei julkaistu

AO03 Maaliskuu Kaikki Ensimmainen julkaistu
2020

A04 Marraskuu | Sadntelyilmoitukset Paivitetty
2020

A05 Joulukuu Symbolien selitykset Paivitetty uusilla tiedoilla tukemaan
2021 IVDR:aa.

Kayttotarkoitusta koskeva lausunto

Kohdan 12.9.1 Tunnisteen kuvantajan

Tarkeaa tietoa kaikille kayttajille uudelleen alustaminen poistettu.

CE-merkinta ja Euroopan unionin
ilmoitus

Lisatty Zebra DS2208
konfigurointiohjeet.

Instrumentin kaytdsta poisto ja
havittaminen

Poistettu 18 RemoteCare.

Tekniset tiedot

Yleiset varoitukset

LIS-yhteys ja alustaminen

Zebra DS2208-kdsikayttdinen
viivakoodiskanneri

Yhteydenotto Leica Biosystemsiin

Ota huolto- ja tukiasioissa yhteys paikalliseen Leica Biosystems -edustajaan tai katso
www.LeicaBiosystems.com
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Turvallisuusilmoitukset

Turvallisuusilmoitukset

Noudata kaikkia varotoimia henkil6- ja laitevahinkojen seké potilasnaytteiden vaurioitumisen, menetyksen
tai virheellisen yksildinnin valttamiseksi.

Turvallisuusilmoitusten tyypit

Tassa kayttdoppaassa annetut turvallisuusilmoitukset ovat joko varoituksia tai huomioita.

Varoitukset

Varoitukset ovat ilmoituksia vaaroista, jotka voivat johtaa henkilévahinkoihin tai mahdollisten
potilasndytteiden menetykseen, vaurioitumiseen tai virheelliseen yksildintiin.

Varoitussymboleissa on musta reuna ja keltainen tausta, kuten alla esitetaan:

LA

Murskaantumisvaara. Riski kaden tai kehon osan murskaantumiseen.

Lampdvaara. Kuumien pintojen koskettaminen johtaa palovammoihin.

Valtd koskettamasta talla symbolilla varustettuja osia.

Kemiallinen vaara. Vakavien terveysvaikutusten riski, jos asianmukaisia varotoimia ei
noudateta.

Kayta aina suojavaatetusta ja -kasineita.

Siivoa vuodot valittdmasti tavanomaisten laboratoriokaytantdjen mukaisesti.

Laservaara. Vakavan silmavaurion riski. Vélta suoraa kontaktia silman ja lasersateiden
valilla.

Huomaa. Jos ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla jarjestelman vaurioituminen tai
henkildvahinko. Lue annettu teksti tai asianmukaiset asiakirjat ennen kuin jatkat.

Sahkdvaara. Noudata toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita henkil6- ja
laitevahinkojen valttamiseksi.

Myrkytysvaara. Vakavien terveysvaikutusten riski, jos asianmukaisia kemikaalien
kasittelymenetelmia ei noudateta.
Reagensseja kasiteltdessa on kaytettava suojalaseja ja -kasineita.

Syttymisvaara. Tulenarat reagenssit voivat syttya tuleen, jos asianmukaisia varotoimia
ei noudateta.
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Turvallisuusilmoitukset

Huomiot

Huomiot ovat ilmoituksia vaaroista, jotka voivat johtaa BOND -jarjestelman laitevahinkoihin tai muihin
seuraamuksiin mutta eivat ihmisia koskeviin vaaroihin.

Huomautussymboleissa on musta reuna ja valkoinen tausta, kuten alla esitetaan:

A

Yleiset varoitukset

BOND-jarjestelman yleiset varoitukset annetaan alla. Muut varoitukset annetaan kadyttéoppaan
asiaankuuluvissa osioissa.

Instrumentin kaytto

Reagenssien ja leikkeiden kontaminaation valttamiseksi instrumenttia tulee kayttaa
puhtaassa ymparistdssd, jossa on mahdollisimman vahan polya ja hiukkasia.

> >

Jokainen bulkkireagenssisailio tulee instrumentin oikean toiminnan varmistamiseksi
asettaa oikeaan, varikoodattujen nimimerkintéjen mukaiseen asemaansa kammiossa.
Taman noudattamatta jattdminen voi heikentaa varjaysta.

Lisatietoja on kohdassa 2.2.7 - Bulkkisdilididen kammio

Tarkista bulkkisailiiden tasot ja tayta tai tyhjenna niita tarpeen mukaan aina tydpaivan
alkaessa (tai useammin, jos tarpeen — katso kohta 12.2.1 - Sdilididen tasojen
tarkistaminen). Taman noudattamatta jattaminen voi johtaa varjaysajojen

keskeytymiseen sdilidita poistettaessa, mika voi heikentda varjdysta.

> | >

Jos bulkkisailicta on taytettava prosessoinnin aikana, tarkista aina Protocol status
(Protokollan tila) -naytosta, ettei sailio ole kaytossa eika sita olla aikeissa kayttda. Taman
noudattamatta jattdminen voi vaarantaa prosessoitavat leikkeet. Palauta s&ilio paikalleen
valittdmasti tayton jalkeen — katso kohta 12.2.2.5 - Ajon aikana.

BOND-bulkkisailidita ei tarvitse irrottaa tayttdéa varten — katso kohta
12.2.2.1 - Bulkkireagenssin tayttdminen — BOND-III.

Voit valttaa tallaiset tilanteet tarkistamalla bulkkisailididen tasot paivittadin (tai useammin,
jos tarpeen — katso kohta 12.2.1 - Sdilididen tasojen tarkistaminen).

>

BOND ei tarvitse verkkoyhteytta toimiakseen ja suorittaakseen kayttotarkoituksensa. Esta
haitallinen tai luvaton paasy asentamalla BOND ilman yhteytté verkkoosi/infrastruktuuriisi.

Jos haluat verkkoyhteyden, BOND kannattaa yhdistaa palomuurilla varustettuun
virtuaaliseen lahiverkkoon (VLAN). Vaihtoehtoisesti voit ottaa kdyttéon ja validoida omat
verkon turvamekanismisi vakiotoimintakaytantdjen mukaisesti. Lisatietoja on BOND 5.1+ -
tietojarjestelmaoppaassa (49.6062.811).
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Turvallisuusilmoitukset

>

BOND-ohjaimessa ilmentyva haittaohjelma voi johtaa odottamattomaan toimintaan tai
instrumenttien kayttdkelvottomuuteen. Varmista, ettei USB-tallennusvalineissa ole
viruksia, ennen kuin liitdt ne BOND-ohjaimeen. Huomioi lisaksi, etta Leica Biosystems ei
esiasenna mitaan virustorjuntaratkaisua; suosittelemme, etta asennat yrityksesi
kayttdman virustentorjuntatuotteen. Lisatietoa saat paikalliselta Leica Biosystems -
edustajaltasi.

Kontrollit

>

Laboratorion ON LAADITTAVA riittavat kontrollitoimenpiteet ja yllépidettava niita
asianmukaisen varjaystuloksen varmistamiseksi kullekin leikkeelle. Leica Biosystems
suosittelee vahvasti, etta potilaskudoksen kanssa samoihin leikkeisiin asetetaan
asianmukainen kontrollikudos.

Kemialliset vaarat

>

Jotkin immunohistokemian ja in situ -hybridisaation reagenssit ovat vaarallisia. Varmista
ennen kuin jatkat, etta olet saanut riittavan koulutuksen toimenpidetta varten:

a. Kayta reagensseja kasitellessasi tai instrumenttia puhdistaessasi lateksi- tai
nitriilikasineitd, suojalaseja ja muuta sopivaa suojavaatetusta.

b. Noudata reagenssien ja lauhteen kasittelyssa ja havityksessa kaikkia
laboratoriotoimipaikkaan sovellettavia menettelyja ja maakohtaisia asetuksia.

Reagenssisailiot voivat kallistua kuljetuksen aikana, jolloin korkin ympérille voi jaada

=) reagenssijaamia. Kayta aina hyvaksyttyja suojalaseja, -kasineitd ja suojavaatetusta, kun
= avaat reagenssisailiita.

Leikkeen varjayskokoonpanon ympadrille voi kertyd mahdollisesti vaarallisia reagensseja,
% jotka voivat kontaminoida leikealustat. Kayta aina hyvaksyttya suojavaatetusta ja

suojakasineitd, kun kasittelet leikealustoja.

Jotkut BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleissa kadytettavista reagensseista ovat
tulenarkoja:

. Al3 aseta prosessointimoduulien lheisyyteen liekkid tai sytytyslahdett.
« Varmista, etta kaikkien bulkkisailiiden korkit suljetaan asianmukaisesti tayton tai
tyhjentédmisen jalkeen.

> B

Prosessointimoduuleissa kaytetadn kuumentimia ja kuumennettuja pintoja, jotka voivat
aiheuttaa syttymisvaaran, jos niiden lahelle asetetaan tulenarkoja materiaaleja.

« Al3 aseta tulenarkoja materiaaleja kuumentimien péalle tai Iahelle kuumentimia.
« Al3 aseta tulenarkoja materiaaleja prosessointimoduulin kuumille pinnoille.

« Varmista, etta kaikkien bulkkisailiiden korkit suljetaan asianmukaisesti tayton tai
tyhjentédmisen jalkeen.
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Turvallisuusilmoitukset

Mekaaniset vaarat

Valta vammat sulkemalla instrumentin kansi varovasti ja varomalla kasien jadmista
kannen valiin.

Paarobotti, imuanturi, ruiskupumput ja bulkkinesterobotit (BOND) voivat liikkua kaytén
aikana ilman ennakkovaroitusta nopeudella, joka voi aiheuttaa vamman.

. Al yrita avata instrumentin kantta ajon ollessa kdynnissé.
« Al3 yrité ohittaa lukituksia, jotka estévét laitteen toiminnan, kun kansi avataan.
« Varmista, ettd ruiskupumppujen suojukset ovat paikallaan kayton aikana.

Valta koskettamasta leikkeiden varjdyskokoonpanoja ja niiden ymparistéa. Nama osat
voivat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna leikkeiden
varjayskokoonpanojen ja niiden ymparistdn jadhtya kaytodn jalkeen noin 20 minuutin ajan.

Ota yhteys asiakastukeen, jos prosessointimoduulia on tarpeen siirtda pitkia matkoja tai
jos se on tarpeen kuljettaa korjattavaksi tai havitettdvaksi. Prosessointimoduuli on erittdin
raskas, eika sitd ole suunniteltu kayttajan siirrettdvaksi.

Varmista, ettd ruiskun luukku on suljettu (BOND-MAX) tai ruiskun suojus on paikallaan
(BOND-III) normaalin kdyton aikana. Jos ruisku tai ruiskun liitin 18ystyy, ruiskusta voi
suihkuta paineistettua reagenssia.

Ota valittdmasti yhteytta asiakastukeen, jos paarobotti ja/tai bulkkinesterobotit toimivat
yli viiden sekunnin ajan sen jalkeen, kun prosessointimoduulin kansi on avattu.

Al3 siirra paarobotin vartta, kun prosessointimoduuli on paalla. Robotin kohdistus voi
vaaristya, mika aiheuttaa huonoja varjaystuloksia.

Jos robottia on siirretty: sammuta instrumentti, odota 30 sekuntia ja kdynnista
instrumentti sitten uudelleen.

Kytke prosessointimoduuli aina pois paalta suorittaessasi puhdistus- tai huoltotehtavia
(automaattisia puhdistustehtavid, kuten imuanturin puhdistusta lukuun ottamatta).

> B BB BB B B>

BOND-bulkkinesterobotit mahdollistavat puhdistamisen liikkumalla pitkin leikkeiden
varjayskokoonpanoja. Taman toimenpiteen saavat suorittaa vain kayttdjat, joita on
varoitettu mahdollisista vaaroista ja jotka ovat saaneet riittdvan koulutuksen toimenpiteen
suorittamiseen.

Vi
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Turvallisuusilmoitukset

Leikkeiden varjayskokoonpanot siséltdvat lilkkkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa vakavia
vammoja. Al3 vie sormiasi leikkeiden véarjdyskokoonpanon ldhelle instrumentin kdyton
aikana.

Ennen kuin yritat avata leikkeiden varjayskokoonpanoja manuaalisesti: kytke
prosessointimoduulin virtakytkin pois paalta, kytke virransyotto pois ja irrota
verkkovirtapistoke seinasta.

Ruiskupumppumoduuli (BOND-IIT) on erittdin painava ja se voi kaatua eteenpdin, kun se
vapautetaan. Taman toimenpiteen saavat suorittaa vain kayttajat, joita on varoitettu
mahdollisista vaaroista ja jotka ovat saaneet riittavan koulutuksen toimenpiteen
suorittamiseen.

> B

Al nosta instrumenttia BOND-takakannessa olevista kahdesta mustasta kahvasta.

Sahkbvaarat

Al3 poista prosessointimoduulin suojuksia tai yrita késitelld sen sisskomponentteja.
BOND-prosessointimoduulin sisallé on vaarallisia jannitteita. Vain Leica Biosystems -yhtitn
hyvaksymat patevat huoltoteknikot saavat suorittaa tallaisia tehtavia.

Ald muuta prosessointimoduulin kdyttéjannitetts. Laitteen kytkeminen vaaraan
syottéjannitteeseen voi johtaa vakaviin vaurioihin. Ota yhteytta asiakastukeen, jos
asetuksia on muutettava.

Prosessointimoduuli on kytkettava maadoitettuun pistorasiaan ja sijoitettava siten, etta
henkildstd pystyy helposti irrottamaan verkkovirtakaapelin instrumenttia siit@matta.

> BB B

Ala ohita sulakkeita tai aseta niita oikosulkuun.

Sammuta instrumentti ja kytke virtajohto irti ennen kuin vaihdat sulakkeita. Kayta
vaihtosulakkeina vain vakiosulakkeita. Jos sulakkeet palavat toistuvasti, ota yhteys
asiakastukeen.
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Turvallisuusilmoitukset

Yleiset huomiot
Yleiset BOND-huomiot annetaan alla. Muut huomiot annetaan kayttdoppaan asiaankuuluvissa osioissa.

Asennusvaarat

Al3 tuki instrumentin takakannessa olevia ilmanvaihtoaukkoja. Ald tuki mydskaan ruiskun
luukun ilmanvaihtoaukkoja (BOND-MAX).

>

Kayttovaarat

Aseta kaikki leikkeen tarran osat leikkeen reunojen sisapuolelle. Ulos tydntyva tarttuva
pinta voi aiheuttaa leikkeen tarran (ja leikkeen) tarttumisen Covertileen tai muihin
laitteisiin, mika voi vahingoittaa leiketta.

Al3 poista pientd nestetason anturin suojusta bulkkisailiésta (BOND-MAX), silla se voi
vaurioitua. Tyhjenna ja tayta bulkkisailidita vain suuren taytté-/tyhjennyskorkin kautta.

Puhdista kaikki irrotettavat osat aina késin. Ald pese mitdén osia automaattisessa
astianpesukoneessa, jotta niiden vaurioituminen voidaan valttda. Ald puhdista mitéén osia
liuottimilla, voimakkailla tai hankaavilla puhdistusnesteilla tai karkeilla tai hankaavilla
liinoilla.

Ala puhdista pesublokin aukkojen tai leikkeiden vérjayskokoonpanon rakenteiden
sisdpuolta vaunupuikoilla, silla niiden vanukarki voi irrota ja aiheuttaa tukoksen.

Ala aseta bulkkisailita vakisin paikoilleen, silla tdmé voi vaurioittaa sailiots ja
nesteanturia.

Al3 kayta vahingoittuneita leikkeitd. Varmista, ettd kaikki leikkeet on kohdistettu oikein
leikealustoihin ja etta kaikki Covertilet on sijoitettu oikein (katso kohta 2.6.2 - BOND
Universal Covertiles) ennen prosessointimoduuliin lataamista.

Varmista, ettd ruiskumoduuli (BOND-III) on tdysin suljettu ennen kuin ajo aloitetaan tai
prosessointimoduuli alustetaan (katso kohta 12.4.1 - Leikkeiden varjdyskokonaisuuksien
manuaalinen avaaminen). Taman noudattamatta jattaminen voi johtaa ruiskujen
vaurioitumiseen kayton aikana.

Varmista ennen ylalevyn puhdistamista tai poistamista, etta bulkkinesterobotit (BOND-III)
ovat alkuasennossaan instrumentin takana, eivatka sijoitettuina leikkeiden
varjayskokoonpanoihin.

>|| BB BB
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Turvallisuusilmoitukset

Reagenssivaarat

Yhteensopimattomien liuosten padseminen kontaktiin toistensa kanssa voi johtaa
puutteellisiin varjaystuloksiin ja prosessointimoduulin vaurioitumiseen. Liuosten
yhteensopivuudesta voi kysya Leica Biosystems -yhti6lta.

Al3 kayta BOND-prosessointimoduuliin ksyleenid, kloroformia, asetonia, voimakkaita
happoja (esim. 20-prosenttinen HCI) tai voimakkaita emaksia (esim. 20-prosenttinen
NaOH). Jos jotakin ndista kemikaaleista paasee vuotamaan BOND-instrumentin
Iaheisyyteen, puhdista vuotanut tuote valittémasti 70-prosenttisella alkoholilla, jotta
prosessointimoduulin suojusten vauriot valtetaan.

> >

K&yta BOND-III- ja BOND-MAX-instrumenteille vain BOND Dewax Solution -liuosta. Al&
kayta ksyleenid, ksyleenin korvikkeita tai muita reagensseja, jotka voivat heikentdd BOND-
jarjestelman osia ja aiheuttaa nestevuotoja.

>
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Turvallisuusilmoitukset

Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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Saantelyilmoitukset

Saantelyilmoitukset

In vitro -diagnostiikan symboli

IVD

FCC-vaatimustenmukaisuus

Tama laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC-saantdjen osan 15 alaosan B mukaisia luokan A
digitaalisille laitteille maariteltyja rajoituksia. Nama rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja
haitallisia hairidita vastaan, kun laitetta kdytetadn kaupallisessa ymparistdssa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja
voi sateilla radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja kayteta ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa
haitallisia hairiita radioviestintddn. Taman laitteen kayttd asuinalueella aiheuttaa todennakdisesti hairitta,
missa tapauksessa kayttajan on korjattava hairié omalla kustannuksellaan.

Kayta vaatimustenmukaisen toiminnan varmistamiseksi vain instrumentin mukana toimitettuja kaapeleita.

Varoitus: Kaikki muutokset tai muunnokset, joita Leica Biosystems ei ole nimenomaisesti hyvaksynyt,
voivat mitatdida kayttajan oikeuden kayttaa tata laitetta.

CE-merkinta ja Euroopan unionin ilmoitus

CE-merkinta osoittaa, etta laite on valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
C E lueteltujen soveltuvien EU-direktiivien mukainen.

Ammattikayttoon tarkoitettuja in vitro -diagnostisia laitteita koskevat ohjeet
Tama IVD-laite noudattaa standardin IEC 61326 osan 2-6 paastdja ja hairidnsietoa koskevia vaatimuksia.
Sdhkdmagneettinen ymparisto on arvioitava ennen laitteen kayttoa.

Al5 kayta tats laitetta voimakkaan sdhkémagneettisen séteilyn lihteiden (esim. suojaamattomien
tarkoituksellisten radiotaajuuslahteiden) laheisyydessa, silla ne voivat hairitd laitteen asianmukaista
toimintaa.

Varoitus: Tama laite on suunniteltu ja testattu CISPR 11 -luokan A mukaisesti. Kotitalousymparistdssa se
saattaa aiheuttaa radiohairigita, joiden vahentamiseksi on mahdollisesti ryhdyttéva toimenpiteisiin.

Tietokonetta koskevat lakisdanteiset vaatimukset: UL-luetteloitu (UL 60950), IEC 60950 -sertifioitu.
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Saantelyilmoitukset

Laitteen luokitus CISPR 11:n mukaan (EN 55011)

Tama laite on luokiteltu ryhman 1, luokan A laitteeksi CISPR 11:n (EN 55011) mukaisesti. Ryhman ja luokan
selitys annetaan alla.

Ryhma 1 - Kaikki laitteet, joita ei ole luokiteltu ryhman 2 laitteiksi.

Ryhma 2 —Kaikki radiotaajuiset ISM-laitteet, jotka tuottavat ja kdyttavat tai ainoastaan kayttavat
tarkoituksellisesti radiotaajuusenergiaa taajuusalueella 9 kHz — 400 GHz sahkémagneettisen sateilyn tai
induktiivisen ja/tai kapasitiivisen kytkenndn muodossa materiaalien kasittelyssa tai tarkastus-
/analyysitarkoituksissa.

Luokka A — Kaikki laitteet, jotka soveltuvat kaytettaviksi kaikissa muissa laitoksissa paitsi kotitalouksissa ja
tiloissa, jotka on kytketty suoraan asuinrakennuksille sahkoa sydttaviin pienjanniteverkkoihin.

Luokka B — Kaikki laitteet, jotka soveltuvat kaytettaviksi kotitalouksissa ja tiloissa, jotka on kytketty
suoraan asuinrakennuksille séhkoa syéttaviin pienjanniteverkkoihin.

ISM: teollisuuden, tieteen ja ladketieteen kayttoon.

RF: radiotaajuus.

Symbolien selitykset

Saadossymbolit

Leica Biosystems -tuotteiden séaadoksellisten symbolien selitykset.

Huomautus: Tdssa sanastossa on kuvia vastaavissa standardeissa esitetyistd symboleista.
Jotkin symbolit voivat kuitenkin vaihdella variltaan.

Seuraavassa on luettelo tuotemerkinndissa kaytetyista symboleista ja niiden merkityksesta.

ISO 15223-1

Laakinnalliset laitteet — symbolit, joita kaytetdan laakinnéllisten laitteiden merkinndissa, etiketeissa ja
toimitetuissa tiedoissa — Osa 1: Yleiset vaatimukset.

Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus

ISO 15223-1 5.1.1 Valmistaja
Osoittaa laakinnallisen laitteen valmistajan.

| EC [ReP| IS0 15223-1 5.1.2 Valtuutettu edustaja Euroopan yhteiséssi
Osoittaa valtuutetun edustajan Euroopan yhteisossa.

ISO 15223-1 5.1.3 Valmistuspaivamaara
Osoittaa laakinnallisen laitteen valmistuspaivan.
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Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus

ISO 15223-1 5.14 Viimeinen kayttopadiva (vanhenemispaivamaara)

Osoittaa paivamaaran, jonka jalkeen ladkinnallista
laitetta ei saa kayttaa.

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Erdkoodi
Osoittaa valmistajan erdakoodin, jotta erd voidaan
tunnistaa.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Luettelonumero/viitenumero

Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jotta
ladkinnallinen laite voidaan tunnistaa.

SN ISO 15223-1 5.1.7 Sarjanumero

Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jotta tietty
laakinnallinen laite voidaan tunnistaa.

I I1SO 15223-1 5.3.1 Sarkyva, kasiteltiva varoen
4

Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka voi rikkoutua tai
vaurioitua, jos sitd ei kasitella varoen.

., ISO 15223-1 5.3.4 Pida poissa sateesta
Indicates that the transport package shall be kept away
from rain and in dry conditions.

ISO 15223-1 5.3.7 Lampdotilarajoitus

Osoittaa lampdtilarajat, joille Iddkinnallinen laite voidaan
turvallisesti altistaa.

ISO 15223-1 5.4.2 Ei saa kayttaa uudelleen

Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka on tarkoitettu
kertakdyttoon tai kdytettavaksi yhdella potilaalla yhden
toimenpiteen aikana.

EE I1SO 15223-1 5.4.3 Katso kidyttoohjeet

Osoittaa, etta kayttdjan on perehdyttava kayttdohijeisiin.

ISO 15223-1 5.4.4 Huomio
Osoittaa, etta kayttdjan on perehdyttava kayttdohjeiden
tarkeisiin varoitustietoihin, kuten varoituksiin ja
varotoimiin, joita ei eri syista voida esittaa itse
laakinnallisessa laitteessa.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 In vitro -diagnostinen ladkinndllinen laite

Osoittaa laakinnallisen laitteen, joka on tarkoitettu
kaytettavaksi in vitro -diagnostisena ladkinnallisena
laitteena.
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Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus
ISO 15223-1 5.1.8 Maahantuoja
Osoittaa yhtitn, joka tuo laakinnallisen laitteen Euroopan
unioniin.

ISO 7000

Laitteistossa kaytettavat graafiset symbolit — Rekisterdidyt symbolit.

Symboli Standardi/Saanto Viite

ISO 7000 1135 Kierrata

Osoittaa, etta merkitty tuote tai sen materiaali on osa
talteenotto- tai kierratysprosessia.

ISO 7000 1640 Tekninen opas, huolto-opas
Osoittaa paikan, johon kasikirja on tallennettu, tai
laitteen huolto-ohijeisiin liittyvan tiedon. Osoittaa, etta
huolto-oppaan tai -kasikirjan kayttéa on harkittava, kun
laitetta huolletaan ldhella symbolia.

= 29

Q: ISO 7000 2594  Ilmanvaihto auki

_—— Osoittaa ohjaimen, joka paastaa ulkoilman
sisaymparistoon.

® % , 1SO7000 3650 USB

Osoittaa portin tai pistokkeen tayttavan yleissarjavaylan
(USB) yleiset vaatimukset. Osoittaa, etta laite on
kytketty USB-porttiin tai yhteensopiva USB-portin
kanssa.

ISO 7000 5016 Sulake
Osoittaa sulakekotelot tai niiden sijainnin.

[

IEC 60417

Laitteistossa kaytettavat graafiset symbolit.

Symboli Standardi/Saanto Viite

IEC 60417 5007 Paalla
IImaisee liitannan verkkovirtaan, vahintaan
verkkovirtakytkimia tai niiden asentoja varten ja kaikissa
tapauksissa, joissa on kyse turvallisuudesta.
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Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus

IEC 60417 5008 Poi pailta

Osoittaa, etta laite on kytketty irti verkkovirrasta,
vahintdan verkkovirralla toimivien kytkinten tai niiden
asentojen osalta ja kaikissa tapauksissa, joissa on kyse
turvallisuudesta.

IEC 60417 5009 Valmiustila

Osoittaa kytkimen tai kytkimen asennon, jonka avulla
osa laitteesta kytketdan paalle, jotta se siirtyy
valmiustilaan.

@ IEC 60417 5019 Suojamaadoitus: suojamaadoitus
/\/

Atad

o

Liitin, joka on tarkoitettu kytkettavaksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkdiskulta vian sattuessa tai
suojamaadoituselektrodin liittimeen.

IEC 60417 5032 Yksivaiheinen vaihtovirta

Osoittaa arvokilvessd, etta laite soveltuu vain
vaihtovirtakayttoon; asianmukaisten liittimien
tunnistamiseen.

IEC 60417 5134 Sahkostaattisesti herkat laitteet

Paketit, jotka sisaltavat sdhkdstaattisesti herkkia laitteita
tai laitteen tai liittimen, jota ei ole testattu
sahkostaattisen purkauksen hairidnsietoa vastaan.

IEC 60417 5988 Tietokoneverkko

Osoittaa itse tietokoneverkon tai osoittaa
tietokoneverkon liiténtapaatteet.

IEC 60417 6040 Varoitus: Ultraviolettisdteily
@ Varoitus UV-valosta tuotteen kotelon sisalla, joka voi olla
riittdvan suuri muodostaakseen riskin kayttajalle.
Sammuta UV-lamppu ennen tuotteen avaamista. Kayta
huollon aikana UV-séteilylta suojaavia silma- ja
ihosuojaimia.

IEC 60417 6057 Varoitus, liikkuvia osia
Turvatoimiohje, jonka tarkoituksena on pitaa sinut
i

loitolla liikkuvista osista.

IEC 60417 6222 Yleiset tiedot

Osoittaa ohjeen laitteen tilan tutkimiseen, esim.
monikayttdiset kopiointikoneet.
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Muut symbolit ja merkinnat

Symboli

Standardi/Saanto

13<Only

C€

21 CFR 801.15(c)(1)(i)F

Laitteen
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
luetellaan direktiivit, joita jarjestelma
noudattaa

Direktiivi 2012/19/EY EU: sahké- ja
elektroniikkalaiteromu (WEEE)

Q AS/NZS 4417.1

Vain hoitomaarays

Yhdysvaltain elintarvike- ja Iaakevirasto
FDA:n (FDA) hyvaksyma vaihtoehto:
"Huomio: Liittovaltion laki rajoittaa
tamén laitteen myynnin lisensoidulle
terveydenhuollon ammattilaiselle tai
taman maarayksesta.”

Eurooppalainen
vaatimustenmukaisuus

CE-merkinta tarkoittaa, etta jarjestelma
on soveltuvien EU-direktiivien
mukainen. Laitteen
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
luetellaan direktiivit, joita jarjestelma
noudattaa.

Sahko- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivi
(WEEE)

Elektronista tuotetta ei saa havittda
lajittelemattomana jatteend, vaan se
on lahetettava eri kerayspisteisiin
talteen otettavaksi ja kierratettavaksi.

Tama etiketti osoittaa, etta:

« Laite tuotiin Euroopan
markkinoille 13. elokuuta 2005
jalkeen.

« Laitetta ei saa havittéa minkaan
Euroopan unionin jasenvaltion
yhdyskuntajatteen
kerdysjarjestelman kautta.

Asiakkaiden on ymmarrettava kaikki
sahkolaitteiden oikeaa puhdistusta ja
turvallista havittamista koskevat lait ja
noudatettava niita.

Vaatimustenmukaisuusmerkinta
(RCM)

Osoittaa Australian Communications
Media Authority (ACMA) -vaatimusten
(turvallisuus ja EMC) noudattamista
Australian ja Uuden-Seelannin osalta.

XVi
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Symboli Standardi/Saanto Viite Kuvaus
n Kiinan kansantasavallan Vaarallisten aineiden kayton
: 1“' elektroniikkateollisuuden standardi rajoittaminen (RoHS 2)
SJ/T11364 Osoittaa, ettd tama elektroninen

tietotuote sisaltaa tiettyja myrkyllisia tai
vaarallisia elementteja, ja sitd voidaan
kayttaa turvallisesti sen
ymparistdnsuojelun mukaisen kayton
aikana. Logon keskelld oleva numero
osoittaa tuotteen ymparisténsuojelun
mukaisen kayttdajan (vuosina). Ulompi
ympyra osoittaa, etta tuote voidaan
kierrattad. Logo tarkoittaa my0s, etta
tuote on kierratettava valittdomasti sen
ymparistdnsuojelullisen kayttéajan
paatyttya. Etiketissa oleva paivamaara
osoittaa valmistuspaivamaaran.

b Kiinan kansantasavallan Vaarallisten aineiden kdyton
e" elektroniikkateollisuuden standardi rajoittaminen (RoHS 2)
SJ/T11364 Osoittaa, ettd tdma elektroninen

tietotuote ei sisalla vaarallisia aineita tai
ne eivat ylita GB/T 26572 -standardissa
madritettyja pitoisuusrajoja. Se on
ymparistdystavallinen tuote, joka
voidaan kierrattaa.

C Osasto 47 United States Code of Yhdysvaltain liittovaltion
Federal Regulations, osa 15 viestintakomissio (FCC)

Tama laite on testattu ja sen on todettu
noudattavan FCC-saantdjen osan 15
mukaisia madriteltyja rajoituksia.

@ N/A Underwriters Laboratory (UL) -
CN&E/US sertifiointimerkints

Underwriters Laboratories on
sertifioinut, etta luetellut tuotteet
tayttavat seka Yhdysvaltain etta
Kanadan turvallisuusvaatimukset.

. CSAKansainvélinen CSA Groupin testauslaitoksen
S P luetteloima hyviaksytty laite
C

CSA Group on sertifioinut, etta luetellut
tuotteet tayttdvat seka Yhdysvaltain
ettd Kanadan turvallisuusvaatimukset.
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Viite Kuvaus

Symboli Standardi/Saanto

@.
N/A

Turvallisuussymbolit

Intertek-testauslaitoksen
luetteloima hyvaksytty laite
Intertek-testauslaitos on sertifioinut,
etta luetellut tuotteet téyttavat seka
Yhdysvaltain etté Kanadan
turvallisuusvaatimukset.

Yhdistamaton portti
Tassa tuotteessa on liittdmatoén portti
ruiskupumpussa.

Explanation of the safety symbols used for Leica Biosystems products.

Leica Biosystemsin tuotteiden turvallisuussymbolien selitykset.

ISO 7010

Graafiset symbolit — Turvavarit ja -merkit — Rekisterdidyt turvamerkit.

Symboli Standardi/Saanto

Viite

Kuvaus

ISO 7010

% ISO 7010
.% IS0 7010

f ISO 7010

W001

W004

WO009

W012

Yleiset varoitukset

Osoittaa, etta kayttdjan on perehdyttava kayttdohjeiden
tarkeisiin varoitustietoihin, kuten varoituksiin ja
varotoimiin, joita ei eri syista voida esittaa itse
laakinnallisessa laitteessa.

Varoitus: lasersade

Laservaara. Vakavan silmavamman mahdollisuus. Valta
suoraa katsekontaktia lasersateisiin.

Varoitus: biologinen vaara

Biologinen vaara. Mahdollinen altistuminen biologiselle
vaaralle. Noudata mukana toimitetuissa asiakirjoissa
annettuja ohjeita altistumisen valttamiseksi.

Varoitus: sahkoiskun vaara

Sahkoévaara. Sahkdiskun vaara. Noudata toimitetuissa
asiakirjoissa annettuja ohjeita henkil6- ja laitevahinkojen
valttdmiseksi.
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Symboli Standardi/Saanto Kuvaus

ISO 7010 WO016 Varoitus: myrkyllinen materiaali
Myrkytysvaara. Vakavien terveysvaikutusten riski, jos
asianmukaisia kemikaalien kasittelymenetelmia ei
noudateta. Reagensseja kdsiteltdessa on kaytettava
suojalaseja ja -kasineita.

ISO 7010 WO017 Varoitus: kuuma pinta

Lampdvaara. Kuumien pintojen koskettaminen johtaa
palovammoihin. Valta koskettamasta talla symbolilla
varustettuja osia.

ISO 7010 w021 Varoitus: syttyva materiaali

Syttymisvaara. Tulenarat materiaalit voivat syttya
tuleen, jos asianmukaisia varotoimia ei noudateta.

P> P

ISO 7010 W023 Varoitus: sydvyttiva aine

Sydvyttavan aineen aiheuttama kemiallinen vaara.
Vakavien terveysvaikutusten riski, jos asianmukaisia
varotoimia ei noudateta. Kayta aina suojavaatteita ja
kasineita. Siivoa vuodot valittdmasti tavanomaisten
laboratoriokayténtéjen mukaisesti.

Iy

Iq

Murskaantumisvaara. Kadet tai kehon osat voivat

ISO 7010 W024 Varoitus: kdasien murskaantuminen
1
murskaantua laitteen mekaanisten osien sulkeutuessa.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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1. Johdanto

1.1 Jarjestelman yleiskatsaus

Onnea uuden taysin automatisoidun BOND-immunohistokemia (IHC) ja -in situ -
hybridisaatiovarjaysjarjestelman (ISH) hankinnan johdosta. Olemme varmoja, etta jarjestelma tarjoaa
tarvitsemaanne varjdyslaatua, helppokadyttdisyytta ja suorituskykya. BOND-jarjestelma on tarkoitettu
asianmukaisen koulutuksen saaneiden laboratoriohenkilékunnan jasenten kayttdon.

BOND -jarjestelmassa voi olla useita prosessointimoduuleja, joita koordinoidaan BOND -ohjaimen kautta.
Prosessointimoduulityyppeja (PM) on kaksi — BOND-III ja BOND-MAX. Kummankin kapasiteetti on 30
leikettd. Samanaikaisesti voidaan prosessoida kolme korkeintaan kymmenen leikkeen ajoa. Eri
varjaysprotokollia voidaan kayttaa tarvittaessa. Jokainen ajo kaynnistetaan erikseen jatkuvan prosessoinnin
aikaansaamiseksi. Yksi tai useampi ajoista voidaan maarittaa kaksoisvarjaysta varten, ja muissa ajoissa
voidaan prosessoida leikkeita erityisesti BOND-jarjestelmia varten suunniteltua Leica-
teranostiikkajarjestelmaa kayttaen.

Leikkeiden valmistelu ja varjays on helppoa BOND-ohjelmiston avulla. Kayta jarjestelmén mukana
toimitettuja tarkasti testattuja protokollia tai luo omat protokollasi. Valitse reagenssi laajasta
kadyttévalmiiden BOND-reagenssien valikoimasta tai kayta muita vasta-aineita tai koettimia yhdessa
korkealaatuisten BOND-detektiojarjestelmien kanssa. Kun virtuaaliset leikkeet on luotu ohjelmistossa — tai
tuotu LIS-jérjestelmasta — tulosta tarrat (tai kayta LIS-jarjestelman tulostettuja tarroja), kiinnita ne
leikkeisiin ja lataa leikkeet sitten prosessointimoduuliin. BOND-jarjestelma tekee kaiken muun varjaten
leikkeet johdonmukaisesti ja luotettavasti.

Leica Biosystems -yhtitn toimittamat protokollat ja reagenssituotteet ndytetdan ohjelmistossa Leica
Microsystemsin toimittamina.

BOND-jarjestelman ominaisuuksia:

« Erinomainen suorituskyky

« Joustavuus

« Turvallisuus

« Automatisoitu IHC-varjdys ja vastavarjays

« Automatisoitu ISH-varjays ja vastavarjays

« Automatisoitu parafiinin poisto, sintraus ja paljastus
« Automatisoitu kaksoisvarjays

« Integroitavissa Leica-teranostiikkajarjestelmiin

Uskomme, etta BOND-jarjestelma on arvokas lisa laboratorioonne.

Katso osiot:

o 1.2 - Ohjeet ja tuki
« 1.3 - Aloittaminen
« 1.4 - Protokollan ajo — tyénkulut
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1. Johdanto

1.2 Ohjeet ja tuki

BOND-kayttdopas (tama opas) on asennettu PDF-muodossa kaikkiin ohjaimiin (yhden paikan) ja
terminaaleihin (BOND-ADVANCE). Liséksi se toimitetaan CD-levylla jarjestelman mukana.

Tata kadyttoopasta voi tarkastella napsauttamalla kumman tahansa BOND-asiakasohjelmiston Help
toimintopalkin Help (Ohje) -kuvaketta. @

Jos BOND-jarjestelman kaytdssa esiintyy ongelmia, ota yhteytta paikalliseen Leica Biosystems -
edustajaasi tai katso www.LeicaBiosystems.com
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1. Johdanto

1.3

Aloittaminen

BOND-jarjestelman uudet kayttdjat saavat tasta osiosta ohjeita kayttdoppaan ja itse tuotteen kattavaan

kayttdon.
Vaihe Kuvaus Kayttooppaan osio
1 Asennus ja kdyttoonotto -

Laitteiston ja ohjelmiston asennus ja
jarjestelman tarkistus.

Nama toimet suorittaa Leica Biosystems -
yhtién edustaja tai valtuutettu jalleenmyyja.

2 Turvallisuustietojen lukeminen
Tutustu BOND-jarjestelmén Turvallisuusilmoitukset
turvallisuusvaatimuksiin.
3 Laitteistoon tutustuminen
Kay lapi BOND-laitteiden nimet ja 2 - Laitteisto
kayttotarkoitukset.
4 Ohjelmistoon tutustuminen
Yleiskuvaus ohjelmistosta ja sen kaytosta. 3 - Ohjelmiston yleiskatsaus
(kohdassa BOND -ohjain)
5 Protokollien ja reagenssien tarkistus
Reagenssit ja protokollat on voitu maarittaa
asennuksen aikana:
. Tarkista, ettd suoritettavat 7 - Protokollat ( BOND -ohjain)
protokollat on maaritetty. 8 - Reagenssin hallinnointi ( BOND -
« Tarkista, etta kayttdpaikassa ohjaimessa)
tarvittavat reagenssit on maaritetty.
6 Protokollan ajo
Lyhyt yleiskatsaus. 1.4 - Protokollan ajo — tydnkulut
Tarkempi yleiskatsaus. 4 - Pika-aloitus
7 Lisdasetukset
Lue tarvittaessa tarkempia tietoja 5 - Tilanaytot ( BOND -ohjaimessa) —
ohjelmistosta. 9 - Leikehistoria ( BOND -ohjaimessa)
8 LIS-jarjestelméan kanssa
oskenteleminen
ty 11 - LIS-integraatiopaketti ( BOND -
Lisavarusteena saatava paketti mahdollistaa | ohjaimessa)
yhteyden muodostamisen
laboratoriotietojarjestelmaan.
9 BOND-jarjestelman yllapito 12 - Puhdistus ja huolto

(BOND-III ja BOND-MAX)
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1. Johdanto

1.4 Protokollan ajo — tydnkulut

14.1 BOND-III ja BOND-MAX

Reagenssien ja leikkeiden kontaminaation valttamiseksi instrumenttia tulee kayttaa
puhtaassa ymparistdssa, jossa on mahdollisimman vahan pélya ja hiukkasia.

Seuraavassa annetaan yleiskatsaus leikealustan varjaamiseen liittyvista perustoimista. Muita tydnkulkuja on
mahdollista luoda muilla asetuksilla.

1.4.1.1 Alkutarkastukset ja kaynnistys

1. Varmista, etta prosessointimoduuli on puhdas ja etta kaikki huoltotehtavat on suoritettu ajallaan
(12.1 - Puhdistus- ja huoltoaikataulu). Seuraavat tehtavat tulee suorittaa paivittdin:

i. Tarkista, etteivat bulkkijatesailiot ole yli puoliksi taynna.
ii. Tarkista, ettd bulkkireagenssisailiét ovat vahintaan puoliksi tdynna ja etta niissa on oikeaa
reagenssia.

2. Tarkista pesublokit ja sekoitusasema — puhdista tai vaihda tarvittaessa uusiin.

3. Tarkista, etta leikkeen merkintalaitteessa on tarroja ja tulostusnauhaa ja etta se on paalla.

4. Kaynnista prosessointimoduuli, ohjain (ja terminaali, kun kdytdssa on BOND-ADVANCE) ja avaa
kliininen BOND-asiakasohjelma.

1.4.1.2 Reagenssien maaritys

5. Luo tarvittaessa reagenssit jarjestelmassa (8.2.1 - Reagenssin lisédminen tai muokkaaminen).
6. Rekisterdi reagenssisailiot (8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisterdiminen).

1.4.1.3 Protokollien maaritys

7. Luo tarvittaessa uusia protokollia (7.3 - Uusien protokollien luominen).

1.4.1.4 Leikkeiden maaritys

8. Luo tapaukset ohjelmistossa (6.3.3 - Tapauksen lisddminen).
9. Luo leikkeet ohjelmistossa (6.5.2 - Leikkeen luominen).
10.Tulosta leiketarrat ja kiinnita ne leikkeisiin (6.6.1 - Merkint&jen tulostus ja leikkeisiin kiinnittdminen).

11. Aseta leikkeet ja Covertilet leikealustoille (4.1.3.5 - Leikkeiden lataaminen).

12 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



1. Johdanto

1.4.1.5 Prosessointimoduulin lataaminen ja ajon kdynnistaminen

12. Aseta leikealustat prosessointimoduuliin (4.1.3.5 - Leikkeiden lataaminen).

13. Lataa detektiojarjestelma ja reagenssialustat prosessointimoduuliin (4.1.4 - Reagenssien
lataaminen).

14. Lukitse leikealustat painamalla prosessointimoduulin Load/Unload (Lataus/Poisto) -painikkeita.

15. Tarkista System status (Jarjestelman tila) -naytosta, ettd kaikki leikkeet on tunnistettu — maarita
manuaalisesti leikkeet, joita ei tunnistettu automaattisesti (5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen
tunnistus laitteessa).

16. Nayta ja korjaa kaikki hdlytyskohteet System status (Jarjestelman tila) -ndytossa.

17.Kaynnista ajo napsauttamalla _—painiketta.

1.4.1.6 Ajon valvonta

18. Ajon edistymista tulee seurata System Status (Jarjestelman tila) -ndytélta (5.1 - Jarjestelman tila -
nayttd) tai BOND-ohjauspaneelista (3.5 - BOND-ohjauspaneeli). Katso kaikki ilmoitukset ja tee
korjaavat toimet.

1.4.1.7 Leikkeiden ja reagenssien poistaminen

19.Kun ajo paattyy, poista detektiojarjestelma ja reagenssialustat ja varastoi reagenssit
(4.1.6 - Viimeistely).

6 Kun prosessointimoduulia ei kayteta, poista ER1- ja ER2-bulkkisailiét ja varastoi 2—8 °C:n
lampétilassa. Katso myos kohta 2.2.7 - Bulkkis&ilididen kammio.

20. Avaa leikealustojen lukitus painamalla prosessointimoduulin Load/Unload (Lataus/Poisto) -
painikkeita ja poista alustat.

21.Poista Covertilet ja puhdista ne (12.3 - Covertiles-laatat).
22.Poista leikkeet.

23. Puhdista mahdolliset vuodot ja tahrat leikkeiden varjayskokoonpanoista (12.4 - Leikkeen
varjayskokoonpano) ja muista prosessointimoduulin osista seka leike- ja reagenssialustoista.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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2. Laitteisto

Tassa osiossa kasitelladn seuraavia:

« BOND-jarjestelman laitteiston osien nimet

« osien toiminnot ja miten ne liittyvat jarjestelmaan kokonaisuutena

« ohjeet lisatietojen hankkimiseen esimerkiksi laitteistoon liittyvista toimintamenettelyisté ja
huoltotoimenpiteista.

Laitteistokuvaukset eivat sisélla tietoa osien asennuksesta tai liittamisesta, silld jarjestelma asennetaan ja
testataan puolestasi. Osien vaihtoa ja uudelleen liitdntda koskevat tiedot 16ytyvat kohdasta 12 - Puhdistus ja

huolto (BOND-III ja BOND-MAX).

BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduulien tiedot on tarvittavissa kohdissa jaettu erillisiin osioihin,
jotta asianmukaiset tiedot I6ytyisivat nopeammin.

Katso osiot:

« 2.1-BOND-jdrjestelma

« 2.2 - BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduulit
« 2.3 - BOND-ohjain ja terminaalit

o 2.4 -Kasikayttoinen viivakoodiskanneri

« 2.5 - Leikkeen merkintalaite

o 2.6-Apuvidlineet

o 2.7 - Instrumentin siirtdminen

« 2.8 - Instrumentin kdytOsta poisto ja havittdminen
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2. Laitteisto

2.1 BOND-jarjestelma

BOND-jérjestelma koostuu seuraavista padasiallisista osista:

« Yksi tai useampi prosessointimoduuli (katso kohta 2.2 - BOND-III- ja BOND-MAX-
prosessointimoduulit)

« BOND-ohjain tai BOND-ADVANCE-ohjain (katso kohta 2.3 - BOND-ohjain ja terminaalit)
BOND-ADVANCE-asennuksissa on terminaalit ja ohjain, ja niissa voi olla myds toissijainen
(vara)ohjain

« Yksi tai useampi kasikayttdinen viivakoodiskanneri (katso kohta 2.4 - Kasikayttdinen
viivakoodiskanneri)
« Yksi tai useampi leikkeen merkintatulostin (katso kohta 2.5 - Leikkeen merkintalaite)

Kunkin uuden BOND-III- tai BOND-MAX-prosessointimoduulin mukana toimitetaan seuraavat:

« 4 leikealustaa (katso kohta 2.6.2.1 - Leikealustat)

« 4reagenssialustaa (katso kohta 2.6.2.2 - Reagenssialustat)

« 1 sekoitusasema (katso kohta 2.2.9 - Pesublokki ja sekoitusasema)

« 1 (BOND-MAX) tai 2 (BOND-III) kuusioavainta ruiskupumpun vaihtoa varten
« 1 Ethernet-kaapeli

Tarvitset myos:

« Covertiles-suojuksia (katso kohta 2.6.2 - BOND Universal Covertiles)
« BOND-detektiojarjestelmat, kayttdvalmiita BOND-reagensseja tai -tiivisteita ja/tai avoimia
reagenssisailidita (katso kohta 2.6.3 - Reagenssijarjestelmat ja -sdiliot)

Katso taydellinen ja ajantasainen kulutustarvike- ja varaosaluettelo osoitteesta www.LeicaBiosystems.com.

Katso myds kohta 3.1 - Jarjestelmaarkkitehtuuri.

2.1.1 BOND Aputuotteet

BOND-aputuotteet on suunniteltu erityisesti BOND-jarjestelmaa varten. Niiden avulla voidaan varmistaa
optimaalinen varjaystulos. BOND-aputuotteiden kaytto auttaa lisdksi instrumentin pitdmisessa hyvassa
kayttékunnossa ja sen vaurioitumisen estamisessa.

Seuraavia valineita tulee kayttaa aina BOND-jarjestelman yhteydessa. Niitd ei saa koskaan korvata muilla
tuotteilla:

Apureagenssit
« BOND Wash Solution

« BOND Epitope Retrieval Solution (1 ja 2)
« BOND Dewax Solution

Kulutustarvikkeet
« BOND Plus -leikkeet (tai lasileikkeet, jotka vastaavat kohdassa 2.6.1 - Leikkeet lueteltuja maarityksia)
« BOND Universal Covertiles
« BOND Open Containers (7 ml ja 30 ml)
« BOND-titraussailitt ja -lisdosat (6 ml)
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« BOND-sekoituspullo
« BOND Slide Label ja Print Ribbon Kit
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2. Laitteisto

2.2 BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduulit

Prosessointimoduuli (PM) on BOND-jarjestelman varjdysalusta. Yksittaisessa BOND-jarjestelmassa voi olla
useita prosessointimoduuleja mina tahansa BOND-III- ja BOND-MAX-tyyppien yhdistelmana.

etta henkildsto pystyy helposti irrottamaan verkkovirtakaapelin instrumenttia

f Prosessointimoduuli on kytkettava maadoitettuun pistorasiaan ja sijoitettava siten,
siirtdmatta.

o 2.2.1-Tarkeimméat osat

o 2.2.2 - Prosessointimoduulin alustus

o 2.2.3-Kansi

o 2.2.4 - Paarobotti ja tunnisteen kuvantaja
o 2.2.5 - Leikkeen varjdyskokoonpanot

e 2.2.6 - Etusuojus

o 2.2.7 - Bulkkisdilididen kammio

o 2.2.8 - Imuanturi

o 2.2.9 - Pesublokki ja sekoitusasema

o 2.2.10 - Bulkkinesterobotit (vain BOND-IIT)
o 2.2.11 - Ruiskut

o 2.2.12 - Virtakytkin

e 2.2.13 - Takasuojus

2.2.1 Tarkeimmat osat

Katso BOND-III- ja BOND-MAX-jarjestelmien tarkeimmat osat:

o 2.2.1.1 - BOND-III
» 2.2.1.2 - BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Seuraavissa kuvissa esitetdan prosessointimoduulin tarkeimmat osat jarjestelmalle BOND-III.

Takasuojuksen kuvaus l6ytyy kohdasta 2.2.13 - Takasuojus.

Nro Nimi (Kuva 2-1)

1 Kansi

2.2.3 - Kansi

2 Paarobotin varsi

2.2.4 - Paarobotti ja tunnisteen kuvantaja
3 Etukansi

2.2.6 - Etusuojus

4 Bulkkisailioiden kammio
2.2.7 - Bulkkisailioiden kammio

Kuva 2-1: Aiemman (vasemmalla) ja nykyisen (oikealla) BOND-III-prosessointimoduulin ndkyma edesta
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Nro Nimi (Kuva 2-2)
5 Bulkkinesterobotit
2.2.10 - Bulkkinesterobotit (vain BOND-III)
6 Leikkeiden varjdyskokoonpanot
2.2.5 - Leikkeen varjayskokoonpanot
7 Ruiskut
2.2.11 - Ruiskut

8 Reagenssilava
2.2.6.5 - Reagenssilava

Kuva 2-2: BOND-III-prosessointimoduulin etuosa
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Nro

Nimi (Kuva 2-3)

Imuanturi
2.2.8 - Imuanturi

10

Pesublokki ja sekoitusasema
2.2.9 - Pesublokki ja sekoitusasema

11

Virtakytkin
2.2.12 - Virtakytkin

Kuva 2-3: BOND-III-prosessointimoduulin ndkyma oikealta puolelta

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021
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2.2.1.2 BOND-MAX

Seuraavissa kuvissa ndytetaan BOND-MAX-prosessointimoduulin tarkeimmat osat. Kuvissa naytetaan
nykyinen malli —aiemmat mallit ovat ulkoasultaan erilaisia, mutta niiden tarkeimmat osat ovat samat.

Nro Nimi (Kuva 2-4) Osio
1 | Kansi 2.2.3
2 | Robotin varsi 2.24
3 | Leikkeiden varjayskokoonpanot 2.2.5
4 | Etukansi 2.2.6
5 | Bulkkisailididen kammio 2.2.7

Kuva 2-4: BOND-MAX-prosessointimoduulin nakyma edesta
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6
Nro Nimi (Kuva 2-5) Osio
6 | Virtakytkin 2.2.12
Imuanturi 2.2.8
Pesublokki ja sekoitusasema 2.2.9
Reagenssilava 2.2.6
10 | Ruisku (katso alta) 2.2.11

Kuva 2-5: BOND-MAX-prosessointimoduulin ndkyma oikealta puolelta

Takasuojuksen kuvaus loytyy kohdasta 2.2.13 - Takasuojus.

Kuva 2-6: Ruisku saranallisen luukun takana
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2.2.2 Prosessointimoduulin alustus

Kun kdynnistat prosessointimoduulin, BOND-jarjestelma suorittaa sisdiset tarkistukset, alustaa
fluidistoritekniikkajarjestelman ja siirtaa robotit alkuasentoon. Paarobotti siirtyy instrumentin vasempaan
takanurkkaan ja kolme bulkkinesterobottia (vain BOND-III) siirtyvat instrumentin takaosaan.

Leikkeiden varjdyskokoonpanot alustetaan, ja ne palautuvat lukitsemattomaan asentoonsa. Alustusprosessi
keskeytyy, jos vika havaitaan tai jos moduuli on tilassa, jossa prosessointia ei voida tehda.

Tarkista seuraavat ennen prosessointimoduulin alustamista:

« kansion kiinni

« bulkkijatesailiot ovat vahemman kuin puoliksi tdynna

« bulkkireagenssisdiliét ovat enemman kuin puoliksi taynna

« sekoitusasema on paikallaan

« sekoitusaseman pullot ovat tyhjid ja puhtaita

« leikkeiden varjayskokoonpanojen (SSA) yldlevyt ovat suljetussa asennossa.

Prosessointimoduulin etuosassa oleva virran LED-merkkivalo alkaa palaa vihreana ja BOND-ohjelmisto
osoittaa, ettd moduuli on kytketty. Kun alustus on valmis, prosessointimoduulin vélilehdessa naytetaan
kolmen leikealustan kuvake (katso kohta 5.1.1 - Prosessointimoduulin vélilehdet). Al3 yrité kayttaa
prosessointimoduulia ennen kuin se on alustettu kokonaan.

2.2.3 Kansi

Kansi on pidettava kiinni kdyton aikana, ja se on suojattu lukituksella.

Valta vammat sulkemalla instrumentin kansi varovasti ja varomalla kasien jadmista
kannen valiin.

Paarobotti, imuanturi ja bulkkinesterobotit (vain BOND-III) voivat liikkua kaytdn
aikana ilman ennakkovaroitusta nopeudella, joka voi aiheuttaa vamman.

> >

Al3 yrité avata instrumentin kantta ajon ollessa kdynnissa.

Al3 yrit ohittaa lukituksia, jotka estévét laitteen toiminnan, kun kansi avataan.

Ota valittdmasti yhteytta asiakastukeen, jos paarobotti ja/tai bulkkinesterobotit
toimivat edelleen noin 5 sekuntia sen jalkeen, kun prosessointimoduulin kansi on
avattu.

>
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2.2.4 Padrobotti ja tunnisteen kuvantaja

Padrobotti sijoittaa imuanturin reagenssien aspirointia ja annostelua varten. Robotin varressa on tunnisteen
kuvantaja, jonka avulla voidaan tunnistaa prosessointimoduuliin ladatut leikkeet ja reagenssit.

Kuva 2-7: Paarobotti; tunnisteen kuvantaja osoitettu nuolella

Al3 siirra paarobotin vartta, kun prosessointimoduuli on paélld. Robotin kohdistus voi
vaaristyd, mika aiheuttaa huonoja vérjaystuloksia.

Jos robottia on siirretty: sammuta instrumentti, odota 30 sekuntia ja kdynnista
instrumentti sitten uudelleen.

BOND-jérjestelma skannaa kunkin leikkeen tarran sen tunnistamista varten (katso kohta
5.1.5.1 - Automaattinen leikkeiden tunnistus).

« Tunnisteen kuvantajan ikkuna on puhdistettava saannéllisesti.
Katso ohjeet kohdasta 12.9 - Tunnisteen kuvantaja.

« Jos imuanturi on rikki tai taipunut, vaihda se kohdassa 12.6.2 - Imuanturin vaihtaminen annetun
menettelyn mukaisesti.
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2.2.5 Leikkeen varjayskokoonpanot

Valta koskettamasta leikkeiden varjdyskokoonpanoja ja niiden ymparistéd. Nama
osat voivat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna leikkeiden
varjayskokoonpanojen ja niiden ymparistdn jadhtya kaytodn jalkeen noin 20 minuutin
ajan.

>

Leikkeen varjayskokoonpanon ympérille voi kertya mahdollisesti vaarallisia
= reagensseja, jotka voivat kontaminoida leikealustat. Kayta aina hyvaksyttya
suojavaatetusta ja suojakasineita, kun kasittelet leikealustoja.

Leikkeet prosessoidaan leikkeen varjayskokoonpanoissa. Kussakin prosessointimoduulissa on kolme
varjdyskokoonpanoa.

Kun ajo halutaan kdynnistaa, kayttdja vie leikealustan etusuojuksen lapi (kuvattu kohdassa

2.2.6 - Etusuojus) ja painaa sitten Load (Lataa) -painiketta. BOND-jarjestelma ottaa kuvia leikkeistd. Jos
leikkeet ovat yhteensopivia (katso kohta 6.9 - Leikkeiden yhteensopivuus) ja kaikki reagenssit ovat
paikallaan, kayttdja voi kdynnistda ajon. Lisdtietoa leikkeiden tietojen sydttamisesta ja leikkeiden
lataamisesta on kohdassa 6 - Leikeasetukset ( BOND -ohjain).

BOND-jarjestelma lukitsee leikkeet leikkeen véarjdyskokoonpanoihin prosessoinnin ajaksi. Ald yritd poistaa
leikealustaa, kun BOND-jarjestelma prosessoi leikkeitd. Keskeyta ensin ajo valitsemalla [ = System
status (Jarjestelman tila) -ndytolta alustan alapuolelta (katso kohta 5.1.7 - Ajon aloittaminen tai
pysayttéminen) ja avaa sitten leikkeen varjayskokoonpanon lukitus.

Tietoa leikkeen varjdyskokoonpanon puhdistuksesta ja rutiinihuollosta on kohdassa 12.4 - Leikkeen
varjayskokoonpano.

2.2.5.1 Leikkeen varjayskokoonpanon kuumentimet

Prosessointimoduulin kuumentimet ja kuumennetut pinnat voivat aiheuttaa
& syttymisvaaroja:

. Al3 aseta tulenarkoja materiaaleja kuumentimien péélle tai laheisyyteen.

. Al5 aseta tulenarkoja materiaaleja prosessointimoduulin kuumille pinnoille.

« Varmista, etta kaikkien bulkkisailididen korkit suljetaan asianmukaisesti tayton
tai tyhjentamisen jalkeen.

Jotkut BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleissa kaytettavistd reagensseista
& ovat tulenarkoja:

. Al aseta prosessointimoduulien l&heisyyteen liekkia tai sytytyslahdett.
« Varmista, etta kaikkien bulkkisailididen korkit suljetaan asianmukaisesti taytdn
tai tyhjentamisen jalkeen.

BOND-III- ja BOND-MAX-instrumenteissa on kuumennuselementti kussakin leikepaikassa. Jokaista ndista
elementeista valvotaan itsendisesti, ja ne merkitaan viallisiksi lampdtilavirheen ilmetessa (katso Kuva 2-8).
Ota yhteys asiakastukeen, jos kuumennin on merkitty vialliseksi.
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—y
£

-

Kuva 2-8: Yksittaisen kuumentimen virhe

Al3 yrita ajaa leikettd, joka edellyttdisi kuumentamista vialliseksi merkityssé paikassa. Jos kuumentimeen
tulee toimintahairié ajon aikana, kyseisessa paikassa olevaa leiketta ei ehka prosessoida oikein.

Jos kuumentimen toimintahairi6 voi aiheuttaa turvallisuusriskin, prosessointimoduuli ssmmuttaa kaikki
leikkeen kuumentimet. Téma koskee myos sellaisen mahdollisen ldmpoésaadellyn leikkeen kuumenninta,
jota prosessoidaan parhaillaan.

2 2
S 2
S —

Kuva 2-9: Kussakin paikassa naytetty harmaa kuumenninsymboli osoittaa, ettd kaikki kuumentimet on
sammutettu

Kun leikkeen kuumentimet on sammutettu, sammuta prosessointimoduuli ja kdynnista se uudelleen
kuumentimen lukituksen vapauttamiseksi. Paikkoja, joiden kuumentimet ovat viallisia, voidaan edelleen
kayttda edellyttden, etta niissa prosessoidut leikkeet eivat tarvitse kuumennusta.

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021
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2.2.6 Etusuojus

Alla olevissa kuvissa ndytetdan BOND-III- ja BOND-MAX-jarjestelmien etusuojukset. Numeroitujen
kohteiden selitykset annetaan alla Kuva 2-11.

- -
.
- I

BOND-11I

Kuva 2-10: BOND-III-etusuojus

Kuva 2-11: BOND-MAX -etusuojus

Nro Kohde Nro Kohde
1 | Virran LED-merkkivalo 4 | Reagenssilava
2 | Leikealustan teline 5 | Reagenssialustan LED-
merkkivalo
3 | Leikealustan LED- 6 | Load/Unload
merkkivalo (Lataus/poisto) -painike

2.2.6.1 Virran LED-merkkivalo

Merkkivalo toimii seuraavasti:
« Ei pala-—eivirtaa
. Palaa sininena (nykyinen malli) tai oranssina (aiemmat mallit) — virta on paalla, mutta
prosessointimoduulin ohjelmisto ei ole vield kaynnistynyt
« Palaa vihreana — virta on paalla ja jarjestelma toimii.
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Kuva 2-12: BOND-MAX-instrumentin virran LED-merkkivalon varit (sininen, vihrea)

2.2.6.2 Leikealustan teline

Leikealustoja asetetaan kolmeen eri aukkoon (yksi jokaista leikkeen véarjayskokoonpanoa kohden). Kun
leikealusta on asetettu paikalleen, lukitse se kiinni leikkeen varjayskokoonpanoon painamalla Load/Unload
(Lataus/poisto) -painiketta. Kun alusta on lukittu, robotin varsi liikuttaa tunnisteen kuvantajaa alustalla
olevien leikkeiden paalla leikkeiden tunnistamiseksi automaattisesti.

2.2.6.3 Leikealustan LED-merkkivalo

Etusuojuksessa kunkin leikkeen varjayskokoonpanon alapuolella olevat monivariset LED-merkkivalot
osoittavat leikealustan tilaa. BOND-MAX-instrumenteissa leikealustan LED-merkkivalot sijaitsevat
Load/Unload (Lataus/poisto) -painikkeissa. Naissa instrumenteissa LED-merkkivalo palaa sinisena
muutaman sekunnin ajan, kun painiketta painetaan.

Leikkeen varjayskokoonpanon LED-merkkivalon varit osoittavat seuraavia tapahtumia:

« Ei pala - leikealustaa ei ole tai sitd ei ole lukittu.
. Palaa vakaasti oranssina — alusta on ladattu ja lukittu, mutta prosessointia ei ole aloitettu.
Alustan lukitus voidaan avata turvallisesti ja alusta poistaa Load/Unload (Lataus/poisto) -painikkeella.

. Palaa vakaasti punaisena — alustaa prosessoidaan.
Alusta on lukittu, eika sen lukitusta voi avata Load/Unload (Lataus/poisto) -painikkeella. Poisto
edellyttaa ajon hylkadmista ohjelmistossa.

« Vilkkuu vihredna — prosessointi on paattynyt, eika ilmoituksia ole. Avaa lukitus Load/Unload
(Lataus/poisto) -painikkeella.

« Vilkkuu punaisena — ajo on hylatty tai prosessointi on suoritettu, mutta ilmoituksia esiintyy. Avaa
lukitus Load/Unload (Lataus/poisto) -painikkeella.

Kuva 2-13: Leikealustan LED-merkkivalon varit (oranssi, punainen, vihred) BOND-MAX-instrumentissa

2.2.6.4 Load/Unload (Lataus/poisto) -painike

Load/Unload (Lataus/poisto) -painikkeella on seuraavat toiminnot:

« Jos alustaa ei ole ladattu, painiketta painettaessa ei tapahdu mitaan.

« Jos alusta on ladattu mutta sita ei ole lukittu, BOND-III tai BOND-MAX lukitsee alustan. Mikali robotin
varsi on kaytettavissa, tunnisteen kuvantaja tunnistaa lisaksi leikkeiden tunnukset.

« Jos alusta on lukittu mutta ajo ei ole alkanut, BOND-III tai BOND-MAX poistaa alustan lukituksen.

« Jos alusta on lukittu ja ajo on jo suoritettu, BOND-III tai BOND-MAX poistaa alustan lukituksen.

« Jos alusta on lukittu ja ajo on kdynnissa, painiketta painettaessa ei tapahdu mitdan. Alustan lukitusta
ei voi avata ennen kuin alustan ajo on paattynyt tai se on hylatty.

Alustaa ei voi lukita tai sen lukitusta avata, jos leikkeiden varjayskokoonpano on kuuma. Odota, kunnes
kokoonpano on jaahtynyt.
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2.2.6.5 Reagenssilava

Reagenssilavalle asetetaan reagenssialustat, ml. detektiojarjestelmat, 7 ml:n ja 30 ml:n reagenssisailiot
ja/tai 6 ml:n titraussailiét. Jokaisella alustalla voi olla enintdan yhdeksan reagenssia ja reagenssilavalla nelja
reagenssialustaa.

Reagenssialusta ladataan liu'uttamalla alusta lavaan ja lukitusmekanismiin (katso 4.1.4 - Reagenssien
lataaminen). Jos BOND-jarjestelmassa on kaytettavissa robotin varsi, kunkin reagenssisijainnin reagenssit
tunnistetaan.

2.2.6.6 Reagenssialustan LED-merkkivalo

Kunkin alustan paikan alapuolella on kaksivarinen LED-merkkivalo, joka osoittaa seuraavia tapahtumia:

« Ei pala - alustaa ei ole havaittu.
Jos alusta on asetettu, mutta LED-merkkivalo ei pala, tarkista, etta alusta on asetettu paikalleen
oikein.

. Palaa vakaasti punaisena — alustan reagenssia tarvitaan seuraavien kahden minuutin aikana.
Alusta on lukittu, eika sita voi poistaa.

. Palaa vakaasti vihredna — mitaan alustan reagensseja ei tarvita seuraavien kahden minuutin
aikana.
Alustan lukitus on auki, ja alusta voidaan poistaa tilapaisesti.

Jeica

Kuva 2-14: Reagenssialustan LED-merkkivalon varit (punainen, vihred) BOND-MAX-instrumentissa

2.2.7 Bulkkisailioiden kammio

Bulkki- ja jatesailitt sijaitsevat etusuojuksen alla seka jarjestelméssa BOND-III etta jarjestelmassa
BOND-MAX. BOND-MAX-jarjestelmassa on liséksi ulkoinen sailid tavalliselle jatteelle.

Katso ohjeet bulkkisailion taytolle, tyhjennykselle ja huollolle kohdasta 12.2 - Bulkkisailiot.

Jokainen bulkkireagenssisailio tulee instrumentin oikean toiminnan varmistamiseksi
asettaa oikeaan, varikoodattujen nimimerkintéjen mukaiseen asemaansa kammiossa.

Kun kaytéssa on BOND-III, katso Kuva 2-15; kun kaytdssa on BOND-MAX, katso Kuva
2-17.

Téman noudattamatta jattdminen voi heikentaa varjaysta.

Jotkut BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleissa kaytettavistd reagensseista
& ovat tulenarkoja:

. Al aseta prosessointimoduulien l&heisyyteen liekkia tai sytytyslahdett.
« Varmista, etta kaikkien bulkkisailididen korkit suljetaan asianmukaisesti taytdn
tai tyhjentamisen jalkeen.
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o 2.2.7.1 - BOND-III
o 2.2.7.2 - BOND-MAX

2.2.7.1 BOND-III

Aiempi BOND-III kattaa kaksi lapindkyvaa luukkua, jotka mahdollistavat helpon paasyn kaikkiin
bulkkisailidihin. Pida kiinni luukun yldreunan kaiteesta luukkuja avatessasi.

Kaikki leikkeiden varjayskokoonpanojen jate siirretdan vaarallisen jatteen sailioon. Pesublokin jate siirretdan
joko tavallisen tai vaarallisen jatteen sailiGihin jatereagenssin tilasta riippuen (luotavat reagenssit on
tarvittaessa madriteltava vaarallisiksi — katso 8.2.1 - Reagenssin lisddminen tai muokkaaminen).

Kussakin bulkkireagenssi- ja jatesailidssa oleva painoanturi varoittaa kayttajaa, kun reagenssitaso on liian
alhainen tai jatetaso lilan korkea. Kunkin bulkkisailion tilan ilmaisee visuaalisesti Bulkkisdilididen
valaistusjarjestelma (BOND-III) sivulla 33. Huomaathan, etta tata jarjestelmaa ei ole asennettu aiempaan

BOND-jarjestelmaan; talldin voidaan kayttad naytén kuvakkeita (katso kohta 5.1.3.6 - Bulkkisailién tila).

BOND-III-jarjestelmassa on tilaa seuraaville sailiille Kuva 2-15 ndytetyissa hyllyissa. Vasemmalta oikealle:

Asema Sa&ilio Sijainti | Koko Vari Reagenssi
)]

8 ER1 Ylempi 2 Violetti BOND Epitope Retrieval
hylly Solution 1*

9 ER2 2 Vaaleanvioletti | BOND Epitope Retrieval

Solution 2*

1 Dewax solution Alempi 5 Punainen BOND Dewax Solution*

2 Deionisoitu vesi hylly 5 | Sininen Deionisoitu vesi

3 Pesupuskuri 5 Vihrea BOND Wash Solution*

4 Alkoholi 5 Oranssi Alkoholi (reagenssiluokka)

5 Bulkkijate 5 Harmaa Tavallinen jate

6 Bulkkijate 5 Harmaa Tavallinen jate

7 Vaarallinen jate 5 Ruskea Vaarallinen jate

* Kayta vain BOND-reagensseja — ala korvaa vaihtoehtoisilla tuotteilla.
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Jos laboratorio ei kdyta epitoopin paljastus- ja/tai parafiinin poistoreagenssisailidita, ne voidaan poistaa
kaytosta yllapito-ohjelmassa — katso kohta 10.6.1.1 - Bulkkireagenssisailididen poistaminen kaytosta.

> 4
e,
BOND |
b

Epitope Epitope
Retrieval 1 Retrieval 2

3 3 3

Ve Y;y,y o

© e ; Varmista, ettd kunkin

o i bulkkisailion merkinnan vari ja
painettu kuvaus vastaavat
instrumentin kammiossa
valittdmasti sailion alapuolella
olevaa merkintaa.

Kuva 2-15: BOND-III-bulkkireagenssisdiliot omilla paikoillaan
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Bulkkisdilididen valaistusjarjestelma (BOND-III)

BOND-III-prosessointimoduuleissa on bulkkisdilididen valaistusjarjestelma, kuten alla olevassa Kuva 2-16

naytetaan.

[
Perirall

.

e

O

Kuva 2-16: Bulkkisailididen valaistusjarjestelma

Bulkkisailididen valaistusjarjestelma auttaa sailididen nestetason tarkistamisessa. Valkoiset valot palavat

jatkuvasti normaalin kdytdn aikana.

Valot kertovat myds kunkin bulkkisailion senhetkisen tilan:
Kun bulkkisadilié on lahes tyhja tai jatesailio on lahes taynna, sdilion valkoinen valo alkaa vilkkua.
Kun bulkkisailid on tyhja tai jatesailié on taysi, ja tama vaikuttaa kdynnissa olevaan ajoon, valot

vilkkuvat punaisina.
Kun bulkkisailié poistetaan, sen taustavalo sammuu ja instrumentin kammion merkkivalo vilkkuu

valkoisena.

ﬁ Bulkkisailion valaistusjarjestelma toimii vain versiossa BOND 6.0 ja uudemmissa versioissa.

Katso kohdasta 5.1.3.6 - Bulkkisailion tila lisatietoja siitd, miten bulkkisailididen tiedot ndytetdan System

status (Jarjestelman tila) -naytolla.
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2. Laitteisto

2.2.7.2 BOND-MAX

BOND-MAX-jarjestelmdssa on yksittdinen alaspain avautuva bulkkisailiihin paasyn mahdollistava luukku.
Luukussa on lapindkyva paneeli, jonka ldpi voidaan tarkastella reagenssisadilididen reagenssitasoja (myos
sailiét ovat lapinakyvia).

Ovi pysyy kiinni magneettisalvoilla. Aiempien instrumenttien luukun (jossa ei ole kahvaa) voi avata
vetdmalla luukkua molemmista ylareunoista.

Bulkkisailididen kammion luukku on pidettava kiinni varjaysajojen aikana. Jos luukku avataan, jarjestelman
tilandytolle ilmestyy halytys (katso kohta 5.1.2 - Laitteiston tila) ja kaikki kdynnissa olevat ajot saattavat
keskeytya.

Instrumentin jate siirretadn tavallisen tai vaarallisen jatteen sailidihin jatereagenssin tilasta riippuen (luodut
reagenssit on tarvittaessa maaritettdva vaarallisiksi — katso kohta 8.2.1 - Reagenssin lisadminen tai
muokkaaminen).

BOND-MAX-bulkkireagenssisailidissa on nestetason anturit, jotka varoittavat kayttajaa, kun reagenssitaso
on alhainen. Jatesailidissa on niin ikdan nestetason anturit, jotka varoittavat kayttajaa, kun jatetaso on liian
korkea. Katso tayttda ja tyhjennysta koskevat ohjeet kohdasta 12.2 - Bulkkisailiot.

BOND-MAX -jarjestelmassa on tilaa seuraaville sdilidille vasemmalta oikealle:

Asema Sailié Koko Vari Reagenssi
0)

1 Vaarallinen jate 2 Ruskea Vaarallinen jate
2 ER1 1 Violetti BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Vaaleanvioletti | BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Parafiinin 2 Punainen BOND Dewax Solution*

poistoliuos
5 Deionisoitu vesi 2 Sininen Deionisoitu vesi

Pesupuskuri 2 Vihred BOND Wash Solution*
7 Alkoholi 2 Oranssi Alkoholi (reagenssiluokka)

*Kayta vain BOND -reagensseja — dla korvaa vaihtoehtoisilla tuotteilla.

Jos epitoopin paljastus- ja/tai parafiinin poistoreagenssisailidita ei kayteta, ne voidaan poistaa
instrumentista — katso kohta 10.6.1.1 - Bulkkireagenssisailididen poistaminen kaytésta.
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2. Laitteisto

Varmista, etta kunkin bulkkisailion merkinnan vari ja
painettu kuvaus vastaavat instrumentin kammiossa
valittdmasti sailion alapuolella olevaa merkintaa.

Kuva 2-17: BOND-MAX -bulkkireagenssit omilla paikoillaan

Ulkoisen jatteen siilio

BOND-MAX-jarjestelman mukana toimitetaan ulkoisen jatteen sailid, jonka tilavuus on 9 litraa.

Sailiéssa on kaksi korkkia — yksi liittimille ja toinen jatteiden tyhjentamista varten. Sailion liitinkorkkia ei tule
irrottaa koskaan.

Kuva 2-18: BOND-MAX-jarjestelman ulkoisen jatteen sailio

Nesteletku liitetdan prosessointimoduulin takasuojuksen oikealla puolella olevaan tyontéliittimeen.
Nestetason anturi liitetadn kolminastaiseen liittimeen suojuksen vasemmassa ylakulmassa (katso Kuva

2-26).

Katso ulkoisen jatteen sailion tyhjennys- ja huolto-ohjeet kohdasta 12.2.4 - Ulkoinen jateastia (vain

BOND-MAX).
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Jotkin immunohistokemian ja in situ -hybridisaation reagenssit ovat vaarallisia.
Varmista ennen kuin jatkat, etta olet saanut riittavan koulutuksen toimenpidetta
varten:

a. Kayta reagensseja kasitellessasi tai instrumenttia puhdistaessasi lateksi- tai
nitriilikasineitd, suojalaseja ja muuta sopivaa suojavaatetusta.

b. Kasittele reagensseja ja lauhdetta ja havita ne kaikkien

laboratoriotoimipaikkaan sovellettavien menettelyjen ja maakohtaisten
saaddsten mukaisesti.

Jotkut BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleissa kaytettdvista reagensseista
ovat tulenarkoja:
. Al3 aseta prosessointimoduulien Idheisyyteen liekki tai sytytyslahdetta.

« Varmista, etta kaikkien bulkkisailididen korkit suljetaan asianmukaisesti tayton
tai tyhjentamisen jalkeen.

tyhjentamista. Al3 yriti kaataa sailidostéd nestettd, kun kaapeli ja letku ovat edelleen

C Irrota aina anturi ja nesteliittimet (tdssa jarjestyksessd) ennen ulkoisen jatteen sailion
siina kiinni.

2.2.8 Imuanturi

Imuanturi aspiroi reagenssit sailidistd, toimittaa reagenssit leikkeiden varjayskokoonpanoissa oleviin
leikkeisiin ja sekoittaa kromogeeneja sekoitusasemalla. Se siséltda nestetason anturin, jota kaytetdan
reagenssitason havaitsemiseen (katso kohta 8.3.1 - Reagenssin volyymin maarittdminen ).

RN

E
%

!

Kuva 2-19: Imuanturi robotin varressa
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Jokaisessa sdilidssa on jaannostilavuus, johon anturi ei ylla. Tata kutsutaan "kuolleeksi tilavuudeksi”. Kuollut

tilavuus vaihtelee eri sdiliétyyppien valilla (katso kuolleiden tilavuuksien arvot kohdasta 18.5 - Toiminta
kohdassa 18 - Tekniset tiedot).

Imuanturin huolto-ohjeet I6ytyvat kohdasta 12.6 - Imuanturi.
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2.2.9 Pesublokki ja sekoitusasema

— ] POOOCH—

Kuva 2-20: Pesublokki, johon on asetettu sekoitusasema
Pesualue on vasemmalla puolella (kohta 1) ja sekoitusasema oikealla puolella (kohta 2)

Vasemmanpuoleisella pesualueella on pienid aukkoja imuanturin pesemista varten.

Pesublokin oikeanpuoleisessa osassa on sekoitusasema, joka kasittaa kuusi kammiota. Nama sekoituspullot
on tarkoitettu lyhytkestoisille reagensseille, jotka on sekoitettava juuri ennen kayttda. Reagenssien
sekoitusprosessin maarittda ohjelmisto reagenssityypista riippuen.

6 BOND-ohjelmisto valvoo sekoitusaseman tilaa. BOND-III- tai BOND-MAX-alustusta ei tehda, jos aseman
selvitetty tila on muu kuin puhdas ja tyhja (katso kohta 5.1.2 - Laitteiston tila). Jos alustuksen aikana
saadaan ilmoitus sekoitusaseman likaisuudesta tai asemassa olevasta nesteestd, varmista, ettd asema on
puhdas ja tyhja ennen kuin valitset OK ilmoitusvalintaikkunasta. Jos likaisen ja/tai ei-tyhjan sekoitusaseman
kayttoa jatketaan, reagenssit voivat kontaminoitua tai sekoituspullot vuotaa yli.

ﬁ Varmista aina, etta sekoitusasema on paikallaan — prosessointimoduulia ei voida alustaa ilman sita. BOND-
jarjestelma skannaa alustuksen yhteydessa sekoitusaseman merkinnan tarkistaakseen, ettd asema on
paikallaan. Jos BOND-ohjelmisto ei tunnista aseman tunnusta, saat viestin, jossa kehotetaan varmistamaan,
ettd sekoitusasema on paikallaan.

Katso sekoitusaseman huolto-ohjeet kohdasta 12.7 - Pesublokki ja sekoitusasema.
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2. Laitteisto

2.2.10  Bulkkinesterobotit (vain BOND-III)

Kuva 2-21: BOND-bulkkinesterobotti (1) liikkuu ohjainkiskoa (2) pitkin kussakin leikkeiden
varjayskokoonpanossa

Ota valittémasti yhteytta asiakastukeen, jos paarobotti ja/tai bulkkinesterobotit
toimivat yli 5 sekuntia sen jalkeen, kun prosessointimoduulin kansi on avattu.

BOND-instrumentissa on kolme bulkkinesterobottia, jotka liikkuvat ohjainkiskoa pitkin kussakin leikkeiden
varjayskokoonpanossa ja annostelevat reagensseja kaikkiin leikkeisiin. Robotit annostelevat vain
bulkkireagensseja, kun taas imuanturi annostelee reagensseja reagenssialustan sailidista seka joitakin
bulkkireagensseja. Jokaisessa bulkkinesterobotissa on pesublokki, jonka avulla annosteluanturi voidaan
huuhdella ja puhdistaa.

2.2.10.1  Bulkkinesterobotin palauttaminen alkuasentoon manuaalisesti

Jos bulkkinesterobotti lakkaa toimimasta, kun se on leikkeiden varjayskokoonpanossa, palauta se
alkuasentoon painamalla Load/Unload (Lataa/poista) -painiketta. Jos se ei liiku pois leikkeiden
varjayskokoonpanosta, palauta se alkuasentoon manuaalisesti ja poista leikkeet leikkeiden
varjdyskokoonpanosta seuraavasti.

1. Varmista, ettei prosessointimoduulissa ole kdynnissa olevia tai suunniteltuja ajoja, ja sammuta se.

2. Nosta bulkkinesterobotin annostelublokkia varovasti (katso Figure 2-22), kunnes anturi on irti
ylalevysta.

3. Tyonna robotti kiskoa pitkin leikkeiden varjayskokoonpanon takaosaan. Tyonna hitaasti ja tasaisesti.

Vaélta tyontamasta liilan nopeasti.

Ty6nna robottia, kunnes se on juuri ja juuri irti ylalevyn kiskosta — @la tyonna robottia niin pitkalle
kuin se kulkee.
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2. Laitteisto

Figure 2-22: Nosta ndytettya annostelublokkia ja tydnna bulkkinesterobottia
leikkeiden varjayskokoonpanon ohjainkiskoa pitkin

4. Kun robotti on irti yldlevysta, sulje kansi ja kytke prosessointimoduuli uudelleen paalle. Leikkeiden
varjayskokoonpanon lukituksen tulisi avautua osana alustusta.
Jos leikkeiden varjayskokoonpanon lukitus ei avaudu, katso ohjeet leikealustojen poistamiseen
kohdasta 12.4.1 - Leikkeiden varjdyskokonaisuuksien manuaalinen avaaminen.

5. Poista leikealusta ja leikkeet.
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2. Laitteisto

2.2.11  Ruiskut

Ruiskut imevat ja annostelevat BOND-jarjestelman edellyttaman tarkan maaran reagenssinestetta. Katso
ruiskujen huolto-ohjeet kohdasta 12.13 - Ruiskut.

(BOND-III) normaalin kaytén aikana. Jos ruisku tai ruiskun liitin 16ystyy, ruiskusta voi

f Varmista, etta ruiskun luukku on suljettu (BOND-MAX) tai ruiskun suojus on paikallaan
suihkuta paineistettua reagenssia.

2.2.11.1 BOND-III

BOND-III-jarjestelmassa on nelja ruiskupumppua, jotka sijaitsevat etusuojuksen alapuolella. Ensimmaista
kolmea ruiskupumppua vasemmalta katsoen kayttévat bulkkinesterobotit (SSA1, SSA2 ja SSA3 ylIa).
Neljatta eli padasiallista ruiskupumppua kayttaa imuanturi.

S ) & & [+

Kuva 2-23: BOND-ruiskut

prosessointimoduulin alustamista (katso kohta 12.4.1 - Leikkeiden
varjdyskokonaisuuksien manuaalinen avaaminen). Taman noudattamatta jattaminen
voi johtaa ruiskujen vaurioitumiseen kayton aikana.

2 Varmista, ettd ruiskumoduuli on taysin suljettu ennen ajon aloittamista tai
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2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX -jarjestelmdssa on yksittainen ruiskupumppu, joka sijaitsee instrumentin oikealla puolella
olevassa lokerossa. Kyseessa on 9-porttinen ruiskuventtiili (yhta porteista ei kdyteta) kiinni ruuvattavalla

ruiskusailiolla ja pienelld kiinnittimella.

Kuva 2-24: 9-porttinen BOND-MAX -ruisku

Jos haluat tarkistaa ruiskuyksikdn kunnon, avaa luukku painamalla luukun etuosassa keskella olevaa
pyoreda kieleketta ja vapauttamalla se.

Kayta aina suojavaatetusta ja -kasineita.

=
(—7

k=

- -

Tarkista ruiskut séanndllisesti alustuksen aikana ja vaihda ne tarvittaessa tai kehotettaessa — katso kohta
12.13 - Ruiskut.

2.2.12  Virtakytkin

Virtakytkin on yksittdinen prosessointimoduulin oikeanpuoleisessa suojuksessa oleva keinukytkin.
Virtakytkintd kdytetdaan kytkemaan prosessointimoduuli paalle ja pois paalta.

« Virtakytkimen sijainti BOND-III-jarjestelmassa ndytetaan Kuva 2-3.
« Virtakytkimen sijainti BOND-MAX-jarjestelmdssé naytetédan Kuva 2-5.
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2.2.13  Takasuojus

Al3 poista prosessointimoduulin suojuksia tai yrita késitelld sen sisdékomponentteja.

A BOND-prosessointimoduulin sisdlla on vaarallisia jannitteitd. Vain Leica Biosystems -
yhtion hyvaksymat patevat huoltoteknikot saavat suorittaa tallaisia tehtavia.

2.2.13.1 BOND-III

Kuva 2-25 ndytetadn BOND-prosessointimoduulin takasuojus.
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Kuva 2-25: BOND -takasuojus
Nro Kohde Nro Kohde
1 | Katkaisijat 3 | Verkkovirtaliiténta
2 | Sulakkeet 4 | Ethernet-yhteys

Katso sulakkeiden vaihtamisohjeet kohdasta 12.14 - Virtalahteen sulakkeet.

Al nosta instrumenttia BOND-III-takakannessa olevista kahdesta mustasta

A kahvasta.
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2.2.13.2 BOND-MAX

Kuva 2-26 naytetdaan BOND-MAX-prosessointimoduulin takasuojus. (Huomaathan, ettd aiemmissa malleissa
on vain yksi virtaldhteen tuuletin.)

74 :l
6 '!v _
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Nro Kohde Nro Kohde
1 | Katkaisijat 5 | Ulkoisen jatteen liitanta — letkulle

(katso kohta 12.2.4 - Ulkoinen
jateastia (vain BOND-MAX))

2 | Virtalahteen tuulettimet 6 | Ulkoisen jatteen liitantd — nestetason
anturille (katso kohta 12.2.4 - Ulkoinen

jateastia (vain BOND-MAX))
Sulakkeet 7 | Ethernet-yhteys

4 | Verkkovirtaliitanta

Kuva 2-26: BOND-MAX -takasuojus

Katso sulakkeiden vaihtamisohjeet kohdasta 12.14 - Virtalahteen sulakkeet.

2.2.13.3  Prosessointimoduulin kytkeminen irti

Voit kytkea BOND-III- tai BOND-MAX-prosessointimoduulin irti verkkovirtaldhteesta seuraavasti:
1. Kytke virta pois paalta prosessointimoduulin oikealla puolella olevasta kytkimesta.
2. Seuraa virtakaapelia prosessointimoduulin verkkovirtaliiténnasta (kohta 3 Kuva 2-25 ja kohta 4 Kuva
2-26) seindan saakka. Kytke verkkovirta pois paalta seindpistorasiasta.
3. Irrota liitin prosessointimoduulin takaosasta.
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2.3 BOND-ohjain ja terminaalit

Kaikkiin BOND-jarjestelmiin sisdltyy BOND-ohjain, jossa suoritetaan kaikki ohjelmistokasittely. Yhden paikan
asennuksissa (katso 3.1.1 - Yhden paikan konfiguraatio) asiakasohjelman suorittamiseen kaytetaan yhta
ohjainta, jossa on nappaimistd, hiiri ja nayttd. Yhden paikan asennukset soveltuvat korkeintaan viiden
prosessointimoduulin ajoon.

Laboratorioissa, joissa on yli viiden prosessointimoduulin BOND-ADVANCE-asennuksia (katso

3.1.2 - BOND-ADVANCE), on liséksi BOND-terminaalit. Ndissa asennuksissa kayttdjan ja BOND-ohjelmiston
vuorovaikutus tapahtuu enimmakseen terminaaleissa, joista kustakin voidaan hallita kaikkia tai mita tahansa
prosessointimoduulia. Yksittdista prosessointimoduulia voidaan liséksi hallita useammasta kuin yhdesta
terminaalista.

BOND-ohjain suorittaa tasta huolimatta kaiken ohjelmistokdsittelyn. BOND-ADVANCE-asennusten ohjainten
maaritykset ovat kattavammat kuin yhden paikan asennusten. Niissa on lisaksi useita vikasietoisuustasoja
erinomaisen luotettavuuden takaamiseksi.

Osassa BOND-ADVANCE-asennuksista on toissijainen (vara)ohjain. Tama ohjain tallentaa kaikki ensisijaisen
ohjaimen prosessit, ja sitd voidaan siirtya kayttamaan, jos ensisijaiseen ohjaimeen tulee toimintahairié.
Toissijaisia ohjaimia ei ihannetilanteessa tulisi sijoittaa ensisijaisen ohjaimen ldheisyyteen, jotta molemmat
ohjaimet eivat paase vahingoittumaan paikallisen vaaratilanteen tapauksessa.

Leikkeiden merkintdtulostin ja kasikayttdinen viivakoodiskanneri on liitetty ohjaimeen yhden paikan
asennuksissa ja kuhunkin terminaaliin BOND-ADVANCE-asennuksissa.

jarjestelman optimaalinen hallittavuus. Viiveiden ja hairididen vélttamiseksi BOND-

C BOND-ohjaimen kayttojarjestelma ja ohjelmisto on suunniteltu tarjoamaan BOND-
ohjaimeen tai terminaaliin ei tule asentaa mitdan lisdohjelmistoja.
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2.4 Kasikayttoinen viivakoodiskanneri

Kuva 2-27: Kasikayttoinen viivakoodiskanneri

Kasikdyttoiset USB-viivakoodiskannerit liiteta@n ohjaimeen (yhden paikan asennukset) tai terminaaleihin
(BOND-ADVANCE-asennukset). Niita kdytetaan reagenssien rekisterdintiin ja niitd voidaan kayttaa myos
leikkeiden tunnistamiseen, jos kaytdssa on 1D- tai 2D-viivakooditunnukset (katso kohta 6.5.6 - Leikkeen
manuaalinen tunnistus).

6 Jos BOND-jarjestelma on paivitetty aiemmasta versiosta, voit jatkaa jo olemassa olevan viivakoodiskannerin
kayttéd. Tama aiempi malli ei kuitenkaan tue 2D-viivakoodeja.

Kasikayttoisen viivakoodiskannerin tulisi olla asennettuna ja kdyttévalmis, kun BOND-jarjestelma on
asennettu. Katso huolto- ja maaritysohjeet kohdasta 13.1 - Kasikayttoiset viivakoodiskannerit.

2.4.1 Kasikayttdisen viivakoodiskannerin kayttd

@ Aiempi Symbol-viivakoodiskanneri kayttaa laservaloa, kun taas uudempi Honeywell-viivakoodiskanneri
kayttda LED-valoa. Katso alta laservaroitus:

Laservaara. Vakavan silmavaurion riski. Valta suoraa kontaktia silman ja
lasersateiden valilla.

Kun haluat lukea viivakoodin, suuntaa skanneri kohti viivakoodia ja paina liipaisinta. Suuntaa skanneri siten,
ettd sen punainen viiva peittad viivakoodin koko pituudeltaan. Kun viivakoodi on tunnistettu, skanneri antaa
aanimerkin ja merkkivalo muuttuu vihredksi. Jos viivakoodia ei voida tunnistaa, skanneri antaa aanimerkin
ja merkkivalo muuttuu punaiseksi.

ﬁ Al3 aseta viivakoodeja liian Ishelle skanneria. Jos skanneri ei tunnista viivakoodia, kokeile siirtda viivakoodi
hieman kauemmaksi.

Kun skanneri asetetaan jalustaansa, se on hands free -tilassa, eika viivakoodin lukemisen yhteydessa
tarvitse painaa liipaisinta.
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2.5 Leikkeen merkintalaite

Yhden paikan BOND-jarjestelmissa on yksi leikkeiden merkintatulostin (jota kutsutaan leikkeen
merkintdlaitteeksi). Se liitetdan ohjaimeen. BOND-ADVANCE-asennuksissa kuhunkin terminaaliin liitetdan
erillinen leikkeen merkintalaite.

Leikkeen merkintdlaitteet tulostavat merkintdtarroja, jotka kiinnitetdan leikkeisiin niiden tunnistamista
varten. Kaikissa merkintatarroissa on yksil6llinen leiketunnus joko viivakoodin muodossa tai
aakkosnumeerisina merkkeina (katso kohta 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset). BOND tunnistaa
leikkeet naiden tunnusten perusteella automaattisesti, kun ne ladataan prosessointimoduuleihin.
Merkintatarroihin voi maarittda myos muita tietoja ja tunnisteita — katso kohta 10.3 - Merkinnat.

Jotkut laboratoriot kayttavat LIS-jarjestelmasta tulostettuja leikemerkintdja. Jarjestelmiin sisdltyy kuitenkin
leikkeen BOND-merkintalaite sellaisten leikkeiden varalta, jotka luodaan kliinisessd BOND-
asiakasohjelmassa.

Leikkeen merkintalaitteet on maaritetty osaksi BOND-vakioasennusta. Jos lisaat tai vaihdat leikkeen
merkintalaitteen, maarita se yllapito-ohjelman Hardware (Laitteisto) -ndytdssa (katso kohta

10.6.3 - Leikkeen merkintdlaitteet). Tietoa vaihtamisesta ja puhdistuksesta on merkintalaitteen mukana
toimitetuissa asiakirjoissa.

Kayta vain BOND-merkintdtarroja ja -tulostusnauhaa. Nama tarrat pysyvat kiinni ja
lukukelpoisina BOND-III- ja BOND-MAX-instrumenteissa prosessoinnin ajan.

2.6 Apuvalineet

Tassa osiossa kuvataan BOND -jdrjestelman kanssa kaytettdvat apuvalineet.

e 2.6.1 - Leikkeet
« 2.6.2 - BOND Universal Covertiles
« 2.6.3 - Reagenssijarjestelmat ja -sailiot

2.6.1 Leikkeet

Kaytd BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleissa vain oikean kokoisia lasileikkeitd. Vaaran kokoiset
leikkeet eivat ehka sovi leikealustaan, eivatka Covertiles-suojukset sovi niiden paalle. Kumpikin naista
ongelmista voi vaikuttaa varjaystulokseen.

Leica Biosystems suosittelee Leica BOND Plus -leikkeitd, jotka on suunniteltu kdytettdvaksi BOND-
jarjestelmassa. Nama positiivisesti varautuneet leikkeet ovat optimaalisen kokoisia BOND-alustoille ja -
Covertiles-suojuksille ja niihin on merkitty alueet, joihin kudos tulee asettaa 100 pl:n ja 150 pl:n annoksilla
(katso kohta 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa).

Jos kaytat omia leikkeitasi, niiden on oltava seuraavien maaritysten mukaisia:

Mitat Leveys: 24.64-26.0 mm
Pituus: 74.9-76.0 mm
Paksuus: 0.8-1.3 mm
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Merkintatarran Leveys: 24.64-26.0 mm
alue Pituus: 16.9-21.0 mm

Materiaali Lasi, ISO 8037/1

Ala kdyta vahingoittuneita leikkeitd. Varmista, et kaikki leikkeet on kohdistettu
oikein leikealustoihin ennen niiden lataamista prosessointimoduuliin.

pudota leikealustan lapi tai muuttaa nesteen virtausta Covertiles-suojusten alla
vaikuttaen siten varjaystulokseen.

2 Ala kayté leikkeitd, joissa on pyoristetyt tai leikatut kulmat. Téllaiset leikkeet voivat

2.6.2 BOND Universal Covertiles

BOND Universal Covertiles viittaa lapinakyviin muovisuojuksiin, jotka
asetetaan leikkeiden paalle varjayksen ajaksi. Kapillaari-ilmio vetaa
leikkeisiin annostellun reagenssin Covertiles-suojusten ja leikkeiden valiin,
mika varmistaa kudoksen tasaisen peiton. Covertile-suojukset auttavat
minimoimaan tarvittavan reagenssin maaran ja suojaavat leikkeita
kuivumiselta kayttokertojen valilla. Covertiles-suojukset ovat olennainen
0sa BOND-varjdysjarjestelmaa ja niita on kaytettava aina.

Aseta Covertiles-suojukset leikkeisiin, kun olet asettanut leikkeet
leikealustoihin (katso 4.1.3.5 - Leikkeiden lataaminen). Varmista, etta
Covertiles-suojukset on sijoitettu oikein siten, etta kunkin Covertile-
suojuksen uloke asettuu leikealustan syvennykseen (katso ympyroity kohta
oikealla puolella olevassa valokuvassa).

Covertiles-malleja on kaksi, ja ne ovat kaytettavissa vaihtoehtoisesti.
Uudessa mallissa on ominaisuuksia (sana Leica, pieni pytrea merkki ja ulkonema vasemmassa
yldkulmassa), jotka auttavat huomaamaan, jos Covertile on asetettu leikkeelle vaarin.

Kuva 2-28: BOND Universal Covertile (alkuperdinen malli)

X

L %

Kuva 2-29: BOND Universal Covertile (uusi malli)
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Covertile-suojusta voidaan kayttaa enintaan 25 kertaa, jos se ei ole kovin varjaantynyt tai vaurioitunut ja jos
se puhdistetaan asianmukaisesti (katso 12.3 - Covertiles-laatat). Havita vahingoittuneet Covertile-
suojukset.

Jotkin detektiojarjestelmat, kuten Bond™ Oracle™ HER2 IHC -jarjestelma ja Leica HER2 FISH, edellyttévat
uusien (kayttamattomien) Covertile-suojusten kayttda. Tarkista asianmukaiset kayttéohjeet ennen kayttoa.

2.6.2.1 Leikealustat

Leikealustat pitdvat leikkeet ja Covertiles-suojukset paikoillaan, kun ne ladataan BOND-III- tai BOND-MAX-
prosessointimoduuliin. Jokaiseen alustaan mahtuu enintdan kymmenen leiketta.

Leikealustamalleja on kaksi, ja ne ovat kaytettavissa vaihtoehtoisesti.

Kuva 2-30: Leikealusta (vanha malli [vasemmalla puolella]) ja uusi malli [oikealla puolella])

Ohjeet leikkeiden ja Covertiles-suojusten lataamiseen prosessointimoduuliin ovat kohdassa
4.1.3.5 - Leikkeiden lataaminen.

2.6.2.2 Reagenssialustat

Reagenssialustoille voidaan asettaa 7 ml:n ja 30 ml:n BOND reagenssisailidita ja 6 ml:n BOND
titraussailidita. Alustat ladataan prosessointimoduulin reagenssilavalle (katso 2.2.6.5 - Reagenssilava).

Kuva 2-31: Reagenssialusta

Reagenssialustojen sailidille tarkoitetut paikat on numeroitu kahvasta kauimmasta paikasta (paikka 1)
kahvaa lahinna olevaan paikkaan (paikka 9).

Reagenssien prosessointimoduuliin lataamisen ohjeet ovat kohdassa 4.1.4 - Reagenssien lataaminen.
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2.6.3 Reagenssijarjestelmat ja -sailict

Reagenssialustoilla voidaan kayttda monia eri reagenssisailiétyyppeja.

2.6.3.1 Reagenssijarjestelmat

Reagenssijarjestelmat ovat reagenssialustan esimaaritettyja reagenssisarjoja. BOND kayttda kolmea eri
reagenssijarjestelmaa:

« BOND-detektiojarjestelmat
« Leica-teranostiikkajarjestelmat
« BOND-puhdistusjarjestelmat

Lisatietoa ndistd on kohdassa 8.1 - Reagenssin hallinnan yleiskatsaus.

Reagenssijarjestelma rekisterdidaan skannaamalla reagenssialustan sivussa oleva viivakoodi. Kunkin sailion
viivakoodimerkint®ja ei siis skannata erikseen. Reagenssisailidita, joista jarjestelma koostuu, ei rekisterdida
yksittdin. Ne on lukittu alustaan, eika niitd saa poistaa tai jarjestaa uudelleen. Kun reagenssijarjestelma on
kaytetty loppuun tai vanhentunut, havita koko alusta sadiliGineen.

2.6.3.2 BOND Kayttdvalmiit reagenssit

Kayttévalmiit BOND-reagenssit ovat sailidissa, jotka sopivat reagenssialustoihin. Nama reagenssit
toimitetaan BOND-jarjestelmalle optimoiduissa pitoisuuksissa, joten ne eivat vaadi rekisterdinnin ja
avaamisen lisaksi muita toimia ennen niiden kayttoa.

Séilidissa on eri maaria reagenssia. Tilavuudet vaihtelevat valilla 3.75 —30 ml reagenssin tyypista riippuen.

2.6.3.3 Avoimet sailiot

Avoimet sailiét ovat tyhjia, puhtaita sailidita kayttdjan omien reagenssien sailytykseen (esimerkiksi
primaarivasta-aine). Sailidita on saatavana koossa 7 ml ja 30 ml. Kussakin avoimessa sailiéssa voidaan
sailyttaa vain yhta reagenssia, ja ne voidaan tayttaa uudelleen siten, etta jokainen sailié voi annostella
enintaan 40 ml reagenssia (katso kohta Avoimen reagenssisailion uudelleentayttd (Kohta 8.3.2.4 sivulla

180)).

BOND-jarjestelmassa voidaan kayttaa vain avoimia BOND-sailidita — ala yritd kdyttaa kayttajan omille
reagensseille muita sailidita (titraussailidita lukuun ottamatta).

2.6.3.4 Titraussailiot

Saatavana on myos erityisia titraussailidita (katso kohta 14.2.1.4 - Titrausvalineet). Naissa on 6 ml:n
irrotettava lisdosa, joka helpottaa séilion reagenssin vaihtoa esimerkiksi pitoisuuden optimoinnin
yhteydessa. Kuten avoimet sailiét myos titraussailiét voidaan tayttda uudelleen, ja niiden avulla voidaan
annostella enintdan 40 ml reagenssia. Kaytettavien lisdosien maaraa ei ole rajoitettu. Leica Biosystems -
yhti6lta saatavien BOND-titrausvalineiden mukana tulee kymmenen lisdosaa sdiliota kohden.
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2.7 Instrumentin siirtaminen

Ota yhteys asiakastukeen, jos prosessointimoduulia on tarpeen siirtaa pitkia
matkoja tai jos se on tarpeen kuljettaa korjattavaksi tai havitettavaksi.

Prosessointimoduuli on erittdin raskas, eika sita ole suunniteltu kayttdjan
siirrettdvaksi.

Al tuki instrumentin takakannessa olevia ilmanvaihtoaukkoja. Ala tuki my&sk&an
ruiskun luukun ilmanvaihtoaukkoja (BOND-MAX).

Jos BOND-instrumenttia aiotaan siirtda lyhyitd matkoja, ota huomioon seuraavat seikat:

« Varmista, etté lattia kestaa instrumentin painon. Katso mittatiedot kohdasta 18.2 - Fyysiset
ominaisuudet, 18 - Tekniset tiedot ja ota paikalliset vaatimukset huomioon ennen instrumentin
siirtamista.

« Arvioi sahkémagneettisen ympariston mahdollisesti aiheuttamat hairiét ennen prosessointimoduulin
kayttoa.

. Al5 kaytd BOND-instrumenttia voimakkaan sahkémagneettisen sateilyn Idhteiden laheisyydessa.
Tallaisia ovat esimerkiksi suojaamattomat tarkoitukselliset radiotaajuuslahteet, jotka saattavat hairita
instrumentin toimintaa.

« Al3 nosta BOND-instrumenttia trukilla.

« Kayta vain toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa ja varmista, etta kayttajalla on paasy sen pistorasian
luo, johon virtajohto on kytketty.

« Varmista, etta virtajohto ja Ethernet-kaapeli on irrotettu ennen instrumentin siirtamista.

« Varmista riittdva ilmanvaihto.

« Tyhjenna jatesadiliét ennen instrumentin siirtdmista.

« Varmista, ettd avaat BOND-instrumentin kaikkien neljén pydran lukituksen (tai vaunun, jos kaytdssa
on BOND-MAX) ennen instrumentin siirtdmista. Muista lukita ne uudelleen uudessa sijainnissa.

2.8 Instrumentin kaytosta poisto ja havittaminen

Instrumentti, mukaan lukien sen osat ja siihen liittyvat lisdvarusteet, on havitettdva soveltuvien paikallisten
menetelmien ja maardysten mukaisesti. Havita kaikki laitteen kanssa kdytetyt reagenssit reagenssin
valmistajan suositusten mukaisesti.

Puhdista ja dekontaminoi laite tai sen osat ja lisdvarusteet paikallisten menettelytapojen ja maaraysten
mukaisesti ennen laitteen tai sen osien ja lisavarusteiden palauttamista tai havittamista.

EU:ssa kaikki elektroniikkajate on havitettava sahko- ja elektroniikkalaiteromun (2012/19/EU) mukaisesti.
EU:n ulkopuolisilla alueilla toimittaessa on elektroniikkajatteen havittdmisessa noudatettava paikallisia
menettelyja ja maarayksia.

Jos tarvitset apua, ota yhteytta paikalliseen Leica Biosystems edustajaan.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus
(kohdassa BOND -ohjain)

Tassa luvussa annetaan tietoa BOND-ohjelmiston yleisistd ominaisuuksista. Katso ohjeet ohjelmiston
kayttdon prosessointimoduulien ajoissa ja leikkeiden, tapausten ja reagenssien hallinnassa kyseisia aiheita
kasittelevista luvuista. Yllapito-ohjelmaa koskevat ohjeet ovat kohdassa 10 - Ylldpito-ohjelma ( BOND -
jarjestelman ohjain).

« 3.1 - Jarjestelmaarkkitehtuuri

« 3.2 - BOND-ohjelmiston kdynnistéminen ja sammuttaminen
« 3.3 - Kadyttajaroolit

« 3.4 -Kliinisen asiakkaan kayttoliittyman yleiskatsaus
« 3.5 - BOND-ohjauspaneeli

« 3.6 - IImoitukset, varoitukset ja hdlytykset

» 3.7 - Raportit

« 3.8 -Help (Ohje)

« 3.9 - Tietoa BOND-jarjestelmasta

« 3.10 - BOND-tietomadaritelmat

« 3.11 - Ohjelmistopaivitykset
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3.1 Jarjestelmaarkkitehtuuri

BOND 6.0 -version ohjelmisto on paivittaisen kdytdn osalta samanlainen kuin aiemmissa BOND-versioissa,
mutta kayttdliittyman visuaaliseen ulkoasuun on tehty kattavia muutoksia.

Kayttajat viestivat BOND-ohjelmiston kanssa kahden “asiakasohjelman” eli kahden erillisen ohjelman
kautta. Nama ohjelmat ovat kliininen asiakasohjelma (“asiakas”) ja ylldpito-ohjelma. Kliininen
asiakasohjelma on tarkoitettu jokapaivaiseen kayttdén — reagenssien ja protokollien maaritykseen,
tapausten ja leikkeiden valmisteluun prosessointia varten ja prosessointimoduulissa suoritettavien ajojen
valvontaan ja hallintaan. Ylldpito-ohjelmassa voidaan maarittaa lisdasetuksia, joita muutetaan vain harvoin
alkuasennuksen jalkeen. Lisdasetuksiin lukeutuvat muun muassa leiketarrakokoonpanot, laitteistoliitannat
ja kayttajatilit (katso 10 - Ylldpito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)).

« 3.1.1 - Yhden paikan konfiguraatio
« 3.1.2 - BOND-ADVANCE
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

3.1.1 Yhden paikan konfiguraatio

Yhden paikan asennuksissa on vain yksi BOND-ohjain, jonka kautta kayttdja voi toimia vuorovaikutuksessa
BOND-ohjelmiston kanssa (ja ohjata siten prosessointimoduuleja). BOND-ohjain suorittaa kaiken
jarjestelman ohjelmistokasittelyn ja yllapitaa jarjestelman tietokantaa, jossa tapaus- ja leiketietoja
sailytetaan. Ohjaimessa on nappaimistd, hiiri ja ndyttd, ja siihen liitetdan leikkeen merkintatulostin ja
skanneri.

Yhden paikan asennuksessa voi olla enintdan viisi prosessointimoduulia. Jos useampia
prosessointimoduuleja tarvitaan, paivitda BOND-ADVANCE-jarjestelmaan.

1 2

o
QW
W =

3 s [
'

h

Nro Nimi (Kuva 3-1)
1 LIS-yhteys
2 Prosessointimoduulit (enintaan viisi)
3 Kliininen asiakasohjelma / yllapito-ohjelma
4 BOND-ohjain

Kuva 3-1: Yhden paikan asennuksen asennuskaavio
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3.1.2 BOND-ADVANCE

BOND-asennukset, joissa on yli viisi prosessointimoduulia, maaritetdan monipaikkaisiksi BOND-ADVANCE-
asennuksiksi. BOND-ohjain suorittaa edelleen koko jarjestelmén ohjelmistokasittelyn, mutta useimmat
syotteet ovat peraisin BOND-ADVANCE-terminaaleista, jotka sijaitsevat niiden prosessointimoduulin
tyosolujen lahelld, joita ne ohjaavat (BOND-ohjelmistossa ndita kutsutaan nimelld “pods” eli
moduuliryhmat). Moduuliryhmat maaritelldan yllapito-ohjelmassa.

Ohjaimeen liitetylld ndytolla ndytetdan BOND-jarjestelman ohjauspaneeli, jossa annetaan yhteenveto
jarjestelman kunkin prosessointimoduulin reaaliaikaisesta tilasta (katso kohta 3.5 - BOND-ohjauspaneeli).
Ohjauspaneeli voidaan pyynnosta liittaa myos tiettyyn terminaaliin. Ylldpito-ohjelmaa voidaan kayttad mistd
tahansa terminaalista.

Joissakin laboratorioissa voi olla kaytdssa toissijainen ohjain, joka varmuuskopioi kaikki BOND-tiedot
reaaliajassa ja jota voidaan siirtya kayttamaan, jos ensisijaiseen ohjaimeen tulee toimintahairio. Lisatietoja
tasta on kohdassa 16.2 - Toissijaiseen ohjaimeen vaihtaminen.

2 4

Kuva 3-2: BOND-ADVANCE-asennuskaavio — BOND-ADVANCE-terminaalit ohjaavat moduuliryhmien
prosessointimoduuleita BOND-ADVANCE-ohjaimen kautta.

Nro Nimi (Kuva 3-2)
1 Prosessointimoduulit moduuliryhmissa
2 BOND-ADVANCE-ohjauspaneeli
3 LIS-yhteys
4 BOND-ADVANCE-ohjain
5 BOND-ADVANCE-terminaalit
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

3.2 BOND-ohjelmiston kaynnistaminen ja
sammuttaminen

Kdynnistaminen

BOND-ohjelmisto voidaan kdynnistaa ennen liitettyjen prosessointimoduulien kdynnistamista tai sen
jalkeen. Ohjelmiston kdynnistaminen:

1. Yksi paikka: Kdynnista tarvittaessa BOND-ohjain ja kirjaudu siséan Windowse-kayttdjarjestelmaan
kayttajana "BONDUser”. Salasanan saat laboratorion johtajalta. Huomaa, ettd alustavaa salasanaa ei
maaritetd uusien jarjestelmien tapauksessa.

BOND-ADVANCE: kaynnista tarvittaessa BOND-ADVANCE-ohjain. Ohjauspaneelin tulisi avautua
automaattisesti (jos ndin ei kdy, kaksoisnapsauta BONDDashboard-pikavalintaa Windows-
tyopoydalla. Paina <F11> asettaaksesi Internet Explorerin koko ndytdn tilaan).

Kaynnista tarvitsemasi terminaali ja kirjaudu Windowsiin kdyttajénd "BONDUser”. Salasanan saat
laboratorion johtajalta. Huomaa, etta alustavaa salasanaa ei maaritetd uusien jarjestelmien
tapauksessa.

6 BONDUser-salasana vanhenee aika ajoin. Vaihda salasana pyydettdessa kirjautumisen jalkeen.

2. Kaynnista kliininen asiakasohjelma tai ylldpito-ohjelma (tai molemmat — ohjelmia voi kdyttaa
samanaikaisesti) kaksoisnapsauttamalla asiaankuuluvaa tyopoytakuvaketta.

3. Syota BOND-kayttdjanimi ja -salasana.
Jos avaat kliinisen asiakasohjelman BOND-ADVANCE-jarjestelmdssg, voit valita moduuliryhman,
johon yhteys luodaan.

6 Kliininen BOND-ADVANCE-asiakasohjelma muistaa viimeksi valitun moduuliryhman.

Salasanan voi muuttaa kirjautumisikkunassa milloin tahansa. Noudata laboratorion menettelytapoja
koskien salasanan vahvuutta ja sita, kuinka usein se tulee vaihtaa. BOND-ohjelmisto edellyttaa, etta
salasana on 4—14 merkkia pitka ja sisaltaa vahintdan yhden numeron.

4. Napsauta Log on (Kirjaudu sisaan).
Jarjestelma nayttda valintasi mukaan kliinisen asiakasohjelman tai yllapito-ohjelman nayton.
Otsikkorivilla ndytetdan kirjautuneena olevan kayttajan kayttajanimi. Jos alat kayttda ohjelmaa
suoraan toisen kayttajan jalkeen, kirjaa tdma toinen kdyttaja ulos ja kirjaudu uudelleen sisdén omalla
kayttdjanimelldsi.BOND-ADVANCE-jarjestelmassa otsikkorivilld ndytetdan myods valittuna oleva
moduuliryhma.

Al siis suorita muita sovelluksia BOND-ohjaimessa — tdma mitatdi instrumentin

f BOND-ohjelmisto ohjaa tarkeita laitteistoja ja pitaa sisalldan arkaluonteisia tietoja.
takuun. Al kiyta BOND-ohjainta yleisiin tietojenkésittelytarkoituksiin.
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Tyopoydan taustat

Windows-tyop6ydan taustoja kaytetaan erottamaan kirjautuneena olevan Windows-kayttajan tyyppi seka
kytkettyna olevan ohjaimen tai terminaalin rooli.

Yksi paikka

Kayttdjalle ndytetdan yleensa “Controller BONDUser” -tausta. Jos huoltoteknikko on paikalla, taustana voi
kuitenkin olla “Controller BONDService”. Katso Kuva 3-3.

Jeica

BIOSYSTEMS

3 09

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone.

Jeica

BIOSYSTEMS

& O

BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

Kuva 3-3: BOND-ty6pdydan taustat: “Controller BONDUser” ja “"Controller BONDService”
BOND-ADVANCE

BOND-ADVANCE-ty6pdydan taustojen tapauksessa liitetyn ohjaimen tai terminaalin kuvake muuttuu sen
roolin mukaan. Katso esimerkkeja Kuva 3-4.

J 3

Kuva 3-4: Terminaalin, itsendisen ohjaimen, ensisijaisen ohjaimen ja toissijaisen ohjaimen kuvakkeet

AD

3 & & 7o

Kuva 3-5: BONDUser-, BONDService-, BONDControl- ja BONDDashboard-kuvakkeet

Sinulle ndytetadn myos eri kuvakkeita kayttajén tyypin mukaan. Katso Kuva 3-5.
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Sammuttaminen

out (Kirjaudu ulos) -kuvaketta. Jos haluat sulkea BOND-jarjestelman kokonaan, voit sammuttaa

Voit ssmmuttaa kliinisen asiakasohjelman tai yllapito-ohjelman napsauttamalla toimintopalkin Log [ErEr:
il
ohjelmiston ennen prosessointimoduulien sammuttamista tai sen jdlkeen.

Voit sammuttaa kliinisen asiakasohjelman ajon ollessa kdynnissa, jos haluat vaihtaa kayttajaa. Ala
kuitenkaan jata prosessointimoduulia kdyntiin pidemmaksi aikaa ilman, etta asiakasohjelma on auki;
muutoin et nde moduulin mahdollisesti antamia varoituksia tai halytyksia. BOND-ohjainta ei saa koskaan
sammuttaa ajon aikana.

3.3 Kayttajaroolit

BOND-jarjestelmassa on kolme eri kdyttdjaroolia:
« Operator (Kayttdjd): voi paivittaa reagenssiluettelon, luoda tapauksia ja leikkeitd, kdynnistaa ja
hallita varjdysajoja, luoda ja muokata laakareita ja luoda raportteja.
« Supervisor (Valvoja): voi luoda ja muokata protokollia, reagensseja ja ruutuja.
« Administrator (Yllapitdja): voi hallita BOND-kayttajid ja maarittaa koko jarjestelmaa koskevia
asetuksia yllapito-ohjelmassa.

Kayttdjilla voi olla useita rooleja. Valvojilla on automaattisesti myos kayttdjan rooli. Vain kayttajat, joilla on
yllapitdjan rooli, voivat kdyttaa yllapito-ohjelmaa ja vain kayttajat, joilla on kayttdjan tai valvojan rooli,
voivat kayttaa kliinista asiakasohjelmaa.

Kayttdjat luodaan ja heidan roolinsa maaritetaan yllapito-ohjelman Users (Kayttajat) -ndytolla (katso kohta
10.1 - Kayttajat).

Kirjautuneena olevan kdyttajan kayttajanimi naytetdan asiakasohjelmaikkunan otsikkorivilla.

3.4 Kliinisen asiakkaan kayttoliittyman yleiskatsaus

Kliinisen asiakasohjelman naytdn vasemmassa reunassa ja yldosassa on ominaisuuksia, jotka naytetaan
kaikilla ohjelmiston sivuilla. Tassa osiossa kuvaillaan naitd seka ohjelmiston yleisia ominaisuuksia.

« 3.4.1 - Toimintopalkki

e 3.4.2 - Prosessointimoduulin valilehdet

« 3.4.3 - Lajittelutaulukot

o 3.4.4 - Pdivdamaaran muoto

3.4.1 Toimintopalkki

Toimintopalkki sijaitsee BOND-ohjelmistonayton yldosassa. Sen kautta voi siirtya nopeasti BOND-
ohjelmiston tarkeimpiin osioihin.

Slide setup

ox
8

Protocol setup

R I

Reagent setup

Slide history Search Help Log out

@ 4

ssssssssss

Siirry haluttuun naytt6dn tai suorita haluttu toiminto napsauttamalla toimintopalkin kuvaketta, kuten
seuraavassa taulukossa kuvataan.
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

Kuvake

Naytettdava nayttoé
(tai suoritettava
toiminto)

Tarkoitus

Slide setup

on
S

Slide setup
(Leikeasetukset)

Tapausten luominen ja leikkeiden maaritys BOND-
ohjelmistossa.

Lisatietoja on kohdassa 6 - Leikeasetukset ( BOND -

Protocol setup

Protocol setup
(Protokolla-asetukset)

Protokollien muokkaus ja hallinta.

Lisatietoja on kohdassa 7 - Protokollat ( BOND -

Reagent setup

it

Reagent setup,
Reagent inventory,
and Reagent panels
(Reagenssiasetukset,
reagenssien luettelo ja
reagenssiruudut
(kolme valilehted))

Uusien reagenssien maaritys, reagenssien luettelon
hallinta ja reagenssiruutujen luonti (markkerisarjat,
joita kdytetdan nopeuttamaan leikkeiden luontia).

Lisatietoja on kohdassa 8 - Reagenssin hallinnointi
( BOND -ohjaimessa).

Slide history

~

Slide history
(Leikehistoria)

BOND-jarjestelmassa ajettujen leikkeiden ja
yksittaisten leikkeiden, ajojen ja tapausten tietojen
katselu.

Lisatietoja on kohdassa 9 - Leikehistoria ( BOND -
ohjaimessa).

Search (Haku)

Leikkeiden, reagenssisailididen ja
reagenssijarjestelmien tunnistus skannaamalla
viivakoodi tai syottamalla leikkeen tai reagenssin

tunnus manuaalisesti. Yhdistettya hakuvalintaikkunaa

kaytetadn, kun jarjestelma tunnistaa hakusisallon
(leikkeen tai reagenssin) automaattisesti.

Katso lisatietoja kohdasta 6.5.6 - Leikkeen
manuaalinen tunnistus tai 8.1.1.3 - Reagenssin
tunnistaminen.

Help (Ohje)

Avaa taman kayttdoppaan.

Log out (Kirjaudu ulos)

Ulos kirjautuminen asiakasohjelmasta.
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

Kuvake Naytettdava nayttoé Tarkoitus
(tai suoritettava
toiminto)
Backup failed Tietokannan varmuuskopiointi epaonnistui.

X Varmuuskopiointi
CE & ( . P Katso lisatietoja kohdasta 10.5.3 - Tietokannan
epaonnistui) )
= varmuuskopiot.
LIS not connected (LIS | LIS-moduuli on asennettu, mutta sita ei ole liitetty
Eﬁ(@q ei ole kytkettyna) LIS-jarjestelmaan.
Katso lisdtietoja kohdasta 11.3 - LIS-yhteys ja
alustaminen.
% LIS connected (LIS on | LIS-moduuli on asennettu ja liitetty LIS-jarjestelmaan.
3 kytkettyna)

Katso lisatietoja kohdasta 11.3 - LIS-yhteys ja
alustaminen.

LIS notifications (LIS- | Odottavien LIS-ilmoitusten maara.

ilmoitukset
N e ) Katso lisatietoja kohdasta 11.4 - LIS-ilmoitukset.
N A\l s

-

Naytdn oikeassa ylédkulmassa on Leica Biosystems -logo. Logoa napsauttamalla saa nékyviin About BOND
(Tietoa) -valintaikkunan. Katso kohta 3.9 - Tietoa BOND-jarjestelmasta.

Nayton oikeassa ylakulmassa saatetaan ndyttaa varoitus- ja tilakuvakkeita. Katso kohdat 11 - LIS-
integraatiopaketti ( BOND -ohjaimessa) ja 10.4.2 - Tarkastusloki.

3.4.2 Prosessointimoduulin valilehdet

Kayttoliittyman vasemmassa reunassa olevat vélilehdet avaavat naytét System status (Jarjestelman tila),
Protocol status (Protokollan tila) ja Maintenance (Huolto) kaikille niille moduuliryhman
prosessointimoduuleille, joihin asiakas on yhdistetty. Itse valilehdissa naytetaan tietoja kunkin
prosessointimoduulin nykyisesta tilasta (katso kohta 5.1.1 - Prosessointimoduulin vélilehdet).

BOMND-WAX
w3

i 1036 AN
i 1040 AM
10233 AM

Kuva 3-6: Prosessointimoduulin valilehti (BOND-MAX)

System status (Jarjestelman tila) -ndytdissa naytetdan kunkin prosessointimoduulin tila ja Protocol
status (Protokollan tila) -ndytodissa kaynnissa olevien protokollien edistyminen. Maintenance (Huolto) -
naytossa on komentoja useille eri huoltotoiminnoille.
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3.4.3 Lajittelutaulukot

Monissa BOND-ohjelmiston naytdissa naytetadn taulukkomuodossa olevaa tietoa. Voit lajitella sarakkeen
arvot napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Otsikon viereen tulee nakyviin yldspdin osoittava kolmio, joka
tarkoittaa, etta taulukon tiedot ndytetdan nousevassa jarjestyksessa (0—9, A-Z). Jos haluat jarjestaa tiedot
laskevaan jarjestykseen, napsauta uudelleen; kolmio osoittaa nyt alaspain.

Jos haluat jarjestaa kaksi saraketta uudelleen, napsauta ensimmaisté saraketta, pida <Shift>-painike
painettuna ja napsauta toista saraketta. Ensimmaisen sarakkeen arvot pysyvat samassa jarjestyksessa,
mutta jos sama ensimmaisen sarakkeen arvo esiintyy useammalla rivilla, rivit jarjestetaan toisen sarakkeen
arvojen mukaan.

Sarakkeen leveytta voidaan niin ikddn muuttaa ja sarakkeita voidaan vetaa toisiin paikkoihin taulukossa.

Kaikki taulukon lajitteluun ja sarakkeen leveyteen ja sijaintiin tehdyt muutokset sailytetadn, kunnes
kirjaudut ulos.

3.4.4 Paivamaaran muoto

Yhden paikan asennuksissa ohjelmiston paivamaarat ja kellonajat seka raportit kdyttédvat BOND-ohjaimen
kayttojarjestelmdssa maaritettya muotoa. BOND-ADVANCE-asennuksissa kdytetaan terminaaleissa
madritettyja muotoja. Lyhyen paivamaaramuodon enimmaispituus on 12 merkkid ja pitkan 28 merkkia.

3.5 BOND-ohjauspaneeli

BOND-ADVANCE-asennuksissa ohjauspaneeli ndytetdan ohjaimeen tai terminaaliin liitetylld naytdlla. Siind
annetaan yhteenveto kaikkien jarjestelman prosessointimoduulien reaaliaikaisesta tilasta.

Kuva 3-7: BOND-ohjauspaneel
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

Nro Nimi (Kuva 3-7)

Aika ja paivamaara

Prosessointimoduulit, joissa on varoituksia

Prosessointimoduulit, joissa on ilmoituksia

Prosessointimoduulit, joissa on suoritettuja ajoja

N A WIN|F

Erilliset prosessointimoduuliruudut, joissa naytetaan
leikkeen varjayskokoonpanojen tila

Naytdn ylareunassa aika- ja paivamaararuudun oikealla puolella on kolme ruutua, joissa naytetaan
prosessointimoduulit, joissa on varoituksia (vasemmalla), joissa on ilmoituksia (keskelld) ja joissa on
suoritettuja ajoja (oikealla). Jos johonkin ndistd kategorioista sisaltyy useampi kuin yksi
prosessointimoduuli, ruudut naytetdan vuorotellen.

Ylarivin alapuolella olevissa ruuduissa naytetdan kaikki jarjestelman prosessointimoduulit nimen mukaisessa
aakkosjarjestyksessa (maaritykset tehdaan yllapito-ohjelmassa). Ruuduissa nadytetaan
prosessointimoduulien kunkin kolmen leikkeen varjayskokoonpanon tila seka kaikki mahdolliset yleiset
tilahuomautukset, jotka koskevat moduuleita kokonaisuutena:

« Prosessointimoduulit, joissa on varoituksia, on varustettu varoituskuvakkeella ;% ja ne ndytetaan
punaisina.

» Prosessointimoduulit, joissa on ilmoituksia, on varustettu ilmoituskuvakkeella ol ja ne ndytetaan
sinising.

« Prosessointimoduulien, joissa on suoritettuja ajoja, vari on vihrea ja niiden asianmukaisten leikkeen
varjayskokoonpanojen tilana ndytetdan "Completed” (Suoritettu).

LY
» Prosessointimoduulit, jotka on kytketty irti, on varustettu kuvakkeella — »— .
_|" bl

Prosessointimoduulit, joissa on varoituksia, ilmoituksia tai suoritettuja ajoja, ndytetdan seka nayton
ylareunassa asianmukaisilla paikoillaan etta yksittdisina ruutuina alla aakkosjarjestyksessa olevassa
luettelossa.

3.5.1 Leikkeen varjayskokoonpanon tila

Kunkin leikkeen vérjayskokoonpanon tila ndytetaan prosessointimoduulin ruuduissa. Tilakategorioita on
kolme:

o Locked (Lukittu) — ndytetaan, kun leikealusta on lukittu. Aikaa ei ndyteta.

« Processing (Prosessoidaan) — alustan prosessointi on aloitettu. Time (Aika) -sarakkeessa naytetaan
ajon jaljella oleva aika tunteina, minuutteina ja sekunteina.

« Completed (Valmis) — prosessointi on paattynyt. Time (Aika) -sarakkeessa naytetaan aika ajon
paattymisesta tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Jos alustaa ei ole lukittu, rivi on tyhja.

Kayttdja ei voi viestia suoraan ohjauspaneelin kanssa. Jos ohjauspaneelissa ndytetdan viesti, jonka mukaan
prosessointimoduuli kaipaa huomiota, kayttajan on viestittdva ohjauspaneelin kanssa BOND-terminaalin
kautta.
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3.6 IImoitukset, varoitukset ja halytykset

BOND-jarjestelmassa on kolme varoitustasoa: ilmoitus, varoitus ja halytys. Varoitukset ndytetdan
kuvakkeina System status (Jarjestelman tila) -ndytolla sen kohteen vieressa tai yllg, jota varoitus koskee.
Vastaava varoituskuvake voidaan nayttaa myds prosessointimoduulin valilehdessa nakyvissa olevasta
naytosta riippumatta (katso kohta 5.1.1 - Prosessointimoduulin valilehdet). BOND-ADVANCE-jarjestelmassa
varoitukset naytetddan myos ohjauspaneelissa (katso kohta 3.5 - BOND-ohjauspaneeli).

Kun varoituskuvaketta napsautetaan hiiren kakkospainikkeella ja sitten valitaan Attention message
(Huomioviesti), nékyviin tulee valintaikkuna, jossa on lisdtietoa varoituksesta.

Alla kuvataan kolme varoitustasoa kuvakkeineen.

© Ilmoitus
Palaa Varoittaa tilanteesta, joka saattaa edellyttda toimia nyt tai mydhemmin, jotta
. ajo voidaan kaynnistaa tai mydhemmat prosessointiviiveet valttaa.
tasaisena
Varoitus
| Valittdmia toimia vaaditaan esimerkiksi prosessointiviiveiden valttamiseksi.
Pa-aa Prosessointiviiveet voivat heikentaa varjaysta.
tasaisena
Halytys
Vilkkuu Kiireellisid toimia vaaditaan. Jos instrumentti oli prosessoimassa leikkeitd,

prosessointi on keskeytynyt, eika se voi jatkua ennen kuin halytyksen
aiheuttanut olosuhde korjataan. Prosessointiviiveet voivat heikentad
varjaysta.

ajo on kdynnissad). Kun reagoit nopeasti, leikkeen varjayksen vaarantuminen
voidaan ehka valttaa.

f Lue varoitus- ja halytysviestit aina heti, kun ndet niiden kuvakkeen (erityisesti, jos

Myds ajojen aikana naytettaviin ilmoituksiin on suositeltavaa reagoiva ajoissa.

3.7 Raportit

BOND-ohjelmisto kykenee luomaan useita eri raportteja. Raportit avautuvat uuteen ikkunaan “BOND Report
Viewer” -katseluohjelmassa. Yleiset tiedot, kuten aika, paikka ja instrumentti, jota raportti koskee, annetaan
raportin otsikossa. Raporttisivun alatunnisteessa naytetaan raportin luontiaika ja -pdivamaara seka
sivunumero.

Joidenkin raporttien luominen voi kestaa useita minuutteja. Tama koskee erityisesti raportteja, jotka
sisaltavat tapaus-, leike- tai reagenssitietoja, ja laboratorioita, joissa on useita prosessointimoduuleja ja/tai
joissa kasitelldan suuria volyymeja.

Raporttien BOND-katseluohjelmassa on joitakin navigointi-, katselu- ja tulostusvaihtoehtoja. Tulostin
voidaan valita ja maarittaa ja tulostettavat sivut valita tulostusvalintaikkunassa. Raportteja voidaan lisaksi
vieda eri tiedostomuodoissa, kuten PDF-, XLS-, CSV- ja tekstimuodossa.
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3. Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)

Navigoinnissa voidaan kayttaa eri pikandppdimia, kuten Sivu ylds, Sivu alas, Aloitus (ensimmainen sivu)
ja Lopetus (viimeinen sivu). My6s muita toimintoja voidaan kayttda nappaimistoén pikavalinnoilla. Naita
ovat esimerkiksi Ctrl+F, joka avaa Search (Haku) -valintaikkunan, Ctrl+S, joka avaa Save (Tallenna) -
valintaikkunan ja Ctrl+P, joka avaa Print (Tulosta) -valintaikkunan.

BOND-raporttien tiedot annetaan seuraavissa osioissa:

« 5.3.1 - Huoltoraportti

« 6.7 - Slide Setup Summary (Leikeasetusten yhteenveto) -raportti
« 7.5 - Protokollaraportit

« 8.3.4 - Luettelon tietojen raportti

« 8.3.5 - Reagenssien kayttoraportti

« 9.4 - Ajon tapahtumien raportti

« 9.5 - Ajon tietoraportti

o 9.6 - Tapausraportti

« 9.8 - Leikkeiden yhteenveto

« 9.10 - Lyhyt leikehistoria

Leiketiedot voidaan viedd my6s CSV-tiedostomuodossa (pilkulla erotetut arvot). Katso kohta 9.9 - Tietojen
vieminen.

3.7.1 Aiemmat raportit

Jos BOND-jarjestelma on paivitetty ohjelmistoversiosta 4.0, nykyiseen tietokantaan ei ole siirretty paivitysta
edeltavia tapaus- ja leiketietoja. Nédma vanhat tiedot (eli “aiemmat tiedot”) on kuitenkin edelleen saatavilla.
Niitd voi tarkastella avaamalla kohdan Start (Kdynnistd) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Leica >
BOND Legacy Report Viewer (Vanhojen raporttien katseluohjelma). BOND-ohjelmiston versio 4.0
avautuu. Voit tarkastella prosessoituja leikkeita Slide history (Leikehistoria) -nayt6lla ja luoda raportteja
samalla tavalla kuin versiossa 4.0.. Raportteja voi tulostaa version 4.0 tavoin raportti-ikkunasta tai ne voi
tallentaa PDF-muodossa. Valitse tata varten File (Tiedosto) > Print (Tulosta) ja valitse tulostimeksi Leica
PDF Printer (Leica-PDF-tulostin).

Al3 luo tapauksia tai leikkeitd BOND Legacy Report Viewer -katseluohjelmassa. Kéyta ohjelmaa ainoastaan
aiempien tietojen tarkasteluun ja raporttien luomiseen.

3.8 Help (Ohje)

Toimintopalkin Help (Ohje) -kuvake avaa taman kdyttdoppaan seka kliinisessa asiakasohjelmassa Help
etta yllapito-ohjelmassa. @
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3.9 Tietoa BOND-jarjestelmasta

Napsauta ndytdn oikeassa ylakulmassa olevaa Leica Biosystems -logoa, niin ndkyviin tulee AboutBOND
(Tietoa) -valintaikkuna, jossa annetaan jarjestelman tiedot.

About BOND

BOMD Software £ 2048 fejm

Software information

ARG e

Region information:

BOMD-HAX 23

Instrument

Senal number: MI12053
Topet BOMD-HAX
B oiad
BamM: [lemalililie]

Kuva 3-8: About BOND -valintaikkuna

Monet AboutBOND (Tietoa) -valintaikkunan tiedoista on suunnattu ensisijaisesti huoltohenkildstélle, mutta
alustavista tiedoista voi olla hy6tya myds laboratoriohenkiléstélle erityisesti asiakastuen kanssa
keskusteltaessa.

Alustaviin tietoihin lukeutuvat seuraavat tiedot:

« Ohjelmistoversio: ohjelmistoversion numero.

« BOND-kayttaja: nykyisen kayttdjan kayttajanimi.

« BOND-kayttajaroolit: nykyisen kayttdjan kayttajaroolit.

« Kieli: kaytdssa oleva kieli.

« Tietokantaversio: tietokannan versio (viittaa tietokannan rakenteeseen).

« Tietoversio: tietokantaan ladattujen tietojen versio.

« Aluetiedot: alue, jonka mukaan jarjestelma on maaritetty (maaritykset tehddan asennuksen
yhteydessa).

Voit tallentaa valintaikkunan tiedot tekstitiedostoon — napsauta Report (Raportti) ja tallenna tiedosto
valitsemalla sen sijainti.
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Huoltoloki

Yllapito-ohjelmassa voidaan luoda huoltolokiraportteja About BOND (Tietoa) -valintaikkunasta. Yleensa
raportteja luodaan huoltoedustajan pyynnosta. Voit luoda huoltolokin seuraavasti:

1. Valitse AboutBOND (Tietoa) -valintaikkunasta Service log (Huoltoloki).

2. Valitse tietty prosessointimoduuli, *System* (Jarjestelma), jos haluat raportoida BOND-
jarjestelman ohjelmisto- tai ohjaintapahtumia, tai *LIS*, jos haluat raportoida LIS-jarjestelmadn
liittyvia tapahtumia.

3. Valitse raportin ajanjakso tai napsauta Last seven days (Viimeiset seitseman paivaa).

4. Luo raportti valitsemalla Generate (Luo).

5. Raportti ndytetaan raporttien katseluohjelmassa — katso kohta 3.7 - Raportit.

3.10 BOND-tietomaaritelmat

BOND-ohjaimeen tallennetaan tietomaaritelmat, jotka kasittavat koko jarjestelman reagenssi- ja
protokollatiedot. My0s Leica Biosystems-reagenssien ja -reagenssijarjestelmien oletusprotokollat ja -tiedot
sisaltyvat tahan.

3.10.1 Tietomaaritelmien paivitykset

Leica Biosystems julkaisee verkkosivustollaan sadnndllisin valiajoin tietomadritelmien paivityksia esimerkiksi
uusien reagenssien lisédmista varten. Katso tietomaaritelmien paivitysohjeet kohdasta 10.4 - BDD.

6 Tietomaaritelmia paivitettdessa voidaan kayttaa vain paivitystiedostoja, joiden tiedostopadte on .bdd.

Nykyisen tietoversion voi tarkistaa About BOND (Tietoa) -valintaikkunasta. Valintaikkuna avataan
napsauttamalla BOND -ohjelmistonayton oikeassa yldkulmassa olevaa Leica Biosystems -logoa. Katso myds
kohta 3.9 - Tietoa BOND-jdrjestelmasta (Tietoa).

3.11 Ohjelmistopaivitykset

Leica Biosystems voi julkaista ohjelmistopaivityksia, kun BOND-jérjestelmaa kehitetaan. Paivitykset voivat
koskea padohjelmistoa tai tietokantaa, joka sisaltda oletusprotokollat, reagenssit ja reagenssijarjestelmat.

Nykyisen ohjelmistoversion numero I6ytyy About BOND (Tietoa) -valintaikkunasta (katso kohta
3.9 - Tietoa BOND-jarjestelmasta). Tietoversio naytetdan niin ikadn About BOND (Tietoa) -
valintaikkunassa.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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4, Pika-aloitus

Tassa luvussa kaydaan ohjatusti 1dpi ensimmainen BOND-jdrjestelmassa suorittamasi ajo. Luomme
esimerkkitapauksen ja maaritdmme ja prosessoimme nelja leikettd; testaus suoritetaan kayttdvalmiilla
BOND-primaarivasta-aineilla *CD5, *CD3, *CD10 ja *Bcl-6. Vasta-aineille kaytetdan oletusprotokollaa ja -
detektiojarjestelmaa: *IHC Protocol F ja BOND Polymer Refine. Kuvatut toimenpiteet ovat sovellettavissa
myds ISH-antureille ja -protokollille (vasta-aine vaihdetaan anturiin ja IHC-protokollat korvataan ISH-
protokollilla).

4.1 BOND-III ja BOND-MAX

Tutustu ennen aloittamista lukujen 2 - Laitteisto ja 3 - Ohjelmiston yleiskatsaus (kohdassa BOND -ohjain)
asiaankuuluviin osioihin.

« 4.1.1 - Alustavat tarkistukset ja kdynnistys
« 4.1.2 - Protokolla- ja reagenssitarkistukset
o 4.1.3 - Leikkeiden maaritykset

« 4.1.4 - Reagenssien lataaminen

« 4.1.5 - Protokollan ajo

« 4.1.6 - Viimeistely

4.1.1 Alustavat tarkistukset ja kaynnistys

Suorita seuraavat toimet ennen ajon aloittamista:

1. Varmista, etta prosessointimoduuli on puhdas ja etta kaikki huoltotehtavat ovat ajan tasalla (katso
kohta 12.1 - Puhdistus- ja huoltoaikataulu).

Paivittain suoritetaan seuraavat tehtavat:

i. Tarkista, etta bulkkijatesailiot ovat korkeintaan puoliksi tdynna; nykyisessa BOND-MAX-
mallissa puolitdydestd tasosta kertoo sailion etiketissé oleva valkoinen vaakaviiva — katso Kuva
12-3.

ii. Tarkista, ettd bulkkireagenssisailitt ovat vahintaan puoliksi taynna ja etta niissa on oikeaa
reagenssia.

2. Tarkista pesublokit ja sekoitusasema — puhdista tai vaihda tarvittaessa uusiin.
3. Tarkista, ettd leikkeen merkintdlaitteessa on riittévasti tarroja.

4. Jos prosessointimoduuli ja ohjain (seka terminaali, jos kaytdssa on BOND-ADVANCE) eivét ole paalla,
kytke ne paalle.

5. Kun ohjain tai terminaali on kdynnissd, kdynnista kliininen asiakasohjelma.

6. Kun ohjelmisto on kaynnistynyt, tarkista Status (Tila) -naytolta, ettei prosessointimoduuleja
koskevia ilmoituksia ole annettu. Ratkaise mahdolliset ilmoitukset ennen leikkeiden ajoa.
7. Kaynnista leikkeen merkintalaite.
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4.1.2 Protokolla- ja reagenssitarkistukset

Tarkista, ettd ajossa kdytettavat protokollat ja reagenssit on maaritetty ohjelmistossa.

Protokollien tarkistaminen:

1.

2.

Valitse toimintopalkista Protocol setup (Protokolla-asetukset) -kuvake (oikealla Pm“;(’,isemp
puolella). ‘:7

Tarkista, ettd *IHC Protocol F 16ytyy taulukosta.

6 Jos protokollaa ei I6ydy taulukosta, valitse ndyton alareunassa olevasta Preferred status (Ensisijainen tila)
-suodattimesta All (Kaikki) (katso kohta 7.2 - Protocol setup (Protokolla-asetukset) -ndyttd.)

3.

Valitse protokolla taulukosta, napsauta Open (Avaa) ja kirjaa ylos Edit protocol properties
(Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -valintaikkunassa annettu ensisijainen detektiojéarjestelma;
BOND Polymer Refine Detection.

Varmista, etta protokollalla on valintaikkunan yldreunassa merkinta Preferred (Ensisijainen) (jos
nain ei ole, protokollan voi asettaa ensisijaiseksi valvoja-kayttdjaroolin omaava henkild).

Reagenssien tarkistaminen:

rekisterdity BOND-reagenssiluetteloon. Katso lisatietoa kohdasta 8.3.3 - Reagenssien ja

Tassa tarkistuksessa oletetaan, ettd tarvittavat vasta-aineet ja detektiojarjestelma on hankittu ja
(+]
J

reagenssijarjestelmien rekisterdiminen.

1.
2.

Valitse toimintopalkin Reagent setup (Reagenssiasetukset) -kuvake (oikealla puolella).

Siirry Setup (Asetus) -valilehden nayton alaosassa oleviin suodattimiin ja valitse kohdan Reagent
type (Reagenssityyppi) asetukseksi Primaries (Primaariset), kohdan Supplier (Toimittaja)
asetukseksi Leica Microsystems ja kohdan Preferred status (Ensisijainen tila) asetukseksi All
(Kaikki).

Etsi kaikki tarvittavat vasta-aineet (*CD5, *CD3, *CD10 ja *Bcl-6) ja avaa Edit reagent properties
(Muokkaa reagenssien ominaisuuksia) -valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla:

i. Valitse Restore factory default protocols (Palauta tehdasprotokollat) (tehdasasetukset
voi palauttaa vain valvoja-kayttajaroolissa sisdankirjautunut kayttdja). Taéma varmistaa, etta
oletusvarjaysprotokolla *IHC Protocol F ja oletusarvoiset esihoitoprotokollat on maaritetty.

ii. Varmista, etta reagenssilla on merkinta Preferred (Ensisijainen) (jos ndin ei ole, reagenssin
voi asettaa ensisijaiseksi valvoja-kayttdjaroolin omaava henkild).

iii. Napsauta Save (Tallenna).

Siirry Inventory (Inventaario) -valilehden ndyttn alaosassa oleviin suodattimiin ja valitse kohdan
Package type (Pakkaustyyppi) asetukseksi Reagent containers (Reagenssisailitt), kohdan
Reagent type (Reagenssityyppi) asetukseksi Primaries (Primaariset), kohdan Inventory status
(Inventaarion tila) asetukseksi In stock (Varastossa), kohdan Supplier (Toimittaja) asetukseksi
Leica Microsystems ja kohdan Preferred status (Ensisijainen tila) asetukseksi Preferred
(Ensisijainen).

Naytolla pitdisi nakya kaikki tarvittavat vasta-aineet ja niiden saatavilla olevat maarat.

Varmista, ettd kutakin vasta-ainetta on saatavilla riittavasti.

Valitse samalla vélilehdellé olevan kohdan Package type (Pakkaustyyppi) asetukseksi BOND
detection systems (-detektiojarjestelmat) ja kohdan Inventory status (Inventaarion tila)

70

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



4, Pika-aloitus

asetukseksi In stock (Varastossa). Tarkista, etta ensisijainen detektiojarjestelmé BOND Polymer
Refine Detection I0ytyy taulukosta ja etta tilavuus on riittavan suuri (katso kohta 8.3.1.1 - Maarien
raportointi detektiojarjestelmille).
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4.1.3 Leikkeiden maaritykset

Tassa osiossa kuvataan, miten BOND-jarjestelmdan voidaan syottaa tiedot, joita jarjestelma Slide setup
tarvitsee leikkeiden varjdgdmiseen ja asettamiseen prosessointimoduuliin. %;]

Taman osion ohjelmistotoiminnot suoritetaan Slide setup (Leikeasetukset) -naytolta. Voit avata
tdman naytdn napsauttamalla toimintopalkissa olevaa Slide setup (Leikeasetukset) -kuvaketta.

Katso alaosiot:

« 4.1.3.1 - Tapauksen tietojen syéttaminen
« 4.1.3.2 - Leikkeen tietojen sydttaminen

« 4.1.3.3 - Kontrollit

e 4.1.3.4 - Leikkeiden merkitseminen

« 4.1.3.5 - Leikkeiden lataaminen

4.1.3.1 Tapauksen tietojen syottaminen

Ohjelmistossa on ensin luotava “tapaus” naytepotilasta varten. Esimerkissamme potilaan nimi on A. Edward,
tapaustunnus on 3688 ja lahettava ldakari on tohtori Smith.

1. Valitse Slide setup (Leikeasetukset) -naytoltd Add case (Lisaa tapaus). Ohjelmisto nayttaa Add
case (Lisaa tapaus) -valintaikkunan.

Akl
Case 10
Patiant name
Case comments:
Dhocior: Seith -
e 1S
Case N"
Dhesparese vodume: 100 el
o 150l
[ —— re— B

Figure 4-1: Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkuna

2. Napsauta Case ID (Tapaustunnus) -kenttaa ja syota 3688.

Napsauta Patient name (Potilaan nimi) -kenttaa ja syotd Edward, A.

4. Avaa Manage doctors (Ladkarien hallinta) -valintaikkuna napsauttamalla kohtaa Manage doctors
(Ladkarien hallinta). Napsauta Add (Lisdad) avataksesi Add doctor (Lisaa ladkari) -valintaikkunan ja
syota Name (Nimi) -kenttdan Smith. Varmista, etta Preferred (Ensisijainen) -ruutu on valittuna.
Napsauta Save (Tallenna).

5. Valitse Smith ja napsauta OK Manage doctors (Ladkarien hallinta) -valintaikkunasta.

6. Valitse tapauksen oletusasetukseksi 150 pl:n annos. Tama asetus voidaan ohittaa leikkeen
maarityksen yhteydessa.

7. Maarita tapauksen leikkeiden oletusvalmistelutapa valitsemalla Preparation protocol
(Valmisteluprotokolla) -kentdsta *Dewax (Parafiinin poisto) tai *Bake and Dewax (sintraus ja
parafiinin poisto). Tama asetus voidaan ohittaa leikkeen maarityksen yhteydessa.

w
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8. Sulje Add case (Lisda tapaus) -valintaikkuna napsauttamalla OK — uusi tapaus naytetaan Slide
setup (Leikeasetukset) -ndytén vasemmalla puolella olevassa taulukossa.

Lisatietoa tapausten kanssa tydskentelysta on kohdassa 6.3 - Tapausten kanssa tydskentely.

4.1.3.2 Leikkeen tietojen syottaminen

Seuraavaksi ohjelmistossa luodaan “leikkeet” kullekin neljdlle fyysiselle leikkeelle:

1. Valitse luodun tapauksen tunnus 3688 naytén vasemmalla puolella olevasta tapausluettelosta.
2. Nayta Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna napsauttamalla Add slide (Lisaa leike).

Add slide

Edward, A.

Case ID:
3688

Doctor:
Smith

Slide ID:

Case N°:
53

Case comments:

Date created:

Tissue type: Dispense volume:
v Testtissue 100 pL
Negative tissue v 150 pL
Positive tissue
Staining mode:

Single n Routine -

Single

04-Sep-13 7:53:56 AM

Process: v IHC ISH
Marker: *CDS5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F [ - |
Preparation *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 B
Enzyme: -
Add slide Close

Figure 4-2: Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna

3. Voit halutessasi lisata leikkeeseen liittyvéan kommentin.
4. Varmista, ettd kudostyypiksi valitaan Test tissue (Testikudos).

5. Valitse prosessointimoduulille ja kudoksen koolle sopiva annos (katso kohta
6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa).

Olettaen, etta leikkeet prosessoidaan BOND-jarjestelméssa, annokseksi asetetaan 150 pl.

6. Valitse kohdasta Staining mode (Vérjaystila) valinnat Single (Yksittdinen) ja Routine (Rutiini).
7. Maarita IHC-prosessi napsauttamalla IHC.
8. Valitse Marker (Markkeri) -luettelosta *CD5 (4C7).
Ohjelmisto sy6ttaa Protocols (Protokollat) -vélilehteen automaattisesti tapaukselle maaritetyn
valmisteluprotokollan ja *CD5:n oletusarvoiset varjays- ja paljastusprotokollat.
9. Valitse Add slide (Lisaa leike).
Leike lisataan Slide setup (Leikeasetukset) -nayton oikealla puolella olevaan leikeluetteloon. Add
slide (Lisaa leike) -valintaikkuna jaa auki.

10. Toista vaiheet 8-9 kolme kertaa ja valitse vaiheen 8 markkeriksi *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) ja *Bcl-
6 (LN22).
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11.Kun kaikki leikkeet on lisatty, napsauta Close (Sulje), niin Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna
sulkeutuu.
12. Tarkista leikeluettelossa olevat tiedot.

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

2 00000003

3 00000004
*CD10

*}IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcl

*IHCF *D *— *H2(20)

Figure 4-3: Nelja Slide setup (Leikeasetukset) -ndytolla maaritettya leiketta

Jos haluat muuttaa leikkeen tietoja, avaa Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkuna
kaksoisnapsauttamalla leiketta, muuta tietoja ja napsauta OK.

Lisatietoja leikkeiden kanssa tydskentelysta on kohdassa 6.5 - Leikkeiden kanssa ty6skentely .

ﬁ Paneelien (panels) avulla voidaan nopeasti lisata usein kaytettyja leikkeita. Paneelien selitykset ja ohjeet
niiden luomiseen ja kdyttdon annetaan kohdassa 8.4 - Reagenssipaneeleiden naytto.

4.1.3.3 Kontrollit

6 Kayta BOND-jarjestelmdssa aina kontrolleja. Suosittelemme vahvasti, etta potilaskudoksen kanssa samaan
leikkeeseen asetetaan asianmukainen kontrollikudos. Kontrollileikkeille voidaan lisaksi luoda erillinen
tapaus. Katso lisatietoa kohdasta 6.2 - Kontrollien kanssa tydskentely.
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4.1.3.4 Leikkeiden merkitseminen

Olet nyt valmis tulostamaan leikkeiden tarrat ja kiinnittémadn ne leikkeisiin:

1. Valitse Slide setup (Leikeasetukset) -naytolta Print labels (Tulosta tarrat).

2. Valitse All slide labels not yet printed (Kaikki leiketarrat, joita ei ole viela tulostettu) ja napsauta
sitten Print (Tulosta).

Tarrat tulostetaan.
3. Varmista, etta leikkeen himmea pinta (johon tarra kiinnitetdan) on kuiva, ja kiinnita tarra paikalleen

siten, etta leikkeen tunnus tai viivakoodi on samassa suunnassa leikkeen reunan kanssa. Tarran tulee
olla oikein pdin, kun leikettd pidelldan tarrapuoli ylhaalla.

000055

01278 CPVARHERE

v

Figure 4-4: Oikein kiinnitetty tarra

Lisdtietoa on kohdassa 6.6 - Leikkeiden merkitseminen.

4.1.3.5 Leikkeiden lataaminen

Lataa leikkeet seuraavasti:

1. Pitele leiketta sen tarrapaasta siten, ettd naytepuoli on ylimpana.

2. Kohdista leike leikealustan tyhjaan kohtaan siten, ettd leikkeen tarrapaa on alustan reunassa olevan
sisennyksen yll&é (katso Figure 4-5). Laske leike paikalleen alustan syvennykseen.

Figure 4-5: Leikkeen asettaminen leikealustaan
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3. Pitele Covertile-suojusta sen uloimmasta osasta ja aseta se leikkeen paalle siten, etta Covertile-
suojuksen kaulassa oleva uloke asettuu leikealustan syvennykseen (ympyroity Figure 4-6). Jos
kaytossa on uuden mallinen Covertile-suojus, tarkista, etta siihen painettu sana "Leica” ndytetaan
oikein pain. Tama osoittaa, ettd Covertile-suojus on asetettu paikalleen oikein.

Figure 4-6: Covertile-suojuksen asettaminen leikkeen paalle

4. Kun kaikki leikkeet ja Covertile-suojukset on ladattu alustaan, nosta alusta ja aseta sen paa tyhjan
leikkeen varjdyskokoonpanon aukkoa vasten. Liu'uta alustaa niin pitkalle moduuliin kuin se menee.
Alustan tulisi liukua sisaén helposti ja napsahtaa kuultavasti paikalleen.
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4.1.4 Reagenssien lataaminen

Seuraavaksi prosessointimoduuliin asetetaan detektiojarjestelma (BOND Polymer Refine) ja markkerisailiét
(*CD5, *CD3, *CD10 ja *Bcl-6).

Reagenssisailiot voivat kallistua kuljetuksen aikana, jolloin korkin ymparille voi jadda
reagenssijaamia. Kayta aina hyvaksyttyja suojalaseja, -kasineité ja suojavaatetusta,
kun avaat reagenssisailidita.

=
(—7

k=

- -

Reagenssit ladataan BOND-III- tai BOND-MAX-prosessointimoduuliin seuraavasti:

1. Aseta markkerisdiliot reagenssialustoille kohdistamalla sailidissa olevat urat alustan lokeroiden
sisennyksiin. Paina sdiliéta alaspain, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Haluttaessa markkerisailiét voidaan asettaa detektiojarjestelman alustan varalokeroihin.

Figure 4-7: Reagenssisailid reagenssialustalla
(Nuolet osoittavat reagenssisailion urat ja reagenssialustan sisennykset)

2. Avaa kaikki markkerisdiliot ja detektiojarjestelman séiliét. Napsauta korkit auki ja veda niita
taaksepain, kunnes ne kiinnittyvat sailididen takaosassa oleviin kielekkeisiin.

3. Varmista, etta viivakooditarrat ovat kunnolla kiinni sailiissa — paina irtoavat tarrat uudelleen kiinni.
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4. Aseta reagenssialustat prosessointimoduulin reagenssilavalle. Ohjaa lavan ohjainten avulla alustat
oikeille paikoilleen lavalla.

Kun alusta saavuttaa lavan paan, lukituksen tulisi kytkeytya paalle. Alustan LED-merkkivalo muuttuu
vihredksi merkkina siita, etta alusta on paikallaan.

Nro Nimi (Kuva 4-8)
1 Alustan lukitusmekanismi

2 Prosessointimoduulin lukitusportti

Kuva 4-8: Reagenssialustan asettaminen
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5. Napsauta ohjelmistossa olevaa prosessointimoduulin valilehted, jotta ndkyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.
Reagenssisarakkeen vaalea vari ja mustat reunat osoittavat, ettd alusta kuvataan pian. BOND-
jarjestelma kuvaa reagenssien tunnukset heti, kun paarobotti on kdytettavissg, ja paivittda sitten
reagenssien kuvakkeet.

EEE——
-
*CD5 ”‘&
“C030
i1 ]
"CO10 =
=1
o
£
"KiGT -
g
S
2F
o
g
=
3

Figure 4-9: Reagenssialustan tila System status (Jarjestelman tila) -naytolla

Jos reagensseissa esiintyy ongelmia, ohjelmisto nayttaa kyseiselld naytdlla huomiokuvakkeen.
Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, niin saat lisatietoja (katso kohta
5.1.3.4 - Reagenssiongelmien korjaaminen).

Huomaathan, ettd reagenssialustat voidaan poistaa milloin tahansa, kun alustan LED-merkkivalo palaa
vihredna. Jos alustan reagenssia tarvitaan seuraavien kahden minuutin aikana, LED-merkkivalo muuttuu
punaiseksi merkkina siitd, ettd alusta on lukittu (katso kohta 2.2.6.5 - Reagenssilava).
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4.1.5 Protokollan ajo

Kun leikkeet ja reagenssit on madritetty ja ladattu prosessointimoduuliin, prosessointi voi alkaa.

1.
2.

o

o

Varmista, etta prosessointimoduulin kansi on kiinni.

Paina etusuojuksessa ladatun leikealustan alapuolella olevaa Load/Unload (Lataus/poisto) -
painiketta.

BOND-III tai BOND-MAX lukitsee alustan; leikealustan LED-merkkivalon tulisi palaa oranssina.

Varmista kuuntelemalla, etta leikealusta lukittuu paikalleen — jos kuulet voimakkaita naksahduksia tai
rutinaa, Covertiles-suojukset eivat todennakdisesti ole oikein paikoillaan. Avaa tassa tapauksessa
alustan lukitus, poista alusta ja tarkista leikkeet ja Covertiles-suojukset.

Kun padrobotti on kaytettavissa, BOND-jarjestelma kuvaa leikkeet.
Jos jotakin tarvittavista reagensseista ei ole saatavilla, ohjelmisto nayttaa huomiokuvakkeen
leikeluettelon alapuolella. Katso lisatiedot napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.

Leikkeet ovat nyt valmiita varjdysajoa varten edellyttden, ettd tunnistamattomia tai
yhteensopimattomia leikkeita ei ole. Etenemispalkki on aloitusvaiheessa (katso kohta 5.1.6.2 - Ajon
edistyminen) ja ajon tilana naytetaan Slides ready (Leikkeet valmiina) (katso kohta 5.1.6.1 - Ajon
tila).

Aloita protokollan ajo napsauttamalla EEES| (voit asettaa instrumentin aloittamaan ajon myos
my6hemmin; katso kohta 5.1.8 - Viivastetty aloitus).

Jarjestelma ajastaa ajon, etenemispalkki siirtyy prosessointivaiheeseen ja ajon tilana ndytetaan Proc
(OK) (Pros. [OK]).

Aloita kerrallaan vain yksi ajo ja odota 1-2 minuuttia ennen seuraavan ajon aloittamista. Odota hetki
kunkin ajon aloittamisen jalkeen varmistaaksesi, etta ajon aloitus onnistui. Jos se ei onnistunut, ajon
tilana ndytetaan Rejected/Slides ready (Hylatty / leikkeet valmiina). Katso kohta 5.1.6.1 - Ajon
tila.

Leikkeen vérjayskokoonpanon Load/Unload (Lataus/poisto) -painike ei vapauta leikealustaa, koska ajo on
kaynnissa.

Hylkda ajo valitsemalla System status (Jarjestelman tila) -naytolla naytetyn alustan alapuolelta [ = ]
(katso kohta 5.1.7 - Ajon aloittaminen tai pysayttdminen).
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4.1.6 Viimeistely

Kun prosessointiajo on paattynyt, prosessointimoduulin valilehden kuvake vilkkuu (katso kohta

5.1.1-

Prosessointimoduulin valilehdet). Jos ajon aikana esiintyi odottamattomia tapahtumia, teksti

ndytetdan punaisena ja alustan alapuolella ja kyseessa olevien leikkeiden yhteydessa naytetaan
varoitussymboli. Tarkista tallaisessa tapauksessa huomiokuvakkeet System status (Jarjestelman tila) -
naytolta ja nayta lisatiedot napsauttamalla kuvakkeita hiiren kakkospainikkeella. Tarkista myds Run Events
Report (Ajon tapahtumaraportti) (katso kohta 9.4 - Ajon tapahtumien raportti), jossa ndytetddan muuta
tietoa ajon aikana ilmenneista ongelmista.

Kun ajo on paattynyt:

1.

o

5.

Poista reagenssialustat.

Sulje reagenssisailio tiiviisti, jotta reagenssit eivat paase haihtumaan, ja varastoi reagenssit
valittémasti niiden merkinndissa tai reagenssin tietolomakkeessa suositellulla tavalla.

Paina Load/Unload (Lataus/poisto) -painiketta ja poista leikealustat prosessointimoduulista.

Kuuntele, kuuluuko alustan poiston aikana naksahduksia tai rutinaa. Jos kuuluu, tarkista, onko
leikkeen varjdyskokoonpanossa tai sen ymparilla rikkindisia leikkeitd. Vaarin kohdistettu leike voi
harvinaisissa tapauksissa murskautua. Jos nain kady, ota yhteys asiakastukeen.

Laske leikealusta tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Poista Covertiles-suojukset pitdmalla kiinni leikkeen
tarrasta ja painamalla Covertile-suojuksen kaulaa varovasti alaspdin, jotta Covertile-suojuksen paa
nousee irti leikkeesta.

Al liu'uta Covertile-suojusta leikkeen pintaa pitkin, silld tdmaé voi vahingoittaa kudosta ja vaikeuttaa
leikkeen tulkintaa.

Nosta Covertiles-suojukset pois leikkeistd ja puhdista ne kohdassa 12.3 - Covertiles-laatat kuvatulla
tavalla.

Poista leikkeet ja jatka niiden prosessointia laboratoriosi prosessien mukaisesti.

Mika tahansa leike voidaan haluttaessa ajaa uudelleen (katso kohta 9.3 - Leikkeen ominaisuudet ja leikkeen
ajo uudelleen).

Ensimmainen ajo BOND-jérjestelmassa on nyt suoritettu.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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5. Tilanaytot ( BOND -ohjaimessa)

Kliinisessa asiakkaassa jokaisessa prosessointimoduulissa on kaksi tilandyttoa ja huoltondytto, jotka valitaan
ikkunan vasemmassa ylareunassa olevista valilehdista, kun prosessointimoduuli on valittu
vasemmanpuoleisista valilehdista. System status (Jarjestelman tila) -ndytossa on jarjestelman ohjaus
nakymassa, jossa on osoitettu leikkeen ja reagenssin sijoittaminen moduuliin. Protocol status
(Protokollan tila) -naytto antaa tietoja protokollan edistymisesta yksittaisille leikkeille. Maintenance
(Huolto) -naytdssa on komennot useille huoltotoimenpiteille.

o 5.1 -Jarjestelman tila -nayttd
« 5.2 - Protokollan tilanayttd
« 5.3 - Huoltonayttd
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.1 Jarjestelman tila -naytto

Talla naytolla voit hallinnoida prosessointia ja siina nékyvat ladattujen leikealustojen ja reagenssien tiedot

sekd reagenssien, jatteiden ja lukitusten tila jarjestelmassa.
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Kuva 5-1: System status (Jarjestelman tila) -nayttd BOND-III-laitteessa

Tilandyttéjen vasemmalla puolella olevat prosessointimoduulin valilehdet antavat visuaalisen yhteenvedon

kyseisen prosessointimoduulin tilasta. Napsauta vélilehtea nahdaksesi prosessointimoduulin
yksityiskohtaiset tiedot.

Lisatietoja saat kohdista:

« 5.1.1 - Prosessointimoduulin valilehdet

« 5.1.2 - Laitteiston tila

« 5.1.3 - Reagenssin tila

e 5.1.4 - Leikkeen tiedot

5.1.5 - Leikkeiden tunnistus laitteessa
5.1.6 - Ajon edistymisindikaattori

5.1.7 - Ajon aloittaminen tai pysayttaminen
« 5.1.8 - Viivastetty aloitus
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5.1.1 Prosessointimoduulin valilehdet

Ohjelmisto nayttaa naytdn vasemmalla puolella valilehden kullekin prosessimoduulille (yksi paikka)
jarjestelmassa tai moduuliryhmassa, johon asiakas on yhteydessa (BOND-ADVANCE). Jos @
pystysuora tila ei riita kaikkien prosessointimoduulien ndyttamiseen, selaa ylds ja alas

nuolipainikkeiden avulla (nuoli ylés nakyy oikealla).

1125 AM

Kuva 5-2: Prosessointimoduulin valilehti (BOND-III)

Jokaisessa valilehdessa nakyy prosessointimoduulin nimi ja suorakulmaiset kuvakkeet, jotka nayttavat
moduulin leikkeen varjdyskokoonpanon tilan (katso alla). Jos haluat néhda prosessointimoduulin System
status (Jarjestelman tila) -ndytdn, napsauta vélilehtea. Prosessointimoduulin valilehden ymparilld nakyy
sininen aariviiva ja oikealle osoittava nuoli, kun se valitaan (katso ylla).

5.1.11 Leikkeen varjayskokoonpanoijen tilat

Alla on esimerkkeja leikkeen kokoonpanojen tiloista, joita saatat néhda prosessointimoduulin valilehdella.
Ennen ajon alkua:

[: Tyhja suorakulmio: ei alustaa tai ei lukittu.

E Animoidut tunnistenumerot ja kiinte&t palkit: alustaa kuvannetaan.

[T

Alustan kuvake, jossa on leikkeita: leikemerkinnat on kuvannettu ja alusta on valmis
ajoon.

Ajon aikana:

Aikanayttoé mustalla, liikkuvia pisteita vasemmalla: alustan ajo kdynnissa ilman
odottamattomia tapahtumia. Naytetty aika on alustan arvioitu valmistumisaika.
Aikanaytto punaisella, liikkuvia pisteita vasemmalla: alustan ajo kdynnissa,
odottamattomia tapahtumia on raportoitu. Naytetty aika on alustan arvioitu
valmistumisaika.

Vilkkuva aikanayttd® mustalla, staattisia pisteitd vasemmalla: ajo paattyi ilmoitettuun
aikaan ilman odottamattomia tapahtumia.

Vilkkuva aikanayttd punaisella, staattisia pisteitd vasemmalla: ajo paattyi ilmoitettuun
aikaan, odottamattomia tapahtumia on raportoitu.

Ajo hylattiin.
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.1.1.2 Prosessointimoduulin tilat

Ohjelmisto valvoo jatkuvasti jarjestelman tilaa ja voi nayttaa prosessointimoduulin vélilehdelld kuvakkeita
seuraavasti:

Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys
Ao Prosessointimoduulia ei ole Varoitus:
T kytketty.

BOND-ohjelmisto on havainnut
odottamattoman tilan.

(Vilkkuva) 0\ Halytys (vilkkuva):

Prosessointimoduulia L s e
|:| Prosessointimoduulin kayttd

alustetaan. vone one rmene b -
edellyttda kayttajan toimenpiteita.

Prosessointimoduulia Prosessointimoduulissa suoritetaan
huolletaan parhaillaan. huoltotoimenpiteita.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5.1.2 Laitteiston tila

Naytdn oikeassa alakulmassa olevat kuvakkeet nayttavat varoituksen tai halytyksen 1 , jos jossakin

BOND-jérjestelman osassa on ongelmia, tai tietokuvakkeen @ , jos jarjestelmaa varten on yleisia
ilmoituksia. Saat lisatietoja napsauttamalla kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.

Yleinen jarjestelmavika tai huoltomuistutus.

~

Tulee nakyviin, kun kansi avataan tai (vain BOND-MAX) bulkkisailion luukku
< avataan varjdysajon aikana. Nama on suljettava, jotta prosessointimoduulia
- voidaan kayttaa.

Jos varjaysajo ei ole kdynnissa, tietokuvake @ tulee nakyviin.

Reagenssi puuttuu tai sita ei ole riittavasti.

Bulkkisailion kuvakkeiden sijainnit System status (Jarjestelman tila) -naytdssa
heijastavat vastaavien bulkkisadiliokammioiden fyysista sijaintia
prosessointimoduulissa.

3
Sekoitusasemaa ei havaittu alustuksen aikana. Asema ei ehka ole paikalla tai
se saattaa olla paikalla, mutta viivakoodia ei tunnistettu.
Aseta tarvittaessa puhdas sekoitusasema laitteeseen. Napsauta kuvaketta
hiiren oikealla painikkeella ja noudata kehotteita ilmoittaaksesi jérjestelmalle,
ettd sekoitusasema on paikallaan.

Sekoitusasema on alustettaessa likainen (esim. asema oli likainen, kun
prosessointimoduuli viimeksi sammutettiin).

Varmista, etta kaytossa on puhdas sekoitusasema, napsauta sitten kuvaketta
hiiren oikealla painikkeella ja vahvista.

Sekoitusaseman puhdistus epaonnistui.

Voit mahdollisesti kuitenkin jatkaa kasittelya jaljella olevia puhtaita pulloja
kayttden. Muussa tapauksessa prosessointimoduuli on kdynnistettava
uudelleen ilmoituksen poistamiseksi.

Jos ilmoitus nakyy edelleen, se voi olla merkki fluidistorijérjestelman
ongelmasta — ota yhteytta asiakastukeen.

&

Saatavilla ei ole puhtaita sekoituspulloja.

&

Odota, kunnes prosessointimoduuli on puhdistanut joitakin pulloja ja jatka
sitten tavalliseen tapaan.

Jos pulloja ei puhdisteta, prosessointimoduuli on ehka kdynnistettava
uudelleen. Jos ilmoitus nakyy edelleen, se voi olla merkki
fluidistorijarjestelman ongelmasta — ota yhteytta asiakastukeen.
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

6 Voit tarvittaessa puhdistaa sekoitusaseman manuaalisesti. Ks. 12.7 - Pesublokki ja sekoitusasema.

5.1.2.1 Kuumentimen virheet

Kutakin BOND-III- ja BOND-MAX-jarjestelman leikkeiden kuumenninta valvotaan erikseen ja ne merkitaan
viallisiksi, jos ilmenee lampétilavirhe (ks. Kuva 5-3). Ota yhteys asiakastukeen, jos saat ilmoituksen
viallisesta kuumentimesta.

o
€a

Kuva 5-3: Yksittdisen kuumentimen virhe

Al yritd ajoa kuumentamista vaativalla leikkeelld vialliseksi merkityssa sijainnissa. Jos kuumentimessa
ilmenee toimintahairid ajon aikana, se saattaa vaarantaa kyseisessa sijainnissa olevan leikkeen. Jos
kuumentimen toimintahairi on turvallisuusriski, se voi sammuttaa kaikki leikkeiden kuumennukset
prosessointimoduulissa (ks. Kuva 5-4).

S 2
S —
S —

Kuva 5-4: Kussakin sijainnissa olevat harmaat kuumenninsymbolit ilmoittavat, etta kaikki kuumentimet ovat
poissa paalta

Kun leikkeen kuumennus on sammutettu, sammuta prosessointimoduuli ja kdynnista se uudelleen
kuumentimen lukituksen vapauttamiseksi. Voit jatkaa leikeasemien kaytt6a viallisilla kuumentimilla
edellyttden, ettd niissa prosessoitavat leikkeet eivat vaadi kuumentamista.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5.1.2.2 Lampétilaindikaattori

Kun leikkeen varjayskokoonpanon lampdtila on korkeampi kuin vallitseva lampétila, lampétilaindikaattori
ilmestyy nakyviin System status (Jarjestelman tila) -naytdn alaosaan.

Nayton alaosassa nakyva lampdtilaindikaattori osoittaa, etta leikkeen varjayskokoonpano on joko lammin tai
kuuma.

Kuva 5-5: Lampétila-indikaattori — Idmmin (vasen) ja kuuma
(oikea)

Leikealustojen reunojen vari System status (Jarjestelman tila) -ndytéssa muuttuu myds lampétilan
merkiksi: sininen, kun alusta on ympariston lampétilassa, oranssi, kun se on lammin ja punainen, kun se on
kuuma.

00000410 _ 00000404
-} 11°C - 99°C

lNeg

Kuva 5-6: Leikealustan lampédtilaindikaattorin reuna: Idmmin (vasen) ja kuuma (oikea)

voivat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Odota
kaksikymmenta minuuttia toimenpiteen paattymisen jélkeen, jotta leikkeen
varjayskokoonpanot ja niitd ymparoéivat alueet ehtivat jadhtya.

i E VAROITUS: Vélta koskettamasta leikkeiden varjayskokoonpanoja ja niiden ymparistéa. Ne
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.1.3

Reagenssin tila

System status (Jarjestelman tila) -ndyton oikealla puolella ndkyy havaittujen reagenssien tila. Alla
olevissa osioissa kuvataan kaytetyt kuvakkeet ja kuinka joitakin naytélla nékyvia reagenssiongelmia voi

korjata.

« 5.1.3.1 - Reagenssijdrjestelmat

« 5.1.3.2 - Reagenssisailiot

« 5.1.3.3 - Reagenssitasot

« 5.1.3.4 - Reagenssiongelmien korjaaminen

« 5.1.3.5 - Havaitsemattomien reagenssien korjaaminen

» 5.1.3.6 - Bulkkisailion tila

5.1.3.1

Reagenssijarjestelmat

BOND-detektiojarjestelma tai
Bond Polymer Refine Detection Leican teranostinen
jarjestelma

BondAspirating Probe
Cleaning System

BOND-puhdistusjarjestelma

5.1.3.2

Reagenssisailiot

6 Reagenssisailion kuvakkeissa on asteriski (*) ennen BOND-reagenssien nimia.

*CD10

*KAPPADD

CD5

EEER

Kayttdvalmis BOND-primaarivasta-aine

N&iden reagenssien tiedot siirtyvat automaattisesti BOND-ohjelmistoon niiden
rekisterdimisen yhteydessa. Reagenssin lyhennetty nimi ndytetaan.

Kayttévalmis BOND-ISH-anturi.

Naiden reagenssien tiedot siirtyvat automaattisesti BOND-ohjelmistoon niiden
rekisterdimisen yhteydessa. Reagenssin lyhennetty nimi ndytetaan.

Kayttajan toimittama primaarivasta-aine avoimessa BOND-sailidssa tai
titraussailidssa.

Naiden reagenssien tiedot on annettava manuaalisesti Reagent setup
(Reagenssin asetus) -ndytdssa ennen rekisterdintid, jolloin tarvitaan
eranumero ja viimeinen voimassaolopaiva. Reagenssin lyhennetty nimi naytetaan.

Kayttdjan toimittama ISH-anturi avoimessa BOND-s4ilidssa tai titraussailiossa.

Naiden reagenssien tiedot on annettava manuaalisesti Reagent setup
(Reagenssin asetus) -ndytdssa ennen rekisterdintid, jolloin tarvitaan
eranumero ja viimeinen voimassaolopaiva. Reagenssin lyhennetty nimi naytetaan.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

*aniBIOTIN

"Enzynmeal

YaH2O

Kayttévalmiit BOND-apuvalineet.

Naiden reagenssien tiedot siirtyvat automaattisesti BOND-ohjelmistoon niiden
rekisterdimisen yhteydessa. Reagenssin lyhennetty nimi ndytetdan.

BOND-entsyymi avoimessa BOND-sdilidssa tai titraussailiossa.

BOND-entsyymien on oltava kayttdjan valmistamia ja ne tulee asettaa avoimiin
sailibihin, mutta reagenssin asetustiedot on maaritelty ennakkoon BOND-
ohjelmistossa. Rekisterditaessa tarvitaan vain erdnumero ja viimeinen
kayttopaiva.

Kayttajan toimittama lisdreagenssi avoimessa BOND-sailidssa tai titraussailiossa.
Naiden reagenssien tiedot on annettava manuaalisesti Reagent setup

(Reagenssin asetus) -naytdssa ennen rekisterdintia, jolloin tarvitaan
eranumero ja viimeinen voimassaolopdiva. Reagenssin lyhennetty nimi ndytetaan.

Ohjelmisto ei havainnut reagenssia téssa paikassa.

Jos reagenssi on olemassa, ks. 5.1.3.5 - Havaitsemattomien reagenssien
korjaaminen lisgtietoja ongelman korjaamisesta. Jos kuvantajassa ilmenee usein
ongelmia tunnisteiden kuvantamisessa, puhdista tunnisteiden kuvantajan ikkuna
(ks.12.9 - Tunnisteen kuvantaja).

BOND-ohjelmisto havaitsi ongelman tdssa reagenssissa. Napsauta
ilmoitussymbolia hiiren oikealla painikkeella saadaksesi lisdtietoja.

On mahdollista, etta BOND-ohjelmisto ei tunnista reagenssia. Kayta siina
tapauksessa kasikayttdista skanneria, skannaa reagenssi ja lisda se luetteloon. Jos
tunniste on vahingoittunut, sy6ta se manuaalisesti. Ks. lisatietoja kohdasta

8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisterdiminen.

BOND-ohjelmisto havaitsi ongelman tassa reagenssissa tai
reagenssijarjestelmdssa. Napsauta ilmoitussymbolia hiiren oikealla painikkeella
saadaksesi lisatietoja.
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.1.3.3 Reagenssitasot

Reagenssijarjestelmien kuvakkeet osoittavat vain kolme madran tasoa System status (Jarjestelman
tila) -ndytossa:

Bond Polymer Refine Detection

Taydesta noin 20 %
tayteen

Bond Polymer Refine Detection

Vahissa (noin 20 % jaljella
| - lahes tyhja)

o

Bond Palymer Refine Delection Ttha

Kayttévalmiit reagenssit- ja avoin sailié -kuvakkeet osoittavat reagenssitasot tarkemmin.

*CD10 *CD1D "CO10 *CD10 :
Bt 010

Kuva 5-7: Esimerkkeja kayttdvalmiista reagenssitasoista System status (Jarjestelman tila) -ndytossa

Jos haluat tarkastella tarkempia reagenssien tai reagenssijarjestelman luettelotietoja, napsauta kuvaketta
hiiren oikealla painikkeella ja valitse Inventory (Luettelo)... ponnahdusvalikosta. Reagent inventory
details (Reagenssien luettelon tiedot) -naytto tulee nakyviin. Ks. 8.3.2 - Reagenssin tai
reagenssijarjestelman tiedot.

5.1.34 Reagenssiongelmien korjaaminen

Jos BOND-ohjelmisto havaitsee ennen ajon alkamista ongelman reagenssissa, jota tarvitaan prosessointiin,
ohjelmisto nayttad huomiokuvakkeen reagenssisailion kuvassa leikealustan alapuolella System status
(Jarjestelman tila) -naytdssa. Jos ongelma ilmenee ajon aikana, huomiokuvake nékyy
reagenssilaitteiston tilan kuvakkeen paalla, kuten edella olevassa kohdassa on kuvattu. Jos haluat lisatietoja
ongelmasta, napsauta huomiokuvaketta hiiren oikealla painikkeella.

Jos sinun taytyy vaihtaa reagenssi tai lisdta sitd, poista ongelman aiheuttaneen reagenssin alusta, vaihda tai
lisda vaadittua reagenssia alustaan ja lataa sitten alusta uudelleen.

Huomaa, ettd jos prosessointi on jo kdynnissa ja tietylla alustalla olevaa reagenssia tarvitaan 2 minuutin
kuluessa, et voi poistaa kyseista alustaa ilman ajo keskeyttamista. Téman merkkina kyseisen
reagenssialustan merkkivalo palaa punaisena.

92 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5.1.3.5 Havaitsemattomien reagenssien korjaaminen

Jos reagenssia ei havaita, toimi seuraavasti:
1. Tarkista, etta:

« Reagenssisiilio on sijoitettu oikein reagenssialustaan
« Reagenssisailion korkki on auki ja kiinnitetty sailion takaosaan
« Sailién ylaetureunassa on vahingoittumaton reagenssin viivakooditunniste.

2. Tarkista, ettd reagenssi on rekisterdity luetteloon.

« Jos reagenssia ei ole rekisteroity, rekisterdi se siten kuin on kuvattu kohdassa
8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisteréiminen

3. Tassa vaiheessa voit joko:

i. poistaa reagenssialustan (tee sitten huomautus kyseisen reagenssin ainutkertaisesta
pakkaustunnisteesta (UPI)) ja asettaa sen uudelleen, jotta jarjestelma tunnistaa
reagenssialustan jalleen automaattisesti, tai

ii. josreagenssialustan sijoittaminen uudelleen paikalleen ei ole toimiva ratkaisu, voit tunnistaa
reagenssin manuaalisesti napsauttamalla sdilién kuvaketta hiiren oikealla painikkeella.
System status (Jarjestelman tila) -ndytdssa ja napsauttamalla alavalikosta Select
(Valitse) .... Syota ylla kirjaamasi reagenssin UPI-tunnus ja napsauta OK.

El
Symboli iv) ilmestyy kuvaan manuaalisesti tunnistetun reagenssin tunnistamiseksi, ks. Kuva 5-8
alla. Symboli (ja manuaalisesti tunnistettu reagenssi) poistetaan, jos reagenssialusta poistetaan.

o]

*CD20

Kuva 5-8: Manuaalisesti sy6tetty reagenssi

5.1.3.6 Bulkkisailion tila

Alhaalla oikealla System status (Jarjestelman tila) -nayttssa on bulkkijatteen ja reagenssisailididen
kuvakkeet. Jokainen sailid on merkitty ja vérit vastaavat asennettuja sailidita. Bulkkisailion kuvakkeiden
sijainnit System status (Jarjestelman tila) -naytdssa heijastavat vastaavien bulkkisailiskammioiden fyysista
sijaintia prosessointimoduulissa.

Ks. kohdasta 2.2.7 - Bulkkisailididen kammio kunkin prosessointimoduulityypin todellinen sailiiden
kokoonpano.

o] [

"ER1  "ER2
*Dewax D *BWash *Alcohol *BlkWast *BlkWast *HazWast

Kuva 5-9: Bulkkisailiét (BOND-III-kokoonpano)
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

D[BU@DDD 5

"HarWast "ER1 "ER2 "Dewax "D ‘B\Wazh “Alcohol "BlkWas!

Kuva 5-10: Bulkkisailiot (BOND-MAX-kokoonpano)
Oikeanpuoleisin kuvake esittaa ulkoista jatesailiota

Alla on kuvattu kunkin edelld mainitun bulkkis&ilion sisallot.

Bulkkisailion merkinta Bulkkisailion sisalto
*Dewax BOND Dewax Solution -parafiinin poistoliuos
*DI Deionisoitu vesi
*BWash BOND Wash Solution -pesuliuos
*Alkoholi Alkoholi (reagenssilaatu*)
*BlkWast Bulkkijate
*HazWast Vaarallinen jate
*ER1 BONDBOND Epitope Retrieval Solution 1 (epitoopin
talteenottoliuos 1)
*ER2 BONDBOND Epitope Retrieval Solution 2 (epitoopin
talteenottoliuos 2)

BOND-III

Ohjelmisto nayttaa BOND-III-bulkkireagenssisailiiden ja jatesailididen nestetasot. Jos reagenssimadra on
alhainen tai jatemadrat ovat korkeat, nakyviin tulee ilmoitus, halytys (vilkkuva) tai varoituskuvake, riippuen
ongelman vakavuudesta. Napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, jotta naet viestin sisallon ja voit
ryhtya tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi — ks. 12.2.2 - Bulkkisailididen tayttd tai

tyhjentaminen.

Huomautus: Jos varoitussymboli tulee nakyviin, prosessointi keskeytetdgan kunnes ongelma on korjattu.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

BOND-III kayttaa seuraavien kuvien yhdistelmia ilmoittamaan bulkkisailididen tiloista:

Bulkkisailiot Merkitys

Sailié on taynna.

Sailié on yli 1/2 taynna.

Sailié on alle 1/2 téaynna.

Sailié on lahes tyhja tai tyhja.

Ch (| | =N

U‘ Tulee nakyviin, jos seuraava tapahtuu:

« jatesailié on ldhes tdynna ja on tyhjennettdva valittémasti
« reagenssi on vahissa ja se on taytettdva valittomasti

« Sailid puuttuu

o riittdmatén maara ajon aloittamiseksi

Ks. 12.2.2 - Bulkkisdilididen taytt6 tai tyhjentdminen

Tulee nakyviin, jos ajo on keskeytetty, koska jokin seuraavista tapahtuu:

tai « jatesailié on tdynna ja se on tyhjennettava kiireellisesti (varoitus)
_q « reagenssi on vahissa ja se on taytettava kiireellisesti (varoitus)
« sailio puuttuu ja sita tarvitaan prosessointiin (halytys)

Ks. 12.2.2 - Bulkkisdilididen taytto tai tyhjentédminen

ﬁ Bulkkisailion tila System Status (Jarjestelman tila) -ndaytdssa on synkronoitu valaistusjarjestelman
kanssa, kuten on kuvattu Bulkkisdilididen valaistusjarjestelma (BOND-III) sivulla 33.

BOND-MAX

Ohjelmisto nayttaa huomiokuvakkeen (kuten edelld) bulkkisailion ylapuolella, kun se havaitsee ongelman
(esimerkiksi reagenssisdilion madra on alhainen tai jatesailiossa oleva maara on suuri). Napsauta
ilmoituskuvaketta hiiren oikealla painikkeella saadaksesi lisatietoja.
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5.1.4 Leikkeen tiedot

Alla olevissa osioissa kuvataan leikkeiden tietojen esittamiseen kaytetyt kuvakkeet System status
(Jarjestelman tila) -naytossa. Niissa kuvataan myos leikkeiden ponnahdusvalikon vaihtoehdot.

« 5.1.4.1 - Leikkeen kuvakkeet

« 5.1.4.2 - Slide Tray (Leikealusta) -ponnahdusvalikko

« 5.1.4.3 - Leikkeiden tapahtumailmoitukset

« 5.1.4.4 - Yhteensopimattomien leikkeen asetusten korjaaminen

5.1.4.1 Leikkeen kuvakkeet

System status (Jarjestelman tila) -naytdssa nakyy kunkin kolmen leikealustan graafinen esitys
jokaisen leikkeen kuvakkeella. Leikkeiden kuvakkeet osoittavat kunkin leikkeen tilan.

Jarjestelma voidaan maarittaa kayttdmaan aakkosnumeeristen leikemerkintdjen tai viivakoodien optista
merkintunnistusta (OCR). Kummassakin tapauksessa leikkeiden kuvakkeet voidaan valinnaisesti maarittaa
sisaltamaan kaapatut kuvat leikemerkinndista. Ota yhteytta asiakastukeen, jos haluat muuttaa olemassa
olevia asetuksia.

Seuraavissa taulukoissa on esimerkkeja leikkeiden kuvakkeista.

Leikkeiden kuvakkeet OCR-merkinnoille

Kuvannettu ja automaattisesti tunnistettu leike (ks.

00000009 . o )
5.1.5.1 - Automaattinen leikkeiden tunnistus)

*CD10

- Leike kuvannettu, mutta jarjestelma ei pysty tunnistamaan
sita (kuvake nayttaa merkintaalueen kuvan)

iy
Miﬁmdd (-)‘

Deanna...

Leike kuvannettu ja tunnistettu manuaalisesti — huomaa

00000007
:o“‘ = leikkeen symboli (ympyroity punaisella) (ks.
*CD10 I __"‘__I 5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen tunnistus laitteessa)
00000009 B Leike ei ole yhteensopiva yhden tai useamman alustalla
olevan leikkeen kanssa (ks. 5.1.4.4 - Yhteensopimattomien
*CD10 leikkeen asetusten korjaaminen)

n Ei leiketta tassa paikassa

Leikkeen prosessointi tapahtumailmoituksella
(ks. 5.1.4.3 - Leikkeiden tapahtumailmoitukset).

00000009

*CD10
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

Leikkeiden kuvakkeet viivakoodimerkinnoille

Ei leiketta tassa paikassa, tai leike kuvannettu, mutta
jarjestelma ei pysty tunnistamaan sita

ooooooo4

"Neg =]

Kuvannettu ja automaattisesti tunnistettu leike (ks.
5.1.5.1 - Automaattinen leikkeiden tunnistus)

00000007 ,—,
Fa \

Leike kuvannettu ja tunnistettu manuaalisesti —huomaa

.hu" leikkeen symboli (ympyrdity punaisella) (ks.
‘010 — I - I 5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen tunnistus laitteessa)
00000004 A Leike ei ole yhteensopiva yhden tai useamman alustalla
_— olevan leikkeen kanssa (ks. 5.1.4.4 - Yhteensopimattomien
*Neg I “_:_ ] leikkeen asetusten korjaaminen)
00000003 Leikkeen prosessointi tapahtumailmoituksella
.'Q'm (ks. 5.1.4.3 - Leikkeiden tapahtumailmoitukset).
"Neg "]

Kaksoisnapsauta leikkeitd, jotka BOND-jarjestelma on tunnistanut ja avaa niille Slide properties
(Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkuna. Jos ajoa ei ole alustettu, voit muokata leikkeen tietoja
valintaikkunassa, mutta sen jalkeen sinun taytyy tulostaa uusi merkinta leikkeelle, poistaa alusta laitteesta ja
asettaa uusi merkinta paikalleen ja ladata alusta sitten uudelleen.

5.1.4.2 Slide Tray (Leikealusta) -ponnahdusvalikko

Napsauta leikkeité hiiren oikealla painikkeella leikealustan kuvaajassa System status (Jarjestelman
tila) -naytdssa ja naet leiketta tai alustaa koskevat vaihtoehdot.

Komento

Kuvaus

Valitse manuaalisesti...

Kaytossa, jos leikettd ei tunnistettu automaattisesti.

Valitse, jos haluat avata Slide identification (Leikkeen tunnistus) -
valintaikkunan, jonka avulla voit tunnistaa leikkeen jarjestelmaan
maaritetyn leikkeen perusteella (ks. lisdtietoja kohdasta

5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen tunnistus laitteessa).

Taman vaihtoehdon voi valita my6s kaksoisnapsauttamalla
tunnistamatonta leiketta.

Huomioviesti... Katso huomioviesti, jos leikkeessa nakyy tapahtumailmoitus (ks.
5.1.4.3 - Leikkeiden tapahtumailmoitukset).
Ajon tapahtumat Luo ajon tapahtumien raportti (ks. 9.4 - Ajon tapahtumien raportti).

Viivastetty aloitus

Aseta ajolle viivastetty aloitus (ks. 5.1.8 - Viivastetty aloitus).
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5.1.4.3 Leikkeiden tapahtumailmoitukset

00000009 a
\0 oy 1o

*CD10

Kuva 5-11: Leike tapahtumailmoituksella

Kun prosessoinnin aikana ilmenee odottamaton tapahtuma, leikkeen kuvakkeeseen ilmestyy
varoitussymboli. Tama ilmoitus ei valttamatta merkitse, etta varjays olisi milldan tavalla epatyydyttava. Kun
ilmoitussymboli tulee nakyviin, jarjestelman kayttajan tai laboratorion valvojan on suoritettava seuraavat
lisdvaiheet varmistaakseen, etté leike soveltuu diagnostiseen kayttéon.

1. Napsauta leiketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Run events (Ajotapahtumat) ajon
tapahtumien raportin luomiseksi (ks. 9.4 - Ajon tapahtumien raportti).
Kaikki ilmoituksen aiheuttaneet tapahtumat naytetaén lihavoituna tekstind. Jarjestelman kayttajan
tai laboratorion valvojan on tarkasteltava huolella luetellut ilmoitustapahtumat, silla ne antavat
tarkeita tietoja leikkeen ilmoitustapahtumien luonteesta.

2. Tarkasta varjatty kudos huolellisesti.
3. Tarkasta kaikki kontrollileikkeet huolellisesti.

Jos laboratorio ei pysty vahvistamaan varjayksen laatua, asiasta tulee ilmoittaa joko patologille tai testi tulee
suorittaa uudelleen.

Yhdessa ajon tapahtumien raportissa voi olla useita ilmoituksia. Jos ajo on valmis ja sen tila on Done
(notification) (Valmis (ilmoitus)), tarkasta raportti. Jos tila on Done (Valmis) (OK), raporttia ei
tarvitse tarkastaa.

5.14.4 Yhteensopimattomien leikkeen asetusten korjaaminen

Jos BOND-jarjestelma havaitsee yhteensopimattoman leikkeen, se merkitsee kaikkien alustan leikkeiden
oikeaan ylakulmaan lihavoidun punaisen kirjaimen. Samalla kirjaimella merkityt leikkeet ovat yhteensopivia.

000A P

*CD10
00000008 B

*Ki67

Kuva 5-12: Yhteensopimattomat leikkeet

Poista leikealusta ja poista yhteensopimattomat leikkeet alustalta tai muuta leikkeen ominaisuuksia (jos
niissa on virheita), jotta leikkeista tulee yhteensopivia. Jos muutat leikkeiden ominaisuuksia, sinun on
tulostettava uudelleen muutettujen leikkeiden merkinnat ja kiinnitettava ne leikkeisiin ennen kuin lataat
alustan uudelleen.

Ks. kohdasta 6.9 - Leikkeiden yhteensopivuus lisdtietoja leikkeiden yhteensopivuudesta.
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5.1.5 Leikkeiden tunnistus laitteessa

Kaikkein yleisimmassa tyonkulussa leikkeet, joissa on merkinnat BOND-jarjestelmasta tai LIS-jarjestelmasta
on ladattu prosessointimoduuliin ja sen jalkeen tunnistettu automaattisesti. Tunnistus tapahtuu joko
lukemalla viivakoodit merkinndista tai, mikali kdytdssa on aakkosnumeeriset tunnisteet, kayttamalla optista
merkintunnistusta (OCR). Jos merkinta on tahraantunut tai sita ei voida lukea jostakin muusta syysta, voit
tunnistaa sen manuaalisesti BOND-ohjelmistossa. Joissakin tydnkuluissa kaytetdan rutiininomaisesti
manuaalista tunnistamista (ks. 6.8 - Ennalta maarittamattdmien leikkeiden ja tapausten luominen).

5.1.5.1 Automaattinen leikkeiden tunnistus

BOND-jarjestelma pystyy tunnistamaan automaattisesti standardin BOND-viivakoodin tai aakkosnumeeriset
leikemerkinnat, jotka on luotu kdyttden BOND-merkintdlaitetta (kuvattu kohdassa 6.6 - Leikkeiden
merkitseminen) ja LIS-tulostetut leikkeet, jotka kayttévat tunnistettavaa viivakoodiformaattia (ks.

11.3 - LIS-yhteys ja alustaminen). Kun leikealusta on lukittu, jarjestelma yrittda tunnistaa kunkin leikkeen
merkinnan ja yhdistaa sen leikkeeseen, jolle merkinta on tulostettu. Kun jarjestelma onnistuu yhdistamaan
merkinnan tulostettuun leikkeeseen, leike tunnistetaan automaattisesti eika lisatoimenpiteita tarvita.

Jos jarjestelma kayttda OCR-protokollaa (tai jos Leica Biosystems -huoltoedustaja on muuttanut
oletusarvoiset viivakoodiasetukset), se ottaa kuvan jokaisesta merkinnasta leikkeiden tunnistamisprosessin
aikana. Nama kuvat nakyvat seuraavissa raporteissa, joista saadaan pysyva tietue leikkeen vastaavuudesta:

« 9.4 - Ajon tapahtumien raportti
o 9.5 - Ajon tietoraportti
« 9.6 - Tapausraportti

Jos jarjestelma ei pysty tunnistamaan merkintaa, leike on tunnistettava manuaalisesti manuaalisella
leikkeen tunnistustoimenpiteella (ks. seuraava osio).

5.1.5.2 Leikkeiden manuaalinen tunnistus laitteessa

Jarjestelmissa, jotka on maaritetty ottamaan kuva kustakin leikkeen merkinnasta (OCR ja jotkut
viivakoodijarjestelmat), jos automaattinen tunnistus epaonnistuu, leikkeet voidaan tunnistaa manuaalisesti,
kun ne on ladattu prosessointimoduuliin. Kayta seuraavaa menetelmaa ladatun leikkeen tunnistamiseen
manuaalisesti.

1. Kun jarjestelma ei pysty tunnistamaan leikettd automaattisesti, ohjelmisto nayttaa kuvan
merkinnasta.

e
m&ﬁmdd (_)‘

Deamna...

Figure 5-13: Leikettd ei tunnistettu automaattisesti
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2. Avustetun tunnistamisen valintaikkuna kaynnistetdan jollakin seuraavista tavoista:

i. kaksoisnapsauta leikkeen kuvaa tai
ii. napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Select manually
(Valitse manuaalisesti).

3. Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkuna tulee nakyviin.

Il |
Canm liak Sida Slidw tray: 2
- [T ] L] L) 3
LEONE - 4528 Jotrach ] el e T i |
=
M4 IEHRes Mo Parel Barjares E
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Figure 5-14: Leikkeen tunnistamisen valintaikkuna

Vasemmanpuoleisessa ruudussa (kohta 1) luetellaan kaikki tapaukset, joiden leikkeita ei ole
prosessoitu. Oletusasetuksia kdytettaessa listalla ndkyvat vain sellaiset tapaukset, joihin kuuluville
leikkeille on tulostettu merkintdja (asetuksia muuttamalla saat nakyviin myos sellaiset tapaukset,
joiden leikkeille ei ole tulostettu merkintdja, ks. 6.8.2.2 - Ulkoisten leikkeiden merkinnat).

Leikkeiden merkinnat nykyisessa leikkeiden varjayskokoonpanossa nakyvat oikeanpuoleisessa
ruudussa (kohta 2).

Leike, joka valittiin, kun valintaikkuna avattiin, on korostettu (kohta 3) oikeanpuoleisessa ruudussa ja
ndytetdan suurennettuna. Kun pidat kohdistinta oikeassa ruudussa nakyvan leikkeen paalla, saat
kyseisen kuvan nakyviin vieldkin suurempana.

Keskimmaisessa ruudussa (kohta 4) nakyvat kaikki sellaiset vasemmassa ruudussa valittuun
tapaukseen maaritetyt leikkeet, joita ei ole viela yhdistetty prosessointimoduulilla kuvannettuihin
leikkeisiin. Oletusasetuksilla myds talla listalla ndkyvat vain sellaiset leikkeet, joille on tulostettu
merkinnat. Asetuksia muuttamalla ruutuun saa kuitenkin nakyviin myos kaikki muut tapaukseen
madritetyt leikkeet (ks. 6.8.2.2 - Ulkoisten leikkeiden merkinnat).

Tassa vaiheessa on mahdollista luoda uusia tapauksia ja leikkeita New case (Uusi tapaus)- ja
New slide (Uusi leike) -valinnoilla tarpeen vaatiessa (ks. ohjeet kohdasta 6.8 - Ennalta
maarittdmattdmien leikkeiden ja tapausten luominen). Alla olevissa ohjeissa oletetaan, etta kaikki
vaaditut leikkeet on jo maaritetty BOND-jarjestelmassa.

Kaytd oikealla olevassa merkinnan kuvassa nakyvia tietoja ja maarita tapaus, johon leike kuuluu.
Valitse tapaus tapausruudusta (kohta 1).
Leikeluettelo (kohta 4) tdytetdan kyseiselle tapaukselle maaritettavalle leikkeelle.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5. Yhdista nyt tunnistamaton leike leikeluettelon leikkeeseen (kohta 4).
Valitse leike ja napsauta Insert (Lisaa).

Leike poistetaan leikeluettelosta ja oikeanpuoleisen ruudun kuva paivittyy nayttamaan, etta leike on
[P |
tunnistettu. Symboli LQM' ilmoittaa manuaalisesti valitun leikkeen.

Jos tunnistamattomia leikkeiden merkint6ja on viela jéljella, seuraava merkintad korostetaan
tunnistettavaksi.

6. Yhdista kaikki tunnistamattomat leikkeet toistamalla edella kuvatut vaiheet.

7. Kun kaikki alustan leikkeet on tunnistettu, napsauta OK ja sulje valintaikkuna. Jos napsautat Cancel
(Peruuta), kaikki mahdollisesti tekemasi leikkeiden tunnistukset menetetaan.

8. System status (Jarjestelman tila) -naytdssa nakyvat nyt kaikki alustalla olevat leikkeet

Eadl
tietoineen. Manuaalisesti tunnistetut leikkeet sisaltavat merkinnan kuvan ja symbolin LQM', joka
osoittaa, etta leike valittiin manuaalisesti.

00000007 .
o0 |-

Figure 5-15: Manuaalisesti tunnistettu leike ennen kasittelya

9. Manuaalisesti valitut leikkeet prosessoidaan normaalisti.

Leikkeen kuva nakyy seuraavissa raporteissa, joista saadaan pysyva tietue leikkeen vastaavuudesta:
« 9.4 - Ajon tapahtumien raportti
« 9.5 - Ajon tietoraportti
o 9.6 - Tapausraportti

5.1.5.3 Jarjestelmat, joita EI ole asetettu kuvantamaan jokaisen leikkeen merkintaa

Nama leikkeet voidaan viela tunnistaa manuaalisesti, mutta leikealustan poistaminen saattaa olla tarpeen.

Kirjoita muistiin leikkeen tunniste ja sen sijainnin numero (kohokuvioitu leikealustaan Covertile-laatan
varren alapuolelle) leikkeestd, jota ei tunnistettu automaattisesti.

Lataa leikealusta uudelleen ja kaksoisnapsauta vastaavaa leikkeen sijaintia (laskettuna ylhaalta alaspain
leikkeen varjayskokoonpanon ylimmasta sijainnista System status (Jarjestelman tila) -naytossa).
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5.1.6 Ajon edistymisindikaattori

Edistymisindikaattorit on sijoitettu kunkin leikealustan kuvaajan alapuolelle. Niista saa nopeasti visuaalisen
kuvan ajon tilasta ja edistymisesta.

« 5.1.6.1-Ajontila

« 5.1.6.2 - Ajon edistyminen

o 5.1.7.1 - Ajon pysayttaminen

« 5.1.8.1 - Viivastetyn aloitusajan asettaminen

5.1.6.1 Ajon tila

Nykyisen ajon numero ja tila ndytetdan jokaisen edistymisindikaattorin alaosassa. Mahdolliset ajotilat ovat:

Ajon tila Kuvaus
Lukitsematon Leikealusta on lukitsematon.
Lukittu Leikealusta on lukittu, mutta aloittaminen ei ole vield mahdollista. Téma tila

ilmenee yleensa ennen leikkeen kuvantamista.

Leikkeet valmiina Kaikki varjayskokoonpanossa olevat leikkeet on kuvattu.

Aloitus Kaynnistyspainiketta on painettu ja jarjestelma suorittaa kdynnistamista
edeltavia tarkistuksia ja aikataulutusta.

Hylatty/Leikkeet BOND-jarjestelma yritti kdynnistaa ajon, mutta epaonnistui.

valmiit Todennakodisimmat hylkdyksen syyt ovat puuttuvat reagenssit, vahaiset
bulkkireagenssien tasot tai tdydet jatesailiot. Luo ajon tapahtumien raportti,
ratkaise mahdolliset ongelmat ja kdynnista ajo uudelleen.

Aikataulutettu Ajo on aikataulutettu, mutta kasittelya ei ole aloitettu. Ajon
edistymisindikaattori osoittaa aikataulun mukaisen kaynnistysajan.
Pros (OK) Ajo on kdynnissa, odottamattomia tapahtumia ei ole ilmennyt.
Pros (ilmoitus) Ajo on kdynnissa, odottamattomia tapahtumia on ilmennyt.
Katso lisatietoja ajon tapahtumien raportista.
Hylkaaminen Ajo hylataan. Tama tapahtuu, kun kayttaja painaa pysaytyspainiketta.
Valmis (OK) Prosessointi on suoritettu, odottamattomia tapahtumia ei ole ilmennyt.
Valmis (ilmoitus) Prosessointi on suoritettu, odottamattomia tapahtumia on ilmennyt.

Katso lisdtietoja ajon tapahtumien raportista.

5.1.6.2 Ajon edistyminen

Kunkin leikealustan alapuolella oleva edistymispalkki antaa visuaalisen ndkyman ajon edistymisesta.
Edistymispalkki nayttaa kriittiset ajat, senhetkisen edistymisen kriittisiin aikoihin nahden ja siina kaytetaan
seuraavia vareja, jotka edustavat neljda ajon edistymisen vaihetta:

« Sininen — leikealusta on lukittu, prosessointi ei ole alkanut

« Punainen - prosessointi ei ole alkanut ja aloitusajan raja on ylitetty

« Vihred — prosessointi kdynnissa

« Violetti — ajo on suoritettu ja sitd hydratoidaan.
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Voit pysayttaa hiiren kohdistimen ajon edistymisosioon nayttaaksesi ajon tilan, kuten “Time since locked”
(Aika lukitsemisesta), “Time to completion” (Aika loppuun) ja “Time since completion” (Aika paattymisesta)
Kuva 5-16.

9:09 AM
-
- ]
ke
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Done tnnﬁﬁnﬁm]

Time since completion: 22:23

Kuva 5-16: Run status (Ajon tila) -nayttd
Leikkeet valmiit — kdynnistaminen

Kun leikkeet on kuvannettu ja ajo on valmis kaynnistymaan, ja hetken aikaa kaynnistyspainikkeen
painamisen tai viivastetyn aloituksen jalkeen, palkki ndyttaa seuraavat tiedot (ks. numeroidut tiedot Kuva
5-17).

1 8:50 AM 4
2 T —— 5
3 9:50 AM

Run 88: Slides ready 6

Kuva 5-17: Ajon edistyminen (kdynnistys)

Nro Kuvaus

1 | Aika, jolloin alusta lukittiin

2 | Hyvaksyttava aloitusjakso (sininen palkki) (ks. Hyvédksyttdva aloitusjakso ja halytys sivulla
103)

Hyvaksyttavan kaynnistyksen aikaraja

Nykyinen edistyminen

Alkamisajan ylityksen jakso (punainen palkki)
Ajon tila (ks. 5.1.6.1 - Ajon tila)

(o) T [ O 2 B I SN R OV

Hyvaksyttdva aloitusjakso ja hdlytys

Aloita kasittely aina mahdollisimman pian, kun leikkeiden alustat on lukittu. Leikkeitd ei hydratoida
"aloitusjakson” aikana (alustan lukitsemisen ja prosessoinnin aloittamisen valilld), joten jos tama jakso on
liian pitkd, kudos voi vaurioitua. BOND-ohjelmisto auttaa tarkkailemaan tatd seuraamalla alustan
lukitsemisesta kuluvaa aikaa ja nayttamalla hyvaksyttavan aloituksen enimmaisjakson ladatulle leiketyypille
(valettu tai ei valettu). Hyvaksyttavat kdynnistysajat nakyvat visuaalisesti sinisena palkkina “Leikkeet
valmiit” -edistymispalkissa (katso edelld). Kun kyseessa ovat leikkeet, joista parafiini on poistettu, jos
prosessointi ei ole alkanut jonkin aikaa hyvaksyttavan kaynnistysajan jalkeen, tapahtuu halytys.
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Aloitusjaksot ja halytysaika leikkeille, joista parafiini on poistettu, on esitetty alla. Kaikki ajat on mitattu
alustojen lukitsemisesta:

Hyvdksyttdva aloitusjakso tai halytys Aika (min) alustan lukitsemisesta
Hyvaksyttdva aloitusjakso leikkeille, joista parafiini | 15
on poistettu
Aika halytykseen leikkeilla, joista parafiini on 25
poistettu
Hyvaksyttdva aloitusjakso valetuille leikkeille 60

Jos kasittely ei ole alkanut aloitusjakson kuluessa, voit poistaa alustat leikkeiden hydratoimiseksi
manuaalisesti. Kun asetat alustan uudelleen, BOND-ohjelmisto kdynnistaa uuden ajon, maarittaa uuden
ajon tunnisteen ja kaynnistaa jakson laskurin uudelleen.

Hyvaksyttavien kdynnistysjaksojen rajoja sovelletaan vain valittémasti alkaviin ajoihin; ne eivat pade
viivastettyihin kdynnistyksiin.

Aikataulutettu

Kun ajo on kaynnistetty kaynnistyspainikkeella tai viivastetylla kaynnistykselld, se aikataulutetaan
jarjestelmassa. Aikataulutuksen ja kasittelyn alkamisen valisena aikana — joka voi olla pitka viivastyneen
kaynnistyksen tapauksessa — edistymispalkki ndyttaa seuraavat tiedot (ks. tietojen numerot Kuva 5-18).

1 8:48 AM

IT +EE
3 10:36 AM
Run 85: Scheduled

~l O

Kuva 5-18: Ajon edistyminen (kdynnistyminen, viivastetty kdynnistys)

Nro Kuvaus

Aika, jolloin ajo on aikataulutettu alkamaan

Viive ennen kdynnistysta (sininen palkki)

Prosessointijakso (vihrea palkki)

Nykyinen edistyminen

Prosessoinnin jalkeinen hydratointijakso (violetti palkki)

Ajon arvioitu paattymisaika
Ajon tila (ks. 5.1.6.1 - Ajon tila)

N(fojun|hph|[W[N]|H
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

Prosessoinnin aikana

Prosessointivaiheen aikana palkki ndyttaa seuraavat tiedot (ks. tietojen numerot Kuva 5-19).

1 8:53 AM

= -
3 10:40 AM
Run 86: Proc(OK)

Kuva 5-19: Ajon edistyminen (prosessointi)

4

Nro

Kuvaus

Aikataulun mukainen kaynnistysaika

Kaynnistysjakso — sininen: aloitus OK, punainen: aloitusraja ylitetty

Prosessointijakso (vihrea palkki)

Nykyinen edistyminen

Prosessoinnin jalkeinen hydratointijakso (violetti palkki)

Ajon arvioitu paattymisaika

N(fojun| W[N] =

Ajon tila (ks. 5.1.6.1 - Ajon tila)
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.1.7 Ajon aloittaminen tai pysayttaminen

Ajo aloitetaan lataamalla ja lukitsemalla leikealusta. Alusta kuvannetaan ja jarjestelma tarkistaa seuraavat
seikat varmistaakseen, ettd ajo voidaan suorittaa:

« kaikki leikkeet ovat yhteensopivia
« kaikki reagenssit ovat saatavilla.

Kun leikkeet on kuvannettu, ajon tilaksi asetetaan Slides ready (Leikkeet valmiina) (ks. 5.1.6.1 - Ajon
tila) ja edistymispalkki ilmestyy nékyviin aloitusvaiheessa (ks. 5.1.6.2 - Ajon edistyminen). Kun kaikki
leikkeiden yhteensopimattomuudet on ratkaistu, kaikki leikkeet on tunnistettu ja tarkistukset suoritettu sen
varmistamiseksi, etta kaikki tarvittavat reagenssit ovat kaytettdvissa, ajo voidaan kaynnistaa.

« Aloita ajo mahdollisimman pian napsauttamalla B . Jos haluat aloittaa ajon myéhemmin,
napsauta alustaa ja valitse Delayed start (Viivastetty aloitus) ponnahdusvalikosta; ks.
lisdohjeita kohdasta 5.1.8 - Viivastetty aloitus

1. Ajon tila asetetaan tilaan Starting (Aloitus), kun ajoa edeltavat tarkistukset ja aikataulutus
on suoritettu.

Edistymispalkki pysyy aloitusvaiheessa.

2. Kun aikataulutus on valmis, tilaksi muuttuu Scheduled (Aikataulutettu).

Edistymispalkki nakyy nyt prosessointivaiheessa. Aikataulun mukainen kaynnistysaika
naytetaan ja kaynnistysehto (OK tai aikaraja ylitetty) nékyy palkin vasemmassa paassa.

3. Kun prosessointi alkaa aikataulun mukaisena hetkena, tilaksi muuttuu Proc (Pros) (OK).
Jos kaynnistyksen aikaraja ylitettiin, varoitus tai halytys poistuu, kun kasittely todellisuudessa
alkaa. Edistymispalkin aloitusosio pysyy kuitenkin punaisena.

4. Huomaa, etta Starting (Aloitus)- ja Scheduled (Aikataulutettu) -tilat voivat kestaa
jonkin aikaa, jolloin on mahdollista, ettd aloituksen aikaraja ylitetdan. Jos ndin todenndkoisesti
tapahtuu, voit avata leikealustan lukituksen ja hydratoida leikkeet manuaalisesti ennen
uudelleenkaynnistystd. Jos avaat alustan ennen prosessoinnin alkua, ajoa ei katsota hylatyksi
ja se voidaan kdynnistaa uudelleen.

6 Aloita vain yksi ajo kerrallaan ja odota 1-2 minuuttia ennen seuraavan ajon aloittamista. Odota hetki
jokaisen ajon kaynnistamisen jalkeen voidaksesi vahvistaa, etta se on kaynnistynyt onnistuneesti. Mikali
nain ei ole, ajon tilaksi asetetaan Rejected/Slides Ready (Hylatty/Leikkeet valmiina). Ks.
5.1.6.1 - Ajon tila.

5.1.7.1 Ajon pysayttaminen

Siitd hetkesta, kun kdynnistyspainiketta on painettu (tai viivastetty kdynnistys aktivoitu) hetkeen, jolloin
prosessointi todellisuudessa alkaa, ajo on Starting (Aloitus)- tai Scheduled (Aikataulutettu) -tilassa —
ajon prosessointi voidaan pysayttda ilman, ettd ajo taytyisi hylata. Jos haluat peruuttaa prosessointipyynnén
tassa vaiheessa, avaa prosessointimoduulin leikealusta (aloitus- ja hylkdamispainikkeet eivat ole kdytossa
kyseisena aikana). Leikkeen tiedot pysyvat jarjestelmdssa ja ajo voidaan kdynnistda haluttaessa uudelleen
my6hemmin. Hylatysta ajosta kirjoitetaan yksi rivi Slide history (Leikehistoria) -luetteloon.

Jos haluat hylata ajon prosessoinnin alettua, napsauta I . Prosessointimoduuli lopettaa ajon
suorittamisen kaynnissa olevan vaiheen loppuun suorittamisen jalkeen. Leikkeiden tila Slide history
(Leikehistoria) -ndytossa muuttuu tilaan Done (notification) (Valmis) (ilmoitus).

6 Harkitse huolellisesti ennen ajon hylkdamista — hylattyja ajoja ei voi kdynnistaa uudelleen ja kaikki leikkeet,
joiden prosessointia ei suoritettu loppuun, saattavat vaarantua.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

5.1.8 Viivastetty aloitus

Ajot, joissa kaytetaan parafiiniin valettuja leikkeita voidaan aikatauluttaa alkamaan maaritellyn ajan kuluttua
(viimeistaan viikon kuluttua ohjelmointihetkestd) BOND-jarjestelmassa. Esimerkiksi y6lla kdynnistyvat ajot
voidaan ajoittaa niin, ettd ne paattyvat hiukan ennen tydpaivan alkamista seuraavana paivana. Leikkeet
odottavat turvallisesti edelleen parafiiniin valettuina, kunnes prosessointi alkaa ja prosessoinnin jalkeinen
hydraatioaika minimoidaan.

Jotkut muut kuin Leica Biosystems -reagenssit voivat huonontua, jos niita sailytetéan pitkid aikoja
prosessointimoduuleissa odottamassa viivastettya kdynnistymista. Tarkista reagenssin kaytto- ja
varastointitiedot tuotetietolomakkeista. Kuten aina, Leica Biosystems suosittelee kontrollikudoksen
asettamista leikkeelle testikudoksen kanssa.

5.1.8.1 Viivastetyn aloitusajan asettaminen

Jos haluat suorittaa alustan ajon viivastetylla aloitusajalla, valmistele leikkeet tavalliseen tapaan ja lukitse
leikealusta. Kun ajon tila on Slides ready (Leikkeet valmiit), valitse Delayed start (Viivdstetty
aloitus) alustan ponnahdusvalikosta napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta System status
(Jarjestelman tila) -ndytossa.

Aseta paivamaara ja kellonaika, jolloin haluat aloittaa alustan kasittelyn Delayed start (Viivastetty
aloitus) -valintaikkunassa ja napsauta OK (ks. Pdivdmaaran ja kellonajan valitsimien kdyttaminen sivulla
191). Jarjestelma siirtyy Starting (Aloitus) -tilaan tavalliseen tapaan ja aikatauluttaa ajon koordinoiden
sen muiden toimintojen kanssa. Sen jalkeen alusta odottaa Scheduled (Aikataulutettu) -tilassa
aloitusaikaan saakka, jolloin normaali prosessointi alkaa.

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 107



5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.2 Protokollan tilanaytto

Tassa naytdssa esitetdan yksittaisten leikkeiden tilaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja.
Jos haluat nahda Protocol status (Protokollan tila) -nayton, siirry System status (Jarjestelman
tila) -nayttdon ja napsauta Protocol status (Protokollan tila) -vililehtea.

. Bl vy Sl wry # Run B8 Elide oy 3 Fan &0
I EN: : : 5 s Bl: s + 5/ c[7e[a | m
m Jaltha Amakd
oo Shier 000027 Sikder 0000081
Caas IOt Cass lx CHIION - EITHD Casa ik
T Tinnus bypes Tinnew tppa: Hugaira Thowan fppe: Tt
S groel: Sasiring prodoel Srsining petisiol THE Frotses! =

m ENEETTEENETECE ETEEECTTTENE T BT TR T
Tt 1 "Bond Desox Sohwbon 03 2
10 A
Aok Al Fd Buorwd Diwie Sbisn [0 7

Word Deae: Solgion. (00 o
“Ricoha i B
B Akoh o o
"Micoha i B
T Tuorwd Waah Solue D03
B Wond Waah Sowion [0
Bored Winh Sk 000
% "Bond ER Sokfion 7

“Bord EH Sohuson T g

1 Bond ER Sobiion iy i

Kuva 5-20: Protocol status (Protokollan tila) -naytto

Néhdaksesi, miten ajo etenee leikkeelld, napsauta vastaavaa leikkeen aseman painiketta nayton
ylareunassa. Sellaisia sijainteja vastaavat asetuspainikkeet, joissa ei ole leikettd, on himmennetty eika niita
voi valita.

Jos potilaan nimi on liian pitka kaytettavissa olevaan tilaan (leikealusta 2 ja 3), nimi lyhennetdan “.....
merkeilla lopussa. Jos haluat ndhda potilaan koko nimen ponnahdusikkunassa, liikuta hiiren osoitinta
lyhennetyn nimen paalla.

Kun valitset leikkeen sijainnin, ohjelmisto nayttaa joitakin leikkeen tietoja ja protokollan edistymisen. Jos
haluat tarkastella lisda leikkeen tietoja, napsauta View details (Nayta tiedot) ja kdaynnista Slide
properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkuna.

Valitun leikkeen protokollan vaiheet nakyvat leikkeen tietojen alla. Nykyinen vaihe ndkyy korostettuna
sinisend. Valmiissa vaiheissa on vihrean ympyran sisalla oleva valintamerkki tai jos odottamattomia

tapahtumia ilmeni, kuvake
Jos kdynnissa olevan vaiheen kaikki tarvittavat toimenpiteet on suoritettu, mutta ohjelmaan sisaltyy

odotusaika ennen seuraavaa vaihetta, valintamerkki tai on harmaa. Se pysyy harmaana, kunnes
seuraava vaihe alkaa, jolloin se muuttuu normaalin variseksi.
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

Voit tarkastella ajotapahtumia napsauttamalla vaiheluetteloa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Run
events (Ajotapahtumat) ponnahdusvalikosta. Voit myds avata Slide properties (Leikkeen
ominaisuudet) -valintaikkunan ponnahdusvalikosta.
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

5.3 Huoltonaytto

Jos haluat nahda Maintenance (Huolto) -nayton, siirry System status (Jarjestelman tila) -nayttéon
ja napsauta Maintenance (Huolto) -valilehtea.

Sywtem stake  Prolocol stahus

Precessing module: BOND-III #1

Pl iabar 16 the BOND Lksss Manusl o ssarilsnincs and aalaly imilfabos
Select a marfenanta command feom tha ls below

10T AW

'_',T:'z Heplace syrings

hr

& Clean fluksics

b

m Clhan aspirating probae
T03E Al
040 AW
1031 AN

Replace aspirating probe

&

Chean bulk Nlud robot probes
%2 Feplace bulk Nuid rebat prabe

[ mainwnence epon

Kuva 5-21: Maintenance (Huolto) -ndytdssa on komentopainikkeet erilaisille huoltotehtaville, jotka on
lueteltu alla:

Komento Kuvaus

Vaihda ruisku Kontrolloi prosessointimoduulia, kun ruiskua tai ruiskuja
vaihdetaan.

Ks. 12.13 - Ruiskut.

Puhdista fluidistorijarjestelma Esitdyta fluidistorijarjestelma.

Ks. Puhdista fluidistorijarjestelma sivulla 270.

Puhdista imuanturi Puhdista imuanturi BOND Aspirating Probe Cleaning System -
puhdistusjarjestelmalla.

Ks. 12.6.1 - Imuanturin puhdistaminen.

Vaihda imuanturi Kontrolloi prosessointimoduulia, kun imuanturia vaihdetaan.

Ks. 12.6.2 - Imuanturin vaihtaminen.

Puhdista Siirtda bulkkinesterobotit (vain BOND-III) sijaintiin, jossa anturit
bulkkinesterobottianturit voidaan pyyhkia puhtaaksi.

Ks. 12.12.1 - Bulkkinesterobottianturien puhdistaminen

Vaihda bulkkinesterobottianturit | Siirtaa bulkkinesterobotit (vain BOND-III) sijaintiin, jossa anturit
voidaan vaihtaa.

Ks. 12.12.2 - Bulkkinesterobottianturien vaihtaminen

Huoltoraportti Luo valitun prosessointimoduulin huoltoraportin. Tama komento
on aina kaytettavissa.

Ks. 5.3.1 - Huoltoraportti
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5. Tilandytét ( BOND -ohjaimessa)

Maintenance (Huolto) -naytdssa nakyy parhaillaan valitun prosessointimoduulin nimi ja siihen liittyvat
huoltopainikkeet. Kaytdssa on sarja valintaikkunoita, jotka ohjaavat sinua valitsemasi huoltotehtdvan
suorittamisessa.

Silloin, kun huoltotehtdva ei ole kaytettavissa, esimerkiksi kun huolto on jo kdynnissd, sen komentopainike ei
ole kaytossa. Kaikki komentopainikkeet (paitsi Maintenance report (Huoltoraportti)) poistuvat
kaytostd, kun prosessointimoduulin kytkenta katkaistaan.

5.3.1 Huoltoraportti

Huoltoraportti nayttaa tietyn prosessointimoduulin tiedot valitsemaltasi ajanjaksolta.

1. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jossa tulee nakyviin System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

2. Napsauta Maintenance (Huolto) -vililehtea ja napsauta sitten Maintenance report
(Huoltoraportti) -painiketta.

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 -

MNams: BOND-Il #1
Type BOND-I
Time span

From: 05-Apr-16
Tox 05-Apr-17

a5t twelve months

Generate Cancel

Kuva 5-22: Huoltoraportin valintaikkuna

Valitse prosessointimoduuli pudotusvalikosta ja valitse haluamasi aikavali kdyttamalld From (Alkaen)- ja
To (Paattyen) -paivamaaran saatimia. Voit myods napsauttaa Last twelve months (Viimeiset 12
kuukautta) asettaaksesi aikajakson kyseiselle valille.

Napsauta Generate (Luo) luodaksesi huoltoraportin.
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5. Tilandytot ( BOND -ohjaimessa)

Raportti naytetdan uudessa ikkunassa. Raportin oikeassa ylakulmassa nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kentta Kuvaus

Laitos Laitoksen nimi siten kuin se on tallennettu Facility (Laitos) -kenttdan

yllapito-ohjelman Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -
naytdssa —ks. 10.5.1 - Laboratorioasetukset

Ajanjakso Raportin kattaman ajanjakson "From” (Alkaen)- ja "To" (Paattyen) -
paivamaarat
Prosessointimoduuli Prosessointimoduulin ainutkertainen nimi, joka on sydtetty Name (Nimi) -

kenttdan yllapito-ohjelmassa Hardware configuration (Laitteiston
kokoonpano) -naytossa — ks. 10.6.1 - Prosessointimoduulit

Prosessointimoduulin | Prosessointimoduulin ainutkertainen sarjanumero

sarjanro

Raporttia koskevat huomioitavat seikat on lueteltu alla:

System status (Jarjestelman tila) -naytossa ilmestyy prosessointimoduulin ylapuolelle huomiokuvake
(kuten kohdassa 5.1.2 - Laitteiston tila) hiiren oikealla painikkeella napsautettavalla
muistutusilmoituksella silloin, kun ndma huoltotehtavat tulevat ajankohtaisiksi (jolloin arvioitu
paivamaara naytetaan ilmoituksella "Due now (Tehtdva nyt).

Seuraavien huoltotoimenpiteiden arvioidut paivamaarat perustuvat kasiteltyjen leikkeiden maaraan
ja/tai suositeltuun toimenpiteiden véliseen ajanjaksoon.

Jos raportin aikajaksolle ei ole tapahtumahistoriaa, tasta nékyy maininta historiataulukon sijaan.
Historiataulukon ensimmainen paivamaara on joko raporttijakson alku tai prosessointimoduulin
kayttdonottopdivamaara, mikali se tapahtui myohemmin. Merkinnat vastaavissa “Slides since last
maintenance / replacement” (Leikkeiden maara viimeisen huollon / vaihdon jdlkeen) -sarakkeissa
nayttavat aina 0 leiketta.

Historiataulukon viimeinen paivamaara on raporttijakson loppu.

Kullekin leikkeiden varjayskokoonpanolle on leikkeiden laskurit, sekd yhdistetty leikkeiden
kokonaismaaran laskuri kaikille 3 kokoonpanolle. Leikkeiden lukemat nollautuvat jokaisen
onnistuneen huoltotoimenpiteen jalkeen.

Kullekin leikkeiden varjdyskokoonpanon bulkkinesterobottianturille on erillinen leikkeiden laskuri.
Kullekin leikkeiden varjayskokoonpanon ruiskulle on erillinen leikkeiden laskuri.

Paaruiskulle on erillinen leikkeiden laskuri.

Huoltotoimet, jotka on suoritettu BOND-versiossa 5.0 tai aikaisemmassa versiossa voivat nakya
maininnalla “Unknown"” (Tuntematon) Completion status (Suorituksen tila) -sarakkeessa.
Huoltotoimia, jotka on suoritettu BOND-versiossa 4.0 tai aikaisemmassa versiossa, ei ndyteta.
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6.

Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

BOND-jarjestelmassa suoritettavaa prosessointia varten tapahtuvaan leikkeiden luomisen vakiotyonkulkuun
sisaltyy seuraavat paavaiheet:

1.
2.

NowuvhkWw

Leikkeiden alueiden valmistelu.

Leikkeisiin liittyvien tapausten luominen BOND-ohjelmistossa (tapaus voidaan myds tuoda LIS-
jarjestelmasta).

Laakarien tietojen lisddminen ja muokkaaminen (jos tarpeen).

Leikkeiden tietojen sy6ttaminen (tiedot voidaan myds tuoda LIS-jérjestelmasta).
Kontrollileikkeiden luominen laboratorion vakiokdytantdjen mukaisella tavalla.

Leikkeiden merkitseminen (ellei leikkeisiin ole jo lisatty LIS-jarjestelmén merkint6ja).
Leikkeiden asettaminen leikealustoihin ja leikealustojen asettaminen prosessointimoduuliin.

Kun leikkeiden prosessointi on kdynnistynyt, Slide history (Leikehistoria) -ndytdssa voi luoda useita
erilaisia leike-, tapaus- ja ajoraportteja. Katso lisatiedot kohdasta 9 - Leikehistoria ( BOND -ohjaimessa).

Jos sinun laboratoriossasi ei voida noudattaa tassa oppaassa esitettya vakiotyénkulkua, tarjolla on myos
vaihtoehtoisia tydnkulkuja.

Tama luku sisaltaa seuraavat osiot:

6.1 - Slide Setup (Leikeasetukset) -naytto

6.2 - Kontrollien kanssa ty0skentely

6.3 - Tapausten kanssa tydskentely

6.4 - Ladkarien hallinnointi

6.5 - Leikkeiden kanssa tydskentely

6.6 - Leikkeiden merkitseminen

6.7 - Slide Setup Summary (Leikeasetusten yhteenveto) -raportti
6.8 - Ennalta maarittdmattémien leikkeiden ja tapausten luominen
6.9 - Leikkeiden yhteensopivuus
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6.1 Slide Setup (Leikeasetukset) -naytto

Slide setup (Leikeasetukset) -naytosta naet kaikki sellaiset BOND-jarjestelmaan lisatyt tapaukset ja
leikkeet, joita ei ole vield prosessoitu. Jos jérjestelma on LIS-integroitu, ndytdssa nakyvat myods kaikki LIS-
jarjestelmasta tuodut tapaukset ja leikkeet. Jos jarjestelmaa ei ole integroitu LIS-jarjestelmaan, kaikki
tapaukset ja leikkeet luodaan ja muokataan tassa naytdssa. Koska leikkeet on aina liitettava tapaukseen,
sinun on luotava tapaus ennen kuin voit luoda leikkeita.

Avaa Slide setup (Leikeasetukset) -ndyttd napsauttamalla toimintopalkin Slide setup Slide setup
(Leikeasetukset) -kuvaketta.
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Kuva 6-1: Slide setup (Leikeasetukset) -ndytto

Kuva 6-1 on esitetty Slide setup (Leikeasetukset) -naytto. Nayton oikeassa ylareunassa on tapausten
kanssa tydskentelyyn kaytettévat toiminnot ja niiden alapuolella leikkeiden kanssa tyéskentelyyn
kaytettavat toiminnot.
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6.2 Kontrollien kanssa tydskentely

Leica Biosystems -yhti6 suosittelee kontrollien rutiininomaista kayttda BOND-jarjestelmassa. Joihinkin
teranostisiin jarjestelmiin kuuluu omat kontrollileikkeet, mutta téllaisten jarjestelmien kayttdohjeissa
voidaan silti suositella myds muita kayttdpaikassa suoritettavia kontrollitoimenpiteita. Muista, etta
kontrollien avulla testataan koko asianmukainen laboratorioprosessi. Katso lisatiedot kohdasta

14.3 - Laadunvalvonta.

Jotta BOND-jarjestelma tulisi testatuksi niin tehokkaasti kuin mahdollista, Leica Biosystems suosittelee
asettamaan asianmukaisen kontrollikudoksen samaan leikkeeseen potilaskudoksen kanssa.

Vaikka suosittelemme asettamaan kontrollikudoksen samaan leikkeeseen testikudoksen kanssa, BOND-
ohjelmistolla voi kasitelld myods pelkkaa kontrollikudosta sisaltavia leikkeitd ja reagenssikontrolleja.
Varmista, etta pelkkda kontrollikudosta sisdltavat leikkeet merkitadn asianmukaisella tavalla, jotta ne eivat
sekaannu potilaiden testindytteiden kanssa.

6.2.1 Kontrollikudos

Jokaiselle BOND-ohjelmistoon lisdttavalle leikkeelle on valittava yksi seuraavista kudostyypeista:

« Test tissue (Testikudos)
« Negative tissue (Negatiivinen kudos)
« Positive tissue (Positiivinen kudos).

Kudostyyppi madritetaan Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa (katso 6.5.2 - Leikkeen luominen).
Kaikkien potilaan testikudosta siséltdvien leikkeiden kudostyypiksi on valittava “Test tissue” ("Testikudos”).
Kayta vaihtoehtoja "Positive tissue” ("Positiivinen kudos”) ja "Negative tissue” (“Negatiivinen kudos”) vain
pelkkaa kontrollikudosta sisaltaville leikkeille.

Aina kun kudostyyppi vaihdetaan Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa, Marker (Markkeri) -kentta
tyhjenee automaattisesti. Tama auttaa varmistamaan, ettd kudokselle valitaan oikea markkeri.

Negatiivista tai positiivista kudosta sisaltaville leikkeille merkitaan Slide setup (Leikeasetukset) -
nayttdon vastaavasti joko "-" tai “+”. Slide history (Leikehistoria) -ndytdon Type (Tyyppi) -
sarakkeessa nakyy kullekin leikkeelle merkinta "Test” ("Testi”), “Negative” (“"Negatiivinen”) tai “Positive”
("Positiivinen™).

Jotta itse leikkeet erottuisivat selvasti kontrolleina, leikemerkintdjen oletusmalleissa on valmiina "Tissue
type” ("Kudoksen tyyppi”) -tietokentta. Sen avulla positiivisten kudoskontrollien merkintdihin tulostuu
suurella merkinta "(+)"” ja negatiivisten kudoskontrollien merkint6ihin merkinta “(-)". Testikudosten
merkinndissa tadma kenttd jaa tyhjaksi. Suosittelemme sisallyttédmadn kyseisen kentan myds kaikkiin itse
maaritettyihin leikemerkintéihin (katso 10.3 - Merkinnat).

6.2.2 Kontrollireagenssi

Leikkeille asetetaan kontrollireagenssi valitsemalla niille maaritysprosessin aikana tavanomaisten vasta-
aineiden tai antureiden sijaan asianmukainen markkerireagenssi.

IHC-varjayksille voi valita BOND-ohjelmistossa myds negatiivisen kontrollireagenssin. Kun Add slide
(Lisaa leike) -valintaikkunaan on valittu IHC, valitse Marker (Markkeri) -pudotusvalikon vaihtoehto
*Negative (*Negatiivinen). BOND-jarjestelma annostelee naita vaiheita varten BOND Wash Solution -
liuosta.
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

ISH-vérjayksille BOND-ohjelmistossa on negatiiviset ja positiiviset kontrollireagenssit RNA:lle ja DNA:lle.
Valitse sopiva kontrollianturi Marker (Markkeri) -listalta.

Leikkeille, joille on valittu kontrollireagenssi, ei lisata muita erityisia merkint6ja kuin Slide setup
(Leikeasetukset) -ruudussa nakyva markkerin nimi. Jos kayttssa olevassa leikemerkintamallissa on
markkeri-kenttd, markkerin nimi nakyy myds siina.

6.3 Tapausten kanssa tyoskentely

Tassa osiossa kuvataan Slide setup (Leikeasetukset) -ndytén vasemmalla puolella olevat toiminnot,
joita kdytetdan tapausten kanssa tydskentelyyn. Kuvaukset sisaltavan osion jalkeisissa alaosioissa on
esitetty tapaustietojen lisdys-, muokkaus-, ja poistotoimenpiteet.

Tama osio sisaltaa seuraavat alaosiot:

« 6.3.1 - Tapausten saatimet ja aktiivisen tapauksen tiedot

« 6.3.2 - Tapauksen tunnistaminen

« 6.3.3 - Tapauksen lisdéaminen

« 6.3.4 - Tapauksen duplikaatio, takaisin tuominen ja vanheneminen
« 6.3.5 - Tapauksen muokkaaminen

« 6.3.6 - Tapauksen kopioiminen

« 6.3.7 - Paivittdinen tapaus -vaihtoehto

« 6.3.8 - Tapausraportti

6.3.1 Tapausten saatimet ja aktiivisen tapauksen tiedot

Napsauta Add case (Lisaa tapaus), jos haluat lisata uuden tapauksen tiedot.
Prosessin kuvaus on kohdassa 6.3.3 - Tapauksen lisaaminen.

Muokkaa olemassa olevan tapauksen tietoja napsauttamalla Edit case (Muokkaa tapausta).
Prosessin kuvaus on kohdassa 6.3.5 - Tapauksen muokkaaminen.

Poista olemassa oleva tapaus napsauttamalla Delete case (Poista tapaus).
Kohdassa 6.3.5.1 - Tapauksen poistaminen kuvataan, miten tapaus poistetaan.

Napsauta Copy case (Kopioi tapaus), kun haluat liséta kopion tapauksesta ja kyseisen tapauksen
leikkeista.
Kohdassa 6.3.6 - Tapauksen kopioiminen kuvataan, miten tapaus kopioidaan.

Jos napsautat tapausta hiiren oikealla painikkeella, voit kdyttaad Edit (Muokkaa)-, Delete (Poista)- ja
Copy (Kopioi) -komentoja myds naytdn ponnahdusvalikossa.

Voit avata valittua tapausta koskevan raportin napsauttamalla Case report (Tapauksen raportti)
(tapausluettelon alla).
(ks. 6.3.8 - Tapausraportti).
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

Painikkeiden alla olevassa taulukossa on seuraavat aktiivisen tapauksen tiedot:

Tapauksen Tapauksen tunnistaminen. Tama voi muodostua mista tahansa

tunniste aakkosnumeerisista merkeista.
Tassa kentdssa voi olla seka kirjaimia ettd numeroita. Taulukon Case ID
(Tapauksen tunniste) -saraketta napsauttamalla voit jarjestella kentan sisallén
tekstimuotoon — talldin esimerkiksi merkeilld “10” alkava tunniste nakyy ennen
merkillda "2" alkavaa tunnistetta.

Potilaan nimi Potilaan tunnistaminen.

Laakarin nimi Ladkarin tai potilaasta vastaavan lahettavan patologin nimi.

Leikkeet Valittuun tapaukseen maéritettyjen prosessoimattomien leikkeiden maara.

Kun leikkeiden prosessointi alkaa, ne siirretdan Slide setup (Leikkeen
asetukset) -naytosta Slide history (Leikehistoria) -nayttdon ja téma
numero paivittyy vastaavasti.

Jos tapauksen vasemmalla puolella ndkyy punainen palkki, tama tarkoittaa, etta siihen kuuluu yksi tai

useampia ensisijaisia LIS-leikkeitd.
(ks. 11.2.5 - Ensisijaiset leikkeet).

Aktiivisten tapausten luettelon alla on seuraavat kaikkien tapausten ja leikkeiden yhteenvetotiedot:

Positiiviset kudoskontrollit | Kaikkiin jérjestelmassa talla hetkelld oleviin ajamattomiin tapauksiin

liittyvien positiivisten kudoskontrollien kokonaismaara.

Negatiiviset kudoskontrollit | Kaikkiin jarjestelmassa talla hetkella oleviin ajamattomiin tapauksiin

liittyvien negatiivisten kudoskontrollien kokonaismaara.

Tapausten kokonaismdara | Aktiivisten tapausten kokonaismaara.

Leikkeiden kokonaismaara | Kaikkiin jarjestelmassa talla hetkella oleviin ajamattomiin tapauksiin

liittyvien leikkeiden kokonaismaara.

6.3.2 Tapauksen tunnistaminen

BOND-jarjestelma kayttaa kahta ensisijaista tapauksen tunnistetta: tapauksen tunnistetta ja
tapausnumeroa (ohjelmistossa vastaavasti Case ID (Tapauksen tunniste) ja Case No. (Tapauksen

nro)).

« Case ID (Tapauksen tunniste): kayttajan sydttéma, laboratorion tunnistusjarjestelman
mukainen tapauksen tunniste. Tapauksiin, jotka on luotu BOND-jarjestelmassa, tapauksen tunniste

syotetadn Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkunassa tapausten luomisen yhteydessa. LIS-ip-
jarjestelmissa tapauksen tunniste saadaan LIS-jarjestelmasta (jossa sen nimitys voi olla myds

"Accession number” ("Naytteen lisdysnumero”) tai jokin muu vastaava).

. Case No. (Tapauksen numero): ainutkertainen tunnistenumero, jonka BOND-jarjestelma luo

automaattisesti kaikille jarjestelmaan lisattaville tapauksille (seka BOND-jarjestelmdssa luotavat etta

LIS-jarjestelmasta vastaanotettavat tapaukset). Tapauksen numero ndytetadn Case properties

(Tapauksen ominaisuudet) -valintaikkunassa.
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BOND 4.1 -ohjelmaversiota aikaisemmissa versioissa tapauksen tunnisteen ei ollut pakko olla
ainutkertainen. Tama tarkoitti sitd, ettd kahdella tai useammalla erillisella tapauksella saattoi olla sama
tapauksen tunniste. Jokaisella tapauksella oli kuitenkin yleensa eri potilasnimi, ja niilla oli aina erilaiset
tapausnumerot. BOND 4.1 -versiossa ja myohemmissa ohjelmistoversioissa kaikkien uusien
tapaustunnisteiden on oltava ainutkertaisia.

Vaikka tapausten tunnistamiseen kdytetaan usein myds potilasnimid, potilasnimet eivat ole pakollisia eika
niiden tarvitse olla ainutkertaisia.

6.3.3 Tapauksen lisadminen

Jos haluat lisata tapauksen aloittaen Slide setup (Leikkeen asetukset) -naytdssd, toimi seuraavasti:

1. Napsauta Add case (Lisaa tapaus) Slide setup (Leikkeen asetukset) -naytossa ja nakyviin
tulee Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkuna (ks. Figure 6-2).

Add case
Casa IO: | _I
Pafent nama:
Casa commeants:
Dacizre: e n
Manape doctors
Add case e
Cispense vakume: 10wl
» | 1E0ul
Praparatian profneel: ‘Diawax -

Figure 6-2: Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkuna
Syota tarvittavat tiedot tapauksen tunniste-, potilaan nimi-, tapauksen kommentit- ja laakari-kenttiin.

ﬁ Tapauksia voi lisata ilman tapaustietoja.

2. Jos tarvittava laakari ei ole Iadkarien luettelossa, liséa hanet napsauttamalla Manage doctors
(Hallinnoi ladkareita) ja avaa Manage doctors (Hallinnoi ladkareitd) -valintaikkuna (ks.
6.4 - Ladkarien hallinnointi).

3. Valitse annosteluvolyymi kyseista tapausta varten luoduille leikkeille, mikali se ei ole sama kuin jo
madritetty oletusannosteluvolyymi.

Huomaa, etta kaikki BOND-laitteella prosessoidut leikkeet vaativat 150 pl:n annosteluvolyymin.
Lisaksi ISH-varjayksessa kaytetdan 150 pl:n annosteluvolyymia kaikissa
prosessointimoduulityypeissa.

Lisatietoja leikkeiden kaytettavista alueista ja annosteluvolyymeista I6ydat kohdasta
6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa.
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4, Valitse valmisteluvaihtoehto Preparation protocol (Valmisteluprotokolla) -luettelosta (ks.
Figure 6-2) tehdaksesi sen oletusarvoiseksi téssé tapauksessa luoduille leikkeille.

5. Jos haluat poistua valintaikkunasta sy6ttamatta tietoja jarjestelmaan, napsauta Cancel (Peruuta).
Jos haluat sy6ttaa tapauksen tiedot, napsauta OK.

6. Tapaus lisataan tapausluetteloon.

6 Jos tapauksen tunniste on jo jarjestelmassa, Case ID duplication (Tapauksen tunnisteen
duplikaatio) -valintaikkuna avautuu (ks. 6.3.4 - Tapauksen duplikaatio, takaisin tuominen ja
vanheneminen).

6.3.4 Tapauksen duplikaatio, takaisin tuominen ja vanheneminen

BOND 4.1 -versiota aikaisemmissa ohjelmistoversioissa saattoi esiintya erilaisia tapauksia, joilla oli sama
tapaustunniste. Tallaiset tapaukset voitiin yleensa erottaa potilaan nimesta ja niiden erottaminen oli aina
taattua tapauksen numeron perusteella, joka on aina ainutkertainen. BOND ei enaa salli uusia tapauksia,
joilla on sama tapauksen tunniste kuin olemassa olevilla tapauksilla — jokaiselle uudelle tapaukselle tulee
antaa joko ainutkertainen tapaustunniste tai ne taytyy tunnistaa samaksi, kuin jarjestelméssa jo oleva
tapaus.

Jos yritat lisata tapauksen aiemmin jarjestelmaan lisdtyn tapauksen tunnisteella, ohjelmisto nayttda Case
ID duplication (Tapauksen tunnisteen duplikaatio) -valintaikkunan, jossa nakyy aiemmin samalla
tunnisteella tallennettu tapaus. Jos haluat kayttaa aiemmin tallennettua tapausta, valitse se ja napsauta
Use selected (Kayta valittua) (ks. myds Tapausten yhdistéminen sivulla 119). Muussa tapauksessa sulje
valintaikkuna ja vaihda tapauksen tunniste, niin ohjelmisto luo uuden tapauksen.

Case ID duplication (Tapauksen tunnisteen duplikaatio) -valintaikkunassa nakyvat tapaukset
saattavat olla poistettuja tai vanhentuneita tapauksia (ts. tapauksia, joiden kaikki leikkeet on prosessoitu,
ks. alla olevat tiedot) tai edelleen Slide setup (Leikkeiden asetukset) -ndyttssa nakyvia tdmanhetkisia
tapauksia. Kun vanhentunut tapaus valitaan ja palautetaan tapausluetteloon, kyseessé on tapauksen
"takaisin tuominen”.

Jos tarvitset lisatietoja LIS-tapausten duplikaattitapausten tunnisteista, ks. Duplikaattitapauksen tunniste
sivulla 206 .

6.3.4.1 Tapausten yhdistaminen

Jos muokkaat tapauksen tunnisteen samaksi kuin toisen olemassa olevan tapauksen tunniste ja napsautat
sitten ruutuun taman jalkeen ilmestyvan Case ID duplication (Tapauksen tunnisteen duplikaatio) -
valintaruudun kohtaa Use selected (Kayta valittua), kaikki muokatun tapauksen prosessoimattomat
leikkeet siirretdan aiemmin samalla nimella luotuun tapaukseen.

6 Voit muokata vain sellaisia tapauksia, joihin sisaltyy prosessoimattomia leikkeitd; vain prosessoituja leikkeita
sisaltavaa tapausta ei voi muokata.

6.3.4.2 Prosessoidun tapauksen elinaika

Kun viimeinen tapaukseen kuuluva leike on prosessoitu, (oletusasetuksia kdytettdessa) tapaus poistetaan
Slide setup (Leikeasetukset) -ndytosta 10 minuutin kuluessa leikealustan avaamisesta.
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Asetuksien kautta voit kuitenkin maarittad BOND-jarjestelman sailyttamaan tapaukset Slide setup
(Leikeasetukset) -ndytdssa tietyn madran paivia siita hetkesta, kun viimeinen niihin sisaltyva leike on
kasitelty. Tama "processed case lifetime” (“prosessoidun tapauksen elinaika”) -asetus maaritetaan yllapito-
ohjelman Laboratory (Laboratorio) -ndytdssa (katso 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset).

Vanhentuneet tapaukset tallennetaan jarjestelmaan, mutta niita ei voi tarkastella. Voit palauttaa
vanhentuneen tapauksen listalle lisadmalla sen uudelleen (tuomalla sen takaisin) tai lisédmalla siihen uuden
leikkeen LIS-jarjestelman kautta.

Sellaisia tapauksia, joihin ei sisally yhtdan prosessoitua leikettd, ei koskaan poisteta automaattisesti Slide
setup (Leikeasetukset) -ndytosta.
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6.3.5 Tapauksen muokkaaminen

Jos haluat muokata tapauksen tietoja, valitse se luettelosta ja napsauta Edit case (Muokkaa tapausta).
Ohjelmisto nayttda Case properties (Tapauksen ominaisuudet) -valintaikkunan. Voit kayttaa tata
valintaikkunaa edelld kuvatun Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkunan tapaan.

Jos muokkaat sellaisen tapauksen tietoja, jolle on jo tulostettu leikemerkinnat, tulosta uudet merkinnat
ennen leikkeiden ajamista (tata asiaa koskeva viesti nakyy myods ruudussa).

6.3.5.1 Tapauksen poistaminen

Poista tapaus valitsemalla se listalta ja napsauttamalla Delete case (Poista tapaus).

Jos Slide setup (Leikeasetukset) -ndytdssa oleva BOND-tapaus sisaltda vain prosessoimattomia
leikkeitd, voit poistaa sen manuaalisesti, minka myota sen tilaksi vaihtuu "expired” (“vanhentunut”). (Kaikki
LIS-tapaukset vanhenevat automaattisesti heti, kun niissa ei enda ole prosessoimattomia leikkeita.)

Jos tapaus sisdltaa prosessoitavia tai prosessoituja leikkeitd, sitd ei voi poistaa manuaalisesti.

Tapauksen mukana poistetaan aina myos kaikki sitd varten luodut prosessoimattomat leikkeet.
Poistettujen tapauksien tiedot on mahdollista palauttaa, mutta ei niihin sisaltyneita leikkeita.

6.3.6 Tapauksen kopioiminen

Tapauksien kopioiminen nopeuttaa ja helpottaa uusien potilaskohtaisten tapausten luomista ja maarittelya.
Uuteen tapaukseen kopioituja tietoja voi halutessaan muuttaa, tai ne voi jattaa ennalleen. Jarjestelma luo
uudelle tapaukselle automaattisesti uuden tapausnumeron, ja sinun on syétettdva sille uusi tapauksen
tunniste.

Tapausta ei voi kopioida, jos siihen kuuluvan leikkeen tiedoissa viitataan poistettuun protokollaan.

Naet merkintéjen tulostamista ja prosessointia varten valmistellut kopioidut leikkeet Slide setup
(Leikeasetukset) -naytdssa. Voit poistaa tarpeettomia leikkeitd napsauttamalla niita hiiren oikealla
painikkeella ja valitsemalla vaihtoehdon Delete slide (Poista leike).

Tapauksen kopioiminen:

1. Valitse kopioitava tapaus Slide setup (Leikeasetukset) -ndytdn vasemmalla puolella olevalta
tapauslistalta.

2. Napsauta Copy case (Kopioi tapaus), niin ohjelmisto ndyttéa Copy case (Kopioi tapaus) -
valintaikkunan.
3. Syo6ta uusi tapauksen tunniste ja muokkaa tapauksen tietoja haluamallasi tavalla.
4. Valitse tarpeen mukaan joko Unprocessed slides (Prosessoimattomat leikkeet) tai All slides
(Kaikki leikkeet).
« Unprocessed slides (Prosessoimattomat leikkeet) — kopioi vain alkuperaisen tapauksen
prosessoimattomat leikkeet.
« Allslides (Kaikki leikkeet) — kopioi kaikki alkuperdisen tapauksen leikkeet (prosessoimattomat,
prosessoitavat ja prosessoidut leikkeet). Jarjestelma merkitsee kaikki uuden tapauksen
leikkeet prosessoimattomiksi.

5. Napsauta OK.
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Jarjestelma luo uuden tapauksen ja kopioi leikkeet, mukaan lukien kaikki mahdolliset kommentit,
tehdyn valinnan mukaisella tavalla. Kaikki kopioidut leikkeet (mukaan lukien LIS-leikkeet)
kayttéytyvat samalla tavalla kuin Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa luodut leikkeet (katso
6.5.1 - Leikkeen kenttien ja saatimien kuvaus).

6.3.7 Paivittainen tapaus -vaihtoehto

BOND-jarjestelma voidaan madrittad niin, ettd se luo automaattisesti uuden tapauksen 24 tunnin valein.
Taman toiminnon avulla kaikki yhden paivan leikkeet voidaan luoda yhteen tapaukseen. Tama voi sdastaa
aikaa vain pienen maaran leikkeitd prosessoivissa laboratorioissa, silla leikkeille ei tarvitse téyttaa potilaiden
nimia tai tapausten tunnisteita. Jokaisella paivittaiselld tapauksella on seuraavat ominaisuudet:

« Tapauksen tunniste maaritetdan alkavan paivan paivamaaraa kayttaen.

« Annosteluvolyymi ja valmisteluprotokolla maaraytyvat yllapito-ohjelmaan maaritettyjen jarjestelman
oletusarvojen mukaan. Niitd voi muokata.

. Patient name (Potilaan nimi)- ja Doctor (Laakari) -kentat jaavat tyhjiksi, eika niita voi
muokata.

Vaikka paivittdainen tapaus -vaihtoehto on kaytdssa, voit halutessasi silti luoda yksittdisia tapauksia
tavalliseen tapaan. Paivittdinen tapaus -vaihtoehdon maaritysohjeet on kohdassa 10.5.2 - Tapauksen ja
leikkeen asetukset.

6.3.8 Tapausraportti

Voit luoda raportteja yksittdisille tapauksille. Raportissa nakyvat tapauksen perustiedot ja kaikkien siihen
kuuluvien leikkeiden tiedot, kuten leikkeiden tunnisteet ja leikkeiden prosessoinnissa kaytetyt protokollat ja
reagenssit. Raportissa on tilaa kirjoittaa kommentti jokaiselle leikkeelle, jos raportti tulostetaan. Ks.
taydellinen kuvaus kohdasta 9.6 - Tapausraportti.

Voit luoda tapausraportteja Slide setup (Leikkeen asetukset)- ja Slide history (Leikehistoria) -
naytoissa. Valitse haluamasi tapaus tai leike ja napsauta sitten Case report (Tapausraportti) -painiketta.
Tapausraportit sisaltdvat reagenssitiedot vain sellaisista leikkeistd, jotka on kasitelty ja avattu
prosessointimoduulista.
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6.4 Laakarien hallinnointi

BOND-jdrjestelma tallentaa laakérien listan, jolta laakarin voi liséta haluttaessa tapauksen tietoihin. Voit
valita Iaakarin "Preferred doctors” ("Ensisijaiset |adkarit”) -listalta Add case (Lisaa tapaus)- tai Case
properties (Tapauksen ominaisuudet) -valintaikkunoissa tai lisata ja muokata ladkareiden tietoja
jalkimmaisten kautta avattavassa Manage doctors (Ladkarien hallinnointi) -valintaikkunassa.

Kustakin ladkarista ndytetadn seuraavat kentat:

« Name (Nimi): —13akarin nimi

o LISID (LIS-tunniste): — LIS-jdrjestelmaan tallennettu ainutkertainen tunniste (jos kaytdssa).

« Pref. (Ensisijaisuus) — Tieto siitd, onko kyseessa ensisijainen laakari vai ei (vain ensisijaisiksi
maaritetyt Iadkarit ovat valittavissa tapausten luomisen yhteydessa nakyvasta pudotusvalikosta).
Laakarin ensisijaisuus-tila maaritetdan Edit doctor (Muokkaa ladkaria) -valintaikkunassa.

Nama tiedot nakyvat myods Edit doctor (Muokkaa laakaria) -valintaikkunassa. Liséksi Edit doctor
(Muokkaa ladkarid) -valintaikkunassa nakyy seuraavat tiedot:

« ID (Tunniste): — BOND-jarjestelm&n automaattisesti luoma ja kohdentama ainutkertainen tunniste.
« Comments (Kommentit): — muokattava kenttd, johon voi lisata yleisia kommentteja tai nimitietoja.

Kun Manage doctors (Ladkdrien hallinnointi) -valintaikkuna on auki, voit liséta uuden ladkarin tai
muokata aiemmin tallennettujen Iaékarien tietoja napsauttamalla (Add) Lisaa tai Edit (Muokkaa). Voit
muokata ainoastaan Comments (Kommentit) -kenttda ja muuttaa laakarin Pref. (Ensisijaisuus) -tilan.
Aiemmin luodun laékarin nimea ei voi muuttaa.

Voit poistaa ladkareitd Manage doctors (Ladkarien hallinnointi) -valintaikkunan kautta. Poistetun
ladkarin nimi sadilyy niissa tapauksissa, joihin se on tallennettu, mutta sita ei voi kdyttaa uusissa tapauksissa.
Kun olet poistanut Idakarin, et voi luoda uutta samannimista laakaria.
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6.5

Leikkeiden kanssa tydskentely

Tassa osiossa kuvataan leikkeiden luominen ja hallinnointi Slide setup (Leikeasetukset) -naytdssa.
Viimeisessa alaosiossa on kuvattu annosteluvolyymin asettaminen ja se, kuinka tdma vaikuttaa kudoksen
asettamiseen leikkeelle.

6.5.1 - Leikkeen kenttien ja sdatimien kuvaus

6.5.2 - Leikkeen luominen

6.5.3 - Leikkeen kopioiminen

6.5.4 - Leikkeen muokkaaminen

6.5.5 - Leikkeen poistaminen

6.5.6 - Leikkeen manuaalinen tunnistus

6.5.7 - Leikepaneelin lisadminen

6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6.5.1 Leikkeen kenttien ja saatimien kuvaus

Leikeluettelon ylaosassa on kaksi painiketta:

« Napsauta Add slide (Lisaa leike), jos haluat lisata valittuun tapaukseen leikkeen.
« Napsauta Add panel (Lisaa paneeli), jos haluat lisata valittuun tapaukseen paneelin.
Lisatietoja on kohdassa 6.5.7 - Leikepaneelin lisddminen.

Nayton oikealla puolella olevassa leikelistassa on vasemmalla puolella valittuun tapaukseen kuuluvien
leikkeiden tiedot. Jokaisesta leikkeesta naytetdan leikkeen tunniste ja leikkeelle ajettavien protokollien
tiedot. Leikkeen oikealle puolella olevan merkkialueen vari kertoo, missa leike on luotu. Varien selitykset

ovat:

1. 00000401
*CO10

"HC F "D "— "H330)

£ o002
"Coil

FIHC F "D "— "H20)

2, 00404
“CD10

"IHC F "0 "— "H2{20}

Valkoinen:

Leike on luotu Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa
(katso 6.5.2 - Leikkeen luominen).

Keltainen:

Leike on luotu Slide identification (Leikkeen tunnistus)
-valintaikkunassa

(katso 6.8 - Ennalta maarittamattdmien leikkeiden ja
tapausten luominen).

Vaaleanharmaa:

LIS-leike
(katso 11 - LIS-integraatiopaketti ( BOND -ohjaimessa))

Leikkeiden tiedoissa kaytetadn myds seuraavia symboleita:

3. D0004D5
*CD10

"IHC F "D "— "H2i33}

4. 0DR06
‘CDiD

SHCF "D "— "H2{30)

1. 000407
=i

THCF "0 "— "HI0)

6. (00403
*CD1D

THCF D *— "HI20)

-]
EIlO2BY

i
L1
dBlua R

Miinusmerkki:

negatiivinen kudosleike (katso kohdan 6.5.2 - Leikkeen
luominen vaihe 4).

Plusmerkki:

positiivinen kudosleike (katso kohdan 6.5.2 - Leikkeen
luominen vaihe 4).

Punainen P:

prioriteetti-LIS-leike (katso 11.2.5 - Ensisijaiset leikkeet).

Leikemerkinta:

leikkeelle on tulostettu leikemerkinta.

Kaksoisnapsauttamalla leikettd saat nakyviin sitd koskevan Slide properties (Leikkeen ominaisuudet)
-valintaikkunan. Napsauttamalla leiketta hiiren oikealla painikkeella voit poistaa leikkeen tai tulostaa sille

merkinnan.
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6.5.2 Leikkeen luominen

Luo leikkeet Leican teranostisia jarjestelmid varten kyseisten jarjestelmien mukana toimitettuja ohjeita
noudattaen.

Uuden leikkeen luominen:

1. Napsauta tapauslistassa olevaa tapausta.
2. Napsauta Add slide (Lisaa leike), niin ohjelmisto ndyttaa Add slide (Lisaa leike) -

valintaikkunan.

Add slide
Edward, A. Slide comments
Case ID: " .
Tissue type: Dispense volume:
3688 P P
Doctor: « Testtissue 100 pL
Smith Negative tissue v 150 uL
Slide ID: s
Positive tissue
Case N°:
53 Staining mode:
Case comments: Single - Routine -
Date created: Single
04-Sep-13 7:53:56 AM
Process: ) IHC ISH
Marker: *CD5 (4C7) -
Protocols
Staining: *IHC Protocol F [ ~ |
Preparation: *Dewax -
HIER: *HIER 20 min with ER2 [ - |
Enzyme: -

Add slide Close

Figure 6-3: Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna

Ohjelmisto luo uudelle leikkeelle automaattisesti ainutkertaisen leikkeen tunniste -
tunnistenumeron. Sita ei kuitenkaan nayteta ennen kuin olet napsauttanut valintaikkunan Add slide
(Lisaa leike) -painiketta.

Halutessasi voi lisata leikkeelle kommentin.

Valitse kudostyyppi (Test tissue (Testikudos), Negative tissue (Negatiivinen kudos) tai Positive tissue
(Positiivinen kudos)) napsauttamalla asianmukaista Tissue type (Kudostyyppi) -ryhmén
valintanappia.

Katso 6.2.1 - Kontrollikudos. Jos tarvitset yleisempia tietoja kontrolleista, katso myds kohta

14.3.2 - Kudoskontrollit.

. Muuta tarvittaessa leikkeen annosteluvolyymia

(katso 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa).
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6. Valitse varjaystila.

« Jos kyseessa on yksoisvarjays, valitse ensimmaiseen kenttaan vaihtoehto Single (Yksdis)
(oletusarvo); kaksoisvarjattavalle leikkeelle tulee valita joko Sequential DS
(Sekventiaalinen kaksoisvarjdys) tai Parallel DS (Rinnakkainen kaksoisvarjdys)
(katso 7.1.1 - Varjaysmenetelmat).

« Valitse toisessa kentdssa Routine (Rutiini) (oletusarvo) (valitse Oracle vain, jos Bond™
Oracle™ HER2 IHC -jarjestelman ohjeissa niin maarataan).

7. Valitse varjaysprosessi (IHC tai ISH).

8. Valitse Marker (Markkeri) -pudotusvalikosta primaarivasta-aine tai anturi; ykséisvarjaysta koskeva
pudotusvalikko on Single (Yksois) -valilehdella, sekventiaalista kaksoisvarjaysta koskeva
pudotusvalikko on First (Ensimmainen) -valilehdella. Jos olet valinnut rinnakkaisen
kaksoisvarjdyksen, valitse markkeri Parallel DS (Rinnakkainen kaksoisvarjays) -vélilehdella.
Jos haluat ajaa negatiivisen IHC-kontrollireagenssin, valitse joko oletusarvoinen negatiivinen
reagenssi *Negative (Negatiivinen) tai itse luomasi negatiivinen reagenssi (katso
14.3.3 - Negatiivinen reagenssikontrolli IHC:lle).

Jos haluat ajaa negatiivisen ISH-kontrollireagenssin, valitse *RNA Negative Control Probe (*RNA:n
negatiivinen kontrollianturi) tai *DNA Negative Control (*DNA:n negatiivinen kontrolli).

Jos haluat ajaa positiivisen ISH-kontrollireagenssin, valitse *RNA Positive Control Probe (*RNA:n
positiivinen kontrollianturi) tai *DNA Positive Control Probe (*DNA:n positiivinen kontrollianturi).

6 Voit lisata kohteita Marker (Markkeri) -pudotusvalikkoon tai poistaa siina olevia kohteita
merkitsemalla haluamasi reagenssin Preferred (Ensisijainen) -kentan tai poistamalla siind olevan
merkinnan ohjelmiston Reagent Setup (Reagenssiasetukset) -ndytdssa. Katso lisatietoja
kohdasta 8.2.1 - Reagenssin lisadminen tai muokkaaminen.

9. Valitse kullekin prosessointivaiheelle asianmukainen protokolla.
Kun valitset primaarivasta-aineen tai anturin, ohjelmisto tayttda asianmukaisiin kenttiin
automaattisesti oletusprotokollien tiedot. Tarkista, etta kaikille vaiheille on maaritetty oikeat
protokollat; jos se on tarpeen, valitse uusi protokolla asianmukaisesta pudotusvalikosta. Jos tiettyyn
vaiheeseen ei tarvita protokollaa, valitse sille *= = = -,

Oletusprotokollat asetetaan Reagent Setup (Reagenssiasetukset) -ndytdssa. Katso
8.2.1 - Reagenssin lisédminen tai muokkaaminen.

6 Voit lisata kohteita Protocol (Protokolla) -pudotusvalikoihin tai poistaa niissa olevia kohteita
merkitsemalla haluamasi protokollan Preferred (Ensisijainen) -kentan tai poistamalla siina olevan
merkinnan ohjelmiston Protocol Setup (Protokolla-asetukset) -naytdssa. Katso lisdtietoja
kohdasta 7.2.1 - Protokollan tiedot.

10.Jos kaytat sekventiaalista kaksoisvarjdysta, napsauta Second (Toinen) -vdlilehted ja valitse toinen
markkeri.

Tarkista ensimmaisen markkerin tapaan oletusprotokollat ja tee niihin tarvittavat muutokset.

11.Napsauta Add slide (Lisada leike).
Add slide (Lisaa leike) lisaa leikkeen, jossa nakyvat silla hetkelld Add slide (Lisaa leike) -
valintaikkunassa olevat tiedot, ja jattaa valintaikkunan auki. Taman toiminnon ansioista valittuun
tapaukseen voi lisata useita leikkeita helposti ja nopeasti.

12.Kun olet lisdnnyt tapaukseen haluamasi leikkeet, napsauta Close (Sulje).
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6.5.3 Leikkeen kopioiminen

ﬁ Leiketta ei voi kopioida, jos sen tiedoissa viitataan poistettuun protokollaan.

Olemassa olevan leikkeen kopioiminen:

1. Kaksoisnapsauta sita leikettd, jonka haluat kopioida, niin ohjelmisto ndyttaa Slide properties
(Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkunan.

2. Napsauta Copy slide (Kopioi leike).
Valintaikkuna muuttuu Add slide (Lisaa leike) -muotoon, jossa on Add slide (Lisada leike) -
painike.

2. Tarkista leikkeen tiedot ja muuta niita tarvittaessa.

3. Napsauta Add slide (Lisaa leike).

Uusi leike, mukaan lukien kaikki mahdolliset kommentit, lisatadn samaan tapaukseen kuin kopioitu leike.

6.5.4 Leikkeen muokkaaminen

Jos haluat muokata Slide setup (Leikeasetukset) -ndytossa nakyvan leikkeen tietoja, kaksoisnapsauta
sitd, niin ohjelmisto avaa Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkunan. Muuta tiedot
kohdassa 6.5.2 - Leikkeen luominen annettuja ohjeita noudattaen.

Jos muokkaat sellaisen leikkeen tietoja, jolle on jo tulostettu merkinta, tulosta uusi merkinta ennen leikkeen
prosessoimista.

6.5.5 Leikkeen poistaminen

Kun haluat poistaa leikkeen leikelistalta, napsauta sitd hiiren oikealla painikkeella Leikeasetukset-ndyton
leikelistassa ja valitse sitten alavalikon vaihtoehto Delete slide (Poista leike). Voit poistaa valitun
leikkeen myos Delete-painiketta painamalla.

6.5.6 Leikkeen manuaalinen tunnistus

Kaikille BOND-jarjestelmassa oleville leikkeille voi suorittaa tunnistuksen milloin tahansa. Napsauta [RrSsess
toimintopalkin Search (Haku) -kuvaketta avataksesi Manual ID entry (Tunnisteen syo6tto @\
manuaalisesti) -valintaikkunan.

Manual ID eniry
Select search mode:
«  Automatic Slide Reagent package

Erler the shde of reagent ID. (The shde 10 9 cats sensilive)
Chek Validabe when earvgleled.

Kuva 6-4: Manual ID entry (Tunnisteen sy6ttd manuaalisesti) -valintaikkuna
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

Jos leikkeessa on yksi- tai kaksiulotteinen viivakoodimerkinta (esimerkiksi BOND-jarjestelmassa tulostetut
merkinnat), skannaa merkinta avataksesi leikkeen Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -
valintaikkunan. Vaihtoehtoisesti voit sy6ttaa leikkeen 8-numeroisen tunnisteen, mukaan lukien alussa olevat
nollat, ja napsauttaa Validate (Vahdista).

Jos leikkeessa on aakkosnumeerinen tunniste, kirjoita kenttdan neljan merkin mittainen leikkeen tunniste
(leiketunnuksen nelja ensimmaista merkkid) ja napsauta Validate (Vahvista).

6.5.7 Leikepaneelin lisdaminen

Paneeli on ennalta maaritetty markkerijoukko vastaavine kudostyyppeineen. Paneelien avulla voit nopeasti
lisata useita leikkeitd markkereineen, joita kdytetdan yleisesti yhdessa — ks. 8.4 - Reagenssipaneeleiden

naytto.

Jos haluat lisata leikepaneelin tapaukseen, toimi seuraavasti Slide setup (Leikkeen asetukset) -
naytossa:

1. Napsauta Add panel (Lisda paneeli). Add tests from panel (Lisaa testeja paneelista) -
valintaikkuna tulee nakyviin.

2. Valitse pudotusvalikosta paneeli. Paneelin leikkeet tulevat nakyviin.
3. Sulje tarvittaessa pois joitakin leikkeitd poistamalla merkki valintaruudusta ja napsauta sitten OK.

BOND lisaa leikkeet tapaukseen.

« ISH-leikkeilld annosteluvolyymi asetetaan automaattisesti arvoon 150 pl.
« IHC-leikkeilld annosteluvolyymi asetetaan tapauksen oletusarvoon.
« Kaikissa leikkeissa valmisteluprotokolla asetetaan tapauksen oletusarvoon.

6 Paneelien avulla voidaan lisata leikkeita Single- (yksdisvarjays) tai Parallel DS- (rinnakkainen
kaksoisvarjdys) -varjaystiloihin, mutta ei Sequential DS- (sekventiaalinen kaksoisvarjays) -tilaan.
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6.5.8 Annosteluvolyymit ja kudoksen paikka leikkeessa

BOND-ohjelmistossa kullekin leikkeelle voi valita kaksi eri annosteluvolyymiasetusta. Asetus maaritetaan
Lisaa leike -valintaikkunassa (katso 6.5.2 - Leikkeen luominen). 100 ul:n asetus on tarkoitettu vain
BOND-MAX-prosessointimoduulissa kasiteltaville IHC-leikkeille; kaikille BOND-III-jarjestelmdssa
prosessoitaville leikkeille ja ISH-leikkeille (molemmissa prosessointimoduuleissa kasiteltaville leikkeille)
asetukseksi on valittava 150 pl.

Annosteluvolyymin asetus maarittda paikan, johon reagenssi annostellaan, ja siihen annosteltavan maaran
seuraavasti:

« 100 pl:n annostelua varten Covertile-laatta vedetaan taaksepdin noin leikkeen puolivaliin ja imuanturi
annostelee vasta-ainetta Covertilen-laatan paalle (noin leikkeen puolivaliin asti).

« 150 pl:n asetusta kaytettaessa Covertile-laatta peittda suurimman osan leikkeesta. Myos tassa
tapauksessa reagenssia annostellaan Covertile-laatan paalle; toiseen asetukseen verrattuna
reagenssia tulee suuremman alueen paalle.

Koska eri asetuksia kaytettdessa reagenssia annostellaan leikkeen eri kohtiin, on tarkeaa, etta kudos on
asetettu oikein. 100 pl:n annostelu sopii yleensa vain yhden naytteen varjaamiseen, ja nayte tulee asettaa
leikkeen alaosaan (merkinnasta katsoen vastakkaiseen paghan). 150 ul:n annostelua kaytettdessa leikkeelle
saa mahtumaan myos kaksi naytettd. Jos ndytteitd on vain yksi, se tulee asettaa leikkeen keskelle.
Annosteluasetuksia vastaavat naytteiden asetusalueet on esitetty Kuva 6-5. Leica BOND Plus -leikkeissa on
merkinnat, jotka ndyttdvat kudoksen oikean asetuskohdan.

100 pl 150 pl

Kaytettavissa
oleva alue

Kuva 6-5: Kudos tulee asettaa leikkeen vinoviivoilla merkitylle alueelle. Alueen koko riippuu valitusta
annosteluvolyymiasetuksesta.
Kuvan leikkeissa nakyvat alueiden rajapisteet on painettu vain Leica BOND Plus -leikkeisiin (katso
2.6.1 - Leikkeet).

BOND-prosessointimoduuli annostelee vain 150 pl:n kohtaan; jos lataat laitteeseen 100 pl:n annostelun
vaativia leikkeitd, prosessointia ei voi aloittaa.
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

Seka BOND-MAX- ettd BOND-III-laitteissa IHC-leikkeille annosteltavat vasta-ainemaarat naet Add slide
(Lisaa leike) -valintaikkunasta. Maéra on joko 100 pl tai 150 pl. ISH-leikkeille voi kdyttaa vain 150 pl:n
asetusta (molemmat laitteet), ja niita prosessoivat prosessointimoduulit kayttdvat 150 pl:n Coveritile-
laattojen ja anturien kohtia. Seuraavia antureita BOND-jarjestelma annostelee kuitenkin yli 150 pl:

« RNA-anturit: BOND-jarjestelma annostelee kahdessa vaiheessa yhteensa 220 pl, ensin 150 pl ja
sitten 70 pl

« DNA-anturit: BOND-jarjestelma annostelee kahdessa vaiheessa yhteensa 240 pl, ensin 150 pl ja
sitten 90 pl.

Pesu- ja muissa vaiheissa voidaan annostella protokollasta riippuen useita eri maaria.
Annosteluvolyymien oletusasetukset

IHC-varjaykset: BOND-MAX-laitteen asetuksissa voi jokaiselle leikkeelle haluttaessa maarittaa eri
annosteluvolyymi (150 pl tai 100 pl). Oletusasetuksia kayttaville BOND-ohjelmistossa on puolestaan kaksi
eritasoista oletusasetusta. Yksinkertaisin vaihtoehto on maarittaa koko jarjestelman kattava oletusasetus
(katso 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset). Tietyt tapaukset voi kuitenkin haluttaessa jattda taman
oletusasetuksen ulkopuolelle Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkunassa maaritettavilla tapauskohtaisilla
oletusasetuksilla (katso Tapauksen liséaminen (Kohta 6.3.3 sivulla 118)). Yksittaisten leikkeiden
annosteluvolyymi maaritetdan aina Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa (katso 6.5.2 - Leikkeen
luominen).

Jotta leikkeet voidaan prosessoida saman ajon aikana, niille on aina maaritettdva sama annosteluvolyymi
(katso 6.9 - Leikkeiden yhteensopivuus).
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6.6 Leikkeiden merkitseminen

Kaikki BOND-jarjestelmassa varjattavat leikkeet on merkittava, jotta ohjelmisto pystyy tunnistamaan ne ja
ajamaan niille oikeat protokollat. Jokaisessa BOND-jarjestelmassa luodussa leikemerkinndssa on merkinnan
tunniste (alfanumeerinen tunniste tai 1D- tai 2D-viivakoodi), jonka avulla prosessointimoduulit pystyvat
tunnistamaan sen automaattisesti. Omien tunnisteidensa lisaksi jarjestelma tunnistaa automaattisesti myos
LIS-jarjestelmissa luodut merkinnat (1D- tai 2D-viivakooditunnisteet). Edelld mainittujen tunnisteiden lisaksi
leikemerkint6ihin tulee kuitenkin lisdta myds jokin ihmisen luettavissa oleva tunnistetieto sen varalta, etta
alkuperaisen tunnisteen automaattinen tunnistus epaonnistuu. Nain voi kdyda esimerkiksi silloin, kun
tunniste on tahraantunut (katso 10.3 - Merkinnat).

Merkinnat on kiinnitettava leikkeisiin ennen kuin leikkeet ladataan laitteeseen. Varmista, etta merkinnat on
kiinnitetty oikein, jotta tunnisteen kuvantaja pystyy skannaamaan (1D- ja 2D-viivakoodit) tai kuvaamaan
niissa olevat tunnukset (alfanumeeriset tunnisteet, tiettyja asetuksia kaytettdessa myos viivakoodit).

Leikkeiden merkitsemiseen saa kayttaa vain Leica Biosystems -yhtién toimittamia, BOND-leikkeiden
merkintdlaitteeseen tarkoitettuja leikemerkintéja.

« 6.6.1 - Merkintdjen tulostus ja leikkeisiin kiinnittaminen
o 6.6.2 - Leikkeiden ja merkintéjen tunnisteet

6.6.1 Merkint6jen tulostus ja leikkeisiin kiinnittaminen

6 Jos haluat tulostaa merkinnan yhdelle leikkeelle, kaksoisnapsauta leiketta hiiren oikealla painikkeella
ja valitse Print label (Tulosta merkintd). Tassa tapauksessa ruutuun ei avaudu Print slide
labels (Tulosta leikemerkinnat) -valintaikkunaa. Maaritettyja moduuliryhmia siséltdvassa
BOND-ADVANCE-jarjestelmassa merkinta tulostetaan oletusvalinnaksi maaritellylla leikkeen
merkintdlaitteella. Muissa tapauksissa tulostukseen kaytetaan listalla ensimmaisena olevaa leikkeen
merkintalaitetta (katso 10.6.3 - Leikkeen merkintdlaitteet).

1. Kun kaikki leikkeet on valmisteltu, napsauta Slide setup (Leikeasetukset) -nayton vaihtoehtoa
Print labels (Tulosta merkinnit).

2. Voit valita yhden seuraavista tulostusvaihtoehdoista:

« All slide labels not yet printed (Kaikki tulostamattomat leikemerkinnat) — tulostaa merkinnat
kaikkien sellaisten tapausten leikkeille, joille ei ole tulostettu merkintoja.

« All slide labels not yet printed for current case (Kaikki nykyisen tapauksen tulostamattomat
leikemerkinnat) — tulostaa merkinnat kaikille nykyisen tapauksen leikkeille, joille ei ole
tulostettu merkintéja.

« Current case (Nykyinen tapaus) — tulostaa merkinnat kaikille valitun tapauksen leikkeille,
mukaan lukien jo aiemmin tulostetut merkinnat.

6 Leikemerkinnat tulostetaan niihin liittyvien tapausten luomisjarjestyksessa ja kunkin tapauksen
leikemerkinnat leikkeiden luomisjarjestyksessa.

3. Valitse tulostukseen kaytettava leikkeiden merkintalaite.

(Oletuksena valittava leikkeen merkintalaite maaritetaan yllapito-ohjelman Hardware (Laitteet) -
naytossa — katso 10.6.2 - Moduuliryhmat.)
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

4. Napsauta Print (Tulosta).

@ Kun leikemerkinnan tulostus on kdynnissg, Slide setup (Leikkeen g

asetukset) -nayton vasemmassa alakulmassa nakyy vilkkuva kuvake.

5. Varmista, ettd huurtuneesta leikkeesta merkinnan kiinnityskohdaksi valittu alue on taysin kuiva
(pelkka paperipyyhkeelld kuivaaminen ei riitd), ja kiinnitd merkinta tdman jalkeen siten, etta leikkeen
tunniste tulee samaan linjaan leikkeen paan kanssa.

6. Pida huoli, etta kiinnitat merkinnan leikkeen oikealle puolelle (kudoksen puolelle) ja oikein pain.
Varmista, ettd merkinta tulee taysin suoraan, silld prosessointimoduuli ei pysty kuvaamaan vinossa
olevia merkintdja asianmukaisesti.

000055 Oikein: '_E][I[][IEE Vaarin: Vaarin:
e Merkinta on N Merkinta . Merkinta on
suorassa ja : ' ulottuu == vinossa.
/ leikkeen X leikkeen x
reunojen reunojen
sisapuolella. yli.

Kuva 6-6: Kiinnitd merkinta leikkeen reunojen sisdpuolelle.

limapinnasta jaa paljaaksi, merkinta (ja leike) voi takertua Covertile-laattaan tai

2 Varmista, etta kaikki merkinnan osat tulevat leikkeen reunojen sisapuolelle. Jos osa
laitteen osiin, minka seurauksena leike voi vahingoittua.

6.6.1.1 Ulkoinen parafiinin poisto ja epitooppien palautus

Jos haluat suorittaa ulkoisen parafiinin poiston ja epitooppien palautuksen BOND-jarjestelman ulkopuolella,
se tulisi suorittaa leikkeiden merkitsemisen jalkeen. Talléin leikkeet eivat paase kuivumaan sillad aikaa, kun
syotat leikkeiden tiedot ja valmistelet BOND-jarjestelman vaaditun protokollan/protokollien ajoa varten.
Leikkeet voivat myods kastua edellisten vaiheiden aikana, minka jalkeen niiden merkitseminen saattaa olla
vaikeaa.

Jos jarjestelman ulkopuolella suoritettavaan parafiinin poistoon kaytetaan ksyleenid, valta koskettamasta
merkintaa, jotta siihen ei tule tahroja. Voit myds suojata merkinndn BOND-leikemerkinndn suojuksella
ennen toimenpidetta.

Pitkdkestoinen liotus tai ksyleenille ja/tai vedelle altistaminen voi heikentaa leikkeen tunnistemerkinnan
limaa. Merkintdja ei tule upottaa ksyleeniin tai veteen yli kymmenen minuutin ajaksi. Jos poistat parafiinin
tai suoritat dehydroinnin jarjestelman ulkopuolella, varmista, etta reagenssin taso pysyy leikkeessa olevan
merkinnan alapuolella.

ksyleenia, ksyleenin korvikkeita tai muita laitteen osia mahdollisesti vahingoittavia ja

/_\ K&yta BOND-III- ja BOND-MAX-laitteissa vain BOND Dewax Solution. Alé kayta
nestevuotoja aiheuttavia reagensseja.
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6.6.2 Leikkeiden ja merkintdjen tunnisteet

Aina kun luot uuden leikkeen, BOND-jarjestelma luo sille ainutkertaisen “Slide ID:n" eli leikkeen
tunnisteen. Sen lisaksi BOND-jarjestelma luo myds kaikille sen kautta tulostetuille leikemerkinnéille
ainutkertaisen “Label ID:n", eli merkinnan tunnisteen.

Yllapito-ohjelman kautta merkinnan tunnisteen voi maarittaa alfanumeeriseksi tunnisteeksi, 1D-
viivakoodiksi tai 2D-viivakoodiksi (katso 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset).

LIS-leikkeen tunniste voidaan maarittaa LIS-jarjestelmassa. Se voi olla mika tahansa numeroyhdistelma
(enintaan 8 numeroa).

6.6.2.1 Viivakoodimerkinnan tunnukset

Viivakoodimerkinndissa kaytetaan 4-ASCII-merkkeja tunnisteena, joka on kyseisen leikkeen ainutkertainen
tunniste.

6.6.2.2 Aakkosnumeeriset tunnistemerkinnat

Aakkosnumeerisissa merkinndissa ensimmaiset nelja merkkia muodostavat ainutkertaisen "leikkeen
tunnisteen”, joka sisaltda tulostetussa merkinnédssa lisdksi ylimaaraisen kolmen merkin loppuliitteen, joka
auttaa varmistamaan leikkeen oikean tunnistamisen kuvantamisen aikana.

6.6.2.3 Leikkeen tunnistus

Kun leikkeisiin on lisatty merkinnat, jarjestelma pystyy tunnistamaan ne kaikista leikkeiden
varjdyskokoonpanojen sijainneista (katso 5.1.5.1 - Automaattinen leikkeiden tunnistus).

Sellaiset leikkeet, joissa ei ole leikkeiden tunnisteita tai joissa olevia tunnisteita ei kyeta tunnistamaan, on
tunnistettava jarjestelmaa varten manuaalisesti (katso 5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen tunnistus
laitteessa) tai varustettava jarjestelman omilla merkinnéilla ja sen jalkeen kuvannettava uudelleen.

Leikemerkinndissa nakyvat tiedot maaritetdan yllapito-ohjelman Label configuration (Merkinndn
maaritys) -nadytossa (katso 10.3 - Merkinnat).
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

6.7 Slide Setup Summary (Leikeasetusten yhteenveto) -
raportti

Slide Setup Summary (Leikeasetusten yhteenveto) -raportissa on listattu kaikki sen luomishetkelld Slide
setup (Leikeasetukset) -nayttoon maaritetyt (kaikkien tapausten) leikkeet. Leikkeet on ryhmitelty
tapausten mukaan ja mukana on muun muassa markkerien ja annosteluvolyymien tiedot. Raportin
alalaidassa on lisaksi luettelo kaikista raporttiin sisaltyviin leikkeisiin kdytetyista reagensseista ja
reagenssijarjestelmista testimadrineen. BOND-MAX- ja BOND-III-laitteiden tiedot on luetteloitu erikseen.

Raportti helpottaa ajojen valmistelua. Sen avulla pystyt esimerkiksi tarkastamaan, etté alustoihin asetetut
leikkeet ovat yhteensopivia (katso 6.9 - Leikkeiden yhteensopivuus). Lisaksi raportista nakee mita
reagensseja ja reagenssijarjestelmia ajoa varten on ladattava.

Slide Setup (Leikeasetukset) -raportti luodaan napsauttamalla vaihtoehtoa Slide setup summary
(Leikeasetusten yhteenveto).

Raportissa on seuraavat leikekohtaiset tiedot:

Kentta Kuvaus
Slide ID (Leikkeen BOND-jérjestelma luo jokaiselle leikkeelle ainutkertaisen tunnisteen.
tunniste)
Marker (Markkeri) Markkeri tai markkerit
Staining protocol Varjaysprotokolla
(Varjaysprotokolla)
Preparation Valmisteluprotokolla (jos kaytossa)
(Valmistelu)
HIER HIER-protokolla (jos kaytossa)
Enzyme (Entsyymi) Entsyymipalautusprotokolla (jos kaytossad)
Dispense volume Annosteltavan reagenssin volyymi (katso 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja
(Annosteluvolyymi) kudoksen paikka leikkeessd)
Tissue type Testikudos, positiivinen kontrollikudos tai negatiivinen kontrollikudos
(Kudostyyppi)

0 Sekventiaalisella kaksoisvarjayksella varjattaville leikkeille raportin Marker (Markkeri)-, protokolla-,
Dispense volume (Annosteluvolyymi)- ja Tissue type (Kudostyyppi) -sarakkeissa on kaksi rivid. Tiedot on
ryhmitelty leiketunnisteiden mukaan.

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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6.8 Ennalta maarittamattomien leikkeiden ja tapausten
luominen

Oletusasetuksia kaytettdessa BOND-jarjestelma on madritetty niin, ettd uusia tapauksia ja leikkeita voi luoda
sen jalkeen, kun leikealusta on ladattu prosessointimoduuliin ja leikkeet on kuvannettu.

Alla ensimmaisena nakyvassa osiossa on annettu tallaista ennalta maarittamattdman tapauksen ja leikkeen
luomista koskevat ohjeet. Toisessa osiossa on puolestaan kuvattu vaihtoehtoiset asetukset, joilla tydnkulun
voi jarjestaa muilla tavoilla.

« 6.8.1 - Uusien tapauksien ja/tai leikkeiden luominen kuvantamisen jalkeen

« 6.8.2 - Leikkeen laitteessa suoritettavan tunnistuksen vaihtoehdot

6.8.1 Uusien tapauksien ja/tai leikkeiden luominen kuvantamisen jalkeen

Suorita alla esitetty toimenpide, kun haluat lisata tapaus- tai leiketietoja sen jalkeen, kun leikkeet ovat
ladattu ja kuvannettu (toimenpide on samankaltainen kuin kohdassa 5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen
tunnistus laitteessa esitetty avustettu tunnistustoimenpide, mutta tassa tapauksessa siihen sisaltyy myds
uusien tapauksien ja leikkeiden luominen).

1. Lataa leikkeet prosessointimoduuliin tavalliseen tapaan.
Sinun ei tarvitse luoda tapauksia tai leikkeitd BOND-ohjelmistossa tai tulostaa merkint&ja.
Jarjestelman omien merkinttjen liséksi voit kdyttad myds kasin kirjoitettuja tai kolmannen tahon
luomia merkintéja.

2. Jarjestelma ei tunnista leikkeitd, joten merkintéjen kuvat nakyvat naytossa.

—
lﬂ_l:ﬁgél'!nﬂl
o)

Figure 6-7: Leiketta ei tunnistettu automaattisesti

Jos tiettyyn prosessointimoduuliin ladattujen leikkeiden merkintakuvat eivat toistuvista yrityksista
huolimatta ilmesty nayttoon, kyseinen prosessointimoduuli on saatettu maarittaa siten, etta leikkeiden
merkintdja ei kuvata. Mikali ndin on, ota yhteys asiakastukeen taman prosessointimoduulin asetuksen
uudelleenmaaritysta varten.
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6. Leikeasetukset ( BOND -ohjain)

3. Avaa Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkuna yhdella seuraavista tavoista:

i. Kaksoisnapsauta leikkeen kuvaa.
ii. Napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse alavalikosta Select manually (Valitse
manuaalisesti).

Nayttoon ilmestyy Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkuna, jossa on aktiiviset
New case (Uusi tapaus)- ja New slide (Uusi leike) -painikkeet (Figure 6-8 kohteet 1 ja 2).

o
Gase I Elidurs Slidw trarg: 3
I T wE— 3
LS - W Seampk Shusty, Akast ':“wl-'i e o |
AN GEREe Ko Faal P —
T ok |
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FANMIGHI Bt Faanall Ak Sk PP |
CEID - 4060 Ctihi Hary ey Gty
CEME-ZHAN A KeinFaansl  OWeYea oo
CERIED . AT — Liz En RO . |
EE1E4 - EEM Cutsm Pay e m B
e )
CSOTM -PRPIN LS Suranss kK ﬂ
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Figure 6-8: Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkuna, jossa on leikkeen tila -ruutu

0 Joissakin laboratorioissa New case (Uusi tapaus) -painike tai seka New case (Uusi tapaus)- ettd New slide
(Uusi leike) -painikkeet saattavat olla poissa kaytosta, katso 6.8.2 - Leikkeen laitteessa suoritettavan
tunnistuksen vaihtoehdotLeikkeen laitteessa suoritettavan tunnistuksen vaihtoehdot.

Aktiivinen leike nakyy leikealustassa korostettuna (kohde 3).

Ikkunassa nakyy valittu leikemerkintd suurennettuna (kohde 4), mika helpottaa leikkeiden
tunnistamista. Kun pidat kohdistinta oikeassa ruudussa nékyvan leikkeen paalla, saat kyseisen
leikkeen merkinnan nakyviin vieldkin suuremmassa muodossa.

Ikkunan vasemmassa ruudussa on lista, jossa nakyvat kaikki nykyisiin leikkeisiin liittyvat tapaukset.
Oletusasetuksia kaytettdessa listalla nakyvat vain sellaiset tapaukset, joihin kuuluville leikkeille on
tulostettu merkinnat (asetuksia muuttamalla saat nakyviin myos sellaiset tapaukset, joiden leikkeille
ei ole tulostettu merkint6ja, katso 6.8.2.2 - Ulkoisten leikkeiden merkinnat).

Keskimmaisessa ruudussa nakyvat kaikki sellaiset vasemmassa ruudussa valittuun tapaukseen
maaritetyt leikkeet, joita ei vield ole yhdistetty prosessointimoduulilla kuvannettuihin leikkeisiin.
Oletusasetuksilla myos talla listalla ndkyvat vain sellaiset leikkeet, joille on tulostettu merkinnat.
Asetuksia muuttamalla ruutuun saa kuitenkin nakyviin myés kaikki muut tapaukseen maéaritetyt
leikkeet.
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0 Varmista, etta valitset oikean merkinnan kuvan. Jos valitset vaaran kuvan, télla voi olla vaikutusta leikkeisiin.

4.

Luo uusi tapaus napsauttamalla New case (Uusi tapaus) (kohta 1).
Luo valitulle leikkeelle uusi tapaus tavalliseen tapaan (katso 6.3.3 - Tapauksen lisddminen).

Kun olet napsauttanut Add case (Lisaa tapaus) -valintaikkunan vaihtoehtoa OK, valitse luomasi
uusi tapaus Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunan tapauslistalta.

Jos haluat luoda luomaasi tapaukseen uuden leikkeen, napsauta New Slide (Uusi leike) (kohta 2).
Taman jalkeen ruutuun avautuu Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna.

Luo oikeasta ruudusta valitulle fyysiselle leikkeelle uusi leike ohjelmassa tavalliseen tapaan (katso
6.5.2 - Leikkeen luominen).

Kun uusi leike on lisdtty, se nakyy valintaikkunan keskimmaisessa ruudussa (uuden tapauksen ollessa
valittuna vasemmassa reunassa olevassa tapauslistassa).

Varmista, etta oikea merkintakuva on edelleen valittuna oikeassa ruudussa, ja napsauta sitten Insert
(Lisaa) yhdistadksesi sen keskimmaisessa ruudussa nakyvaan leikkeeseen.

Leike haviaa keskimmaisesta ruudusta, ja sen oikealla puolella olevassa ruudussa nakyvan
merkintdkuvan tilalle vaihtuvat hetki sitten uutta leiketta varten jarjestelmaan syéttamasi tiedot.

Jos yhdistat leikkeet vaarin, voit perua taman vaiheen valitsemalla leikkeen oikeanpuolisessa
ruudussa ja napsauttamalla Remove (Poista).

Leike voidaan nyt prosessoida tavalliseen tapaan.
Toista uusien tapausten ja leikkeiden luomistoimenpide kaikille leikealustaan jaaneille leikkeille.
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6.8.2 Leikkeen laitteessa suoritettavan tunnistuksen vaihtoehdot

Yllapito-ohjelman asetusten kautta on mahdollista sallia ja toteuttaa erilaisia leikkeen tunnistuksen
tyonkulkuja. Tydnkulkua voi muokata ottamalla kdyttéon tai poistamalla kaytosta haluamansa Slide
identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunan vaihtoehdot.

6.8.2.1 Ennalta maarittamattomien tapausten ja leikkeiden luomisen rajoittaminen tai
esto

Oletusasetuksilla BOND-jarjestelmaan voi ladata myos sellaisia leikkeita, joita ei ole luotu BOND-
ohjelmistossa (tai tuotu LIS-jarjestelmastd), ja silla voi luoda tapaukset ja leikkeet vasta sen jalkeen, kun
leikkeet on kuvannettu Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunan kautta.
Vaihtoehtoisesti voit estad tapausten luomisen edella mainitulla tavalla (mutta sallia silti leikkeiden luomisen
olemassa oleviin tapauksiin) tai kaikkien leikkeiden lataamisen jalkeen tapahtuvan leikkeiden (ja tapausten)
luomisen. Asetuksesta riippuen jarjestelma poistaa kaytosta Slide identification (Leikkeen tunnistus)
-ndytdn New case (Uusi tapaus) -painikkeen tai saman ndyton New case (Uusi tapaus)- ja New
slide (Uusi leike) -painikkeet (katso Figure 6-8).

Voit rajoittaa ennalta maarittamattdmien tapausten ja leikkeiden luomista koskevia vaihtoehtoja yllapito-
ohjelman Laboratory configuration (Laboratoriomaaritykset) -naytossa (katso 10.5.2 - Tapauksen
ja leikkeen asetukset).
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6.8.2.2 Ulkoisten leikkeiden merkinnat

BOND-jérjestelmassa on asetukset, joilla voit maarittda, onko kaikille leikkeille tulostettava merkinnat
BOND-jarjestelmassa ennen niiden prosessointia vai ei. LIS-leikkeille ja muille leikkeille on erilliset asetukset.

Muiden kuin LIS-leikkeiden oletusasetus edellyttda, ettd merkinnat tulostetaan BOND-jarjestelmdssa ennen
leikkeiden prosessointia. Tama tarkoittaa, etta jos fyysiselle leikkeelle ei ole tulostettu merkintda BOND-
jarjestelmassa, sita ei yhdistetd automaattisesti sille ohjelmistossa luotuun leikkeeseen (vaikka leikkeilla olisi
samat tunnisteet). Lisaksi leikkeita ei voi yhdistad manuaalisesti Slide identification (Leikkeen
tunnistus) -valintaikkunassa, koska siind naytetaan vain sellaiset leikkeet, joilla on tulostettu merkinta
BOND-jarjestelmassa. Tasta seuraa, ettd jos laboratoriossa ei kaytetd BOND-LIS-integrointia, tdma
oletusasetus on kytkettava pois paalta. Tama koskee esimerkiksi sellaisia laboratorioita, joissa merkinnat
kirjoitetaan kasin tai tulostetaan jonkin kolmannen tahon laitteella. Kun asetus on poissa paaltd, kaikki
jarjestelmassa luodut leikkeet voi yhdistda prosessointimoduuliin ladattuihin leikkeisiin riippumatta siitd,
onko niiden merkinnat luotu BOND-jarjestelma vai ei.

Jos haluat prosessoida muualla kuin BOND-jarjestelmassa tulostetuilla merkinndilla merkittyja leikkeita,
poista valinta ylldpito-ohjelman Laboratory (Laboratorio) -ruudun kohdasta Force printing in BOND
(Pakota tulostus BOND-jarjestelmassa) (katso 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset). (Sinun ei
tarvitse poistaa Force printing in BOND (Pakota tulostus BOND-jarjestelmassa) -kohdan valintaa
vain ennalta maarittdmattéman tapauksen ja leikkeen luomista varten, katso 6.8.2.1 - Ennalta
maarittdmattdmien tapausten ja leikkeiden luomisen rajoittaminen tai esto.)

Sellaisia leikkeita, jotka on luotu ennen kuin valinta poistettiin Force printing in BOND (Pakota
tulostus BOND-jarjestelmadssa) -kohdasta, ei voi prosessoida ennen kuin niille on tulostettu uudet
merkinnat. Valinnan poistamisen jalkeen luoduille leikkeille ei sen sijaan tarvitse tulostaa uusia merkint6ja.

LIS-leikkeiden oletusasetus ei edellyta, ettd merkinnat tulostetaan BOND-jarjestelmassa ennen leikkeiden
prosessointia. Tama tarkoittaa, etta LIS-jarjestelmassa tulostetuilla merkinnailla varustetut leikkeet voidaan
yhdistad automaattisesti BOND-ohjelmistossa luotuisiin (LIS-jarjestelmasta tuotuihin) leikkeisiin. Jos
automaattinen tunnistus ei onnistu (esimerkiksi leikemerkinnan ollessa tahraantunut), voit yhdistaa leikkeet
my®ds manuaalisesti Slide identificiation (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunassa. Jos tyénkulussasi on
LIS-jarjestelmassa luotuja leikkeita, mutta haluat tésta huolimatta, etta kaikkiin leikkeisiin tulee BOND-
jarjestelmassa tulostetut merkinnat, voit kytkea tulostuksen edellyttavan asetuksen paalle (valitse yllapito-
ohjelman LIS-ndyton kohta Force LIS printing in BOND (Pakota LIS-tulostus BOND-
jarjestelmassd), katso 10.2 - LIS).
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6.9 Leikkeiden yhteensopivuus

Jotta kaikki ajovaiheet kyetaan synkronisoimaan kaikille alustassa oleville leikkeille optimaaliset tulokset
varmistavalla tavalla, BOND-ohjelmisto suorittaa niille alustan lataamisen yhteydessa
yhteensopivuustarkistuksen. Yhteensopimattomiksi havaitut leikkeet ndytetdan System status
(Jarjestelman tila) -ndytdssa. Sinun on poistettava tai vaihdettava kaikki yhteensopimattomat leikkeet
ennen kuin kdynnistdt ajon (katso 5.1.4.4 - Yhteensopimattomien leikkeen asetusten korjaaminen).

Rutiinileikkeet ovat yhteensopivia, kun

« niille on maaritetty sama annosteluvolyymi

« niille on maaritetty sama varjadysmenetelma (yksdisvarjdys, rinnakkainen kaksoisvarjays tai
sekventiaalinen kaksoisvarjays)

« niille on maaritetty sama valmisteluprotokolla

« niille on maaritetty sama varjaysprotokolla, ja

« niille on maaritetty yhteensopivat esikasittelyprotokollat ja/tai ISH-denaturointi- ja
hydridisointiprotokollat.

Protokollien yhteensopivuussdannot on esitetty kohdassa 6.9.1 - Protokollien yhteensopivuus.

Leikkeiden asetusraporteissa (6.7 - Slide Setup Summary (Leikeasetusten yhteenveto) -raportti ) on
lisatietoja, jotka auttavat sinua varmistamaan, etté lisdat kuhunkin alustaan vain keskenaan yhteensopivia
leikkeita.

6.9.1 Protokollien yhteensopivuus

Varjays- ja valmisteluprotokollille on hyvin tiukat yhteensopivuusvaatimukset, kun taas kuumennus- ja
entsyymiesikasittelyjen protokollille ja ISH-denaturoinnin ja -hybridisaation protokollille vaatimukset ovat
hieman joustavammat. Jalkimmaisten protokollien yhteensopivuus riippuu prosessointimoduulin tyypista
(BOND-III tai BOND-MAX), protokollien vaiheiden maarasta ja kestoista seka vaiheisiin sisaltyvista
laitetiloista. Protokollat ovat yhteensopivat, jos kaikki ylla mainitut tekijat ovat samat tai niissa on vain
sellaisia protokollien valisia eroja, joihin jarjestelma pystyy mukautumaan varjdyksen laatua vaarantamatta.

Alla on lueteltu kaikkien protokollatyyppien yhteensopivuussaannét.

6.9.1.1 Varjaysprotokollat

Kaikille ajoon sisaltyville leikkeille on kaytettdva samaa varjaysprotokollaa. Sekventiaalisen
kaksoisvarjayksen ajoissa kaikille leikkeille on kaytettdva samoja kahta varjdysprotokollaa, jotka on lisaksi
ajettava kaikille leikkeille samassa jarjestyksessa.

IHC- ja ISH-leikkeita ei voi ajaa samoissa yksoisvarjaysajoissa, mutta sekventiaalisen kaksoisvarjayksen
ajoissa se on mahdollista.

6.9.1.2 Valmisteluprotokollat

“Dewax” ("parafiinin poisto”)- ja “sintraus ja parafiinin poisto” -protokollat:

1. kaikkiin alustalla oleviin leikkeisiin on sovellettava samaa protokollaa
2. leikkeitd, joihin sovelletaan valmisteluprotokollaa, ei saa sekoittaa sellaisten leikkeiden kanssa, joihin
ei sovelleta valmisteluprotokollaa.
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6.9.1.3 Esikasittelyprotokollat

Sellaiset leikkeet, joille suoritetaan vain kuumennuksella tapahtuva palautus, entsyymipalautus tai
kuumennuksella tapahtuva- ja entsyymipalautus, ilman minkaanlaista epitooppien palautusta, voidaan
kaikki ajaa samalla kerralla. Nykyisen esikasittelyn ulkopuolelle jaaville leikkeille suoritetaan hydrataatio
muille leikkeille suoritettavan protokolla-ajon aikana (kuumennuksella tapahtuva palautus toteutetaan aina
ennen entsyymeilld tapahtuvaa palautusta).

Vastaavasti myos kaikki ISH-denaturoinnin ja hybridisaation sisaltavalla prosessoinnilla tai ilman niita
prosessoitavat leikkeet ovat yhteensopivia.

Alla on esitetty samantyyppisten esikasittelyprotokollien yhteensopivuusehdot.

Lampoesikasittelyhoito

1. Lampdesikasittelyprotokollat ovat yhteensopivia, jos

i. niihin sisaltyy sama maara vaiheita

ii. kaikissa protokolliin sisaltyvissa vaiheissa on saman inkubaatioajat, pois lukien kuumennuksen
sisaltavat vaiheet.
Jos samanaikaisten kuumennusvaiheiden kestot eroavat toisistaan, jarjestelma toteuttaa
kaikille leikkeille ndista pisimpaan kestavan kuumennusvaiheen. Leikkeitd, joiden alkuperdinen
kuumennusaika on tata pisinta aikaa lyhyempi, kuumennetaan kuitenkin vain protokollan
mukainen lyhyempi aika, minka jalkeen niiden kuumentimet sammutetaan.

2. Samaan ajoon voi sisallyttaa epitooppien palautusaineita 1 ja 2 kayttavia protokollia.

3. Lampoesikasiteltdvia leikkeita voi ajaa sellaisissa alustoissa, joihin sisdltyy myos ilman
lampoesikasittelya prosessoitavia leikkeitd; lampdesikasittelyn ollessa kdynnissa sen ulkopuolelle
jaavia leikkeita hydratoidaan epitooppien palautusaineella ympariston lampétilassa.

Entsyymiesikdsittely

1. Entsyymiesikasittelyprotokollat ovat yhteensopivia, jos

i. niihin sisaltyy sama maara vaiheita
ii. kaikissa vaiheissa on samat inkubaatioajat.

2. Yhdessa ajossa voidaan kayttda enintadn kahta erityyppista entsyymia.

3. Entsyymiesikasiteltavia leikkeita voi ajaa sellaisissa alustoissa, joihin sisaltyy myés ilman
entsyymiesikasittelya prosessoitavia leikkeitd; entsyymiesikasittelyn ollessa kaynnissa sen
ulkopuolelle jadvia leikkeita hydratoidaan ymparistdn lampotilassa.

6.9.1.4 ISH-denaturaatio

Denaturaatioprotokollat ovat yhteensopivia, jos niissa on samat inkubaatioajat. Inkubointildmpdtilojen ei
tarvitse olla samat.

6.9.1.5 ISH-hybridisaatio

Hybridisaatioprotokollat ovat yhteensopivat, jos niissa on samat inkubaatioajat. Inkubointilampdtilojen ei
tarvitse olla samat.
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Protokollat ( BOND -ohjain)

BOND-ohjelmistossa protokollat ovat kudosten varjaamiseen suoritettavien vaiheiden sarjoja.

BOND-jarjestelman mukana toimitetaan valikoima valmiiksi maaritettyja Leica Biosystems-protokollia. Niita
ei voi muokata tai poistaa. Leica Biosystems on testannut ja validoinut kaikki valmiiksi maaritetyt protokollat
tarkkaan. Oikein kaytettyna niilld saa aikaan erinomaisia varjaystuloksia. Halutessasi voit kuitenkin luoda
my6s omia protokollia. Kun haluat luoda uuden protokollan, sinun on ensin kopioitava olemassa oleva
protokolla ja muokattava sitten sen tiedot haluamaasi muotoon.

A

Olet itse vastuussa siitd, etta kaikki jarjestelmassa luodut ja muokatut kayttéjaprotokollat
testataan ja validoidaan asianmukaisten vaatimusten mukaisella tavalla. Vaikka
protokollan pystyy luomaan ja tallentamaan, se ei valttamatta tarkoita, etta se sopii
suunnittelemaasi tarkoitukseen.

Tama luku sisaltaa seuraavat osiot:
« 7.1 - Protokollatyypit

« 7.2 -Protocol setup (Protokolla-asetukset) -naytto

« 7.3 - Uusien protokollien luominen

« 7.4 - Kayttdjaprotokollien muokkaaminen

« 7.5 - Protokollaraportit

« 7.6 - Valmiiksi maaritetyt protokollat
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7.1 Protokollatyypit

Kaikki BOND-jarjestelmassa olevat protokollat ovat jotakin “tyyppia”. Tyyppi maarittyy protokollalla
suoritettavien toimenpiteiden mukaan. Yksi protokollatyyppi ovat esimerkiksi varjayksen HIER-protokollat ja
toinen sekventiaaliset IHC-kaksoisvarjaysprotokollat.

« Protokollan tyyppia ei voi muuttaa.

« Kun haluat luoda uuden protokollan, sinun on ensin kopioitava sen kanssa samaa tyyppia oleva
protokolla. Taman jdlkeen voit muokata protokollan vaiheita haluamallasi tavalla.

Yleensa yhden prosessointiajon aikana ajetaan useita erityyppisia leikkeiden valmisteluun, markkereiden
lisadmiseen ja kromogeenin lisddmiseen tarvittavia protokollia. Kaksoisvarjdysta varten sekvensseja ja
niissa kaytettavia protokollia on yleensa muokattava.

« 7.1.1-Varjaysmenetelmat
o 7.1.2 - Protokollasekvenssit

7.1.1 Varjaysmenetelmat

Kaksoisvarjdayksessa yhteen leikkeeseen kdytetadn kahta eri markkeria ja kromogeenia. BOND -
jarjestelmassa on kaksi kaksoisvarjdgysmenetelmaa: sekventiaalinen kaksoisvarjdys, jossa kaksi markkeria
lisatadn naytteeseen perakkaisessa jarjestyksessa ja kummallekin on oma erillinen varjaysprotokolla; ja
rinnakkainen kaksoisvarjdys, jossa markkerit sekoitetaan yhteen ja lisatdan ndytteeseen kerralla, yhdessa
varjaysprotokollassa.

Protokollan luomisessa ja muokkaamisessa yksoisvarjays kasitelladn sekventiaalisen kaksoisvarjdayksen
erikoistapauksena.

Jokaiselle varjaysprotokollalle maaritetadn oma “staining method” (“varjdysmenetelma”) -asetus, joka
ilmoittaa, kaytetadnka sitd yksois- vai kaksoisvarjaykseen. "Sequential double stain” ("Sekventiaalinen
kaksoisvarjdys”) -tyyppisille protokollille on seuraavat kolme “staining method” ("vérjaysmenetelma”) -
asetusvaihtoehtoa:

« Single (Yksittdinen): kaytetaan yksin ja vain yhden markkerin lisdamiseen.
« First (Ensimmainen): kaytetadn sekventiaalisen kaksoisvarjayksen ensimmaisena protokollana.
« Second (Toinen): kdytetadn sekventiaalisen kaksoisvarjdyksen toisena protokollana.

Kaikkien valmiiksi madritettyjen kaksoisvarjaysprotokollien varjaysmenetelmaksi on maaritetty "Single”
("Yksois-"). Tata madritysta ei voi muuttaa. Kaikissa kayttajan itse luomissa sekventiaalisissa
kaksoisvarjdysprotokollissa varjdysmenetelmaksi voi sen sijaan vaihtaa jonkin ylla esitetyista
vaihtoehdoista. Kayttajaprotokollan maaritystda muuttamalla voit esimerkiksi kdyttda samaa protokollaa
vuorotellen seka yksdisvarjaykseen ettd kaksoisvarjayksen ensimmaisena protokollana.

"Parallel double stain” ("Rinnakkainen kaksoisvarjdys”) -tyyppisille protokollille voi valita vain “Parallel DS”
("Rinnakkainen kaksoisvarjays”) -varjdysmenetelman.

Jos rinnakkaiseen kaksoisvarjaykseen ei voi kayttda tai kopioida siihen soveltuvaa valmiiksi maaritettya
rinnakkaisen kaksoisvarjayksen protokollaa, yksoisvarjaysprotokollaa muokkaamalla voit liséta siihen toisen
kromogeenin ja muut vaaditut lisdreagenssit. Lisdreagenssit voi ladata avoimissa sailidissa.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty protokollatyypit ja vérjdysmenetelmat.

Type (Tyyppi)

Varjadysmenetelma

Kuvaus

Varjays IHC Staining (IHC- Single (Yksittdinen) Yksdisvarjayksen yhden vasta-
varjays) aineen detektioon kaytettava
rotokolla.

Single and Sequential P

double staining First (Ensimmadinen) Kaksoisvarjayksen ensimmaisen

(Yksdisvérjdys ja vasta-aineen detektioon

kaksoisvarjays) Second (Toinen) Kaksoisvarjayksen toisen vasta-
aineen detektioon kaytettdva
protokolla.

IHC Staining (IHC- Parallel DS Kaksoisvarjayksen vasta-

varjays) (Rinnakkainen ainesekoitusten detektioon

. kaksoisvarjays) kaytettava protokolla.

Parallel double staining

(Rinnakkainen

kaksoisvarjays)

ISH Detection (ISH- Single (Yksittdinen) Yksoisvarjayksen yhden anturin

detektio) detektioon kaytettava protokolla.

Single and Sequential First (Ensimmainen) Kaksoisvarjdyksen ensimmaisen

double staining anturin detektioon kaytettava

(YksGisvarjays ja protokolla.

sekventiaalinen Second (Toinen) Kaksoisvarjayksen toisen anturin

kaksoisvarjays) detektioon kaytettiva protokolla.

ISH Detection (ISH- Parallel DS Kaksoisvarjayksen

detektio) (Rinnakkainen sekoiteantureiden detektioon

kaksoisvarjays kaytettava protokolla (talla

Parallel double staining 18ys) Y s p i ( .

. . hetkelld jarjestelmassa ei ole
(Rinnakkainen el s .
KaksoiSvAria tahan luokkaan kuuluvia

aksoisvarjys) protokollia).
Esivarjays Preparation (Valmistelu) | Ei saatavilla Poista parafiini leikkeesta tai
BOND-III ja sintraase (kudoksen
BOND-MAX kiinnittymisen varmistamiseksi) ja
poista sitten parafiini kudoksesta.
Lampdesikasittelyhoito | Ei saatavilla Epitooppien palautus Iammodn
avulla
Entsyymiesikasittely Ei saatavilla Epitooppien palautus entsyymien
avulla
ISH-denaturaatio Ei saatavilla ISH:n DNA:n
denaturaatioprotokollat
ISH-hybridisaatio Ei saatavilla ISH:n hybridisaatioprotokollat
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7.1.2 Protokollasekvenssit

Yleensa jokaiselle leikkeelle suoritetaan sekvenssi, johon siséltyy useita erityyppisia protokollia. Sekvenssiin
sisaltyvat asianmukaiselle kudokselle, markkerille ja yleisiin laboratoriotoimenpiteisiin vaadittavat
valmistelu-, epitooppien palautus-, denaturointi-, hybridisointi- ja varjaysprotokollat. Nama sekvenssit voi
maarittaa kullekin leikkeelle erikseen leikkeiden luomisen yhteydessa (katso 6.5.2 - Leikkeen luominen).
Halutessa BOND-ohjelmistoon voi kuitenkin maarittaa myos oletusprotokollat. Niiden avulla pystytaan
luomaan nopeasti sellaisia leikkeitd, joihin ei vaadita erikseen maaritettyja protokollia.

« Voit maarittaa koko yllapito-ohjelman BOND-jarjestelmaa koskevan, oletuksena kaytettavan
valmisteluprotokollan (esim. *Dewax, eli parafiinin poisto) (katso 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen
asetukset).

« Kaikkien muiden protokollatyyppien oletusasetukset maaritetadn kullekin markkerille Reagent
setup (Reagenssiasetukset) -naytossa (katso 8.2.1 - Reagenssin liséaminen tai muokkaaminen).

Maarittamalla sopivat oletusprotokollat voit minimoida yksittaisten leikkeiden valmisteluun kuluvan ajan. Jos
se on tarpeen, voit silti muuttaa yksittaisten leikkeiden protokollia leikkeiden luomisen yhteydessa.

BOND-ohjelmisto asettaa sekvenssiin sisdltyvien protokollien ajojarjestyksen automaattisesti. Ajojarjestys
on esitetty alla olevassa taulukossa. Protokolliin ei sisélly anturien annosteluja ja poistoja, silla jarjestelma
suorittaa myds ne automaattisesti.

Jarjestys Protokolla (tai anturi) IHC tai Kommentit
ISH
1 Preparation (Valmistelu) Molemmat | Valinnainen kemikaalivaiheita edeltava
laitteessa suoritettava parafiinin poisto.

2 HIER Molemmat | Useimmille leikkeille ajetaan joko HIER-
(kuumennuksella tapahtuva tai EIER-protokolla. Tietyissa
epitooppien palautus) tapauksissa ajetaan molemmat tai ei

3 EIER (Enzyme-Induced Molemmat | kumpaakaan.
Epitope Retrieval)

(entsyymeilla tapahtuva
epitooppien palautus)

4 Anturin kayttd ISH Kayttdja ei suorita tata valintaa. BOND-
jarjestelma valitsee asianmukaisen
protokollan automaattisesti.

5 -denaturaatio ISH DNA-antureiden
denaturaatioprotokollat.

DNA-antureissa on aina kaytettava
denaturaatiota.

6 -hybridisaatio ISH ISH:lle vaadittava
hybridisaatioprotokolla.

7 Anturin poisto ISH Kayttaja ei suorita tata valintaa. BOND-
jarjestelma valitsee asianmukaisen
protokollan automaattisesti.
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Jarjestys Protokolla (tai anturi) IHC tai Kommentit
ISH
8 Varjays Molemmat | Kromogeenin ja siihen liittyvien

reagenssien annosteluun vaadittava
protokolla. Ensisijaiset IHC-aineet
annostellaan taman protokollan aikana.

Protokollasekvensseihin voi valita joko valmiiksi maariteltyja tai itse luotuja protokollia (katso
Chapter 7.3 - Uusien protokollien luominen).

7.1.2.1 Sekventiaalisen kaksoisvarjayksen protokollat ja protokollasekvenssit

Sekventiaalinen kaksoisvarjdys tarkoittaa sitd, etta jarjestelma ajaa kaksi yksoisvarjayksen
protokollasekvenssia perakkain. Ne voivat olla kaksi IHC-sekvenssia, kaksi ISH-sekvenssia tai yksi
kumpaakin kummassa tahansa jarjestyksessa. Yleensa, joskin ei aina, ensimmaisen markkerin kanssa
kaytetaan DAB-kromogeenia kayttavaa BOND Polymer Refine Detection System -detektiojarjestelmaa ja
toisen markkerin kanssa Fast Red -kromogeenia kayttavaa BOND Polymer Refine Red Detection System -
detektiojarjestelmaa.

Usein osan toisen markkerin annostelusekvenssin protokollista voi ohittaa. Muussa tapauksessa protokollia
on muokattava. Lisaksi kdyttajan on yleensa aina muokattava ensimmadisten ja toisten markkerien
protokollien vaiheita (protokolliin on aina maaritettédva asianmukainen varjdysmenetelma, ks.

7.1.1 - Varjdysmenetelmat). Alla on esitetty joitakin sekventiaalisen kaksoisvarjayksen
protokollasekvenssien muokkausehdotuksia. Sinun on aina testattava jaksot myds itse, jotta pystyt
varmistamaan niilla saatavat tulokset.

« Valmisteluprotokollat voi ajaa vain ensimmaisen markkerin sekvenssissg, sillda BOND-ohjelmistossa
toiselle markkerille ei voi valita valmisteluprotokollaa.

« Usein epitooppien palautus on suoritettava vain kerran ennen ensimmaisen markkerin lisaamistd. Jos
toista markkeria varten on suoritettava toinen palautus, sen ei valttématta tarvitse olla yhta pitka kuin
ensimmainen.

« Molemmille ISH-kaksoisvarjayksen markkereille on suoritettava hybridisaatio. Jalkimmaiselle voi
kuitenkin riittda myos yksoisvarjaysta lyhyempi hybridisaatiovaihe.

« Jos kaksoisvarjayksessa kaytetdaan kahta DNA-anturia, denaturaatio tarvitsee yleensa suorittaa vain
kerran, eli ennen ensimmaisen markkerin lisdéamista. Jos myos toista markkeria varten on
suoritettava denaturaatio, se voi yleensa olla ensimmadista lyhyempi.

« Varjaysprotokollissa parhaat tulokset saadaan yleensa poistamalla hematoksyliinisegmentti
ensimmaisen protokollan lopusta ja (mahdollinen) peroksiidiblokkisegmentti toisen protokollan
alusta.
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7.2 Protocol setup (Protokolla-asetukset) -nayttd

Kun haluat tydskennella protokollien kanssa, napsauta toimintopalkin Protocol setup Protocol setup
(Protokolla-asetukset) -kuvaketta.

Protocol setup m
AIHE Profocol F IHL slamng Biond Polymer Refne HC profmcel [EY 10Spr-13 w
THC Pratocal G THIZ gl Bord Folgmer &7 Rad H promcol Lescy 10-dgr-11 o
"THC Protscad J IHL. giaining Bond Folgmer Redne Red MG protcol Lesca 10411 o
"THC Prosesd K IHL giaining ChromaPiod 1 Dual KT pralseol Lufea 10-8r:13 o
SHC Proteesl K - 50 Tasi IHC sl ChyomiePhiax 1 Dual [HC praleesl [FTY gl o
GFAF (B2, Ensyreal] IHC slarrig Serd Palymer lafne HE protoeel sl Dleagid o
KL Protoeal ELS IHC slainng Bard Prtymer Define HE promes! powal gty o
1HE Prodeeal F OE5 THLZ ginirersg Bard Polgmer Hedne FIC profocsl ey sl o
Rhagatiag F 1L glaining Band Polgmer Fafdng BIC profocol ey Z-Fagl -
FISH Pazbacol A |5H detection  FISH Spsien prolocod - 30 Tast Lista 108013 -
EH Frotosd & 19H diteetion  Band Polpsir Rafne RMA [5H giotecal [T 10413 L
49H Protoesl B 164 diluetian  Send Patprer Rafing DA (55 proloeal Lisca 10013 o
FESH Protoccl ASES 15H dptectian FISH Spulam prolocol - 30 Tand g -beag 1 o
15H Paplzc ol ASLCER 15H deteston Bard Polgmer Hedne RNA I5H probogol ey T-Augll o
15H Peciacol BOS I5H detection Bond Pofymer Refne DHA 154 protocl ey Zbugrtl W
Prolocol Qroup Protoscal fype: Spning Tl Prolocnd angen Frefumed sious
Briaina - : - A - T - Tyl -

Kuva 7-1: Protocol setup (Protokolla-asetukset) -nayttd

Protocol setup (Protokolla-asetukset) -naytdssa on taulukko, jossa on lueteltu kaikki protokollat
perustietoineen. Valmiiksi maaritettyjen protokollien nimen ja lyhennetyn nimen alussa on asteriski (*).

Taulukosta voi valita protokollan tiettyihin toimenpiteisiin, kuten protokollan kopioimista ja muokkaamista
tai raportin luomista varten. Voit suorittaa nama toimenpiteet taulukon ylapuolella olevilla painikkeilla tai
hiiren oikean painikkeen napsautuksella avautuvasta valikosta.

Taulukon alla olevien suodattimien avulla voit nayttaa vain tietyn tyyppiset protokollat. Voit esimerkiksi
valita vain varjdys- tai esivarjaysprotokollat ja tdman jalkeen rajata tuloksia edelleen siten, ettd taulukossa
naytetdan vain tietyntyyppiset protokollat (katso 7.1 - Protokollatyypit). Lisaksi voit suodattaa tuloksia
varjdysmenetelman, protokollan alkuperan ja ensisijaisuus-tilan mukaan.

148 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



7. Protokollat ( BOND -ohjain)

Protokollalistan tiedot on kuvattu alla.

Nimi

Kuvaus

Vaihtoehdot

Protocol name
(Protokollan nimi)

Protokollan koko nimi.

Valmiiksi maaritettyjen (Leica
Biosystems) protokollien nimet alkavat
aina asteriskilla (*).

Protocol type
(Protokollatyyppi)

Protokollan toimintojen kuvaus.

Katso 7.1 - Protokollatyypit

Kuvaus

Protokollan toimintojen ja
kayttdsovellusten kuvaus.

Modified by Protokollan luoneen tai sita viimeksi | Jos tunnistetieto on Leica, kyseessa

(Muokkaaja) muokanneen henkildn tunnistetieto. | on valmiiksi maaritetty Leica
Biosystems -protokolla.

Mod. date Paivamaara, jona protokolla luotiin tai

(Muokkauspdivd) | jona sita on viimeksi muokattu.

Pref. Protokollan ensijaisuus-tila. Merkitty: kyseessa on ensisijainen

(Ensisijaisuus)

protokolla, jonka voi valita Add slide
(Lisaa leike) -valintaikkunassa.

Ei merkitty: protokollaa ei ole
maaritetty ensisijaiseksi, eika sita voi
valita Add slide (Lisaa leike) -
valintaikkunassa.
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7.2.1 Protokollan tiedot

Kun haluat avata Protocol setup (Protokolla-asetukset) -nadytdssa luetellun protokollan tarkastelua tai
muokkausta varten, kaksoisnapsauta sita (tai korosta se ja napsauta Open (Avaa)). Ohjelmisto nayttaa
protokollan ominaisuudet sisaltavan Edit protocol properties (Muokkaa protokollan
ominaisuuksia) -valintaikkunan.

Valmiiksi maaritetyissa Leica Biosystems -protokollissa voit muuttaa vain Ensisijainen-asetusta;
kayttdjaprotokollissa voit muuttaa myds kaikkia muita asetuksia.

Kuva 7-2: Kayttajéprotokollan Edit protocol properties (Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -

valintaikkuna.

Valintaikkunassa on oma valilehti kullekin moduuliryhmaan lisétylle prosessointimoduulin tyypille (BOND
ja/tai BOND-MAX) (jos moduuliryhmaan ei ole lisatty prosessointimoduulien tyyppeja, valintaikkunassa
nakyy kaksi valilehted). Kun luot uutta kayttajaprotokollaa tai muokkaat tai kaytat sitd, ruudussa nakyy
my6s Import protocol (Tuo protokolla) -painike. Katso tarkemmat tiedot kohdasta 7.4.4 - Useiden
laitetyyppien ja protokollaversioiden kaytto.

Voit nayttaa kaikki protokollan vaiheet (mukaan lukien pesuvaiheet) valitsemalla taulukon alla olevan Show
wash steps (Ndyta pesuvaiheet) -merkintdruudun. Kun poistat valinnan, jérjestelma piilottaa

protokollan pesuvaiheet.

Edit protocol properties (Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -valintaikkunassa on seuraavat

tiedot.

Nimi

Abbreviated name

Protokollan koko nimi.

Protokollan lyhennetty nimi, jota kdytetaan esimerkiksi

(Lyhennetty nimi) leikemerkinndissa.
Kuvaus Lyhyt protokollan kuvaus.
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Staining method (Katso alla olevat tiedot.)
(Varjdysmenetelma)

Protocol type Tyyppi kertoo protokollan tarkoituksen ja maarittaa siina sallitut vaiheet
(Protokollatyyppi) ja reagenssit.

Preferred detection Valitun protokollan ensisijainen detektiojarjestelma.

system (Ensisijainen Ei koske esivarjaysprotokollia.

detektiojarjestelma)

Valintaikkunassa protokollan tietojen alla olevassa taulukossa on esitetty kaikki protokollan vaiheet
ominaisuuksineen (katso Kuva 7-2). Kaikkia kayttajaprotokollan muokattavia vaiheita muokataan taman
taulukon kautta (katso 7.4 - Kayttajaprotokollien muokkaaminen).

Taulukossa on seuraavat tiedot:

Kohta Kuvaus
Step No. Protokollan vaiheiden suoritusjarjestys.
(Vaiheen nro)
Wash (Pesu) Merkitty, jos kyseinen vaihe on pesuvaihe.
Reagent Vaiheessa kaytettdva reagenssi.
(Reagenssi)
Supplier Reagenssin toimittaja. Tata kohtaa ei voi muokata.
(Toimittaja)
Ambient Merkitty, jos vaihe suoritetaan ymparistdn lampdtilassa.
(Ympériston
lampatila)

Temperature Valittu leikkeen lampétila, jos se on muu kuin ympariston lampétila (vain
(Lampaétila) esivarjaysprotokollat).

Inc. (min) Minimiaika, jonka reagenssi on leikkeessa.
(Inkubaatio
(minimi))

7.2.1.1 Varjaysmenetelma

Vérjaysprotokollissa on "staining method” (“varjdysmenetelma”) -osio. Yksoisvarjaysprotokollille ja
sekventiaalisille kaksoisvarjaysprotokollille on seuraavat vaihtoehdot:

« Single (Yksittdinen) — yksoisvarjaysprotokolla
« First (Ensimmainen) — sekventiaalisen kaksoisvarjayksen ensimmainen protokolla
« Second (Toinen) — sekventiaalisen kaksoisvarjayksen toinen protokolla.

Rinnakkaisille kaksoisvarjaysprotokollille vérjdysmenetelma-osiossa on vain yksi vaihtoehto: Parallel DS
(Rinnakkainen kaksoisvarjays).

Jos haluat lisatietoja varjaysmenetelmista, katso 7.1.1 - Varjdysmenetelmat.

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 151



7. Protokollat ( BOND -ohjain)

7.2.1.2 Ensisijaisuus-tila

Vain ensisijaisiksi maaritetyt protokollat ovat valittavissa Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa, joten
kaikki kayttdon tarkoitetut protokollat tulee maarittaa ensisijaisiksi. Voit maarittaa protokollan ensisijaiseksi
merkitsemalla Preferred (Ensisijainen) -valintaruudun. Jos poistat valinnan, protokolla ei ole

ensisijainen.
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7.3 Uusien protokollien luominen

Voit luoda uusia protokollia olemassa olevia kayttaja- tai Leica Biosystems -protokollia kopioimalla. Kun
kopioit protokollan, sen tyyppi pysyy samana. Protokollan tyyppia ei voi muuttaa kopiointivaiheessa tai sen
jalkeen. Tasta johtuen jos haluat luoda uuden IHC-protokollan, sinun on kopioitava olemassa oleva IHC-
protokolla; jos haluat luoda HIER-protokollan, kopioi HIER-protokolla jne.

Kun haluat kopioida protokollan, valitse se ensin Protocol setup (Protokolla-asetukset) -ndytén
luettelosta ja napsauta sitten Copy (Kopioi) -painiketta. Valitun protokollan kopio ilmestyy New protocol
properties (Uuden protokollan ominaisuudet) -valintaikkunaan, ja voit tehda siihen haluamasi
muutokset.

Uudelle protokollalle on annettava seka ainutkertainen nimi ettd lyhennetty nimi. Nimen ja lyhennetyn
nimen on taytettava kaikki kohdassa 7.4.3 - Protokollasaannét esitetyt vaatimukset. Protokollan nimea ja
lyhennettya nimea lukuun ottamatta sinun ei tarvitse muuttaa mitaan uuden protokollan tietoja. Halutessasi
voit tietysti muokata protokollaa kaikilla kohdassa 7.4 - Kayttajaprotokollien muokkaaminen kuvatuilla
tavoilla.

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Save (Tallenna). Jos protokolla on sdantdjen mukainen,
ohjelmisto pyytaa sinua vahvistamaan, etta luot protokollan “omalla vastuullasi”. Téman viestin
tarkoituksena on muistuttaa, etta Leica Biosystems ei voi ennustaa, minka laatuisia tuloksia itse luotu tai
muokattu protokolla sinulle antaa. Kun olet vahvistanut, ettad haluat jatkaa, ohjelmisto tallentaa protokollaan
tehdyt muutokset.
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7.4 Kayttajaprotokollien muokkaaminen

Voit muokata kayttdjaprotokollia (ei koske Leica Biosystems -protokollia) Edit protocol properties
(Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -valintaikkunassa. Kun haluat muokata protokollaa, valitse se
Protocol setup (Protokolla-asetukset) -nayttsta ja napsauta sitten Open (Avaa) (tai
kaksoisnapsauta protokollaa). Vaihtoehtoisesti voit maarittad uuden protokollan kopioimalla saman
tyyppisen protokollan ja muokkaamalla sitd (katso 7.3 - Uusien protokollien luominen).

Varjaysprotokollat: Voit lisata protokolliin uusia reagenssivaiheita, poistaa niihin aiemmin lisattyja
reagenssivaiheita ja maarittad uusia reagensseja ja inkubaatioaikoja. Lisaksi voit lisata tai poistaa uusia
pesuvaiheita.

Et voi muuttaa esivarjdysprotokolliin sisatyvien vaiheiden maaraa, mutta osalle niista voi maarittda uudet
lampétila- ja inkubaatioaika-asetukset. Katso sallitut muutokset kohdasta 7.4.3 - Protokollasaannét.

Uuden reagenssin annostelun jalkeen on aina suoritettava pesuvaiheet. Tastéd johtuen jarjestelma muuttaa
varjaysprotokollaan lisdtyn uuden reagenssivaiheen automaattisesti “protokollasegmentiksi”, johon sisaltyy
kyseinen uusi reagenssivaihe ja kolme sitd seuraavaa pesuvaihetta.

Kun muokkaat protokollaa, kaikkien vaaditut tiedot sisaltdvien muutettujen ja uusien vaiheiden vasemmalla
puolella nakyy vihrea palkki. Jos palkki on punainen, vaiheen tiedot ovat puutteelliset.

Kun muokkaat protokollaa, voit katso kaikki siihen sisaltyvét vaiheet tai piilottaa pesuvaiheet taulukon alla
olevalla Show wash steps (Nayta pesuvaiheet) -valintapainikkeella.

Suurimmassa osassa protokollien vaiheista inkubaatioajan tulee olla alle 30 minuuttia. Jos inkubaatioaika on
tata pidempi, leikkeessa oleva kudos saattaa kuivua liikaa. Jos sinun on kaytettéva pidempaa
inkubaatioaikaa, duplikoi asiamukainen vaihe yhteen tai useampaan kertaan ja jaa inkubaatioaika niiden
valissa suoritettaviin osiin. Ainoa poikkeus ovat ISH-hybridisaatiovaiheet, joiden kesto on aina yli 30
minuuttia ja joita ei pida koskaan jakaa lyhyempiin vaiheisiin.

Vaikka protokollan pystyy luomaan ja tallentamaan, se ei valttéamatta tarkoita, etta se sopii suunnittelemaasi
tarkoitukseen. Olet itse vastuussa siitd, etta kaikki jarjestelmassa luodut ja muokatut protokollat testataan ja
validoidaan asianmukaisten vaatimusten mukaisella tavalla.

o 7.4.1 - Protokollavaiheiden muokkaaminen

« 7.4.2 - Protokollan vaiheiden lisddminen ja poistaminen

o 7.4.3 - Protokollaséannét

« 7.4.4 - Useiden laitetyyppien ja protokollaversioiden kayttd
« 7.4.5 - Protokollien poistaminen

7.4.1 Protokollavaiheiden muokkaaminen

Noudata alla olevia ohjeita, jos haluat maarittda uuden protokollan New protocol propreties (Uuden
protokollan ominaisuudet) -valintaikkunassa tai muokata olemassa olevaa protokollaa Edit protocol
properties (Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -valintaikkunassa. Katso kohta

7.4.3 - Protokollasadnnét varmistaaksesi, etta luot kelvollisen protokollan.

Aina kun tallennat protokollan, jarjestelmaan tallennetaan sen kopio. Sinun on valittava yksi niista, kun luot
protokollaraportin (katso 7.5 - Protokollaraportit). Voit valttaa useiden tarpeettomien protokollaversioiden
tallentamisen tallentamalla protokollat vasta maaritysvaiheen jalkeen.
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vk W

Kirjoita uusille protokollille nimi ja lyhennetty nimi.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa protokollan kuvauksen.

Maarita varjaysprotokollien varjdysmenetelma (katso 7.1.1 - Varjdysmenetelmat).
Maarita protokollan Preferred (Ensisijainen) -tila (katso 7.2.1.2 - Ensisijaisuus-tila).
Valitse varjdysprotokollan kanssa kaytettdva detektiojarjestelma Ensisijainen

detektiojarjestelma -pudotusvalikosta.

6. Lisaa tai poista protokollan vaiheita (katso 7.4.2 - Protokollan vaiheiden lisadminen ja poistaminen),
kunnes protokollassa on kaikki tarvittavat vaiheet.

7. Muuta uusien ja aikaisempien protokollavaiheiden parametreja napsauttamalla ensin haluamaasi
parametria ja suorittamalla sitten seuraavat toimenpiteet:

7.4.2

Valitse pudotusvalikosta reagenssi.

Huomautus: IHC-protokollissa primaarivasta-aineen kayttévaihe osoitetaan vaihtoehdolla
"MARKER” ("MARKKERI"). Pesuvaiheissa saa kdyttaa vain *BOND Wash Solution -pesuainetta
tai *deionisoitua vetta.

. Aseta inkubaatioaika minuutteina ja sekunteina (mm:ss). Tama on minimiaika, joka leiketta

sailytetadn laitteessa ennen seuraavaa vaihetta. Katso inkubaatioaikojen rajat kohdan
7.4.3 - Protokollasaannét vaiheesta 9.

Pddosassa reagensseja kayttavista vaiheista Leica Biosystems suosittelee rajaamaan
inkubaatioajan enintadn 30 minuuttiin. Jos inkubaatioajan on oltava tata pidempi, saman
reagenssin annostelua varten tulee luoda duplikaattivaiheita (katso 7.4.2.2 - Duplikoidut
reagenssivaiheet).

Aseta lampdtila (osalle esivarjaysprotokollien vaiheista):

Jos haluat asettaa muun kuin ympariston lampétilan, poista ensin Ambient (Ymparisto) -
parametrin valinta. Valitse sitten tyhjaksi jatetty Temperature (Lampétila) -parametri ja
syota sen kenttdan haluamasi Celsius-lampétila kokonaislukuna.

Jos haluat vaihtaa muun lampétilan ymparistdn lampétilaan, valitse ja merkitse Ambient
(Ymparisto) -parametri.

Katso sallitut Iampétila-alueet kohdan 7.4.3 - Protokollasadnnét vaiheesta 8.

Napsauta mita tahansa muuta vaihetta vahvistaaksesi muutetut parametrit.

Protokollan vaiheiden lisadminen ja poistaminen

Vaiheiden lisdaminen ja poistaminen on mahdollista kayttajan IHC- ja ISH-protokollissa mutta ei
varjaysprotokollissa. Voit lisdta vaiheita tai poistaa niita protokollan vaihetaulukon alla olevilla painikkeilla.
Painikkeet riippuvat kontekstistd, ja niiden kdytettavyys ja toiminnot vaihtelevat valitun vaiheen mukaan.

Katso tarkat ohjeet seuraavista osioista:

o 7.4.2.1 - Reagenssisegmentit

o 7.4.2.2 - Duplikoidut reagenssivaiheet

o 7.4.2.3 - Pesuvaiheet
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7.4.2.1 Reagenssisegmentit

Uuden reagenssisegmentin (reagenssivaihe ja kolme pakollista pesuvaihetta) lisaaminen:

1.

o

Valitse reagenssi ja napsauta Insert segment (Lisda segmentti). Uusi segmentti lisatdan valitsemasi
reagenssin ylapuolelle.

Jos olet valinnut viimeisen reagenssin, voit lisatd uuden segmentin my6és sen alapuolelle.

Uusi (reagenssi- ja pesuvaiheet sisaltédva) segmentti nékyy luettelossa. Pesuvaiheet on merkitty
vihreilla palkeilla, jotka ilmoittavat, etta protokolla eroaa tallennetusta protokollasta. Reagenssivaihe
on merkitty punaisella palkilla, joka ilmoittaa, ettd vaihetta varten on valittava reagenssi.

Kaksoisnapsauta tyhjda reagenssiparametria ja valitse pudotusvalikosta vaadittu reagenssi.
Muokkaa uusien reagenssi- ja pesuvaiheiden muita parametreja tarpeen mukaan.

Jos haluat poistaa segmentin, valitse asianmukainen reagenssi ja napsauta Delete segment (Poista
segmentti). Jos haluat poistaa duplikaattireagenssin sisaltdvan segmentin, poista ensin asianmukainen
duplikaatti.

7.4.2.2 Duplikoidut reagenssivaiheet

Duplikaattivaihe on vaihe, jossa kaytetaan vahintadn kahta identtista reagenssia perakkain ilman, etta
niiden valissa suoritetaan pesuvaiheita.

1.
2.
3.

o

Valitse vaiheiden luettelosta haluamasi duplikoitava reagenssivaihe.

Napsauta Duplicate (Duplikoi).

Uusi, nykyisen vaiheen kanssa identtiset parametrit sisaltéva vaihe lisatadn nykyisen vaiheen
ylapuolelle.

Uudessa vaiheessa on vihrea palkki, joka nayttaa tallennettuun protokollaan tehdyn muutoksen.

Muokkaa tarvittaessa uuden vaiheen inkubaatioaikaa.

Jos muutat duplikoidun vaiheen reagenssin tyyppia, jarjestelma muuttaa myds kaikkia muita jaksoon
sisaltyvia reagenssivaiheita, silla niissa ja duplikaattivaiheissa on kaytettava samaa reagenssia.

Jos haluat poistaa duplikoidun vaiheen, valitse se ja napsauta Delete duplicate (Poista duplikaatti).

7.4.2.3 Pesuvaiheet

6 Pesuvaiheiden lisadminen voi muuttaa leikkeiden nesteominaisuuksia ja johtaa heikkoihin varjaystuloksiin.
Validoi kaikki uudet ja muokatut protokollat ennen niiden diagnostista kayttoa.

Sinun on varmistettava, ettd jokaista kromogeenivaihetta edeltaa ja seuraa deionisoidulla vedelld
suoritettava pesuvaihe.

6 Jos et nae pesuvaiheita, valitse vaiheluetteloalueen alla oleva Nayta pesuvaiheet -valintapainike.

Ylimaaraisen pesuvaiheen lisadminen:
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1. Valitse vaiheluettelosta olemassa oleva pesuvaihe (ISH- ja IHC-protokollat).
2. Napsauta Add wash (Lisaa pesu).
Seka ISH- ettd IHC-protokollissa nykyisen pesusekvenssin peraan lisataan uusi pesuvaihe.

Uusi pesuvaihe on merkitty vihredlla palkilla, joka ilmoittaa, ettd protokolla eroaa tallennetusta
protokollasta.

3. Muokkaa pesuvaiheen parametreja vaiheluettelossa tarpeen mukaan.

Jos haluat poistaa pesuvaiheen, valitse se ja napsauta Delete wash (Poista pesu). Seka ISH- ettd IHC-
protokollista voi poistaa vain pesusekvenssin kolmea pakollista vaihetta seuraavia pesuvaiheita.

7.4.2.4 Valmisteluvaiheet

6 Voit lisata ja poistaa valmisteluprotokolliin sisaltyvia parafiinin poisto- ja alkoholivaiheita (mutta et muokata
niitd) tiettyjen saantdjen puitteissa.
Ylimaaraisen parafiinin poistovaiheen lisdaminen:

4. Valitse vaiheiden luettelosta sielld entuudestaan oleva parafiinin poistovaihe.
5. Napsauta Insert reagent (Lisdaa reagenssi).
Valitun parafiinin poistovaiheen ylapuolelle lisatdan uusi parafiinin poistovaihe.

Jos haluat poistaa parafiinin poistovaiheen, valitse se ja napsauta Delete step (Poista vaihe).

6 Poistettavan parafiinin poistovaiheen on oltava sellainen, jonka ldmpétila-asetukseksi on valittu ympériston
lampétila. Lisaksi asianmukaisessa protokollassa on oltava véhintdan kolme parafiinin poistovaihetta.

Ylimaaraisen alkoholivaiheen liséaminen:

1. Valitse vaiheiden luettelosta siella entuudestaan oleva alkoholivaihe.
2. Napsauta Add wash (Lisaa pesu).
Uusi alkoholivaihe lisatdan valitun alkoholivaiheen ylapuolelle.

Jos haluat poistaa alkoholivaiheen, valitse se ja napsauta Delete step (Poista vaihe).

6 Asianmukaisessa protokollassa on oltava vahintaan kolme alkoholivaihetta.
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7.4.3 Protokollasaannot

Jokaisen luomasi protokollan on oltava tiettyjen perussaantdjen mukainen. Jos protokolla ei ole ndiden
perussaantdjen mukainen, sita ei voi tallentaa. Huomaa, etta saantdjen noudattaminen ei takaa, etta
protokollan kaytto tuottaa hyvaksyttavia tuloksia.

1. Protokollan nimen on

i. oltava ainutkertainen
ii. alettava muulla merkilld kuin valilydnnilla tai asteriskilla.

2. Protokollan lyhennetyn nimen on
i. oltava ainutkertainen
ii. alettava muulla merkilld kuin valilyénnilla tai asteriskilla
iii. oltava korkeintaan 8 merkkia pitka.
3. Kaikkiin IHC-protokolliin taytyy siséltya vahintdan yksi markkerivaihe.
4. Kaikkiin varjaysprotokolliin taytyy sisaltya vahintaan yksi Leica Biosystems -tunnistusjarjestelman
reagenssi.
5. Kutakin reagenssivaihetta on seurattava joko (vahintaan) kolme pesuvaihetta tai sama reagenssi.
6. Varjaysprotokollissa viimeisten kolmen vaiheen on oltava pesuvaiheita.
7. IHC-varjaysprotokollissa kaikkien vaiheiden lampdtila-asetus on oltava Ambient (Ympéaristén
lampétila).
8. Esivarjaysprotokollissa kuumennuksen sisaltavien vaiheiden ldmpdétilojen on oltava seuraavassa
taulukossa esitetyilla lampétila-alueilla.
Protokollavaihe Lampdétila-alue (°C)
Sintraus ja parafiinin poisto, sintrausvaihe 35-72
Lampoesikasittely 35-100
Entsyymiesikasittely 35-100
-denaturaatio 70-100
-hybridisaatio 37-65
9. Vaiheen minuutteina ja sekunteina (mm:ss) annettavien inkubaatioaikojen tulisi olla seuraavassa
taulukossa esitetyilld aika-alueilla. Jarjestelma ei kuitenkaan korjaa inkubaatioaikoja.
Protokollavaihe Inkubaatioajan aika-alue
(minuutteina)
Sintraus ja parafiinin poisto, sintrausvaihe 0-60
Lampdesikasittely (ympariston lampdtilassa 0-15
suoritettavat vaiheet)
Lampdesikasittely (kuumennetut vaiheet) 5-60
Entsyymiesikasittely (vaihe 1) 0
Entsyymiesikasittely (entsyymivaiheet) 0-15
-denaturaatio 5-20
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Protokollavaihe Inkubaatioajan aika-alue
(minuutteina)
-hybridisaatio 20-950
Varjadysprotokollat, reagenssivaiheet 0-60
Varjadysprotokollat, pesuvaiheet 0-55

P3ddosassa reagensseja kayttavista vaiheista inkubaatioajan tulisi olla enintddn 30 minuuttia. Jos
inkubaatioajan on oltava tatd pidempi, saman reagenssin annostelua varten tulee luoda
duplikaattivaiheita (katso 7.4.2.2 - Duplikoidut reagenssivaiheet).

10.Jokaiselle vaiheelle on maaritettava kaikki vaaditut tiedot, eli reagenssi, inkubaatioaika ja
(mahdollinen) lampdtila.

11. Kuhunkin yksoéisvarjayksen tai sekventiaalisen kaksoisvarjayksen protokollaan voi sisdltya vain yksi
sekoitettu reagenssi (esim. sekoitettu DAB), ja sita voi kayttaa enintédan kahdessa protokollaan
sisaltyvassa vaiheessa. (Tama tarkoittaa, etta sekventiaalisessa kaksoisvarjaystoimenpiteessa
voidaan kayttaa kahta sekoitettua reagenssia, reagensseja saa olla yksi per protokolla;
annosteluvaiheita saa puolestaan olla yhteensa nelja, eli kaksi per protokolla.)

Rinnakkaiseen kaksoisvarjaysprotokollaan voi sisaltya kaksi sekoitettua reagenssia, ja kumpaakin
niista voi annostella sen aikana enintdan kaksi kertaa.

12.Varjaysprotokollien sekoitetuissa reagensseissa saa kdyttaa vain asianmukaisten protokollien
ensisijaisten pakkausten komponentteja.

7.4.4 Useiden laitetyyppien ja protokollaversioiden kaytto

BOND-III- ja BOND-MAX-prosessointimoduuleilla varustetuissa BOND-jarjestelmissa molemmille
laitetyypeille voidaan maarittda oma protokollaversio. Saman protokollan eri versioissa huomioidaan
laitteiden erot, kuten BOND-III-laitteiden nopeampi jaahdytys (BOND-III-protokollaversioiden
jaadytysvaiheet ovat tyypillisesti BOND-MAX-protokollaversioiden vastaavia lyhyempia). Osa
protokollaversioiden valisista eroista ei ndy ohjelmiston vaiheiden luettelossa, esim. BOND-III-
protokollaversioihin sisaltyy piilotettuja bulkkinesterobotille annettavia ohjeita, joita ei tarvita BOND-MAX-
laitteissa.

Kaikkiin BOND-jarjestelmiin sisaltyy BOND-III- ja BOND-MAX-protokollaversiot kaikille valmiiksi maaritetyille
protokollille. Jos kuitenkin lisaat jarjestelmaan jonkin uuden laitetyypin, sinun on luotava sita varten uudet
versiot kaikista aiemmin luoduista kayttajaprotokollista. Voit tehda sen kopioimalla (tuomalla)
asianmukaisen version toisesta protokollasta ja muokkaamalla taman jalkeen sen tietoja vaaditulla tavalla
(ks. alla oleva tiedot).
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7. Protokollat ( BOND -ohjain)

7.4.4.1 Protokollaversion tuominen

Voit luoda uudelle laitetyypille uuden protokollaversion seuraavia ohjeita noudattamalla. Téma menetelma
sopii my6s olemassa olevien protokollaversioiden korvaamiseen, joskin alkumaaritysten jalkeen se ei
yleensa ole tarpeen.

1.

Valitse Protocol Setup (Protokolla-asetukset) -naytosta se protokolla, jolle haluat luoda uuden
version. Napsauta Open (Avaa).

Ohjelmisto avaa Edit protocol properties (Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -
valintaikkunan.

Napsauta Import protocol (Tuo protokolla).
Ohjelmisto avaa Import protocol (Tuo protokolla) -valintaikkunan.

Valitse Processing modules (Prosessointimoduulit) -pudotusvalikosta haluamasi uusi
laitetyyppi.

Valintaikkunassa nakyva protokollaluettelo paivittyy niin, etta siind nakyvat vain sellaiset protokollat,
joista on valittuun laitetyyppiin sopiva versio.

Valitsemalla vaihtoehdon Preferred (Ensisijainen) tai poistamalla siind olevan merkinnan saat
nakyviin ensisijaiset protokollat tai kaikki protokollat.

Valitse luettelosta kopioitava protokolla ja napsauta Import (Tuo).

Jos haluat helpottaa maarityksen tulevia vaiheita, valitse sellainen protokolla, joka on
mahdollisimman samanlainen kuin se protokolla, jolle olet luomassa uuden version. Protokollissa
tulisi olla esimerkiksi sama detektiojérjestelma ja, jos mahdollista, sama maara vaiheita.

Ohjelmisto sulkee Import protocol (Tuo protokolla) -valintaikkunan. Edit protocol properties
(Muokkaa protokollan ominaisuuksia) -valintaikkunan uuden laitetyypin valilehdelle on nyt
taytetty tuodun protokollaversion tiedot.

Ohjelmisto paivittaa vain valitun laitetyypin valilehden tiedot.

Muokkaa uutta protokollaversiota siten, etta se vastaa olemassa olevaa protokollaversiota (katso
7.4.1 - Protokollavaiheiden muokkaaminen). Tiedot eivat havia, jos siirryt prosessointimoduulin
vélilehdelta toiselle.

Napsauta Save (Tallenna).

On kayttdjan vastuulla varmistaa, ettd protokollat varjaavat samalla tavoin prosessointimoduulin
tyypista riippumatta.

7.4.5 Protokollien poistaminen

Jos haluat poistaa protokollan, valitse sen ensin Protocol setup (Protokolla-asetukset) -nayton
luettelosta ja napsauta sitten Delete (Poista).

Valmiiksi maaritettyja Leica Biosystems -protokollia (asteriskilla alkavia) ei voi poistaa. Halutessasi voit
kuitenkin piilottaa ne: avaa protokolla ja poista valinta kohdasta Preferred (Ensisijainen), valitse sitten
Protocol setup (Protokolla-asetukset) -ndytdn Preferred status (Ensisijainen tila) -
suodattimeen vaihtoehto "“Preferred” ("Ensisijainen”).
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7. Protokollat ( BOND -ohjain)

7.5 Protokollaraportit

Protokollaraporteissa ndytetadan valittujen protokollien vaiheiden tiedot. Voit luoda raportin valitsemalla
ensin protokollan Protokolla-asetukset (Protocol setup) -ndytdssa ja napsauttamalla sitten Report
(Raportti). Jos jarjestelmassa on seka BOND-MAX- etta BOND-III-laitteet, valitse haluamasi
protokollaversion prosessointimoduulin tyyppi ja napsauta sitten Generate report (Luo raportti). Voit
valita my®6s nykyisen version tai aiemmin kaytetyn protokollaversion. Kun olet valmis, napsauta Generate
report (Luo raportti).

Raportti naytetdan uudessa ikkunassa. Raportin oikeassa ylakulmassa nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kentta Kuvaus

Full name (Koko nimi) | Protokollan koko nimi.

ID (Tunniste) Protokollan ainutkertainen tunnistenumero.

Type (Tyyppi) Protokollatyyppi (katso 7.1 - Protokollatyypit).

Created by (Luoja) Naytetyn version luoneen henkilon kayttajanimi.

Creation time Jos kyseessa on valmiiksi maaritetty protokolla, protokollan sisalténeen

(Luomisen ajankohta) | tietokantapaivityksen pdivamaara ja aika. Jos kyseessa on
kayttajaprotokolla, protokollan luomisen pdivamaara ja kellonaika.

Laitos Laitoksen nimi siten kuin se on tallennettu yllapito-ohjelman Laboratory
Settings (Laboratorioasetukset) -nayttéon (katso
10.5.1 - Laboratorioasetukset).

Staining status Tehtavat, joihin protokolla soveltuu kaksois- ja yksoisvarjayksissa (katso
(Varjaystila) 7.2.1.1 - Varjaysmenetelma).

Raportin runkotekstissa on seuraavat vaihekohtaiset tiedot:

« Reagent and supplier (Reagenssi ja toimittaja)

« Step type (Vaiheen tyyppi) (reagenssi- tai pesuvaihe)

« Incubation time (Inkubaatioaika)

« Temperature (Lampdtila)

« Annostelun tyyppi (kuvaa Covertile-laatan sijainnin ja annostelun volyymin; palveluedustaja voi
pyytaa tata tietoa).

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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7.6 Valmiiksi maaritetyt protokollat
Seuraavissa osioissa kuvataan BOND-ohjelmiston mukana toimitettavat valmiiksi maaritetyt protokollat.

Luettelon protokollat voivat muuttua, jos niitd paivitetdan ennen seuraavan ohjelmiston julkaisua. Alla oleva
luettelo on ajantasainen tdman oppaan julkaisuhetkella.

« 7.6.1-Varjaysprotokollat
« 7.6.2 - Esivarjaysprotokollat

7.6.1 Varjaysprotokollat
Jokainen varjaysprotokolla on suunniteltu kdytettavaksi tietyssé BOND-detektiojarjestelmassa.

Detektiojarjestelmien yksityiskohtaiset tiedot 16ydat kunkin tuotteen mukana toimitetuista asiakirjoista tai
Leica Biosystemsin verkkosivuilta osoitteesta www.LeicaBiosystems.com.

Voit kayttaa naita protokollia omien raataloityjen protokolliesi pohjina protokollan muokkaamistydkaluja
kayttden (katso 7.3 - Uusien protokollien luominen ja 7.4 - Kayttajaprotokollien muokkaaminen).

Alla olevaan luetteloon saattaa sisaltya protokollia, joihin liittyvalle detektiojarjestelmalle ei ole annettu
sinun aluettasi koskevaa viranomaishyvaksyntaa. Sellaiset protokollat eivat ndy sinun jarjestelmassasi.

7.6.1.1 IHC
Nimi Ensisijainen Detektiojdrjestelmaa koskevat huomautukset
detektiojarjestelma
*IHC-protokolla | Bond Intense R Biotidiini-/streptavidiini-jarjestelmd, joka sopii vapaasti
B Detection valittavan sekundaarisen vasta-aineen sisédltaviin

tutkimussovelluksiin. Jarjestelmaan kuuluu
peroksiidiblokki, voimakas DAB-varjays ja
hematoksyliini-vastavarjays (mukaan lukien
sinivarjays).

*IHC-protokolla | Bond Polymer Refine Voimakkaasti voimistava, biotiinivapaa

F Detection detektiojarjestelmad, joka on optimoitu BOND-
jarjestelmia varten. Nayttaa voimakkaasti varjatyt,
kalvoihin sitoutuneet vasta-aineet erittain tarkasti.

*IHC-protokolla | Bond™ Oracle™ HER2 | Taydellinen HER2-detektiojarjestelma, johon kuuluu
H IHC System HER2 -primaarivasta-aineet, negatiiviset HER2-
kontrollit ja erittdin herkka,
kompaktipolymeeripohjainen detektiojarjestelma.

HUOMAUTUS: ) s ae . = g ..
Saatavuus edellyttsa Jarjestelmaan sisaltyy profiilispesifiset HER2-

viranomaishyvaksynnan. | kontrollindyteleikkeet, joiden avulla voi tuottaa taysin
automatisoidun ja yhdenmukaisen HER2-
immunohistokemiallisen profiilin, johon sisaltyy myos
vastavarjays.

162 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05


https://www.leicabiosystems.com/

7. Protokollat ( BOND -ohjain)

Nimi Ensisijainen Detektiojdrjestelmaa koskevat huomautukset
detektiojarjestelma
*IHC-protokolla | BOND Polymer Refine In vitro -kayttoon tarkoitettu, erittdin herkka

]

Red Detection

tiivispolymeripohjainen jarjestelma, johon kuuluu
alkaalifosfataasipohjainen kirkkaanpunainen
immunovarjays ja hematoksyliinivastavarjays.

*IHC-protokolla
K

ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (100 testid)

In vitro -kayttdon; soveltuu hiirten ja janisten kudoksiin
sitoutuneiden primaaristen IgG-vasta-aineiden
detektointiin.

Tarkoitettu formaliinilla fiksoitujen, parafiiniin
valettujen kudosten osien varjaykseen BOND-
jarjestelmassa.

*IHC-protokolla

ChromoPlex™ 1 Dual

In vitro -kayttoon; soveltuu hiirten ja janisten kudoksiin

K —50 testia Detection (50 testia) sitoutuneiden primaaristen IgG-vasta-aineiden
detektointiin.
Tarkoitettu formaliinilla fiksoitujen, parafiiniin
valettujen kudosten osien vérjaykseen BOND-
jarjestelmassa.

7.6.1.2 ISH
Nimi Ensisijainen Detektiojdarjestelmaa koskevat huomautukset
detektiojdrjestelma
*FISH- Leica HER2 FISH Taydellinen kahden anturin LSI HER2/CEP17 FISH -
protokolla A System — 30 testia jarjestelma, johon kuuluu RTU LSI HER2/CEP17 -

HUOMAUTUS:
Saatavuus edellyttaa
viranomaishyvaksynnan.

kaksoisanturi ja hybridisaation jalkeen kaytettava
pesuaine 2. Detektoi FISH-hybridisaation HER2-geenin
monistumat ihmisen rintasyévan FFPE-
kudosnaytteissa. In vitro -diagnostiikkaan.

Huomautus: LSI ja CEP ovat Abbott Molecular Inc. -yhtién
tavaramerkkeja. Kaikki oikeudet pidatetadan. Kaytetdan
lisenssilla.

*ISH-protokolla | BOND Polymer Refine | Voimakkaasti voimistava, biotiinivapaa

A Detection detektiojarjestelma, joka on optimoitu BOND-
jarjestelmia varten. Tunnistaa RNA:n anti-FITC-
linkkerin avulla.

*ISH-protokolla | BOND Polymer Refine | Voimakkaasti voimistava, biotiinivapaa

B Detection detektiojarjestelma, joka on optimoitu BOND-

jarjestelmia varten. Tunnistaa DNA:n anti-biotiini-
linkkerin avulla.
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7.6.2

Esivarjaysprotokollat

Protokollatyyppi

Protokollan nimi

Huomautukset

Preparation (Valmistelu)

*Dewax

Valmisteluprotokollissa kaytetadn BOND Dewax
Solutionia kudosten valamiseen kaytettdvan
parafiinin poistoon. Sen jdlkeen nayte
rehydratoidaan.

*Sintraus ja parafiinin
poisto

Ennen parafiinin poistoa kudosnayte sintrataan,
jotta se kiinnittyy leikkeeseen mahdollisimman
tiukasti.

Saat lisatietoja kohdasta 14.2.3 - Parafiinin
poisto ja sintraus

Lampdoesikasittelyhoito

*HIER ER1:lI3 tai
ER2:lla

Heat Induced Epitope Retrieval -
toimenpiteessa, eli kuumennuksella
tapahtuvassa epitooppien palautuksessa,
kudoksesta rajattu kohdeosa altistetaan
puskuriliuokselle, joka muuttaa kudoksen
rakennetta ja parantaa varjayksen tehoa.
Saatavilla on useita eri pituisia ja eri lampétiloja
kayttavia valmiiksi madritettyja
lampdoesikasittelyprotokollia.

Entsyymiesikasittely *Enzyme 1 (Entsyymi 1) | Saatavilla on kahdeksan eri
entsyymiesikasittelyprotokollaa.
*Enzyme 2 (Entsyymi 2) A4 YP
) Protokollat kayttavat eri entsyymeita, ja ne
%
Enzyme 3 (Entsyymi 3) eroavat myds inkubaatioaikojen osalta.
*Enzyme 5 (Entsyymi 5)
ISH *Denaturation Jarjestelmassa on yksi valmiiksi maaritetty (10
-denaturaatio (Denaturaatio, 10 min) | minuutin) ISH-denaturaatioprotokolla.
ISH *ISH Hybridization Jarjestelmassa on kaksi valmiiksi maaritettya
-hybridisaatio (ISH-hybridisaatio, 2 ISH-hybridisaatioprotokollaa (2 tuntia ja 12
tuntia) tuntia).
*ISH Hybridization
(ISH-hybridisaatio, 12
tuntia)
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8. Reagenssin hallinnointi ( BOND -
ohjaimessa)

BOND-jarjestelma pitaa kirjaa kaikista jarjestelmdssa kaytetyista muista kuin bulkkireagensseista,
seuraamalla jokaista reagenssisailiéta ja sen sisaltda. Sen avulla voit myds asettaa leikepaneeleita spesifeilla
markkereilla tapauksen luomisen nopeuttamiseksi.

Tama luku sisaltaa seuraavat osiot:

« 8.1 - Reagenssin hallinnan yleiskatsaus
« 8.2 - Reagenssin asetusnaytto

« 8.3 - Reagenssien luettelon nayttd

« 8.4 - Reagenssipaneeleiden ndyttd
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8. Reagenssin hallinnointi ( BOND -ohjaimessa)

8.1 Reagenssin hallinnan yleiskatsaus

Reagenssin hallinta BOND-jarjestelmassa sisaltaa yksittaisten reagenssitietojen asennuksen ja yllapidon,
luettelon hallinnan kaikille reagenssipakkauksille (lukuun ottamatta bulkkireagensseja) ja
markkerijoukkojen luomisen, joita kutsutaan “"paneeleiksi” ja joita kdytetdan leikkeiden luomiseen.

Avaa ndiden toimintojen suorittamiseen reagenssien hallintandytét napsauttamalla Reagent Reagent setup
setup (Reagenssin asetus) -kuvaketta toimintopalkissa. oLi

Napsauta ndytdn vasemmassa ylakulmassa olevaa valilehtea ja avaa tarvittava nayttd (Setup
(Asetus), Inventory (Luettelo) tai Panels (Paneelit)).

Reagent setup

T I O =" A
*COAD [56CE) eyl Frimaty arbbody  Lawa Meitsyslin o 3
SCOAE [Cade-1) ‘DS Primary anbbedy Laxa Mcroasalems o
*CO00 (W) COH) Primary arbbody  Laica Mcoayuiema o
*CIE (ACH O Primary arbbody  Leica Mcmaysieme o
"COM (1G13) oM Primarg arbbady Lk Moimsysieme.
*COE 4CT) Cos Frimary arbbody  Liita NeCIsyslims. L
“COEE [COSE) “COSE Frimary astbody  Leica Meeisysioms -
‘COT JLF5) HEW® ‘o7 Primary antbody Laa Mcrcayslams w
*Cytokowabn 21 (Kadd &) TR0, Primary anbhady Laica Mcouulame w
*Cyichosabn 21 (FW31] M Prmarg arbbady  Lesa Mcmayslems o
*Cytokesain T [RNT) = Primarg arbbady  Leka Monsyeiems -
‘Estapan Aecapiar EF 19} ‘ER Frimary anbbady Lewa Moimsysieme. -
Gl Finrillary fesele Proden [GAS) ‘GFAF Frimary anbbody Lanca M iy slinns. o
“rraroghosubn & [NICLA) ‘igd Primuary anbboedy Lawca Mcrmasalarrs o
*imemanaglozulin [ [DRN1C) gl Primary arbbody  Lasica Mcmayuems o
*immurogiozubn G (Poiycional] gl Primary arbbody  Leica Mcmayseme o
"Wetan A [A103 "Helh Frimary arbbody  Leica Momsyrisme -
*Musgativg "hg Frimary arbbody  Labasalony SpociSed -

Package byps Fomngun bypsa Srppimee Predemas stabus

Kuva 8-1: Reagenssin asetusnayttd

Reagent setup (Reagenssin asetus) -ndytdssa nakyy taydellinen luettelo kaikista BOND-jarjestelman
tunnistamista reagensseista. Luettelossa ei ole valmiiksi pakattuja reagenssijarjestelmia, esim. BOND-
detektiojarjestelmia, mutta se nayttaa jarjestelmat muodostavat reagenssit. Siind on myos sekoitettuja
reagensseja, jotka sekoitetaan prosessointimoduulissa detektiojarjestelmassa olevista komponenteista.
Nayttda kaytetdan reagenssin ominaisuuksien tarkasteluun, jarjestelman uusien reagenssien luomiseen ja
reagenssiasetusten maarittamiseen.

Toisaalta taas Reagent inventory (Reagenssiluettelo) -ndytdssa nakyy reagenssijarjestelmien seka
yksittdispakattujen reagenssien luettelo. Luettelossa nakyy kaikkien reagenssien tai jarjestelmatyyppien
kokonaisvarasto, seka myos tietoja yksittdisista pakkauksista.

Reagent panels (Reagenssipaneelit) -ndytdssa voidaan luoda tyypillisesti tiettyihin diagnooseihin
yhdessa kaytettyjen markkerien joukko. Leikkeen luomisen aikana BOND-ohjelmistossa paneelin valinta luo
leikkeen jokaiselle paneelin markkerille, mika nopeuttaa tata prosessia merkittavasti.

o 8.1.1 - Yleiset tiedot

« 8.1.2 - Teranostiset jarjestelmat
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8.1.1 Yleiset tiedot

« 8.1.1.1 - Reagenssiluokat

« 8.1.1.2 - Reagenssin tydnkulku

« 8.1.1.3 - Reagenssin tunnistaminen
« 8.1.1.4 - Reagenssin korvaaminen

8.1.1.1 Reagenssiluokat

Bulkkinesteiden lisaksi BOND-jarjestelmassa voidaan kayttda neljaa erilaista fluidistorijarjestelmén
"pakkaustyyppia”:
« BOND-detektiojarjestelmat: esipakatut detektioreagenssien alustat, joita kdytetdan kayttdjien
valitsemien markkereiden kanssa leikkeiden asennuksen aikana
« Leican teranostiset jarjestelmat: esipakatut markkereiden ja lisé- ja detektioreagenssien alustat,
joiden avulla voidaan arvioida potilaita, joille harkitaan tietyn ladkkeen kayttda. Jarjestelmiin voi
kuulua kontrollileikkeita (ks. 14.1.2 - Teranostiset jarjestelmat)
« BOND-puhdistusjarjestelmat: esipakatut laitteiden puhdistamiseen kaytettavien puhdistusliuosten
alustat (ks. 12.6.1 - Imuanturin puhdistaminen)
« Reagenssisailiot: yksittdiset reagenssisailiot, jotka siséltdvat markkereita (primaarit tai anturit) tai
lisdreagensseja — kayttdvalmiissa tai avoimissa séilidissa (ks. 2.6.3 - Reagenssijarjestelmat ja -sailiot)

BOND-detektiojarjestelmia, puhdistusjarjestelmia ja teranostisia jarjestelmia kutsutaan yhteisesti nimelld
"reagenssijarjestelmat”.

"Markkeri” viittaa IHC:n primaarivasta-aineeseen tai ISH:n anturiin.

Reagenssit on jaettu seuraaviin “reagenssityyppeihin”:

« Primaarit: markkerireagenssi IHC:ssa

« Anturi: markkerireagenssi ISH:ssa

« Lisdreagenssit: kaikki muut reagenssit kuin markkerit, joita kdytetadn kudoksen késittelyyn ennen
varjaysta tai sen jalkeen

« Sekoitetut: lisdreagenssit, jotka on luotu protokollan ajon aikana reagenssijarjestelman
komponenteista tai yksittaisten séilididen komponenteista. Sekoitettuja reagensseja ei saa koskaan
varastoida, mutta niiden on oltava jarjestelmassa protokollan vaiheisiin sisallyttamista varten.

Reagenssi- ja reagenssijarjestelmien luetteloita Reagent setup (Reagenssin asetus)- ja Reagent
Inventory (Reagenssien luettelo) -naytdissa voi suodattaa ndiden luokitusten mukaisesti.
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8.1.1.2 Reagenssin tyonkulku

Ennen kuin BOND-jarjestelma voi kdyttaa mita tahansa reagenssia, sen taytyy ensin tunnistaa se
kolmivaiheisessa prosessissa:

1. Reagenssityypin tulee sisaltya reagenssiluetteloon Reagent setup (Reagenssin asetus) -
naytdssa — kaikki kayttdvalmiit Leica Biosystems -reagenssit ja monet Leica Biosystems -
lisdreagenssit (mukaan lukien ne, jotka kuuluvat BOND-jarjestelman detektio-, teranostisiin ja
puhdistusjarjestelmiin) on esimadritetty, mutta kayttajan on lisattdva muut reagenssit luetteloon.

2. Uusien tuotteiden saapuessa yksittdiset reagenssisailidt ja reagenssijarjestelmat skannataan BOND-
jarjestelmaan eli “rekisterdidaan” niiden lisdamiseksi luetteloon.

1. Kun kaikki on valmiina reagenssin tai jarjestelman kayttamiseen, se ladataan reagenssialustalle,
jossa BOND-jarjestelma tunnistaa sen ja paivittaa luettelon reagenssin kdayton mukaisesti.

BOND-ohjelmisto pitaa kirjaa kunkin yksittdisen sdilion ja jarjestelman sisallosta seka kunkin reagenssityypin
kokonaismaarasta. Voit asettaa Leica Biosystems -reagensseille uuden tilauksen aikarajan, joka varoittaa,
kun varastot ovat vahissa. Ks. Minimum Stock (Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen osiossa

8.3.2 - Reagenssin tai reagenssijarjestelman tiedot

8.1.1.3 Reagenssin tunnistaminen

Yksittaisissa reagenssisailidissa on kaksi viivakoodia tunnistamista varten. Sailididen etuosassa olevia
pidempia viivakoodeja kaytetaan sailididen rekisterdintiin ja niiden tunnistamiseen rekisterdinnin jélkeen
(ks. 8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisteréiminen). Lyhyemmat viivakoodit sailididen
yldosassa (kansien alla) ovat koodattuja ainutkertaisia pakkaustunnisteita (UPI), joita kaytetadan BOND-
jarjestelmassa sailididen tunnistamiseen silloin, kun ne on ladattu prosessointimoduuleihin. Kayta UPI-
koodia ladatun reagenssisailion manuaaliseen tunnistamiseen silloin, kun sita ei voida skannata
onnistuneesti (ks. 5.1.3.5 - Havaitsemattomien reagenssien korjaaminen).

Reagenssijarjestelmat tunnistetaan kahdella viivakoodilla alustojen sivuilla. Kdytd molempia viivakoodeja
jarjestelmien rekisterdimiseen ja tunnistamiseen rekisterdinnin jalkeen. Reagenssijarjestelmien yksittaisissa
sailidissa on UPI-viivakoodit yla- ja etuosissa. BOND-ohjelmisto kayttda niita jérjestelmien tunnistamiseen
silloin, kun sailiét on ladattu prosessointimoduuleihin, ja sinun taytyy sy6ttaa ne manuaalisesti, jos
automaattinen tunnistus epaonnistuu.

Voit milloin tahansa tarkastella tietoja kaikista rekisterdidyista reagensseista tai reagenssijarjestelmista
skannaamalla uudelleen yksittaisten sailididen sivuilla olevat pitkat viivakoodit tai reagenssijarjestelmien
sivuilla olevat kaksi viivakoodia.

Jos pakkausta ei voida skannata, avaa Manual ID entry (Manuaalinen tunnisteen sy6tto) -
valintaikkuna napsauttamalla joko Search (Haku) -kuvaketta toimintapalkissa tai Enter ID (Syota
tunniste) -painiketta Reagent inventory (Reagenssien luettelo) -naytossa.

Kirjoita pakkauksen tunniste tai tunnisteet ja napsauta Validate (Vahvista) Search
(reagenssijarjestelmissa napsauta Validate (Vahvista) jokaisen viivakoodin syéttamisen Q\

jalkeen). Tama avaa sailion tai jarjestelmdn Reagent inventory details (Reagenssien
luettelon tiedot)- tai Reagent system inventory details (Reagenssijarjestelmdn luettelon
tiedot) -valintaikkunassa.
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8.1.1.4 Reagenssin korvaaminen

Prosessointimoduuliin tulee ladata riittava madra kaikkia vaadittuja reagensseja ennen prosessoinnin
aloittamista. Joskus kuitenkin alussa jarjestelméssa ollut reagenssi ei ehka olekaan kaytettavissa
tarvittaessa. Tama voi johtua siita, etta kayttaja on poistanut reagenssialustan tai reagenssisailiéssa on
saattanut olla todellisuudessa alussa maaritettya maaraa vahemman reagenssia. Jos nain tapahtuu, BOND-
jarjestelma yrittda korvata puuttuvan reagenssin saman tyyppisella reagenssilla toisesta sailiostd. BOND-
jarjestelma kayttaa seuraavia saantéja, kun puuttuvaa reagenssia korvataan:

« Jarjestelma yrittaa aluksi korvata puuttuvan reagenssin jollakin saman tyyppisellé reagenssilla
samasta reagenssijarjestelmasta.
Jos tdma onnistuu, ajo jatkuu ilman ilmoitusta.

« Jarjestelma yrittda sen jalkeen korvata puuttuvan reagenssin vaihtoehtoisella l&hteelld, jolla on sama
tyyppi ja sama eranumero.
Jos tdma onnistuu, ajo jatkuu ilman ilmoitusta.

« Jarjestelma yrittaa sen jalkeen korvata puuttuvan reagenssin vaihtoehtoisella lahteelld, jolla on sama
tyyppi mutta eri eranumero.
Jos tdma onnistuu, ajo jatkuu, mutta ndin kasiteltyihin leikkeisiin tulee tapahtumailmoitus.

« Jos reagenssin korvaaminen ei ole mahdollista, reagenssi korvataan bulkkireagenssilla kaikissa
vastaavien leikkeiden annosteluissa, kunnes ajo paattyy.
Ajo jatkuu, mutta vastaaviin leikkeisiin tulee tapahtumailmoitus.

« Jos tdma vaikuttaa kaikkiin leikkeisiin ja reagenssi joudutaan korvaamaan bulkkireagenssilla, ajo
hylataan.

8.1.2 Teranostiset jarjestelmat

Leican teranostiset tuotteet BOND-jarjestelmille sisdltavat reagenssijarjestelmia ja voivat sisaltaa
kontrollileikkeita. Niihin tarvitaan my6s standardeja bulkkireagensseja ja joissakin jarjestelmissa
lisdareagensseja.

Noudata aina teranostisten jarjestelmien mukana tulevia ohjeita ja huomioi seuraavat seikat:

« Bond™ Oracle™ HER2 IHC System -jarjestelman mukana toimitettuja kontrollileikkeitad kutsutaan
nimella Oracle-kontrollileikkeet, ja ne ovat erilaisia kuin Oracle-ajojen yhteydessa kaytettavat
laitoksen omat kontrollileikkeet.

« Laitoksen omat kontrollileikkeet luodaan ohjelmistossa kdyttaen standardeja Tissue type

(Kudostyyppi)- ja Marker (Markkeri) -asetuksia Add slide (Lisda leike) -
valintaikkunassa, mutta niissa ei kayteta Oracle control (Oracle-kontrolli) -asetusta.

« Oracle-kontrollileikkeet on maaritettdva kayttden Oracle control (Oracle-kontrolli) -
asetusta asianmukaisen Tissue type (Kudostyyppi) -asetuksen lisaksi.

« Oracle-kontrollileikkeitd voidaan kayttaa vain niiden mukana toimitetun spesifin jarjestelman kanssa.
« Oracle-leikemerkinndissa kdytetaan erityisia Oracle-merkintamalleja, jotka on maaritelty yllapito-
ohjelmassa Labels (Merkinnat) -ndytossa (ks. 10.3 - Merkinnat).
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8.2 Reagenssin asetusnaytto

Reagent setup (Reagenssin asetus) -naytossa nakyy luettelo kaikista BOND-ohjelmiston tuntemista
reagensseista, mukaan lukien reagenssijarjestelmien reagenssit ja reagenssijarjestelman komponenteista
prosessointimoduulissa sekoitetut reagenssit. Kaikki kayttdvalmiit BOND-primaarit on ennalta maaritelty
luettelossa (eika niita voi poistaa), samoin kuin kayttévalmiit BOND-ISH-anturit ja useat yleiset Leica
Biosystems -liséreagenssit.

Taulukon alla olevien suodattimien avulla voit nayttaa tietyn tyyppiset reagenssit. Et voi suodattaa
pakkaustyyppejd, mutta voit suodattaa reagenssityyppien mukaan (primaarit, anturit, liséreagenssit,
sekoitetut reagenssit, Oracle-reagenssit ja rinnakkaiskaksoisvarjayksen primaarit ja anturit) seka
toimittajien ja ensisijaisen tilan mukaan.

Taulukon ylapuolella olevien painikkeiden avulla voit liséta luetteloon uusia reagensseja, avata taulukossa
valitun reagenssin, tarkastella tai muokata sen tietoja tai poistaa taulukossa valitun reagenssin (voit poistaa
vain muita kuin Leica Biosystems -reagensseja).

Et voi rekisterdida reagensseja, jotka eivat sisally tdhan luetteloon tai kdyttajan maarittdmia reagensseja,
jotka eivat ole ensisijaisia.

Taulukko sisaltaa seuraavat tiedot kullekin reagenssille:

Nimi Reagenssin koko nimi.
Alussa oleva “*” merkki osoittaa ennalta maaritetyn Leica Biosystems -
reagenssin.

Lyh. nimi Reagenssin lyhyt nimi, jota kdytetadn leikkeiden merkinndissa ja Status (Tila)
-ndytossa.

Type (Tyyppi) Reagenssin tyyppi, esimerkiksi ensisijainen.

Supplier Reagenssin toimittajan nimi.

(Toimittaja)

Pref. Rastitetut (ensisijaiset) markkerit sisaltyvat leikkeen maaritysluetteloihin

(Ensisijaisuus) muualla BOND-ohjelmistossa.
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Muokattavat reagenssin ominaisuudet

Nimen ja toimittajan tietojen liséksi reagenssien muokattavat vaihtoehdot ovat:
1. Markkereille

Oletusarvoisesti valitut protokollat, kun markkeri valitaan leikkeen luomisen aikana (ks.

6.5.2 - Leikkeen luominen). Erilaisia protokollia voidaan asettaa yksittaisille markkerien
kaytoille ja kaksoisvarjdyksen ensimmaiselle ja toiselle kaytélle.

Ensisijainen tila — vain ensisijaiset markkerit ndkyvat Marker (Markkeri) -pudotusvalikossa
leikkeen luomisen aikana (ks. 6.5.2 - Leikkeen luominen) ja Available markers (Saatavilla
olevat markkerit) -luettelossa Reagent panels properties (Reagenssipaneelien
ominaisuudet) -valintaikkunassa paneelin luomisen aikana (ks. 8.4.1 - Paneelin luominen).
Reagenssinayttojen luettelot voidaan suodattaa myo6s téman ominaisuuden mukaan.
Vaarallinen tila — vaarallisiksi merkityt markkerit poistetaan vaarallisen jatteen sailioon. Tata
asetusta ei voi muuttaa ennalta maaritetyille reagensseille.

2. Lisdreagensseille

Katso osiot:

Bulkkireagenssit, jotka ovat yhteensopivia reagenssin kanssa — BOND-jarjestelma estaa
automaattisesti yhteensopimattomien lisa- ja bulkkireagenssien paasyn.

Ensisijainen tila — reagenssinayttdjen luettelot voidaan suodattaa tdman ominaisuuden
mukaan.

Vaarallinen tila — vaarallisiksi merkityt markkerit poistetaan vaarallisen jatteen sailioon. Tata
asetusta ei voi muuttaa ennalta méaaritetyille reagensseille.

« 8.2.1 - Reagenssin lisaédminen tai muokkaaminen

« 8.2.2 - Reagenssin poistaminen

8.2.1

Reagenssin lisaaminen tai muokkaaminen

Jos haluat lisata luetteloon reagensseja, napsauta Reagent setup (Reagenssiasetukset) -ndytén
vaihtoehtoa Add (Lis@a). BOND -ohjelmisto nayttda Add reagent (Lisaa reagenssi) -valintaikkunan.
Katso Kuva 8-2 alta.
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Kuva 8-2: Add reagent (Lisaa reagenssi) -valintaikkuna

Jos haluat muuttaa olemassa olevan reagenssin tietoja, valitse se ja napsauta Open (Avaa), tai
kaksoisnapsauta sitd. Ohjelmisto nayttaa Edit reagent properties (Muokkaa reagenssin
ominaisuuksia) -valintaikkunan. Tama valintaikkuna on sama kuin Add reagent (Lisaa reagenssi) -
valintaikkuna, paitsi ettd siihen on jo tdytetty valitun reagenssin tiedot.

Lisaa reagensseja tai muokkaa niiden tietoja seuraavasti:

1.

O

Jos lisaat uuden reagenssin, anna sita kuvaava nimi Name (Nimi) -kenttdan.
Uuden reagenssin nimi ei voi alkaa "*"-merkilld, silla se on varattu Leica Biosystems -reagensseille.

Varmista, etta valitset reagenssille sellaisen nimen, joka ei aiheuta sekaannuksia, kun luot protokollia
tai leikkeita.

Syota uuden reagenssin lyhennetty nimi Abbreviated name -kenttaan. Lyhennetty nimi voi olla
korkeintaan 8 merkkia pitka.

Tama nimi nakyy Status (Tila) -ruudun leikekuvakkeessa, ja se tulostetaan leikkeiden merkintdihin.

Jos BOND-jarjestelma on yhdistetty LIS-jarjestelmaan, sy6ta kaytetyn reagenssin LIS-jarjestelmaan
tallennettu nimi Public name (Julkinen nimi) -kenttaan (ei koske lisdreagensseja).

Jos luot uuden reagenssin, valitse reagenssin tyyppi Type (Tyyppi) -pudotusvalikosta.
Valintaikkuna muuttuu valitsemasi tyypin mukaan.

Syo6ta reagenssin toimittajan nimi Supplier (Toimittaja) -kenttdan.

Jos reagenssi on markkeri (ts. primaarivasta-aine tai RNA- tai DNA-anturi), valitse erityyppisten sita
kayttavien varjaysajojen oletusprotokollat.

Valitse Single/double stain (Yksois-/kaksoisvarjdys) -kentén vaihtoehto Single/Sequential
DS (Yksoisvarjdys/sekventiaalinen kaksoisvarjdys) asettaaksesi Single (Yksittainen) -
valilehdelld valittavat yksoisvarjaysajoissa kaytettdvien markkerien oletusprotokollat.
Sekventiaalisten kaksoisvarjdysajojen markkereita koskevat asetukset valitaan First
(Ensimmainen)- ja Second (Toinen) -valilehdilla.

Voit maarittaa rinnakkaisten kaksoisvarjaysajojen markkerien oletusprotokollat valitsemalla
vaihtoehdon Parallel DS (Rinnakkainen kaksoisvarjays).

Jos reagenssi on RNA- tai DNA-anturi, kaikilla ylla mainituilla valilehdilla ndkyy lisédprotokollia
(denaturointi- ja hybridisaatioprotokollat).

Valmiiksi maaritetyt BOND-markkerit: valitse Restore factory default protocols (Palauta
tehtaalla maaritetyt oletusprotokollat), jos haluat palauttaa markkerille suositellut tehtaalla
maaritetyt oletusprotokollat (sinun on kirjauduttava sisaan valvojana, jotta voit palauttaa
tehdasasetukset).

Vain jos kyseessa on kayttdjan luoma lisareagenssi: tarkista bulkkiliuoksen yhteensopivuus ja tee
tarvittavat muutokset.

Useimmissa jarjestelmissa Compatible bulks (Yhteensopivat bulkkiaineet) -luettelossa
naytetaan oletusasetuksena BOND Wash Solution -pesuaine (*BWash) ja deionisoitu vesi (*DI).
Tama tarkoittaa, ettd jompaakumpaa nadista aineista kdytetaan fluidistorijarjestelmassa reagenssin
imemiseen ja aspirointiin. Vaikka bulkkiliuoksen ei tulisi paasta koskettamaan lisareagenssia,
imuanturissa niiden lieva kontakti on mahdollinen. Jos haluat poistaa téman riskin, valitse ensin se
bulkkiliuos, jonka et halua paatyvan kosketuksiin reagenssin kanssa, ja napsauta sitten <<
siirtadksesi sen Available bulks (Saatavilla olevat bulkkiaineet) -listalle.

Jarjestelmassa on oltava vahintaan yksi yhteensopivaksi maaritetty bulkkiliuos.
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voi pilata tai heikentda varjayksen tuloksia ja vahingoittaa laitteen

C Jos keskenaan yhteensopimattomat liuokset paatyvat koskettamaan toisiaan, tama
prosessointimoduulia. Varmista liuosten yhteensopivuus Leica Biosystems -yhtiosta.

8. Markkerit: napsauta Preferred (Ensisijainen) nayttadksesi primaarivasta-aineen tai anturin Slide
setup (leikeasetukset) -valintaikkunoissa.
Lisareagensseissa Ensisijainen-tilaa kdytetdan ainoastaan Reagent setup
(Reagenssiasetukset)- ja Inventory (Luettelo) -nayttojen tietojen suodattamiseen.

9. Jos haluat, ettd reagenssi huuhdellaan vaarallisen jatteen sdilioon, napsauta Hazardous
(Vaarallinen).
10. Lisaa reagenssin tiedot BOND-jarjestelmaan napsauttamalla Save (Tallenna).

Voit keskeyttda prosessin milloin tahansa napsauttamalla Cancel (Peruuta). Téssa tapauksessa kaikki
tekemasi muutokset hylataan.

8.2.2 Reagenssin poistaminen

Jos haluat poistaa reagenssin, valitse se Reagent setup (Reagenssiasetukset) -nayton luettelosta ja
napsauta Delete (Poista). Valmiiksi maaritettyja Leica Biosystems -reagensseja (alussa asteriski) ei voi
poistaa.

Kun poistat reagenssin tiedot, poistat samalla my®os siihen liittyvien pakkausten varastotiedot. Poistettuja
reagenssitietoja tai varastotietoja ei voi palauttaa.

Jos et enaa tarvitse reagenssia, jota olet aikaisemmin kayttanyt, poistamisen sijaan sinun kannattaa merkita
se ei-ensisijaiseksi. Tallbin reagenssia ei ndyteta suurimmassa osassa ndytoistda, mutta se pysyy silti
ohjelmistossa.
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8.3 Reagenssien luettelon naytto

Reagent inventory (Reagenssien luettelo) -naytdssa luetellaan kaikki reagenssit ja
reagenssijarjestelmat, jotka on koskaan rekisterdity BOND-jarjestelmaan seka niiden nykyiset
varastomaarat. Kayta nayttda luettelon tarkasteluun ja hallinnointiin.

Reagent setup
Tk
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Kuva 8-3: Reagent inventory (Reagenssien luettelo) -naytto

Leica Biosystems -reagenssit, joiden maara varastossa on vahimmaisrajan alapuolella, nakyvat naytolla

punaisina.

Taulukon alla olevien suodattimien avulla voit nayttaa tietyn tyyppiset reagenssit tai jarjestelmat.

BOND-detektio-, Oracle- ja puhdistusjarjestelmissa, jotka on valittu Package type (Pakkaustyyppi) -
suodattimella, voit suodattaa vain Inventory status (Luettelon tila) -osiossa, eli jos haluat tarkastella
kaikkia rekisteroityja jarjestelmid, vain varastossa olevia tai niitd, joiden maara on tilausrajan alapuolella.

Yksittdisten reagenssisdilididen tapauksessa voit suodattaa myds seuraavien mukaan: Supplier
(Toimittaja), Preferred status (Ensisijainen tila) ja Reagent type (Reagenssityyppi) (ts. voit
tarkastella valintoja "Primaries” (Primaarit), “Probes” (Anturit), "Parallel DS Primaries” (Rinnakkaisen
kaksoisvarjayksen primaarit), "Parallel DS Probes (Rinnakkaiset kaksoisvarjayksen anturit), "Ancillaries”
(Lisdreagenssit) tai "All” (Kaikki) reagenssit).

174

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



8. Reagenssin hallinnointi ( BOND -ohjaimessa)

Jotkut tai kaikki seuraavista tiedoista voidaan nayttaa reagenssityypista riippuen.

Nimi

Supplier
(Toimittaja)

Type (Tyyppi)

Luettelonro

volyymi (ml)

Ajoja jaljella

Puhdistuksia
jaljella

Min. (ml)

Min. (ajoja)

Min.
(puhdistuksia)

Reagenssin koko nimi.

Reagenssin toimittajan nimi. Ei ndyteta reagenssijarjestelmien kohdalla.

Reagenssin tyyppi, esimerkiksi ensisijainen. Ei ndyteta reagenssijarjestelmien
kohdalla.

Reagenssin luettelonumero, joka tulee mainita tilauksen yhteydessa. Tata ei
nayteta reagenssijarjestelmien kohdalla (sarake on ndkyvissa, mutta kaikki
arvot ovat tyhjia).

Kaytettavissa olevan reagenssin kokonaismaara. Tama sisaltaa kaikki
rekisterdidyt reagenssipakkaukset, jotka voivat olla tai eivat ole ladattuina
prosessointimoduuliin (ks. 8.3.1 - Reagenssin volyymin maarittdminen ).

Oracle-jarjestelmissa jaljelld olevien ajojen maara.
Puhdistusjarjestelmissa jaljella oleva puhdistusmaara.
Vain Leica Biosystems -reagenssien varastossa oleva maara, jolloin saat

kehotuksen uuden tilauksen tekemisesta (ks. 8.3.2.1 - Minimum Stock
(Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen).

Oracle-jarjestelmissa jaljella olevien ajojen maara, jolloin saat kehotuksen
uuden tilauksen tekemisesta (ks. 8.3.2.1 - Minimum Stock
(Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen).

Puhdistusjarjestelmissa jéljella olevien puhdistuskertojen maar3, jolloin saat
kehotuksen uuden tilauksen tekemisesta (ks. 8.3.2.1 - Minimum Stock
(Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen).
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Voit hallinnoida reagenssiluetteloa reagenssitaulukon yldpuolella olevilla ohjauspainikkeilla.

« Napsauta Details (Tiedot) nahdaksesi tiedot valitun reagenssityypin yksittdisista

reagenssipakkauksista ja niiden asetuksista.
Ks. lisdtietoja kohdasta 8.3.2 - Reagenssin tai reagenssijarjestelman tiedot.

Napsauta Enter ID (Syota tunniste) reagenssiluettelon lisaamiseksi jarjestelmain Manual ID
entry (Manuaalinen tunnisteen syotto) -valintaikkunassa, jos kasikayttdinen skanneri ei
tunnista tunnistetta automaattisesti.

Ks. lisdtietoja kohdasta 8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisteréiminen.

Napsauta Details report (Tietoraportti) ja luo raportti taulukossa parhaillaan olevista
reagensseista tai reagenssijarjestelmista.

Ks. 8.3.4 - Luettelon tietojen raportti .

Napsauta Reagent usage (Reagenssin kayttd) ja luo raportti reagenssin kaytosta tietyn
ajanjakson kuluessa.

Ks. 8.3.5 - Reagenssien kayttéraportti

Ks. myds 8.3.1 - Reagenssin volyymin madrittdminen saadaksesi yleiskuvauksen siitd, miten BOND seuraa
reagenssiluetteloa.
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8.3.1 Reagenssin volyymin maarittdminen

BOND-jarjestelma maarittda reagenssialustassa olevien reagenssien volyymit kahdella eri menetelmalla:
jarjestelma laskee volyymin alussa annetun volyymin ja kdyttémaarien perusteella; lisaksi jarjestelma mittaa
volyymin siihen kuuluvalla nestetasonmittausjarjestelmalla (LLS-jarjestelmalld).

Volyymin laskenta perustuu alussa annettuun volyymiin, jota paivitetaan kayttémaarien ja
uudelleentayttdjen perusteella (jalkimmainen koskee vain avoimia saili6itd). Laskennan tulos ei valttamatta
pade, jos reagenssia on haihtunut tai laikkynyt sdilidsta.

LLS-jarjestelma on integroitu imuanturiin. Kun imuanturi laskeutuu sailiéon, se mittaa reagenssin pinnan
korkeuden ja maarittda sen perusteella reagenssin volyymin. Oletusasetuksia kdytettdessa jarjestelma
suorittaa LLS-volyymimittauksen (mittauksesta kaytetdadn myos nimitysta “dip test”, eli "kastotesti”)
monissa tilanteissa automaattisesti. Mittaus suoritetaan esimerkiksi aina, kun sailiéssa olevaa volyymia ei ole
mitattu 30 paivaan. Mittaus suoritetaan myds silloin, kun reagenssia on saattanut haihtua tai sdiliéta on
kaytetty toisessa jarjestelmassa. Tallaiset oletusasetuksilla suoritettavat kastotestit ajoitetaan aina siten,
ettd ne eivat aiheuta kasittelyviiveita. Tasta johtuen on mahdollista, ettd reagenssin volyymi nakyy liian
suurena ennen silla suoritettavia ajoja ja padsee loppumaan ennen niiden paattymista. Jos ndin kay,
jarjestelma antaa halytyksen, minka jalkeen kayttdjan on joko taytettdava asianmukainen sailio (koskee vain
avoimia sailidita) tai varmistettava sopivan korvaavan reagenssin saatavuus (katso 8.1.1.4 - Reagenssin
korvaaminen).

Halutessasi voit myds maarittad BOND-jarjestelman suorittamaan sailiille kastotestin ennen jokaista
prosessointiajoa. Se on maaritettava erikseen avoimille séilidille, kayttdvalmiille sailidille ja
reagenssijarjestelmille. Kyseinen asetus varmistaa, ettd reagenssi ei koskaan lopu kesken ajon. On tosin
huomattava, etta kastotestien suorittaminen hidastaa prosessointia. Voit maarittda nama asetukset yllapito-
ohjelman Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -naytossa (katso

10.5.1 - Laboratorioasetukset).

8.3.1.1 Maarien raportointi detektiojarjestelmille

Jotta BOND-detektiojarjestelmien raportoimat maarat voidaan saattaa vertailukelpoisiksi yksittaisista
sailidista raportoiduille maarille (jotta voidaan arvioida leikkeiden lukumaara, jolle detektiojarjestelmaa
voidaan kayttaa), jarjestelmén maarat raportoidaan millilitroina yhden sailion suhteen. Koska
detektiojarjestelmissa on kuitenkin tilavuudeltaan erilaisia sailiéita, niiden maaran raportointiin tulee
soveltaa tdssa osiossa kuvattua saantoa.

Huomaa, etta tdma saantd ei koske Oracle- tai puhdistusjarjestelmia, jotka ilmoittavat jaljelld olevien ajojen
tai puhdistuskertojen lukumaaran.

Detektiojarjestelmissa maara raportoidaan suhteessa jarjestelman suurimpaan yksittaiseen sailioon.
Esimerkiksi, jos suurimmassa sailiossa on 30 ml, jarjestelman maara raportoidaan suhteessa 30 ml. BOND-
ohjelmisto olettaa, etta kaikki uusien jarjestelmien sailét ovat tdynna, joten jos jarjestelman suurin sailié on
30 ml, raportoidaan jarjestelmassa olevan 30 ml sen ensimmaisen rekisterdinnin yhteydessa.

Kun reagenssia kaytetaan, ilmoitettu arvo on sen siilion méaara, jolla on alhaisin suhteellinen tilavuus. Jos
taman sailion tilavuus ei ole sama kuin jarjestelman suurimman sailién, arvo normalisoidaan suurimman
sailion tilavuuteen. Esimerkiksi jarjestelmdssd, jossa on useita 30 ml:n sdiliétad ja kaksi 2.4 ml:n sdiliétd, on
mahdollista, ettad yhdessa 2.4 ml:n sdilidistd on alkuperdiseen maaraan verrattuna vahaisin maara
reagenssia. Jos siina on jaljella 1.2 ml (puolet sen alkuperdisestd maarasta), silloin jarjestelman maara
kokonaisuudessaan raportoidaan puoleksi 30 ml:n maarasta, eli 15 ml.
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8.3.2 Reagenssin tai reagenssijarjestelman tiedot

Jos haluat nayttaa reagenssin tai reagenssijarjestelman yksittdisten pakkausten tiedot, kaksoisnapsauta
reagenssityyppia Reagent inventory (Reagenssin luettelo) -taulukossa tai valitse se ja napsauta Details
(Tiedot).

“Happa Probe

Packags namm  Kazos Probe .
Catalog K™ PROGSS Miniran gad 19 00

BOEME1] 12k ] Fat-1] A1l EED GED

Kuva 8-4: Reagent inventory details (Reagenssin luettelon tiedot) -valintaikkuna

Luettelon tietojen valintaikkunassa nakyy valitun reagenssin tai jarjestelman jokainen yksittainen pakkaus.
Valintaikkunan kentét ja vaihtoehdot vaihtelevat reagenssipakkauksen tyypin ja toimittajan mukaan.
Oletusarvoisesti nakyvissa ovat vain pakkaukset, joiden reagenssi on kaytettavissa eika se ole vanhentunut.
Voit myo6s ndyttaa tyhjat pakkaukset (joiden vanhenemispaivamaara ei ole vield umpeutunut) tai kaikki
viimeisen kuukauden aikana vanhentuneet pakkaukset — valitse Available (Kdytettavissa), Empty
(Tyhja) tai Expired (Vanhentunut) -valintaikkunassa.

Reagenssin Package name (Pakkauksen nimi) ndytetdan kaikille reagenssipakkaustyypeille. Liséksi
BOND-reagensseista ndytetdan Catalog N° (Luettelonro) uusia tilauksia varten ja BOND-reagensseilla
(mutta ei jarjestelmilla) on myds Package name (Pakkauksen nimi), joka sisaltad pakkauksen koon.

BOND-reagensseilla ja -jarjestelmilla on myds Minimum stock (Vahimmaisvarasto) -kenttd, jossa
nakyy varastotason raja, jolloin sinua kehotetaan tilaamaan lisda reagenssia (ks. 8.3.2.1 - Minimum Stock
(Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen).

Voit skannata rekisterdidyn reagenssisailion tai reagenssijarjestelman sivulla olevan viivakoodin tai -
viivakoodit kasikayttdisella skannerilla sen luettelon tietojen nayttamiseksi. Skannattu luettelon tuote nakyy
korostettuna tietotaulukossa ja Show (Nayta) -suodattimet (kdytettavissa, tyhja tai vanhentunut)
asetetaan automaattisesti tdman mukaisiksi.
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Valintaikkunan taulukossa nakyvat seuraavat tiedot kullekin reagenssipakkaukselle:

UPI-tunniste Ainutkertainen pakkaustunniste (UPI) (ks. 8.1.1.3 - Reagenssin
tunnistaminen).

Eranro Pakkauksen eranumero.

Vanhenemispdivamaara Pakkauksen viimeinen voimassaolopaiva. Pakkauksia ei tule kayttaa
téman paivamaaran jalkeen.

Rekisterdity Paivamaara, jolloin pakkaus on rekisterdity BOND-jarjestelmaan.

Ensimmainen kaytto Paivamaara, jolloin pakkausta kaytettiin ensimmaisen kerran BOND-
jarjestelmassa.

Merkitty tyhjaksi Paivamaara, jolloin pakkaus on merkitty tyhjaksi. Ohjelmisto voi
asettaa tdméan automaattisesti tai se voidaan asettaa manuaalisesti
(ks. 8.3.2.3 - Pakkauksen merkitseminen tyhjdksi tai ei-tyhjaksi).

Alkuvolyymi (ml) Uuden, tdyden pakkauksen reagenssin volyymi.
Ei ndyteta reagenssijarjestelmien kohdalla.

volyymi (ml) Reagenssin nykyinen volyymi sdiliéssa. Katso lisatietoja
detektiojarjestelmista osiosta 8.3.1.1 - Madrien raportointi
detektiojarjestelmille.

Uudelleentayttd (ml) Avoimille sdilidille reagenssin jaljella oleva volyymi, jolla sailié
voidaan tayttda uudelleen.

Puhdistuksia jaljella Puhdistusjarjestelmissa puhdistuskertojen maara, jotka voidaan
suorittaa jaljella olevalla reagenssilla.

Ajoja jaljella Oracle-jarjestelmissa ajokertojen maara, jotka voidaan suorittaa
jaljelld olevalla reagenssilla.

Luettelon tietojen valintaikkunoissa olevilla painikkeilla on mahdollista maarittaa tiettyja luettelon tietoja
(pakkaustyypille sopivia) ja luoda tietyn reagenssin tai jarjestelman yksityiskohtainen raportti. Alla olevissa
osioissa kuvataan konfigurointi- ja raporttivaihtoehdot.

8.3.2.1 Minimum Stock (Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen

Valmiiksi maaritetyille Leica Biosystems -reagensseille ja -reagenssijarjestelmille voi maarittda “minimum
stock level” ("varaston vahimmaistaso”) -asetuksen. Kun reagenssiaineen maara laskee maaritetyn
vahimmaistason alapuolelle, kyseinen aine ndkyy punaisena Reagent Inventory (Reagenssivarasto) -
naytossa sen merkiksi, etta kayttajan on lisattdva reagenssia tai muutettava jarjestelman asetuksia.

Voit muuttaa véhimmaisvaraston asetusta napsauttamalla Set minimum stock level (Aseta varaston
vahimmaistaso). Ruutuun avautuu ponnahdusikkuna. Sy6ta haluamasi varaston vahimmaistaso siind
olevaan Minimum stock (Vahimmaisvarasto) -kenttaan. Iimoita maara pakkauksen tyypista riippuen
millilitroina, ajoina tai puhdistuksina. Napsauta OK.
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8.3.2.2 Reagenssiraportti

Napsauta kohtaa Details report (Tietoraportti) raportin luomiseksi vain valitusta reagenssista tai
reagenssijarjestelmasta. Ks. lisdtietoja kohdasta 8.3.4 - Luettelon tietojen raportti .

8.3.2.3 Pakkauksen merkitseminen tyhjaksi tai ei-tyhjaksi

Voit merkita reagenssipakkauksen tyhjaksi esimerkiksi silloin, kun se havitetdan ennen kuin se on kdytetty
loppuun. Voit merkitd pakkauksen tyhjaksi valitsemalla sen luettelosta ja napsauttamalla sen jalkeen Mark
as empty (Merkitse tyhjaksi). Ohjelmisto tayttda Marked empty (Merkitty tyhjaksi) -kenttdan
automattisesti senhetkisen paivamaaran.

Jos haluat palauttaa tyhjéksi merkityn pakkauksen, valitse se taulukosta ja napsauta Mark not empty
(Merkitse ei-tyhjaksi). Tata toimenpidetta ei voi suorittaa, jos pakkaus on ladattu prosessointimoduuliin.
Pakkauksen tiedoissa nakyy siind ennen tyhjaksi merkitsemista ollut reagenssin volyymi.

Kun valitset taulukon ylapuolella olevan Empty (Tyhja) -valintanapin, ohjelmisto nayttaa kaikki tyhjaksi
merkityt kohteet.

8.3.2.4 Avoimen reagenssisdilion uudelleentayttd

Voit kdyttaa uudelleen avoimia BOND-reagenssisdilidita tietyn reagenssin enintaan 40 ml:n annosteluun.
Sailididen uudelleentayttokertojen lukumaaralle ei ole rajoituksia, jos tayttdmaarat ovat pienempia kuin
sailion tilavuus.

Tayta avoin sailid uudelleen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Tayta sailiét halutulla reagenssimaaralla.

2. Skannaa séilié (kohdassa 8.3.3 - Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisterdiminen kuvatulla
tavalla) ja napsauta sen jalkeen Refill (Taytto).
Tayttdpainike ei ole kdytettavissa, jos reagenssien lisaaminen sailiéon ylittad 40 ml:n rajan.

3. Aseta uuden reagenssin viimeinen kayttopaiva.

6 Huomaa, ettd kun avoin séilid taytetdan (joko ensimmaisté kertaa tai uudelleen), ohjelmisto olettaa, etta
sailié taytetadn kyseiselle sailidlle tarkoitettuun enimmaismaaraan, toisin sanoen kayttdjan reagenssin
ensimmaisen rekisteréinnin yhteydessa maarittdmaan maaraan (ml), tai jaljella olevaan tayttémaaraan.
IImoitettu maara korjataan tarvittaessa kastotestin yhteydessa. Tata ei mahdollisesti tapahdu ennen kuin
sailiota kaytetaan.

6 Jokainen avoin s&ilid lukitaan tiettyyn reagenssiin sen ensimmaisen rekisterdinnin yhteydessa. Jokaisessa
avoimessa sailidssa tulee kdyttad samaa reagenssia aina, kun se taytetaan.
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8.3.3 Reagenssien ja reagenssijarjestelmien rekisterdiminen

Reagenssipakkauksen rekisterdiminen lisaa sen luetteloon. Reagenssin tulee olla luettelossa Reagent
setup (Reagenssin asetus) -naytdssa ennen kuin voit rekisterdida pakkauksen.

Sinun on rekisterditéva reagenssipakkaukset ennen niiden kadyttéa BOND-III- tai BOND-MAX-laitteissa.

Jos lataat rekisterdimattoman reagenssisailion prosessointimoduuliin, ohjelmisto ei tunnista sita ja nayttaa

tietokuvakkeen i) kyseisen reagenssin sijainnissa System status (Jarjestelman tila) -naytdssa.

BOND-ohjelmisto seuraa reagenssin kayttda ja ilmoittaa, milloin reagenssi on vaihdettava.

Al3 yritd tayttaa kdyttovalmista BOND-reagenssisiiliota, silla BOND-ohjelmisto tunnistaa sen kéytetyksi
sailioksi ja hylkaa sen.

Jos BOND ei tunnista uutta rekisterditdvaksi skannaamaasi reagenssipakkausta, uusinta BOND-
tietomaaritelmatiedostoa (BDD) ei valttdmatta ole asennettu. Tarkista verkosta viimeisin BDD-tiedosto,
lataa se ja asenna se (yllapito-ohjelmalla BDD update (BDD-paivitys) -ndytossa), jos sen "Data version”
(tietoversio) on mydhempi kuin About BOND (Tietoja BOND-jarjestelmasta) -valintaikkunassa
nakyva versio. Kun viimeisin BDD-tiedosto on asennettu, kdynnista kliininen asiakas uudelleen ja yrita
rekisterdida uusi reagenssisailio tai reagenssijarjestelma uudelleen.

Eri reagenssipakkausten rekisteréintimenetelmat kuvataan seuraavissa osioissa:

« 8.3.3.1 - Reagenssijarjestelmien rekisterdiminen

« 8.3.3.2 - Kdyttévalmiiden BOND-reagenssien rekisterdinti

« 8.3.3.3 - Muiden kuin kayttévalmiiden reagenssien rekisterdinti
« 8.3.3.4 - Manuaalinen tunnisteen syotto

8.3.3.1 Reagenssijarjestelmien rekisterdiminen

Jos haluat rekisterdida BOND-detektiojarjestelman, teranostisen jarjestelman tai puhdistusjarjestelman,
skannaa reagenssialustan sivulla olevat kaksi viivakoodia.

Joissakin reagenssijarjestelmissa on reagenssialustassa vain yksi viivakoodi, esimerkiksi vain yhden tai
kahden sadilion jarjestelmissa.

Ohjelmisto nayttaa Add reagent system (Lisda reagenssijarjestelma) -valintaikkunan.

VAROITUS: Laservaara. Vakavan silmavamman mahdollisuus.
Valta suoraa katsekontaktia lasersateisiin.
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Kuva 8-5: BOND-detektiojarjestelman rekisteréiminen

Tarkista, etta valintaikkunan tiedot vastaavat pakkauksen tietoja ja napsauta sitten OK.

Al3 yrita rekisterdida reagenssijarjestelmaan kuuluvia yksittsisia reagenssisailioita.

8.3.3.2 Kayttovalmiiden BOND-reagenssien rekisterdinti

Rekisterdi BOND -kayttévalmis reagenssipakkaus skannaamalla sailion etuosassa oleva viivakoodi.
Ohjelmisto nayttaa Add reagent package (Lisda reagenssipakkaus) -valintaikkunan.

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS5), 7 mL
Catalog N°: PADD26 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N°: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. (mL) 7.00

Kuva 8-6: BOND-reagenssipakkauksien rekisterdiminen

Tarkista, etta valintaikkunan tiedot vastaavat pakkauksen tietoja ja napsauta sitten Add (Lisaa).

8.3.3.3 Muiden kuin kayttovalmiiden reagenssien rekisterdinti

Muita kuin kayttdvalmiissa BOND-pakkauksissa toimitettuja reagensseja voidaan kayttaé BOND-
jarjestelmassa avoimissa BOND-sailidissa tai -titraussailidissa. Kun muu kuin kayttévalmis reagenssi on
valmisteltu ja téytetty 7 ml:n tai 30 ml:n avoimeen s&iliédn tai 6 ml:n titraussailioon, se rekisterdidaan lahes
samalla tavalla kuin BOND-reagenssit:

1. Varmista, ettd reagenssi on luotu jarjestelmdssa ja etta se on ensisijainen. Kayttajan maarittaman
reagenssin on oltava ensisijainen, jotta se voidaan rekisterdida luetteloon. (ks. 8.2.1 - Reagenssin
lisdadminen tai muokkaaminen).

Huomaa, ettda BOND Enzyme Pretreatment Kit -pakkauksella luodut entsyymit on esimaaritetty
jarjestelmassa, eivatka ne vaadi manuaalista luontia.
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6.

Skannaa avoimen sailion tai titraussailion etuosassa oleva viivakoodi avataksesi Add open
container (Lisda avoin siilio) -valintaikkunan.

Valitse reagenssin nimi Reagent name (Reagenssin nimi) -pudotusvalikosta. (Toimittajan nimi
nakyy sulkeissa reagenssin nimen vieressa.)

Luettelossa on kaikki muut kuin BOND-jarjestelmassa luodut ensisijaiset lisdreagenssit ja markkerit
sekd nelja ennalta maaritettya entsyymia, jotka voidaan valmistaa BOND Enzyme Pretreatment Kit -
pakkauksella. Jos et ole luonut reagenssia jérjestelmaan, peruuta Add open container (Lisaa
avoin sailio) -valintaikkuna ja tee tama ensin (katso edelld vaihe 1).

Kirjoita reagenssin eranumero reagenssin toimittajan asiakirjoista.

Napsauta Expiration date (Vanhenemispaiva) -kenttda ja aseta viimeinen kayttopaivamaara
kalenteripainikkeilla (tai voit myds kirjoittaa paivamaaran).

Voit sy6ttaa osittaisia paivamaaria kuten D/M, DD/MM tai DD/MMM; nykyinen vuosi oletetaan. Jos
syotat esimerkiksi MM/YYYY tai MMM/YYYY, kyseisen kuukauden ensimmainen paiva oletetaan.

Jos sy6tdt virheellisen paivamaaran, nakyviin tulee punainen reunus Expiration date
(Vanhenemispaiva) -kentan ymparille seka vahvistusvirheviesti.

Kun napsautat pois Expiration date (Vanhenemispaiva) -kentasta, kelvollinen paivamaara
luodaan automaattisesti jarjestelman padivdmaaraformaatin mukaisesti. Jos vahintaan yksi kelvollinen
paivamaara syotettiin ennen virheellisen pdivdamaaran syottamistd, kentta palautuu viimeksi
syotettyyn paivamaaraan, kun napsautat kentan ulkopuolelle.

Napsauta OK ja rekisterdi reagenssi.

8.3.3.4 Manuaalinen tunnisteen syotto

Jos BOND-jérjestelma ei pysty lukemaan reagenssin viivakoodia, suorita seuraavat toimenpiteet Reagent
Inventory (Reagenssien luettelo) -ndytossa:

1.

Napsauta Enter ID (Syota tunniste).
BOND-ohjelmisto nayttda Manual ID entry (Manuaalinen tunnisteen syo6tto) -valintaikkunan.

Kirjoita valintaikkunan ylimmalle riville reagenssin tunniste (tunniste 16ytyy reagenssipakkauksen
etupuolella olevan viivakoodin vieresta).

Napsauta Validate (Vahvista).

Jos kyseessa on useita viivakoodeja sisaltava detektio- tai muu jarjestelma, napsauta Validate
(Vahvista) aina, kun olet syottényt uuden pakkausnumeron.

Kun ohjelmisto on varmistanut, ettd pakkausnumero on oikea, se nayttad Add reagent package
(Lisaa reagenssipakkaus) -valintaikkunan.

Tarkista pakkauksen tiedot ja lisaa niita tarvittaessa Add reagent package (Lisaa
reagenssipakkaus) -valintaikkunassa ja rekisterdi sitten pakkaus napsauttamalla OK.
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8.3.4 Luettelon tietojen raportti

Voit luoda raportin, jossa on Reagent Inventory (Reagenssien luettelo) -ndytdssa olevien
reagenssien tai reagenssijarjestelmien luettelon tiedot. Raportissa on kaikkien naytdssa olevien reagenssien
tai jarjestelmien tiedot, mukaan lukien kunkin aineen jaljella oleva kokonaisvarasto. Jos aineen
kokonaisvarasto on pienempi kuin sille maaritetty varaston vahimmaistaso (katso 8.3.2.1 - Minimum Stock
(Vahimmaisvarasto) -asetuksen muuttaminen), se korostetaan raportissa huomiomerkinnalld “Low”
("Matalalla™).

Ruudun alalaidassa olevilla suodattimilla voit nayttaa vain haluamasi reagenssit tai reagenssijarjestelmét.
Napsauta sitten Details report (Tietoraportti). Ohjelmisto luo raportin ja avaa sen uuteen ikkunaan.

Reagenssin luettelotietoraportin oikeassa ylakulmassa on seuraavassa taulukossa esitetyt tiedot.

Kentta Kuvaus

Laitos Laitoksen nimi siten kuin se on tallennettu Facility (Laitos) -kenttaan
yllapito-ohjelman Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -ndyttssa
—ks. 10.5.1 - Laboratorioasetukset

Subject (Aihe) Raportin reagenssien tai reagenssijarjestelmien valitsemiseen kaytetyt
suodatusasetukset.

Raportin rungossa on seuraavat taulukossa lueteltuja reagensseja koskevat tiedot:
e Nimi
« kaytettdvissa oleva varasto (merkitty, jos maara on pienempi kuin maaritetty varaston
vahimmaistaso)
« luettelonumero (BOND-jarjestelman kayttdvalmiit sailidt) tai “open” (“avoin”) (avoimet sailidt)
« tyyppi (primaari, anturi, lisdreagenssi tai reagenssijarjestelma)
. toimittaja.

Raportissa ndytetadn seuraavat jokaisen yksittdaisen reagenssipakkauksen tiedot:

o UPI-tunniste

e eranumero

« vanhenemispdivamaara

« rekisterdintipdivamaara

« ensimmaisen kayttokerran paivamaara
« viimeisen kayttokerran paivamaara

« jaljella oleva maara

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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8.3.5 Reagenssien kayttoraportti

Reagenssin kayttoraportti ndyttaa kaytetyn reagenssin maaran ja talla reagenssilla suoritettujen testien
lukumaaran tietylla jaksolla. Tiedot on eritelty yksittdisille sailidille ja ne nayttavat myos reagenssien
kokonaismaarat.

Raportti kattaa kaikki reagenssit, joita kaytetdan tietylla jaksolla riippumatta kyseiselld hetkella Reagent
inventory (Reagenssiluettelo) -ndytéssa nakyvistd reagensseista. Reagenssijarjestelman kaytto ei
sisally raporttiin.

Napsauta kohtaa Reagent usage (Reagenssin kayttd) ja avaa paivamaaran valintaikkuna, jossa sinun
taytyy asettaa haluamasi raportin kattama ajanjakso. Set From (Alkaen) ja To (Paattyen) -pdivamaarat ja
kellonajat (ks. Pdivdmaaran ja kellonajan valitsimien kdyttdminen sivulla 191) ja napsauta sen jalkeen
Generate (Luo). Ohjelmisto luo raportin ja avaa sen uuteen ikkunaan.

Reagenssin kayttéraportin oikeassa ylakulmassa nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kentta Kuvaus

Laitos Laitoksen nimi siten kuin se on tallennettu Facility (Laitos) -kenttaan
yllapito-ohjelman Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -nayttssa
—ks. 10.5.1 - Laboratorioasetukset

Ajanjakso Raportin kattaman ajanjakson "From” (Alkaen)- ja "To"” (Paattyen) -
paivamaarat

Raportti nayttaa jokaiselle jakson aikana kaytetylle reagenssille seuraavat tiedot:

« himi (reagenssin lyhennetty nimi)

jokaisen kaytetyn sailion UPI

jokaisen kaytetyn sdilién eranumero

jokaisen kaytetyn sdilién viimeinen kayttopaiva

« kasiteltyjen leikkeiden maara seka sailidta ettd reagenssin kokonaisvolyymia kohden

« jakson aikana kaytetyn reagenssin maara seka sailiota etta reagenssin kokonaisvolyymia kohden.

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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8.4 Reagenssipaneeleiden naytto

Paneeli on kayttajan maarittdma markkerien joukko. Voit kayttad paneeleita leikkeiden lisaamiseen nopeasti
jarjestelmaan.

Paneeleita voidaan kayttaa vain rutiininomaisiin yksoisvarjdysleikkeisiin, niita ei voi kayttaa
kaksoisvarjaysleikkeiden asettamiseen. Sinulla taytyy olla valvojan kayttajarooli paneeleiden luomiseksi.

Jos haluat nakyviin Reagent panels (Reagenssipaneelit) -ndytdn, napsauta Reagent setup
(Reagenssin asetus) -kuvaketta toimintopalkissa ja napsauta sitten Panels (Paneelit) -vadlilehtea.
Lisatietoja saat kohdista:

« 8.4.1 - Paneelin luominen
« 8.4.2 - Paneelin tietojen tarkastelu tai muokkaaminen
« 8.4.3 - Paneelin poistaminen

8.4.1 Paneelin luominen
Voit luoda uuden paneelin seuraavan ohjeen mukaan (sinulla on oltava valvojan kayttajarooli):

1. Napsauta Add panel (Lisda paneeli).
Ohjelmisto nayttad Reagent panel properties (Reagenssipaneelin ominaisuudet) -
valintaikkunan.

ranagant panal properties
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Figure 8-7: Reagent panel properties (Reagenssipaneelin ominaisuudet) -valintaikkuna

Reagent panel properties (Reagenssipaneelin ominaisuudet) -valintaikkunan oikeassa
reunassa olevassa luettelossa on paneelin koko sisdltd ja vasemmassa olevassa luettelossa
puolestaan kaikki saatavilla olevat markkerit.

2. Syo6ta paneelin nimi valintaikkunan ylareunassa olevaan Panel name (Paneelin nimi) -kenttaan.
Paneelia ei voi tallentaa ilman nimea.

3. Jos haluat lisdté paneeliin markkerin, valitse haluamasi kohde taulukon vasemmassa reunassa
olevasta saatavilla olevien vasta-aineiden ja anturien luettelosta ja napsauta sitten

Testtissue >

Jos haluat liséta positiivisen kontrollikudoksen, napsauta markkeria ja sitten .
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Jos haluat liséta negatiivisen kontrollikudoksen, napsauta markkeria ja sitten .

4. Jos haluat poistaa kohteen paneelista, valitse se oikeassa reunassa olevasta taulukosta ja napsauta
sitten .

ﬁ Paneeleissa on oltava testikudos. Et voi tallentaa paneelia, jossa ei ole testikudosta.

5. Kun paneelin tiedot ovat oikein, tallenna ne napsauttamalla OK.
Jos et halua tallentaa paneelia, napsauta Cancel (Peruuta).

8.4.2 Paneelin tietojen tarkastelu tai muokkaaminen

Voit tarkastella paneelin tietoja valitsemalla sen vasemmalla olevasta taulukosta Reagent panels
(Reagenssipaneelit) -ndytdssa. Paneelin markkerit nakyvat nayton oikealla puolella olevassa taulukossa.
Muokkaa paneelia napsauttamalla Panel properties (Paneelin ominaisuudet) ja muokkaa siten kuin
on kuvattu kohdassa 8.4.1 - Paneelin luominen.

8.4.3 Paneelin poistaminen

Voit poistaa paneelin jérjestelmasta valitsemalla sen taulukosta Reagent panels (Reagenssipaneelit) -
naytdssa ja napsauttamalla sitten Remove panel (Poista paneeli). Sinua pyydetdan vahvistamaan
poistaminen.

ﬁ Poista paneelit varovasti. Poistettujen paneelien tietoja ei voi palauttaa.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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Slide history (Leikehistoria) -naytdssa nakyvat tiedot BOND-jarjestelmdssa olevista aikataulutetuista,
parhaillaan prosessoitavista tai jo prosessoiduista leikkeista.

Aikataulutetuilta ajoilta, jotka pysaytettiin ennen prosessoinnin alkua (avaamalla tarjottimen lukituksen), on
poistettu yksittaisten leikkeiden tallenteet historialuettelosta ja ne on korvattu koko alustaa koskevalla
yhdella rivilld, joka ndyttaa tilan "Rejected (Hylatty)”. Ajon tapahtumat ja ajoraporttien raportit voidaan
luoda naille ajoille.

Tama luku sisaltaa seuraavat osiot:

o 9.1 - Leikehistoria-nayttd

o 9.2 - Leikkeen valinta

« 9.3 - Leikkeen ominaisuudet ja leikkeen ajo uudelleen
« 9.4 - Ajon tapahtumien raportti

« 9.5 - Ajon tietoraportti

o 9.6 - Tapausraportti

o 9.7 - Protokollaraportti

« 9.8 - Leikkeiden yhteenveto

« 9.9 - Tietojen vieminen

« 9.10 - Lyhyt leikehistoria
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9.1 Leikehistoria-naytto

Jos haluat n&hda leikkeen historiatiedot tai luoda ajotapahtumia, ajon tietoja tai St
tapausraportteja, valitse Slide history (Leikehistoria) -kuvake toimintopalkissa. 'g
Slide history
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Kuva 9-1: Slide history (Leikehistoria) -nayttoé

Leikehistorian luettelossa nakyvat leikkeet, jotka on ajettu Date range (Paivamaaravali) -suodattimella
madritetylld aikavalillg, tai tietty leike, joka l6ytyy Slide ID (Leikkeen tunniste) -suodattimella (ks.
9.2 - Leikkeen valinta).

Huomaa, etta ndytdssa nakyvat ajon tunnistenumerot eivat ehka kasva sekventiaalisesti. Ajon
tunnistenumerot allokoidaan, kun leikealustat lukitaan, joten jos alusta on lukittu, avattu ja lukittu uudelleen
(ennen ajon alkamista), ajon tunnistenumero kasvaa ja ensimmaisen lukituksen jalkeen osoitettu numero
ohitetaan.

Leikkeiden varikoodaus noudattaa koodausta, jota kdytetadn Slide setup (Leikkeen asetukset) -
naytdssa (ks. 6.5.1 - Leikkeen kenttien ja saatimien kuvaus):

« Valkoinen: leikkeet, jotka on luotu Add slide (Lisaa leike) -valintaikkunassa

« Keltainen: leikkeet, jotka on luotu Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunassa
(ks. 6.8 - Ennalta maarittémattdmien leikkeiden ja tapausten luominen)

« Vaaleanharmaa: LIS-leikkeet

« Punainen: ensisijaiset LIS-leikkeet (ks. 11.2.5 - Ensisijaiset leikkeet)
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Jokaisella leikkeelld on seuraavat luettelossa raportoidut arvot:

« Prosessin paivamaadra (paivamaara, jolloin leikkeen kasittely on aloitettu)

« Ajon tunniste

« Slide ID (Leikkeen tunniste)

« Markkeri (primaarivasta-aineen tai anturin nimi)

« Potilaan nimi

« Tapauksen tunniste

« Tyyppi (testikudos tai positiivinen tai negatiivinen kontrollikudos)

« Tila (kdynnissa tai suoritettu, mahdolliset odottamattomat tapahtumat; myds mahdollisesti “Rejected
(Hylatty)” ajoille, jotka pysaytettiin ennen kasittelyn alkamista)

ﬁ Jos tila on Done (notification) (Valmis (ilmoitus)), tarkista ajon tapahtumien raportti maarittadksesi,
ovatko odottamattomat tapahtumat voineet vaikuttaa varjaykseen. Odottamattomat tapahtumat nakyvat
lihavoituna.

Jos haluat tarkastella leikettd koskevia tietoja, valitse se luettelosta ja napsauta jotakin luettelon alla olevista
painikkeista.

9.2 Leikkeen valinta

Suodata leikkeet luetteloon Slide history (Leikehistoria) -ndytdsta ndyttamalla kaikki tietyn ajanjakson
sisalla kasitellyt leikkeet tai nayttamalla tietyn leikkeen syéttamalla sen tunnisteen. Napsauta
pudotusvalikkoa ja valitse sen jalkeen haluamasi leikkeen suodatin.

Leikkeen pdivamaaravalin suodatin

Shde history

USSR - R - B o8 R

Kuva 9-2: Leikkeen paivamaaravalin suodatin

Kaytd leikkeen Date range (Paivamaaravali) -suodatinta ja maaritd ndayton raportointijakso. Vain taman
ajanjakson aikana prosessoidut leikkeet ndytetdaan. Aseta “From” (Alkaen)- ja "To” (Paattyen) -paivamaarat
ja tarvittaessa kellonajat ndytettavan ajanjakson maarittamiseksi. Napsauta sitten Apply (Kayta)
leikkeiden nayttamiseksi.

Jos maarittamasi jakson aikana kasiteltiin yli 1 000 leikettd, vain ensimmaiset 1 000 ndytetaan. Jos haluat
tarkastella koko sarjan tietoja, sinun on siirrettava leiketiedot — ks. 9.9 - Tietojen vieminen.

To (Paattyen) -kentta asetetaan aluksi sen hetkiseen padivaykseen ja kellonaikaan, ja From (Alkaen) -
kentta tasmalleen viikkoa aikaisemmaksi. Jos muutat asetuksia, voit palata téhan kokoonpanoon
napsauttamalla Last seven days (Viimeiset seitseman pdivaa).

Paivamaaran ja kellonajan valitsimien kayttaminen

Jos haluat asettaa paivan, kuukauden ja vuoden, napsauta kalenterikuvaketta ja valitse paivamaara. Selaa
kuukausia napsauttamalla kalenterin otsikkopalkin nuolia. Voit valita toisen kuukauden tai selata vuosia
napsauttamalla otsikkopalkin keskikohtaa. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa pdivamaaran suoraan kenttaan.
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Jos haluat asettaa kellonajan, napsauta aikakenttaa ja kdyta ylés- ja alas-painikkeita (tai ndppdimiston ylos-
ja alas-nuolindppaimia). Kohdistimen sijainnista riippuen kellonaika muuttuu yhdella tunnilla, kymmenella
minuutilla tai yhdelld minuutilla. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa kellonajan suoraan kenttaan.

Leikkeen suodattaminen leikkeen tunnisteella

Kayta Slide ID (Leikkeen tunniste) -suodatinta tietojen saamiseksi tietysta leikkeesta. Kirjoita leikkeen
tunniste Slide ID (Leikkeen tunniste) -kenttadn ja napsauta Apply (Kayta).

9.3 Leikkeen ominaisuudet ja leikkeen ajo uudelleen

Jos haluat tarkastella leikkeen ominaisuuksia Slide history (Leikehistoria) -luettelossa, valitse leike ja
napsauta sitten Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) tai kaksoisnapsauta leiketta. Tama sama
valintaikkuna avautuu Slide setup (Leikkeen asetukset) -naytosta (6.5.4 - Leikkeen muokkaaminen).

Et voi muokata potilaan tai testin tietoja Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkunassa,
kun se avataan Slide history (Leikehistoria) -naytosta (koska leiketta on kasitelty tai kasitelldan
parhaillaan), mutta voit lisdtd kommentteja Comments (Kommentit) -kenttdan tai suorittaa leikkeiden
ajon uudelleen —ks. Leikkeiden ajo uudelleen.

9.3.1 Leikkeiden ajo uudelleen

Jos leike ei vastaa vaatimuksia, se voidaan merkité ajettavaksi uudelleen. Aloita leikkeen uusi ajo
seuraavalla toimenpiteella Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkunassa:

1. Napsauta Copy slide (Kopioi leike).
Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkuna muuttuu Add slide (Lisaa leike) -
valintaikkunaksi muokattavine kenttineen.

2. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta sitten Add slide (Lisaa leike).

3. Vahvista kopioidulle leikkeelle tapaus, potilas ja laakari ja lisaa leike Slide setup (Leikkeen
asetukset) -nayttoon.

Add slide (Lisaa leike) -valintaikkuna pysyy avoimena, jotta voit lisata halutessasi lisaa leikkeita.

4. Napsauta Close (Sulje) ja palaa Slide history (Leikehistoria) -nayttoon.
5. Aja uudet leikkeet normaaliin tapaan.
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9.4 Ajon tapahtumien raportti

Slide history (Leikehistoria) -naytossa luotu raportti ndyttaa kaikki tapahtumat kaikille valitun leikkeen
kanssa samalla alustalla ajetuille leikkeille. Napsauta Run events (Ajon tapahtumat) raportin
luomiseksi.

Ajon tapahtumien raportteja voidaan luoda my®s silloin, kun leikkeita prosessoidaan. Napsauta oikeaa ajoa
tai luetteloa hiiren oikealla painikkeella System status (Jarjestelman tila)- tai Protocol status
(Protokollan tila) -ndytdssa ja valitse Run events (Ajotapahtumat) valikosta. Leikkeen ilmoituksen
aiheuttaneet tapahtumat nakyvét lihavoituna, jotta ne ldydettaisiin helposti.

Ajon tapahtumien raportin oikeassa ylakulmassa nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kenttad Kuvaus
PM-sarjanro Ajoon kaytetyn prosessointimoduulin sarjanumero
Prosessointimoduuli Ajoon kaytetyn prosessointimoduulin nimi
Leikealusta Ajossa kaytetyn leikkeen varjdyskokoonpanon humero
Dispense volume Annostellun reagenssin maara (ks. 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja kudoksen
(Annosteluvolyymi) paikka leikkeessd)
Aloitusaika Ajon alkamispdiva ja kellonaika
Ajon edistyminen Onko ajo suoritettu loppuun vai onko prosessointi viela kaynnissa
Varjaystila Kaytetty varjaystila, esimerkiksi rutiini yksdisvarjays

Kaikkien ajon leikkeiden merkintdjen kuvat nakyvat raportin yldosassa. Raportin rungossa nakyvat ajon
tapahtumien aika, tapahtuman numero ja tapahtuman kuvaus. Leica Biosystems kayttaa tapahtuman
numeroa virheiden seurantaan tarvittaessa.

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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9.5 Ajon tietoraportti

Slide history (Leikehistoria) -naytossa luodussa raportissa nakyvat kunkin parhaillaan valitun leikkeen
kanssa samalla alustalla olevan leikkeen tiedot. Alustan tulee olla prosessoitu ja sen lukituksen tulee olla
poistettu. Napsauta Run details (Ajon tiedot) raportin luomiseksi. Raportin oikeassa ylakulmassa
nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kentta

Kuvaus

PM-sarjanro

Ajoon kaytetyn prosessointimoduulin sarjanumero

PM-nimi Ajoon kaytetyn prosessointimoduulin nimi
Leikealusta Ajossa kaytetyn leikkeen varjdyskokoonpanon numero
Aloitusaika Ajon alkamispadiva ja kellonaika

Ajon aloittaja

Ajon aloittaneen henkilon kayttdjanimi

Jokaisen ajon leikkeen kohdalla raportin rungossa nakyy kuva leikemerkinnasta ja seuraavat tiedot.

Kentta

Kuvaus

Slide ID (Leikkeen
tunniste)

BOND-jarjestelma luo jokaiselle leikkeelle ainutkertaisen tunnisteen.

Leikkeen laatija

Leikkeen laatineen henkildn kayttajanimi, tai “"LIS”, jos leike on luotu
LIS-jarjestelman kautta

Tapausnro BOND-ohjelmiston luoma ainutkertainen tapauksen tunniste
Tissue type Testikudos, positiivinen kontrollikudos tai negatiivinen kontrollikudos
(Kudostyyppi)

Dispense volume
(Annosteluvolyymi)

Annostellun reagenssin maara (ks. 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja
kudoksen paikka leikkeessa)

Potilaan nimi

Potilaan tunnistaminen

Tapauksen tunniste

Leikkeen asetuksen aikana sydtetty tapaustunniste

Staining protocol
(Varjaysprotokolla)

Kaytetty varjaysprotokolla

Preparation (Valmistelu)

Kaytetty valmisteluprotokolla (jos kaytdssa)

HIER-protokolla

Kaytetty HIER-protokolla (jos kaytdssa)

Entsyymiprotokolla

Kaytetty entsyymin talteenottoprotokolla (jos kaytdssa)

-denaturaatio

Vain ISH:lle, kaytetty denaturaatioprotokolla (jos kaytdssa)

-hybridisaatio

Vain ISH:lle, kaytetty hybridisaatioprotokolla (jos kaytossa)

LIS-viite [2-7]

LIS-viitteen lisdtiedot jarjestelmissa, joissa on asennettuna LIS-ip (ks.
11.2.6 - LIS-leikkeen tietokentdt)

Varjays Kaytetty varjaystila, esimerkiksi rutiini yksdisvarjays
Suoritustila IImoittaa, kasitelladnkd leikettd, onko kasittely valmis tai onko se
pisteytetty. IImoittaa myds raportoitiinko ilmoitustapahtumia.
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Kentta Kuvaus
Kommentit Kommentteja voidaan lisata leikkeen ominaisuuksiin milloin tahansa
Hyvaksynta: Hyvaksynta on tulostetussa paperiraportissa oleva kohta, johon valvoja

voi allekirjoittaa hyvaksyvansa jokaisen leikkeen

Kaytetyt reagenssit (tai sekoitetun reagenssin ainesosat sisdltava ensisijainen pakkaus)

UPI-tunniste

Ainutkertaiset pakkaustunnisteet jokaisesta tassa leikkeessa kaytetysta
reagenssista tai ensisijaisesta pakkauksesta

Nimi Jokaisen tassa leikkeessa kaytetyn reagenssin tai ensisijaisen
pakkauksen nimi

Julkinen nimi Julkinen nimi jarjestelmiin, joissa on asennettuna LIS-ip

Eranro Jokaisen tassa leikkeessa kaytetyn reagenssin tai ensisijaisen

pakkauksen erdanumero

Vanhenemispdivamaara

Jokaisen tassa leikkeessa kaytetyn reagenssin tai ensisijaisen
pakkauksen viimeinen kayttopadiva

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.

9.6

Tapausraportti

Tassa raportissa nakyvat kaikkien parhaillaan valittuna olevan leikkeen kanssa samassa tapauksessa olevien
leikkeiden tiedot. Raportti voidaan luoda Slide setup (Leikkeen asetukset) -ndytossa, Slide history
(Leikehistoria) -ndytossa ja Slide identification (Leikkeen tunnistus) -valintaikkunassa.
Tapausraportin oikeassa yldkulmassa nakyvat seuraavan taulukon tiedot:

Kentta

Kuvaus

Tapauksen tunniste

Leikkeen asetuksen aikana syotetty tapaustunniste

Patient name (Potilaan
nimi)

Potilaan nimi

Tapauskommentit

Tapauksen lisatiedot

Laakari

Laakarin tai potilaasta vastaavan lahettavan patologin nimi.

Laakarin kommentit

Laakarin lisatiedot

Luotu

Paivamaara ja kellonaika, jolloin tapaus luotiin

Tapausnro

BOND-jarjestelman luoma ainutkertainen tapauksen tunniste

Raportin runko ndyttaa seuraavat tiedot jokaisesta tapauksen leikkeesta:

Kentta

Kuvaus

Slide ID (Leikkeen
tunniste)

BOND-jarjestelma luo jokaiselle leikkeelle ainutkertaisen tunnisteen.

Leikkeen laatija

Leikkeen laatineen henkilon kayttajanimi, tai “LIS", jos leike on luotu
LIS-jarjestelman kautta

Ajo

Ajon numero, jossa leike prosessoitiin
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Kentta

Kuvaus

Ajon aloittaja

Ajon aloittaneen henkilon kayttajanimi

Tissue type
(Kudostyyppi)

Testikudos, positiivinen kontrollikudos tai negatiivinen kontrollikudos

Dispense volume
(Annosteluvolyymi)

Annostellun reagenssin maara (ks. 6.5.8 - Annosteluvolyymit ja
kudoksen paikka leikkeessa)

Staining protocol
(Varjaysprotokolla)

Kaytetty varjaysprotokolla

Preparation (Valmistelu)

Kaytetty valmisteluprotokolla (jos kaytdssa)

HIER-protokolla

Kaytetty HIER-protokolla (jos kaytdssa)

Entsyymiprotokolla

Kaytetty entsyymin talteenottoprotokolla (jos kaytdssa)

-denaturaatio

Vain ISH:lle, kaytetty denaturaatioprotokolla (jos kaytdssa)

-hybridisaatio

Vain ISH:lle, kaytetty hybridisaatioprotokolla (jos kayt6ssa)

LIS-viite (2-7)

LIS-viitteen lisdtiedot jarjestelmissa, joissa on asennettuna LIS-ip
(ks. 11.2.6 - LIS-leikkeen tietokentdt)

Varjays Kaytetty varjaystila, esimerkiksi rutiini yksdisvarjays

Suoritustila IImoittaa, kasitellaanko leikettd, onko kasittely valmis tai onko se
pisteytetty. Ilmoittaa my®s raportoitiinko ilmoitustapahtumia.

Kommentit Kommentteja voidaan lisata leikkeen ominaisuuksiin milloin tahansa

Hyvaksynta: Hyvaksynta on tulostetussa paperiraportissa oleva kohta, johon valvoja

voi allekirjoittaa hyvaksyvansa pisteet ja kommentit

Kaytetyt reagenssit

UPI-tunniste

Ainutkertaiset pakkaustunnisteet jokaisesta tassa leikkeessa kaytetysta
reagenssista

Nimi Kaikkien tassa leikkeessa kaytettyjen reagenssien nimi
Julkinen nimi Julkinen nimi jarjestelmiin, joissa on asennettuna LIS-ip
Eranro Kaikkien tassa leikkeessa kaytettyjen reagenssien eranumero

Vanhenemispdivamaara

Kaikkien tassa leikkeessa kaytettyjen reagenssien viimeinen kayttdpaiva

Katso lisétietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.

9.7

Protokollaraportti

Jos haluat luoda valituissa leikkeissa kaytettyjen protokollien raportteja, valitse leike ja napsauta sitten
Protocol report (Protokollaraportti). Valitse haluamasi protokolla leikkeen ajossa kaytetyista

protokollista ja lue sitten raportti napsauttamalla Report (Raportti). Ks. kohdasta 7.5 - Protokollaraportit

raportin kuvaus.

196

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



9. Leikehistoria ( BOND -ohjaimessa)

9.8 Leikkeiden yhteenveto

Leikkeiden prosessoinnin yhteenvedossa ndytetadn maaritellyn ajanjakson puitteissa kdynnistettyjen
leikkeiden lukumaara. Tiedot ndytetaan seka taulukkomuodossa ettd graafisessa muodossa prosessoitujen
leikkeiden lukumaarana aikayksikkda kohden madaritellylla aikavalilla.

Jos haluat raportoida prosessoitujen leikkeiden lukumaaran, napsauta Slides summary (Leikkeiden
yhteenveto) -valintaa Slide history (Leikehistoria) -naytdssa, jolloin avautuu Slides summary
(Leikkeiden yhteenveto) -valintaikkuna.

Valitse joko tietty prosessointimoduuli sen nimen mukaan tai All (Kaikki) (kaikki prosessointimoduulit tai
kohdassa BOND-ADVANCE kaikki prosessointimoduulit moduuliryhmassa, johon asiakkaalla on télla hetkella
yhteys) Processing module (Prosessointimoduuli) -pudotusvalikosta.

Valitse Resolution (Resoluutio) -kentdssa aikayksikko, jota voidaan kayttaa aloitettujen leikkeiden
lukumaaran raportointiin, esim. "Day (Paiva)" luo raportin, jossa ndkyy maaratyn ajanjakson jokaisena
pdivana aloitettujen leikkeiden lukumaara, kun taas "Month (Kuukausi)” antaa maaratyn ajanjakson
jokaisen kuukauden aikana aloitettujen leikkeiden lukumaaran.

Aseta To (Paattyen)- ja From (Alkaen) -pdivémaarat. Resolution (Resoluutio) -kentdssa asetettu
aikayksikko alkaa From (Alkaen) -pdivamaarasta ja jatkuu tdysina yksikkoing, kunnes paastaan lahelle To
(Paattyen) -paivamaaraa, jolloin saatetaan tarvita osayksikoitd ajanjakson tdydentamiseen.

Napsauta Generate (Luo) raportin esikatselua varten.

Katso lisatietoja raportti-ikkunasta ja tulostusvaihtoehdot kohdasta 3.7 - Raportit.
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9.9 Tietojen vieminen

Napsauta Export data (Vie tiedot) kohtaa Slide history (Leikehistoria) -ndytdssa ja luo tiedosto,
joka sisaltaa tiedot kaikista leikkeistd, joiden prosessointi on paattynyt valitun aikarajan puitteissa. Viety
tiedosto on vakioformaatissa “comma separated values” (csv, pilkulla erotetut arvot), ja tiedoston voi siirtaa
helposti kolmannen osapuolen laskentataulukkosovellukseen, kuten Microsoft Exceliin. Kun tiedot on
siirretty laskentataulukkoon, ne esitetdan muodossa, joka sallii (laskentataulukon toiminnoista riippuen)
lajittelun, haun ja mukautettujen raporttien ja kaavioiden luomisen.

Jokaisen valittuun aikarajaan sisaltyvan leikkeen sisaltdvassa tiedostossa on seuraavat tiedot:

Prosessointimoduulin nimi

o Prosessin paivamaara

« Prosessointimoduulin sarjanumero
« Slide ID (Leikkeen tunniste)

« Ajon aloittaja

« Markkerin UPI

o Markkerin UPI 2

« Potilaan nimi

Ajon tunniste
Leikkeen laatija
Varjays
Markkerin nimi
Markkerin nimi 2

Tapauksen tunniste

« Kudostyyppi (testi tai positiivinen tai o Ladkari
negatiivinen kontrolli)

o Tila « Dispense volume
(Annosteluvolyymi)

« Kommentit

« Valmisteluprotokollan nimi « Valmisteluprotokollan versio

« HIER-protokollan nimi « HIER-protokollaversio

« Entsyymiprotokollan nimi « Entsyymiprotokollan versio

« Denaturaatioprotokollan nimi « Denaturaatioprotokollan versio

« Hybridisaatioprotokollan nimi « Hybridisaatioprotokollan versio

« Varjaysprotokollan nimi « Varjdysprotokollan versio

« HIER-protokollan nimi 2 « HIER-protokollan versio 2

« Entsyymiprotokollan nimi 2 « Entsyymiprotokollan versio 2

« Denaturaatioprotokollan nimi 2 « Denaturaatioprotokollan versio 2
« Hybridisaatioprotokollan nimi 2 « Hybridisaatioprotokollan versio 2
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« Varjaysprotokollan nimi 2 « Varjdysprotokollan versio 2

« Detektiojarjestelman nimi « Detektiojarjestelman
sarjanumero

« Detektiojarjestelman nimi 2 « Detektiojarjestelmén

sarjanumero 2

6 Sarakkeet, joiden otsikossa on 2, ovat relevantteja vain sekventiaalisissa kaksoisvarjdysleikkeissa. Niissa
maaritetaan kyseisen leikkeen toiseen varjaykseen liittyvat tiedot.

Kayta seuraavia toimenpiteita leikkeiden tietojen siirtdmiseen:

1. Valitse vaadittu aikavali (ks. 9.2 - Leikkeen valinta).
2. Napsauta Export data (Vie tiedot).

3. Valitse tiedoston tallentaminen kehotettaessa.

4

. Tiedosto tallennetaan latauskansioon (tai valitse Save as (Tallenna nimelld) -vaihtoehto, jos
haluat tallentaa toiseen kansioon.

Tallennettu tiedosto voidaan avata tavallisessa laskentataulukko-ohjelmassa, kuten Microsoft Excelissa ja
sitd voi kasitelld ohjelman toimintojen mukaisesti. Kun avaat tiedoston, sinun taytyy ehka maarittaa joitakin
tiedostoparametreja. Tiedosto on muodossa "csv" ja parametrit ovat seuraavat:

« Tiedostotyyppi on Delimited (Rajoitettu)
. Delimiter (Rajoitin) tai Separator (Erotin) on pilkku
« Kayta General (Yleinen) -sarakeformaattia.

6 Huomautus: Prosessoinnin aloitusaika vietyjen leikkeiden tiedoissa ei vastaa tasmalleen naytén

leikehistorian aloitusaikaa. Leikehistoriandytdssa nakyva aloitusaika on aika, jolloin ajon aloituspainiketta BT
painettiin. Vietyjen tietojen raportoitu aika on kuitenkin aika, jolloin ajon prosessointi todellisuudessa
aloitettiin prosessointimoduulissa.
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9.10 Lyhyt leikehistoria

Lyhyt leikehistoriaraportti nayttaa tiedot kaikista moduuliryhman leikkeistd, joita kasiteltiin (tai joita
kasitelladn edelleen) sen ajanjakson aikana, jolle leikkeet on valittu Slide history (Leikehistoria) -
ndytdssa. Raportissa on hyvaksyntdkohta ja sita voidaan kayttaa prosessoitujen leikkeiden rekisterina.

Jos haluat luoda lyhyen leikehistorian raportin, avaa Slide history (Leikehistoria) -naytto ja aseta From
(Alkaen) ja To (Paattyen) -paivamaarat ja kellonajat, joiden mukaan nayttddn ilmestyvat kaikki
moduuliryhman leikkeet, jotka on prosessoitu aikarajan puitteissa (ks. 9.2 - Leikkeen valinta). Napsauta
Brief slide history (Lyhyt leikehistoria) raportin luomiseksi.

Kiireisissa laboratorioissa oletusarvoinen aikavali Slide history (Leikehistoria) -naytossa (yksi viikko) voi
sisaltaa tuhansia leikkeitd. Nain monien leikkeiden raportin luominen kestaa useita minuutteja — harkitse
lyhempien aikarajojen maarittdmista mikali mahdollista oletusasetuksen hyvaksymisen sijasta.

Raportti sisaltda seuraavat tiedot kullekin leikkeelle:

« Tapauksen tunniste « Tissue type (Kudostyyppi)

« Potilaan nimi « Dispense volume (Annosteluvolyymi)
« Slide ID (Leikkeen tunniste) o Tila

« Marker (Markkeri) » Hyvaksynta
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -
jarjestelman ohjain)

Kaikki yleiset BOND-jarjestelman konfiguraatiot (protokollia ja reagensseja lukuun ottamatta) suoritetaan
erillisessa ohjelmistosovelluksessa, "ylldpito-ohjelmassa”. Vain kayttajat, joilla on ylldpitajan rooli, voivat
kayttaa yllapito-ohjelmaa, jossa kaikki toiminnot ovat kaytettdvissa.

Yllapito-ohjelmassa on seuraavat ndytét, jotka avataan toimintopalkin kuvakkeista ohjelman ylareunassa:

Sattings Hardware Help Log out

L o & ) <0

« 10.1 - Kayttajat
o 10.2-LIS

« 10.3 - Merkinnat
« 10.4-BDD

« 10.5 - Asetukset
« 10.6 - Laitteisto
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10.1  Kayttsjat

BOND-jdrjestelman kayttajia hallinnoidaan yllapito-ohjelmassa User management
(Kayttajahallinta) -naytossa. Voit luoda, muokata ja poistaa kaytdsta kayttajia. Et voi poistaa
kayttdjia kokonaan — ne sailyvat jarjestelmassa ikuisesti. Voit kuitenkin poistaa kayttajat kaytosta ja
estda ndiden kayttajien paasyn jompaankumpaan asiakkaaseen.

Kayttdoikeudellisilla kayttajilla on roolit, jotka antavat heille erilaisia oikeuksia ohjelmistossa. Vain kayttajat,
joilla on yllapitdjan rooli, voivat avata yllapito-ohjelman (jossa he voivat suorittaa kaikki toiminnot).
Kayttajat, joilla on kayttajan rooli, voivat rekister6ida reagensseja, asettaa ja kasitella leikkeita ja luoda
raportteja, mutta he eivat voi muokata reagenssitietoja, reagenssipaneeleita tai protokollia. Kayttajillg, joilla
on valvojan rooli, on kaikki kayttdjan oikeudet, mutta he voivat my6s muokata reagenssitietoja, paneeleita

ja protokollia. Kayttajilla voi olla useampi kuin yksi rooli.
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User management
Show users: B3 | Add user
(g admin
(P Name Usemame
fg | supervisor Given name:
(P Name

Family name:

% ame

(P Name: John smith

4 pal
(P  Name: Paul Simmon

Password:

(g david Confirm passwerd:
L Name: David Sobers
Job title:
g iimmy
(P Name: Jimmy Edward Disable user:
johnsmith Roles

Administrator

john
john

marshal

Enter a password with 4 to 14 characters.

and at least 1 nui

Passwords are case sensitive, and mixed
ol cose passwords are recommended.

Poista kayttdja kaytosta

Poista parhaillaan valittu kayttdja
kdytosta (tai ota uudelleen kayttéon)
Roolit

Valitse kayttajan roolit

‘§ oy Supervisor
=
10 9 8 7
Nro |(Kuvaus Nro |(Kuvaus
Luettelo kaikista BOND-jarjestelman 7 |Nollaa
kayttajista Kumoa tallentamattomat muutokset
Kéyta suodatinta nahdaksesi kaikki 8 I[Tallenna
kayttajat, tai vain kaytossd olevat tai Tallenna nykyisen kayttajan muutokset
kaytosta poistetut kayttdjat
) o 9 |Parhaillaan valittuna oleva kayttaja —
Valitun kayttajan tiedot tiedot nakyvat nayton oikealla puolella.
Salasanavaatimusten viesti 10 |Lisaa

Napsauttamalla voit tyhjentda naytdn
oikealla puolella olevat kentat ja lisata

uuden kayttajan tiedot

Kuva 10-1: User management (Kayttdjahallinta) -naytto
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Jokainen uusi kayttaja vaatii kdyttdjanimen ja salasanan. Kumpikin ndistd vaaditaan, kun kirjaudutaan
sisaan kliiniseen asiakkaaseen ja yllapito-ohjelmaan. Kun kayttdja on luotu, kdyttajanimea ei voi muuttaa,
mutta salasanan voi muuttaa. Kayttajat voivat muuttaa oman salasanansa milloin tahansa BOND-
jarjestelman kirjautumisen valintaikkunassa ja yllapitajat voivat myds muuttaa niita User management
(Kayttdajahallinta) -naytossa. Salasanassa on oltava 4-14 merkkia ja siina on oltava vahintaan yksi
numero.

Salasanat ovat kirjainkoon tunnistavia ja kirjainkokoja vaihtelevien salasanojen kayttda suositellaan. BOND-
ohjelmisto validoi salasanat niiden muuttuessa; salasanaa ei voi tallentaa ennen kuin se tayttaa
vahimmaisvaatimukset. Al jaa salasanoja muiden henkildiden kanssa. Kirjaudu aina ulos tililtési, kun et
kayta laitetta.

Muut kayttajan tiedot (etu- ja sukunimet ja tyénimike) ovat valinnaisia. Nama nakyvat lokeissa ja
raporteissa.
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10.2

Huoltohenkildsto suorittaa useimmat LIS-maaritykset, kun BOND LIS-ip on asennettu, mutta
kayttdjat voivat kuitenkin suorittaa joitakin maarityksia LIS configuration (LIS-konfiguraatio)

LIS

-ndytdssa. Naytdssa on myos virheviestien loki.

LIS configuration
‘I License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides
5 Enable unprocessed LIS slide lifetime: (hrs) 1 7
Log messages
[Coatedat_Jiowel Jlogerty fSowce | |
6
8
Nro |Nimi (Kuva 10-2) Nro |Nimi (Kuva 10-2)
1 |Lisenssi 5 |Ota kdyttéon kasittelematon LIS-
N&yttaa LIS-ip-lisenssin salasanan. leikkeen elinaika (tuntia)
2 |Duplikaattitapauksen tunniste P9|§ta LIS:sFa sagdgt Ielkkegt, joita ei ole
) . L kasitelty ohjelmoitujen tuntien kuluessa.
Aseta toimenpide tapauksille, joilla on
sama tapauksen tunniste kuin olemassa 6 |Lokiviestit
olevilla tapauksilla. Naytetdan luettelossa, kun napsautat View
3 |Pakota LIS-tulostus BOND- log (Nayta loki) (katso oikealla).
jarjestelmassa 7 |Muokkaa LIS-tietokenttia
Vahvista, etta kaikki LIS-leikkeet Maarita leikkeen tiedon naytté BOND-
tulostetaan BOND-jarjestelmalla. Ks. jarjestelmassa.
11.7 - Leikkeen merkinnat. 8 |Nayta loki
4 |Ota LIS-jarjestelma kayttoon LIS-

leikkeiden paivittamiseksi

Kirjoita paalle (paivita) kasittelemattomat
leikkeet, jos LIS lahettaa uudelleen
leikkeitd, joilla on sama viivakooditunniste.
Jos tama asetus on poistettu kdytostd,
BOND hylkaa kaikki LIS:n yritykset kayttda
samaa viivakooditunnistetta uudelleen.

Nayta luettelo virheistd, jotka johtuvat joko
BOND-jarjestelmaan lahetetyista LIS-
viesteistd tai BOND-jarjestelman
vastauksista LIS-viesteihin. Napsauta
uudelleen paivittdaksesi luettelo uusimmilla
virheilla.

Kuva 10-2: LIS configuration (LIS-konfiguraatio) -nayttoé
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Lisenssi

Tarvitset lisenssin BOND LIS-ip -jarjestelmaan ja se aktivoituu Leica Biosystemsin toimittamalla salasanalla.
Yleensa salasanan sy6ttaa huoltohenkildstd, joka maarittda LIS-ip-yhteyden. Pdinvastaisessa tapauksessa
vain License (Lisenssi) -kentta ilmestyy nayttoén. Kaynnista LIS-ip-toiminto sydttamalla salasana. Nain
naet myos madritysasetukset ja lokin, kuten Kuva 10-2.

Duplikaattitapauksen tunniste

Kaytd Duplikaattitapauksen tunniste -asetusta voidaksesi maarittad, miten tulee kasitella LIS:sta
saatuja tapauksia, joilla on sama tapauksen tunniste kuin BOND-jarjestelmassa jo olevilla vanhentuneilla tai
poistetuilla LIS-tapauksilla. (Jos LIS-tapauksella on sama tapauksen tunniste kuin olemassa olevalla BOND-
tapauksella, toisin sanoen BOND-jdrjestelmassa luodulla tapauksella, se hyldtdan automaattisesti.) On kaksi
vaihtoehtoa:

« Resurrect existing case (Tuo olemassa oleva tapaus takaisin): kun uusi tapaus on
vastaanotettu ja edellyttaen, etta siind on sama potilaan nimi kuin olemassa olevassa tapauksessa,
olemassa oleva tapaus tuodaan takaisin (ts. sitd kaytetaan uudelleen). Jos uudella tapauksella on
sama tapauksen tunniste, mutta eri potilaan nimi, se hylatdan.

Jos laakarin nimi on muuttunut, kdytetdan uutta nimea.

« Reject message (Hylkaa viesti): uutta LIS-tapausta ei siirreta BOND-jarjestelmaan. Tasta
kirjataan raportointiviesti LIS-jérjestelmaan. Sinun tulee vaihtaa tapauksen tunniste LIS-
jarjestelmassa ja lahettda tapaus uudelleen.

Jos haluat lisatietoja muiden kuin LIS-tapausten duplikaattitapausten tunnisteiden kasittelemisesta, ks.
6.3.4 - Tapauksen duplikaatio, takaisin tuominen ja vanheneminen. Jos haluat lisatietoja LIS-tapauksista,
ks. 11.2.2 - LIS-tapaukset.

LIS-leikkeen tietokentdt

BOND LIS-ip -asennus voidaan maarittaa siten, etta LIS lahettda BOND-jarjestelmaan enintaan seitseman
parametria kullekin leikkeelle. Nama ovat vain tarkastelua varten ja ne ndytetdaan LIS-valilehdella Slide
properties (Leikkeen ominaisuudet) -valintaikkunassa. Vaikka ndiden parametrien perusmaaritykset
suorittaa huoltoteknikko, voit piilottaa minka tahansa parametrikentan ja asettaa kenttien nimet.

Tarkista kentat, jotka haluat ndyttaa ja kirjoita kenttien nimet.
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10.3 Merkinnat

Kaytd Label templates (Merkintojen mallipohjat) -nayttoa leikkeiden merkintdjen Labels
mallipohjien luomiseen ja muokkaamiseen seka kaytettavan mallipohjan valitsemiseen. 5’3%

Mallipohjia on kahdeksaa tyyppia kaytettavaksi kahdeksan leiketyypin kanssa BOND-
jarjestelmassa:

« BOND-yksdisvarjays

« BOND Oracle

« BOND-sekventiaalinen kaksoisvarjays

« BOND-rinnakkainen kaksoisvarjdys

o LIS-yksoisvarjays

« LIS Oracle

« LIS-sekventiaalinen kaksoisvarjdys

« LIS-rinnakkainen kaksoisvarjays

"BOND"-mallipohjat on tarkoitettu leikkeille, jotka on luotu BOND-jarjestelmassa ja "LIS”-mallipohjat
leikkeille, jotka on luotu LIS-jarjestelmassa, mutta jotka tulostetaan BOND-jarjestelmassa.

Kullekin leiketyypille on kolme ennalta maaritettya mallia (2D-viivakoodi, 1D-viivakoodi ja OCR). Niita ei voi
muokata eika poistaa. BOND label ID (BOND-merkinnan tunniste) -asetus kohdassa
10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset maarittaa kaytetyn oletusmallin; OCR tai 2D-viivakoodi.

Kun paivitdt BOND 5.1 -jarjestelmasta BOND 6.0 -jarjestelmaan tai uudempaan versioon, olemassa olevat
oletusmallit sailyvat ja myds 2D-viivakoodimallit tulevat kdyttoon.

Jos BOND-jarjestelmasi paivitettiin aiemmasta versiosta, voit jatkaa olemassa olevan viivakoodinlukijan
kayttda. Tama aikaisempi malli ei kuitenkaan tue 2D-viivakoodeja.

Jos haluat kdyttaa toista mallipohjaa leiketyypille, kopioi oletusmalli ja muokkaa tuloksena olevaa
"kayttajamallia”. Sen jalkeen "aktivoi” se mallipohjaksi, jota BOND-jarjestelma kayttaa kyseisen tyypin
leikkeille. Voit luoda haluamasi maaran mallipohjia jokaiselle leiketyypille, mutta vain yksi voidaan aktivoida
kerrallaan.

merkinnan tunnistamisen epdonnistuessa merkinnat voidaan tunnistaa
manuaalisesti. Leica Biosystems suosittelee, ettd kaikkiin leikkeisiin sisdltyvat
seuraavat kentat:

f Kirjaa aina riittavasti tietoa merkintdihin varmistaaksesi, ettd automaattisen

« Tapauksen tunniste tai potilaan nimi

« Leikkeen tunniste, jos kaytetdan viivakoodeja

« Kudostyyppi — kontrollikudosten tunnistamiseksi

« Markkeri — ensisijaisesti kaytettava vasta-aine tai anturi.
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"
Label templates
Slide ty) B3 siide label designer
2@ 7
““““ Milimeters -
3 E
e R 12345678 "
: 12/12/2016 |
. *mARK(1) :
Mr. J. Citizen "
*IHC A (+) :
Dr. Jones :
5
[ ] v
=8 3
4 6
Nro |(Kuvaus Nro (Kuvaus
1 [Leikkeen tyyppi 5 |Muokkausruutu, jossa valitun mallipohjan
Valitse leikkeen tyyppi — kaikki tyypin asettelu on vasemmalla
2 |Aktivoi mallipohja (siniselld valintamerkilld) 10-5 - Merkinnan mallipohjan
. S . muokkauskomennot
3 |Valittu mallipohja, joka nakyy
muokkauspaneelissa oikealla 7 |Mallipohjan ominaisuudet
4 [Mallipohjan hallintakomennot — ks. Kuva Parhal!laan valitun mélllpohjan asgttelun
10-4 - Merkinnin mallipohjan - ominaisuudet kpkonalsuutena (vain _
hallintakomennot tarkasteltavaksll,.kunnes napsautat Edit
(Muokkaa) -painiketta vasemmassa
ruudussa)
Kuva 10-3: Label templates (Merkinnan mallipohjat) -ndyttoé
=3
Nro |Kuvaus Nro |Kuvaus
1 |Aseta parhaillaan valittuna oleva mallipohja 3  [Muokkaa parhaillaan valittuna olevaa
kaytettavaksi kaikissa leikkeiden mallipohjaa kayttamalla ndytdn oikealla
merkinndissa parhaillaan valittuna olevalle puolella olevaa muokkausruutua ja
leiketyypille. komentoja. Oletusmalleja ei voi muokata.
2 |Kopioi parhaillaan valittuna oleva 4 |Poista parhaillaan valittuna oleva
mallipohja uuden "kayttajan” mallipohjan mallipohja. Oletusmalleja ei voi poistaa.
luomista varten.
Kuva 10-4: Merkinnan mallipohjan hallintakomennot
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Label templates
Slide type: n Slide label designer
Template name: | BOND single stain 20_1
S e
Width: 21.0820000807444
ot el o Show outlines: 2
[ ]
: I 12345678 .
[ | Field name Staining protocol
’ : 12/12/2016 | == = 3
' -
. - . Font: | Narrow -
| ]
: *mARK(1) o = = .
]
Mr J C]tlzen 1 Weight: Extra Light -
8 HC A + g Agnment Left -
:
. ]
_________________ s _I
= v
=n
7 6 5
Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 | Mallipohjan ominaisuudet 5 | Valitse kentat
Syota mallipohjan nimi ja koko Avaa Choose fields (Valitse kentat) -
2 | Nayta aariviivat vaI_intaik_kuna. kenttien liséamiseksi tai
- e poistamiseksi asettelusta
Nayta kentdn aariviivat
muokkausruudussa 6 | Tulosta
3 | Kentdn valinta tTL;IOS’;t'a nl;;kyinen asettelu valitulla
. - . - m
Valitse kentan tyyppi kentén wlostimeria
korostamiseksi muokkauspaneelissa. 7 | Liukusaadin lahentaa tai loitontaa
Syota kentén demoteksti. demomerkintaa
4 | Tekstin ominaisuudet 8 | Parhaillaan valittuna oleva kentta —
M&arita valitun kentén tekstin maarita Text Properties (Tekstin
ominaisuudet ominaisuudet) -.r.uuc_iu.s.,sg oikealla. Voit )
muuttaa leveytta tai sijoittaa koko kentan
uudelleen vetamalla laatikoita
jommastakummasta paasta.
9 | Merkinnan tunniste tai viivakoodikentta —
kokoa ei saa muuttaa
Kuva 10-5: Merkinnan mallipohjan muokkauskomennot
Katso myos:

« 10.3.1 - Luo, muokkaa ja aktivoi merkintéjen mallipohjia

« 10.3.2 - Tietotyypit
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10.3.1  Luo, muokkaa ja aktivoi merkint6jen mallipohjia

Luo uusia mallipohjia kopioimalla olemassa olevia ja muokkaamalla niitd. Voit myds muokata olemassa
olevia kayttajamalleja (mutta et oletusmalleja). Aktivoi malli kdytettavaksi merkintdjen tulostamiseen
BOND-jarjestelmassa.

10.3.1.1 - Uuden mallipohjan luominen
10.3.1.2 - Mallipohjan muokkaaminen
10.3.1.3 - Mallipohjan aktivoiminen

10.3.1.1 Uuden mallipohjan luominen

1.

Valitse leikkeen tyyppi, jolle uusi mallipohja on tarkoitettu.
Kaikki leikkeen tyypille olemassa olevat mallipohjat naytetaan.

Valitse kopioitava mallipohja (valitse malli, joka on l&hinna sitd, jonka haluat luoda).
Napsauta Copy (Kopioi).

Kun kopioit mallipohjan 1D-viivakoodilla, luot uuden "kayttajamallin”, jossa on 1D-viivakoodi.

Kun kopioit mallipohjan 2D-viivakoodilla, luot uuden "kayttajamallin”, jossa on 2D-viivakoodi.

Kun kopioit mallipohjan OCR:I§, luot uuden "kayttdjamallin”, jossa on OCR.

10.3.1.2 Mallipohjan muokkaaminen

1.

Valitse mallipohja vasemmanpuoleisessa ruudussa ja napsauta Edit (Muokkaa).
Nayton oikealla puolella olevat muokkausruutu, painikkeet ja ominaisuuksien listat ovat kdytettavissa
mallipohjan muokkausruudussa nakyvan asettelun muokkaamiseksi.

Valitse valinnaisesti Show outlines (Nayta aariviivat) (Template properties (Mallipohjan
ominaisuudet) -osiossa ylhaalla oikealla), jotta voit tarkastella kentén rajoja muokkausruudussa.
Syo6ta mallipohjan nimi Template properties (Mallipohjan ominaisuudet) -osioon.

Merkintdjen mallipohjien nimilld on 64 merkin raja, liséksi kaikkien samassa leiketyyppiluokassa
kaytettyjen nimien on oltava ainutkertaisia.

Muokkaa asettelua:

i. Lisda tai poista kenttia — napsauta Choose fields (Valitse kentat) ja valitse naytettavat
leikkeen ominaisuudet (ks. 10.3.2 - Tietotyypit-osiosta luettelo kaikista kaytettavissa olevista
ominaisuuksista).

Huomaa, etta et voi poistaa Label ID (Merkinnan tunniste) -kenttd3, jota kaytetaan
automaattiseen tunnistamiseen.

ii. Sijoita kentat — valitse ja veda kenttia muokkausruudussa.
iii. Muuta kentan leveydet — veda kenttien jommassakummassa padssa olevia laatikoita. (Tekstin
fonttikoko asettaa kentan korkeudet.)

Jos asetettu kentén leveys ei ole riittdvan pitka tietyn merkinnan arvolle silloin, kun
mallipohjaa kéytetaan, teksti katkaistaan ja siihen lisdtéan kolme pistettd merkiksi sanan
katkaisemisesta.
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6 Et saa muuttaa Label ID (Merkinnadn tunniste) -kentan kokoa — se tulee sdilyttaa
oletusasetuksessaan, jotta prosessointimoduulin kuvantaja voi lukea sen.

iv. Aseta tekstin ominaisuudet — valitse kenttd ja aseta sen fontti ja fonttikoko, tyyli ja paino Text
properties (Tekstin ominaisuudet) -osiossa. Aseta myds tekstin kohdistus kenttaan.

6 Et voi muuttaa fontin ominaisuuksia Label ID (Merkinndn tunniste) -kentdssa — niiden
tulee pysya oletusasetuksessaan, jotta prosessointimoduulin kuvantaja voi lukea merkinnan.

5. Napsauta Save (Tallenna).

6 Varmista, etta Label ID (Merkinnan tunniste) -kentan ymparilld on tyhja tila. Jos jonkin muun kentén
teksti osuu télle alueelle, se voi hairitd automaattista tunnistusta.

10.3.1.3 Mallipohjan aktivoiminen

1. Valitse mallipohja vasemmanpuoleisessa ruudussa ja napsauta Activate (Aktivoi).
Mallipohja on merkitty sinisella valintamerkilld, mika osoittaa, etta se on nyt aktiivinen.
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10.3.2

Tietotyypit

Merkintdjen mallipohjat voidaan maarittaa ndyttadmaan mika tahansa seuraavista leikkeen tiedoista, jotka on

valittu Choose fields (Valitse kentat) -valintaikkunasta Labels (Merkinndt)-ndytossa.

Label ID (Merkinnan tunniste) -kenttad, jota kaytetdan automaattiseen tunnistamiseen, ei voi poistaa

mistddn mallipohjasta.

Se nakyy viivakoodina tai aakkosnumeerisina merkkeina jarjestelman asetuksista riippuen.

Kentta

Kuvaus

Tapauksen tunniste

Leikkeen tapauksen tunniste (huom. ei tapauksen nro) —ks.
6.3.2 - Tapauksen tunnistaminen).

Leikkeen laatija

Leikkeen laatineen henkilén kdyttajanimi, tai “LIS”, jos se on tarpeen.

Denaturaatioprotokolla

Denaturaatioprotokollan lyhennetty nimi.

Denaturaatioprotokolla 2

Toisen denaturaatioprotokollan lyhennetty nimi (voidaan tarvita
kaksoisvarjaysprotokollissa).

Annostelumaara

100 pl:n tai 150 pl:n annostelumaara.

Laakarin kommentti

Kommentti, joka on tallennettu BOND-jarjestelmaan lahettavalle
laakarille (ks. 6.4 - Ladkarien hallinnointi).

Lagkari

Lahettavan lagkarin nimi.

EIER-protokolla

Entsyymiprotokollan lyhennetty nimi.

EIER-protokolla 2

Toisen entsyymiprotokollan lyhennetty nimi (voidaan tarvita
kaksoisvarjaysprotokollissa).

Laitos

Laitoksen nimi siten kuin se on tallennettu Facility (Laitos)-kenttdan
yllapito-ohjelman Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -
naytdssa —ks. 10.5.1 - Laboratorioasetukset.

HIER-protokolla

HIER-protokollan lyhennetty nimi

HIER-protokolla 2

Toisen HIER-protokollan lyhennetty nimi (saattaa olla tarpeen
kaksoisvarjaysprotokollissa).

Hybridisaatioprotokolla

ISH-hybridisaatioprotokollan lyhennetty nimi.

Hybridisaatioprotokolla 2

Toisen ISH-hybridisaatioprotokollan nimi (voidaan tarvita
kaksoisvarjaysprotokollissa).

LIS-laakarin kommentti

LIS-ip-jérjestelmissa kommentti ladkérille LIS-jarjestelmassa.

LIS-la&kari

LIS-ip-jérjestelmissa ladkarin nimi.

LIS-viite [2-8]

LIS-leikkeen ominaisuudet, jotka on tuotu BOND-jarjestelmaan.
Ks. 11.2.6 - LIS-leikkeen tietokentat.

Markkeri

Ensisijaisen vasta-aineen tai anturin lyhennetty nimi ykséisvarjaykselle,
rinnakkaiselle kaksoisvarjaykselle tai sekventiaalisen kaksoisvarjayksen
ensimmaiselle varjaykselle.

Markkeri 2

Ensisijaisen vasta-aineen tai anturin lyhennetty nimi kaksoisvarjayksen
toiselle varjaykselle.

Potilaan kommentti

Tapauksen kommentti (ks. 6.3.3 - Tapauksen lisddminen).

Potilas

Potilaan nimi.
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Kentta

Kuvaus

Valmisteluprotokolla

Valmisteluprotokollan lyhennetty nimi.

Julkinen nimi

LIS-ip-jarjestelmissa ensisijaisen vasta-aineen tai anturin julkinen nimi
(ks. 11.2.4 - Julkiset markkerien nimet) yksoisvarjaykselle tai
kaksoisvarjdyksen ensimmaiselle varjaykselle.

Julkinen nimi 2

LIS-ip-jarjestelmissa ensisijaisen vasta-aineen tai anturin julkinen nimi
(ks. 11.2.4 - Julkiset markkerien nimet) kaksoisvarjayksen toiselle
varjaykselle.

Leikkeen kommentti

Leikkeen kommentti (ks. 6.5.2 - Leikkeen luominen).

Leikkeen paivamaara

Pdivamaara, jolloin merkinta tulostettiin (lyhyt muoto Windowsin alue-
ja kielikohtaisten asetusten mukaisesti (ohjauspaneeli)).

Leikkeen tunniste (OCR-
tila)

4-merkkinen aakkosnumeerinen leikkeen tunniste, joka on
ainutkertainen leikkeelle BOND-jarjestelmdssa. Tama on merkinnan
tunnisteen ensimmainen osa.

Leikkeen tunniste
(viivakooditila)

8-numeroinen numeerinen leikkeen tunniste, joka on ainutkertainen
leikkeelle BOND-jarjestelmassa.

Leikkeen prioriteetti

LIS-ip-jarjestelmissa leikkeen prioriteettiluokitus.

Varjaystila

Yksoisvarjays, kaksoisvarjays, diagnostinen tai teranostinen leike.

Varjaysprotokolla

Varjaysprotokollan lyhennetty nimi yksdisvarjaykselle tai
kaksoisvarjdyksen ensimmaiselle varjaykselle.

Varjaysprotokolla 2

Varjaysprotokollan lyhennetty nimi kaksoisvarjayksen toiselle
varjaykselle.

Kudostyyppi

Testikudos tai positiivinen tai negatiivinen kontrollikudos. BOND tulostaa

“(-)" negatiiviselle kontrollille, “(+)" positiiviselle kontrollille eika tulosta
mitaan testikudokselle.
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10.4 BDD

Kdyta BDD update (BDD-paivitys) -nayttda paivittadksesi BOND Data Definitions (Tietojen
maaritelmat) ja luodaksesi tarkastuslokitiedostot.

BDD update

Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dala Definitions) updates on the web site, e.g. to add newly released reagents.

2 File selected:

Import status: Successful

Browse

Update log
]
23-Aug-13 11:3052AM  Information  Test management Finished

23-Aug-13 11:30:52AM  Information  Instrument management  Started

23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Instrument management  Finished

23-Aug-13 11:3149AM  Information  Case management Started
23-Aug-1311:31:49AM  Information  Case management Finished
23-Aug13 11:31:49AM  Information  Rules management Started
23-Aug-13 11:31:49AM  Information  Rules management Finished
23-Aug-13 1131:49AM  Information  Import SQL scripts Started
23-Aug-1311:31:50AM  Information  Import SQL seripts Finished
23-Aug-13 11:31:50AM  Information  Label management Started
23-Aug-131131:51AM  Information  Label management Finished
23-Aug13 11:31:54AM  Information  BDD update Finished

6

Nro |Kuvaus

BDD-paivityksen loki
Valittu BDD-paivitystiedosto
BDD-paivityksen edistymispalkki ja tila

D W N

Selaa ja etsi BDD-paivitystiedosto ja avaa se vasemmalla
olevaan kenttaan

5 |Lataa

Napsauta BDD-paivitystiedoston asentamiseksi
vasempaan kenttaan

6 |Vie tarkastusloki

Luo tarkastuslokitiedostot napsauttamalla —
10.4.2 - Tarkastusloki

Kuva 10-6: BDD-paivitys -nayttd
Katso:

« 10.4.1 - BDD-paivitykset
« 10.4.2 - Tarkastusloki
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10.4.1  BDD-paivitykset

Leica Biosystems jakaa saanndllisesti BDD:n (BOND Data Definitions) paivitykset verkkosivustolla, esim.
uusien reagenssien lisdéamiseksi. BOND 6.0 -versiolle tarkoitettujen BDD-paivitystiedostojen tiedostopaate
on "*.bdd". Asenna nama paivitykset BDD update (BDD-paivitys) -ndytosta.

heijastuvat kunkin alueen maaraykset. Muista asentaa oikea aluekohtainen
paivitystiedosto (About BOND (Tietoja BOND-jarjestelmasta) -valintaikkuna
nayttaa alueen tiedot, katso 3.9 - Tietoa BOND-jdrjestelmadstd). Jos olet epavarma
oikeasta tiedostosta, ota yhteytta asiakastukeen.

2 Eri maiden eri alueille on olemassa erilaisia BDD-paivitystiedostoja, joissa

Voit asentaa BDD-paivityksen milloin tahansa.

1. Lataa paivitystiedosto BOND-ohjaimeen (tai vaihtoehtoisesti mihin tahansa BOND-paatteeseen
BOND-ADVANCE-jarjestelmissa).

2. Avaa BDD update (BDD-paivitys) -ndytto yllapito-ohjelmassa.

3. Napsauta Browse (Selaa) ja etsi paivitystiedosto Windowsin Open (Avaa) -valintaikkunassa.

4. Napsauta Open (Avaa) BDD-tiedoston nayttamiseksi ndytén vasemman yldreunan léhella olevassa
kentdssa.

5. Napsauta Load (Lataa) maaritelmien paivittamiseksi uusilla tiedoilla.

6. Viestit kirjoitetaan Paivityslokiin pdivityksen edetessa. Loppurivilla ndkyy “BDD update: Finished”
(BDD-paivitys valmis), kun paivitys on valmis, ja ylimman ruudun edistymispalkin alla nékyy tila
“Successful” (Onnistunut).

Ainoa tapa tarkistaa, onnistuuko BDD-paivitys, 16ytyy BDD update (BDD-paivitys) -naytostd. Ainoa tapa
tarkistaa, onnistuuko BDD-paivitys, [6ytyy BDD update (BDD-paivitys) -ndytdsta. Prosessi kestda vain
muutaman minuutin, joten suosittelemme, ettd odotat, kunnes paivitys on valmis ennen kuin siirryt toiseen
nayttdon.

Jos paivitys ei onnistu, tietojen maaritelmat palautuvat paivitysta edeltavaan tilaan ja siita ilmestyy viesti
paivityslokiin. Ota yhteytta asiakastukeen, jos paivitys epdaonnistuu.

10.4.2  Tarkastusloki

Voit luoda tarkastuslokin kaikista jarjestelmaan tehdyistd muutoksista, johon merkitddn mm. muutosten
tekija ja ajankohta. Tarkastusloki kirjoitetaan useisiin CSV-tiedostoihin, joista jokaiseen tallentuu erilainen
tietokategoria. Tiedostot on kirjoitettu kansioon BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss ohjaimessa.

Tarkastuslokitiedostojen luominen:

1. Avaa BDD update (BDD-paivitys) -naytto ja napsauta Export audit trail (Vie tarkastusloki).

2. Valitse All data (Kaikki tiedot) jarjestelman koko kdyttéian muutoksien raportoimiseksi tai
Custom date (Mukautettu aikavali) maaritelldksesi tietyn ajanjakson, ja maarita sen jalkeen
pdivamadrat ja kellonajat From (Mistd) ja To (Mihin).

3. Napsauta Export (Vienti).
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10.5

Settings (Asetukset) -naytossa on yleiset laboratorionlaajuiset asetukset BOND-jarjestelmalle
(Laboratory settings (Laboratorioasetukset)) ja oletusarvoiset tapaus- ja leikeasetukset
seka tyonkulun vaihtoehdot (Case and slide settings (Tapauksen ja leikkeen asetukset)).

Asetukset

« 10.5.1 - Laboratorioasetukset

o 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset

« 10.5.3 - Tietokannan varmuuskopiot

10.5.1

Laboratorioasetukset

Saltings
iy )

Aseta yleiset laboratoriovaihtoehdot Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -ruudussa:

Settings
Laboratory settings
Facility: Tissue Test Labs | 1
Play welcome 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 1:00 AM B 4
|5
Last backup failed | 6
Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 | Laitos 4 | 24 tunnin ajoitettu varmuuskopiointi
Kirjoita laboratoriosi nimi, joka nakyy kio (h)
raporteissa Aseta aika paivittdisten automaattisten
2 | Toista tervetuloviesti tietokannan varn;:uskoplmdkenf
. _— suorittamiseen tunnin aikaformaatti) —
Toista tervetuloviesti, kun BOND- . ( . )
- oo ks. 10.5.3 - Tietokannan varmuuskopiot.
ohjelmisto kdynnistetdan
5 | Varmuuskopioi nyt

Tee aina kastotesti

Valitse kastotestaus suoritettavaksi
madritettyjen tyyppien reagenssisailidissa
ennen jokaista kayttokertaa — ks.

Suorita tietokannan varmuuskopiointi
valittémasti — 10.5.3 - Tietokannan

varmuuskopiot.

8.3.1 - Reagenssin volyymin 6
maarittdminen

Tiedot viimeisestd varmuuskopiosta tai
edistymispalkki, kun varmuuskopiointi on
kaynnissa

Kuva 10-7: Settings (Asetukset) -ndytto Laboratory settings (Laboratorioasetukset) -ruutu
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10.5.2 Tapauksen ja leikkeen asetukset

Tapauksen ja leikkeen asetusten avulla voit asettaa

« oletusarvot maaritettavilla arvoilla tapausta ja leiketta luotaessa
« tyonkulun vaihtoehdot tapausta ja leiketta luotaessa.

Ks. Kuva 10-8 ja Kuva 10-9 tapauksen ja leikkeen asetusten kuvaukset.

Case settings
1 | Default preparation: *Dewax '
2 | Default dispense volume: 150 pL ‘
3 | Create impromptu cases or slides: Cases and slides n
4 | Processed case lifetime: 30| (days)
5 | Create daily case
Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 Oletusarvoinen valmistelu 4 Prosessoidun tapauksen elinaika
Oletusarvoinen valmisteluprotokolla uusille Paivien lukumaara, jolloin tapaus pysyy Slide
tapauksille. setup (Leikeasetukset) -naytdssa tapauksen

viimeisen leikkeen kasittelyn jalkeen — ks.
6.3.4.2 - Prosessoidun tapauksen elinaika.

2 Oletusarvoinen annostelumaara

Oletusarvoinen annostelumaara uusille
tapauksille. 5 Luo paivittdinen tapaus

Luo automaattisesti yksi tapaus paivittain

kaikille kyseisena pdivana prosessoiduille

leikkeille — ks. 6.3.7 - Paivittainen tapaus -
vaihtoehto

3 Luo improvisoidut tapaukset/leikkeet

Aseta vaihtoehdot tapausten ja/tai leikkeiden
luomiseksi leikkeiden lataamisen jalkeen —ks.
6.8.2 - Leikkeen laitteessa suoritettavan
tunnistuksen vaihtoehdot

Kuva 10-8: Tapauksen asetukset Case and slide setting (Tapauksen ja leikkeen asetukset) -

ruudussa
Slide settings
1 Staining mode: Single -
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID OCR
+ Barcode
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Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 Varjaystila 3 Pakota tulostus BOND-jarjestelmassa
Uusien leikkeiden oletusasetus — ks. Salli vain BOND-jarjestelmassa tulostetuilla
6.5.2 - Leikkeen luominen. merkinndilla varustettujen leikkeiden kasittely

—ks. 6.8.2 - Leikkeen laitteessa suoritettavan
tunnistuksen vaihtoehdot

2 BOND-merkinnan tunniste

Aseta ensisijaiset merkintatunnisteet BOND-
jarjestelmassa luoduille leikkeille 1D- tai 2D-
viivakoodeina tai aakkosnumeerisena tekstina
(OCR).

Kuva 10-9: Leikkeen asetukset Case and slide setting (Tapauksen ja leikkeen asetukset) -
ruudussa

10.5.3 Tietokannan varmuuskopiot

Tietokanta tallentaa tarkeat potilastiedot ja se on olennaisen térkeda BOND-jarjestelman asianmukaiselle
toiminnalle. Voidaksesi varmistaa, etta voit palauttaa vioittuneen tietokannan, BOND-jarjestelmdssa on
automaattinen ja manuaalinen varmuuskopiojérjestelma:

« Automaattiset paivittdiset varmuuskopiot
« “Manual”, varmuuskopiot pyynnosta

Kaikki varmuuskopioidut tiedostot tallennetaan BOND-ohjaimeen seuraavan kansion alikansioihin:
B:\BOND Drop-box\Backups

Jokaiselle varmuuskopiotyypille luodaan kaksi tiedostoa, joilla on aina sama nimiformaatti:
[Laitoksen nimi]_BOND_VVVV-KK-PP-HH-mm-ss

jossa laitoksen nimi on sama kuin yllapito-ohjelman Settings (Asetukset) -nayttoon syotetty nimi (ks.
10.5.1 - Laboratorioasetukset) (tai oletusarvoisesti “Laitos”, jos laitoksen nimea ei ole annettu). Nimi sisaltaa
paivamaaran ja kellonajan, jolloin varmuuskopiointi suoritettiin. Padasiallisen varmuuskopiotiedoston
tiedostopaate on ".dump" ja sielld on myos lokitiedosto, jonka tiedostopaate on “.log”.

Automaattiset paivittdiset varmuuskopioinnit suoritetaan yllapito-ohjelman Settings (Asetukset) -
naytossa madritettyna kellonaikana (10.5.1 - Laboratorioasetukset). Viimeisin varmuuskopio on kansiossa
“Scheduled_Latest”. Se siirretdan kansioon “Scheduled_1_Days_0OId"” seuraavan paivan varmuuskopioinnin
yhteydessa ja niin edelleen vield kuuden pdivan ajan (kansioon "Scheduled_7_Days_0Id"), jonka jalkeen se
poistetaan.

Jos BOND-ohjain on pois paalté aikataulutetun varmuuskopioinnin hetkelld, varmuuskopiointia ei suoriteta.
Varmista, ettd asetat ajan, jolloin ohjain on paalla ja jolloin on epatodennakdista, ettd prosessointi on
kaynnissa.

Voit suorittaa manuaalisen varmuuskopioinnin milloin tahansa (paitsi silloin, kun automaattinen
varmuuskopiointi on kaynnissa) yllapito-ohjelman Settings (Asetukset) -ndytdstda. Napsauta Back up
now (Varmuuskopioi nyt) Database Backup (Tietokannan varmuuskopiointi) -osiossa (ks.
10.5.1 - Laboratorioasetukset).
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Valintaikkuna ilmoittaa, kun varmuuskopiointi on valmis. Varmuuskopiointi- ja lokitiedostot tallennetaan
kansioon “Manual”. Seuraavan manuaalisen varmuuskopioinnin yhteydessa tiedostot siirretadn kansioon
"Manual_Previous”. Tiedostot poistetaan kolmannen manuaalisen varmuuskopioinnin jélkeen, toisin sanoen
vain kaksi viimeisintd manuaalista varmuuskopiota tallennetaan.

Jos jotakin varmuuskopioinnin tyypeista ei voida suorittaa onnistuneesti, kuvake (oikealla)
ilmestyy nakyviin toimintapalkin oikealla puolella yllapito-ohjelmassa ja kliinisissa asiakkaissa. ng
Kuvake on nakyvissd, kunnes varmuuskopiointi suoritetaan onnistuneesti. Jos kuvake tulee %
nakyviin, yrita suorittaa manuaalinen varmuuskopiointi mahdollisimman pian. Jos myos se
epaonnistuu, ota valittbmasti yhteytta asiakastukeen.

b—

Erityisesti vanhemmissa BOND-jarjestelmissa, joihin on kertynyt enemman tietoja, tarkista ajoittain, etta
varmuuskopiointitiedostoille on riittdvasti tilaa. Yleensa yksi varmuuskopiotiedosto poistetaan, kun luodaan
uusi tiedosto, joten levyaseman kayttoaste kasvaa vain suhteellisen pienin lisayksin. Jossakin vaiheessa
saatat kuitenkin tarvita lisda levyaseman kayttdtilaa — jos ndin on, ota yhteytta asiakastukeen.

Turvallisuuden lisadmiseksi kopioi varmuuskopiotiedostot saanndllisesti eri paikkaan (muualle kuin BOND-
ohjaimeen). Jos mahdollista, sovi IT-osastosi kanssa automaattisista varmuuskopioista. Mikali se ei ole
mahdollista, kopioi tiedostot manuaalisesti kerran viikossa (useammin laboratorioissa, joissa on suuri
vaihtuvuus). BOND-ohjain kdyttaa turvallista FTP-palvelinta, joten IT-osasto voi kirjautua sisaan ja ladata
varmuuskopiotiedostot BOND Drop-Box -kansiosta turvallisen FTP-yhteyden kautta.

Ota yhteys asiakastukeen, jos sinun tulee palauttaa tietokanta.
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10.6 Laitteisto

Kaytd Hardware configuration (Laitteiston kokoonpano) -nayttoa prosessointimoduulien,  BEEEEs
moduuliryhmien (yhden asiakkaan valvomien prosessointimoduulien ryhmat) ja leikkeiden @
merkintatulostimien maarittelyyn.

Laitteiston kokoonpano madritelladn kolmella valilehdella:

o 10.6.1 - Prosessointimoduulit
« 10.6.2 - Moduuliryhmat
o 10.6.3 - Leikkeen merkintalaitteet

10.6.1 Prosessointimoduulit

Tarkastele prosessointimoduuleja BOND-jarjestelmassa ja madrita niiden bulkkireagenssisailiot Processing
modules (Prosessointimoduulit) -valilehdella.

Kun prosessointimoduuli on fyysisesti kytketty BOND-ohjaimeen verkkokaapelilla, ilmestyy se
automaattisesti vasemmalla olevaan ruutuun Processing modules (Prosessointimoduulit) -
valilehdella.

BOND-ohjain sallii vain yhteensopivien prosessointimoduulien kytkemisen. Jos yhteensopimaton
prosessointimoduuli on kytketty, ndkyviin tulee kuvake ja virheviesti (ks. kuvakkeiden taulukko ja
merkitykset seuraavalla sivulla).

Valitse prosessointimoduuli néhddksesi sen tiedot valilehden oikealla puolella. Anna prosessointimoduulille
ainutkertainen nimi ja poista tarvittaessa jotkut bulkkisailidista (ks. 10.6.1.1 - Bulkkireagenssisailididen
poistaminen kaytdstd). Kun tallennat nama asetukset, prosessointimoduulin sanotaan olevan
"kayttéonotettu”.

Se pysyy valilehdella myds silloin, kun se on sammutettu tai irrotettu, kunnes poistat sen kaytésta (ks. kohta
10.6.1.2 - Prosessointimoduulin poistaminen kaytosta).
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1 2

Processiflg modules

Hard\are configuration

Pods| Slide labellers

3210123
BOND-III

EEND—HI #1

Bulk reagent configuration has been defined for the prockssing module

D Normal
e Serial N° 3210123
@ B:\NDH“X“E Name: BOND-III #1
%2\12025 IP Address: 10.252.10.2:111
@ EZ“BHﬁ #4 Type: BOND-III
gﬂ{l}wgi& > Bulk container configuration
@ BSND:HQ'XQ - - — — =
i 0 OO0 goQod
4 S 6 ¥
Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 | Kaikki kytketyt prosessointimoduulit. 6 | Huolto valmis
2 Parhaillaan valittuna oleva Nollaa palva ja leikkeiden lukemat
prosessointimoduuli — sen tiedot nakyvét napsauttamalla ennaltaehkaisevan huollon
nayton oikealla puo|e||a_ jalkeen — ks.Ennaltaehkaiseva huolto
3 | Valitun prosessointimoduulin sarjanumero sisdan12 - Puhdistus ja huolto
aitun p ! san ’ (BOND-ITI ja BOND-MAX) (BOND-1II ja
nimi (muokattavissa), IP-osoite ja
. . BOND-MAX).
laitetyyppi.
4 | Kaytosta poistaminen / T.allenna
i e - . Sinun on tallennettava
Poista kaytdsta valittu prosessointimoduuli . - . .
. . konfigurointiasetukset, jotta voit ottaa
—ks. 10.6.1.2 - Prosessointimoduulin e imen
) . . kayttoon askettain kytketyn
poistaminen kdytosta alla . .
prosessointimoduulin. Jotta
5 | Bulkkisailion konfiguraatio — voit poistaa

joidenkin asemien valinnan, jos niita ei
kayteta — ks.

10.6.1.1 - Bulkkireagenssisailididen
poistaminen kaytosta alla

prosessointimoduulin asetukset voidaan
tallentaa, sinun on ensin varmistettava,
etta kaikki sen leikkeiden
varjayskokoonpanot on avattu.

Kuva 10-10: Processing modules (Prosessointimoduulit) -vdlilehti Hardware configuration
(Laitteiston kokoonpano) -naytolla
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Kuvakkeet, jotka sijaitsevat prosessointimoduulin kuvien vieressa vasemmassa ruudussa, ilmaisevat, etta
moduulit ovat eri tiloissa:

Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys
s Prosessointimoduulia ei ole @ Prosessointimoduulissa suoritetaan
T kytketty. huoltotoimenpiteita.

Tama kuvake nakyy myos (yhdessa
virheviestin kanssa), jos kytketty
prosessointimoduuli ei ole
yhteensopiva BOND-jarjestelman
kanssa.

|:| Prosessointimoduulia — Prosessointimoduuli ei ole saanut
|:| alustetaan. | ; bulkkireagenssin konfiguraatiota.
Napsauta Save (Tallenna)

konfiguraation lahettamiseksi.

Prosessointimoduulia s | Prosessointimoduuli on saanut
huolletaan parhaillaan. l i bulkkireagenssin konfiguraation.

10.6.1.1 Bulkkireagenssisailididen poistaminen kaytosta

Laboratoriot, jotka eivat suorita epitooppista talteenottoa ja/tai parafiinin poistoa BOND-jdrjestelmassa
voivat poistaa sailiot kaytosta ohjelmistossa ja poistaa vastavat sailiot laitteesta. Silloin sdilidissa ei tarvitse
sailyttda reagenssia ja laitteen alustaminen nopeutuu, kun sdilidihin vievia nestelinjoja ei tarvitse esitayttada.
Bulkkisailididen poistamiseksi kaytdsta poista niiden valintamerkki Bulk container configuration
(Bulkkisailion konfiguraatio) -ruudussa ja napsauta Save (Tallenna). Kaynnista kehotettaessa
prosessointimoduuli uudelleen, jotta muutokset astuvat voimaan. Voit poistaa kaytosta poistetut sailiot tai
jattaa ne paikalleen laitteeseen.

10.6.1.2  Prosessointimoduulin poistaminen kaytosta

Jos et enaa tarvitse prosessointimoduulia, lopeta sen kaytto ja poista se sitten Processing modules
(Prosessointimoduulit) -vdlilehdelta. Varmista, ettd prosessointimoduuli on pois paalta, valitse se sen
jalkeen Processing modules (Prosessointimoduulit) -valilehdella ja napsauta Decommission
(Lopeta kaytto). Jos prosessointimoduuli on edelleen moduuliryhmassa, se poistetaan moduuliryhmasta
automaattisesti, kun sen kaytto on lopetettu.

Jos haluat ottaa prosessointimoduulin uudelleen kayttoon, kytke verkkokaapeli uudelleen.
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10.6.2  Moduuliryhmat

Moduuliryhmét ovat prosessointimoduulien (ja leikkeen merkintéjen tulostimien) kokoelmia, joita voidaan
ohjata yhdesta kliinisesta asiakkaasta — ks. 3.1 - Jarjestelmaarkkitehtuuri. Luo moduuliryhma myds yhden
paikan asennuksille, joissa kaikkia prosessointimoduuleja ohjataan BOND-ohjaimella. Luo ja muokkaa
moduuliryhmia Pods (Moduuliryhmat) -vélilehdella.

1 2

Haldware configuration

Pracdssing modules Pods Slide labellers

Name: Fire

#
i Description: Pod 1 3
@ water
)@ Pod2 Allocated processing modules Available processing modules
TH_B3 M212025
_ BOND-II BOND-MAX
b g ;ﬂlﬂ" TH B3 Q BOND-MAX #4
)@ Pod3 i Not yet configured Y oma:
i e s
TH_Max 4
3 Fre BOND-MAX
oo Feit &, me
s £ Not
Allocated slide labellers Available slide labellers

=, ZDesigner TLP 3842

L
8 7 6 5
Nro |Kuvaus Nro |(Kuvaus
1 |Luettelo kaikista moduuliryhmista 6 |Leikkeen merkintatulostimet valitussa

moduuliryhmassa. Oletustulostin on merkitty

2 |Moduulien prosessointi valitussa AR . .
sinisella valintamerkilla — ks. Luo uusi

moduuliryhmdssd. Samaa luokitusta

kaytetaan kliinisessa asiakkaassa — ks. moduuliryhma alla.
10.6.2.1 - Luo uusi moduuliryhma alla. 7 |Parhaillaan valittuna oleva moduuliryhma —

3 |Valitun moduuliryhman nimi ja kuvaus sen tiedot nakyvat nayton oikealla puolella.

(molemmat muokattavissa). 8 |Lisdaa moduuliryhma
4 |Kaikki prosessointimoduulit, jotka eivat ole Napsauta uuden moduuliryhman
moduuliryhmissa. maarittdmiseksi — ks. Luo uusi moduuliryhmd

alla.
5 |Kaikki leikkeiden merkintdlaitteet, jotka eivat

ole moduuliryhmissa. Poista

Napsauta tyhjaa moduuliryhmaa hiiren
oikealla painikkeella ja poista se
napsauttamalla Delete (Poista).

Kuva 10-11: Pods (Moduuliryhmat) -vélilehti Hardware configuration (Laitteiston kokoonpano)
-naytossa
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Prosessointimoduulien asettamiseksi kaytettdvaksi moduuliryhmaan lisdamista varten maarita ne
Processing modules (Prosessointimoduulit) -valilehdella (ks. 10.6.1 - Prosessointimoduulit). Leikkeen
merkintdlaitteiden asettamiseksi kdytettavaksi moduuliryhmaan lisédmista varten maarita ne Slide
labelers (Leikkeen merkintdlaitteet) -valilehdella (ks. 10.6.3 - Leikkeen merkintdlaitteet).

10.6.2.1  Luo uusi moduuliryhma

1.
2.
3.

5.

Napsauta Add pod (Lisad moduuliryhma).
Anna ainutkertainen moduuliryhman nimi ja valinnaisesti sen kuvaus.
Valitse prosessointimoduulit Available processing modules (Kaytettadvissa olevat

prosessointimoduulit) -ruudusta (ylhaalla oikealla) ja napsauta vasenta nuolipainiketta
lisatdksesi ne Allocated processing modules (Allokoidut prosessointimoduulit) -ruutuun
(yIhaalld vasemmalla).

Jos lisaat useita laitteita, lisaa ne siind jarjestyksessa, jossa haluat valilehtien ndkyvan kliinisessa
asiakkaassa, esim. jos valitset ensimmaiseksi laitteen A ja toiseksi laitteen B, A tulee nakyviin B:n
ylapuolella ruudussa ja System status (Jarjestelman tila) -vélilehdilld asiakkaille, jotka on liitetty
moduuliryhmaan. Voit jarjestaa prosessointimoduulit uudelleen poistamalla ne oikealla

nuolipainikkeella ja sijoittamalla ne sitten takaisin oikeaan jarjestykseen.

Valitse yksi tai useampi leikkeen merkintatulostin Available slide labelers (Kaytettavissa
olevat leikkeiden merkintalaitteet) ruudusta (alhaalla oikealla) ja lisaa se Allocated slide
labelers (Allokoidut leikkeiden merkintdlaitteet) -ruutuun (alhaalla vasemmalla).

Jos lisaat useita tulostimia, ne ovat kaikki kdytettavissa leikkeita tulostettaessa. Aseta oletusarvoinen
tulostin napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja napsauttamalla Set as default printer (Aseta
oletusarvoiseksi tulostimeksi). Oletusarvoisessa tulostimessa on sininen valintamerkki.

Napsauta Save (Tallenna).

Poista moduuliryhma poistamalla kaikki prosessointimoduulit ja tulostimet, napsauta sitten hiiren oikealla
painikkeella moduuliryhmda vasemmassa ruudussa ja napsauta Delete (Poista).
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10.6.3 Leikkeen merkintalaitteet

BOND-jérjestelman kayttamat leikkeen merkintalaitteet on paikannettava, tunnistettava ja aktivoitava
yllépito-ohjelman Hardware configuration (Laitteiston kokoonpano) -ndytdssa Slide labelers
(Leikkeen merkintdlaitteet) -valilehdelld. Nain ne voidaan sisallyttda moduuliryhmiin (ks.

10.6.2 - Moduuliryhmat).

1 2 3
Haldware configutation
Procgssing medules Pods) Slide labellers
i_'; ZDesigner TLP 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842
= ZDesigner TLP 3842 T pehe
Printer type: Zebra TLP3842 B
=
4
Nro Kuvaus Nro Kuvaus
1 Luettelo kaikista leikkeen 3 Leikkeen merkintatulostimen tiedot — ks.
merkintalaitteista. 10.6.3.1 - Leikkeen merkintatulostimen
2 | Parhaillaan valittuna oleva leikkeen tiedot alla.
merkintalaite — sen tiedot nakyvat nayton 4 | Lisaa tulostin
oikealla puolella. Lisaa uusi leikkeen merkintalaite
napsauttamalla — maarita nayton oikealla
puolella.

Kuva 10-12: Slide labelers (Leikkeen merkintalaitteet) -vililehti Hardware configuration
(Laitteiston kokoonpano) -naytéssa

Jos haluat ottaa juuri liitetyn leikkeen merkintdlaitteen kayttoon liitettdvaksi moduuliryhmaan, napsauta
Add printer (Lisaa tulostin) ja sy6ta sitten tulostimen tiedot ndytdn oikealle puolelle.
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6 Kaikissa asennuksissa ei ole moduuliryhmaa. Jos moduuliryhmia ei ole, oletusarvoinen tulostin on luettelon
ensimmainen tulostin.

6 Jos leikkeen merkintalaite on vaihdettu, sinun ei tarvitse lisata uutta merkintalaitetta — voit korvata vanhan
merkintdlaitteen tiedot uuden laitteen tiedoilla.

Jos haluat poistaa merkintalaitteen luettelosta, napsauta sita hiiren oikealla painikkeella ja valitse Delete
(Poista).

10.6.3.1 Leikkeen merkintatulostimen tiedot

BOND-jarjestelma vaatii seuraavat tiedot kunkin leikkeen merkintatulostimelle:

« Display name (Nayttéonimi): merkintalaitteen nimi, joka nakyy BOND-ohjelmistossa
« Printer name (Tulostimen nimi): Windows-kayttéjarjestelman kdyttdman tulostimen nimi

6 Tulostimen nimi on BOND-ADVANCE-asennuksissa itse asiassa tulostimen Share name (Jaettu nimi),
joka nakyy Windows-jarjestelman Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit) -valintaikkunassa.

« Host name (Isantanimi): jata tyhjdksi, ellei se ole Zebra-tulostin (esimerkiksi ZDesigner TLP
3842) BOND-ADVANCE-asennuksessa. Sy6ta siina tapauksessa sen padtteen Computer name
(Tietokoneen nimi), johon leikkeiden merkintalaite on kytketty.

6 Loydat Computer name (Tietokoneen nimen) Windows-jdrjestelmdssa System (Jarjestelma) -
valintaikkunasta (ks. Kuva 10-13).

Kuva 10-13: Tietokoneen nimi Windowsin Jarjestelma-valintaikkunassa

« Printer type (Tulostimen tyyppi): tulostimen malli (esimerkiksi ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Tulosta testimerkinnat

Tulostuksen kohdistuksen tarkistus: Labels
1. Avaa Labels (Merkinnat) -naytto yllapito-ohjelmassa 56;%
2. Valitse vasemmasta ruudusta merkinta ja napsauta Print (Tulosta).

Label templates
Slida typa Bl 5 - Shde labed dasigren
T
= o II:E':us.uu o = -
: | 12345678 .
[ |
: 12/12/2016 |
[ | (]
] - 1
1 1
. *mARK(1) .
r. J. Citizen :
*IHC A -+ )
Dr. Jones :
(]
= . ]
3 E3ER =R

Figure 10-14: Tulosta testimerkinta

3. Valitse Select a printer (Valitse tulostin) -valintaikkunassa haluamasi tulostin ja napsauta Print
(Tulosta).

4. Toista vaihe kolme 3-5 kertaa. Varmista, etta kaikki merkit on tulostettu selkeasti ja tarkasti
merkinnat.

5. Jos kuvan sijainti merkinnassa ei ole oikein, ks. Saada Zebra-tulostimen kalibrointi sivulla 227 tai
Saada Cognitive-tulostimen kalibrointi sivulla 231.

Saada Zebra-tulostimen kalibrointi

Seuraava menetelma koskee molempia Zebra-tulostintyyppeja: TLP 3842 tai GX430t. Niissa on joitakin
eroja, jotka kuvataan asiaankuuluvissa asetuksissa.

ﬁ Jos kyseessa on BOND-ADVANCE-asennus, suorita seuraavat toimenpiteet BOND-ADVANCE-paatteella.

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 227



10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

1. Napsauta Windowsin tehtdvapalkissa Start (Aloita) -painiketta ja valitse Devices and Printers
(Laitteet ja tulostimet).

2. Napsauta tulostinkuvaketta hiiren oikealla painikkeella (esimerkiksi ZDesigner TLP 3842) ja valitse
Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet).

Jarjestelma avaa Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet) -valintaikkunan, kuten naytetaan
Figure 10-15.

Ity Thesigner TLF 3842 Propertics 3 x|
g Farcoce Fanis

Mgd: IDeesigner TLP 3842

| Features

Codor: Mo Faper available:

Double-sided: Mo Uzer dafinad =]

Stapile: Unkncwn Band Shde Label

Speed: Unknown

Meximusm reschution: 30 dpi FH
Prgferences... | Print Test Page |

o | cwem | s | R |

Figure 10-15: Tulostimen ominaisuudet

3. Valitse Advanced (Lisaasetukset) -vililehti.
x

Prirter Settrge | Socks | Langusge | Baroods Forts | Command Forts | About |

= Blways available

- hokgeton o F . w3
Priority: 1 3:

Driyer |ZDesigner TLP 3542 =] Moy Driver...

i+ Spool prind documents o progrem finishes printing Taster

™ Start primtimg after last page is sponled
I+ Start prirting imimnediabely

" Print garecthy to the printer

[~ Hold mismetched docurments

" Print spooded documents First

[T Eeep printed documents
[+ Enable advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page.. |

[ ox ] _cmw | oo | ren |

Figure 10-16: Tulostimen ominaisuudet — Lisdasetukset-valilehti
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

4. Napsauta Printing Defaults... (Tulostuksen oletusarvot...) -painiketta.
Jarjestelma avaa Printing Defaults (Tulostuksen oletusarvot) -valintaikkunan, kuten ndytetdan Figure

10-17.
al
Beroode Foris 1 Commard Forts

Cumom Commands | impot/Bpotsetings | Took | Abou
Opiow | Advanced Setup | Dthesng | Stocks | Frioter Memory

Seinga
Mo, Of Copies: E
reed [50 =] mmis

Pageer Fommat
£ E:E'l’-‘m
(Cm) T e
W e 100

T

Sare

Widh 24.00
Hesght: 15.50
Urgrnlabée Area

Let: oo T e

ok _]_cmes | cow | wee |

Figure 10-17: Tulostuksen oletusarvot

Tassa asiakirjassa viitataan tulostimen asetuksiin millimetreissa.
Aseta sen vuoksi paperin formaatti millimetreiksi.
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

5. Valitse "BOND Slide Label” (BOND-leikemerkinta) Stocks (Varastot) -pudotusvalikosta.

6. Valitse Stocks (Varastot) -valilehti.

iy PResigiver TLF 3843 Printing Defaults
Bewoode: Forts | Command Fonts

Cumom Commands | mpot/Expod setings | Tool |

Apoid
ﬂm-:lhmed-iehml[l}m Emlh'luﬂemcw

Diafireat sincica

Siock descopiion
Blond Shde Label

[Dissmcrplion
Chefine your cown bsbel stock Feere and s § for fubune use. Each
sinck stores label dimensions and some prinber settings:

x|

Mew. (|  Qrwge. |} Do
S

[k ] comes |t | b

Figure 10-18: Tulostuksen oletusasetukset — Varastot-vdlilehti

7. Napsauta Changes... (Muuta...) -painiketta.

Jarjestelma nayttda Define Stock (Maarita varasto) -ikkunan kuten Kuva 10-19.

Ennen asetusten muuttamista on suositeltavaa palauttaa tulostin oletusasetuksiin alla olevan

taulukon mukaisesti ja tulostaa joitakin testimerkintéja.

TLP 3842 GX430t
Merkinnan leveys 24.00 mm 40.00 mm
Merkinnan korkeus 15.50 mm 15.00 mm
Tulostamaton alue — vasen 0.00 mm 4.50 mm
Tulostamaton alue — oikea 1.50 mm 0.00 mm
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

Define stock NN 2 x|

Kuva 10-19: Define Stock (Madaritd varasto) -valintaikkuna
« Jos vasen reuna leikkautuu pois, vahenna hieman arvoa Left (Vasen) Unprintable Area
(Tulostamaton alue) -kohdassa, esimerkiksi 1.50 mm:sta 1.00 mm:in.

« Jos oikea reuna leikkautuu pois, liséa hieman arvoa Right (Oikea) Unprintable Area
(Tulostamaton alue) -kohdassa, esimerkiksi 1.50 mm:sta 2.00 mm:in.

8. Napsauta OK.

9. Toista merkinndn tulostus- ja saatétoimenpide, kunnes merkinté on hyvaksyttava (tekstia ei
leikkaudu pois).

ﬁ Saatat saada virheviestin Stock name already used by system from database (Varaston nimi on
jo jarjestelman kdytossa tietokannassa) sen jalkeen, kun olet napsauttanut OK. Muokkaa tassa
tapauksessa Name (Nimi) Define Stock (Maarita varasto) -valintaikkunassa, kuten Kuva 10-20, ja

napsauta sitten OK.
ocfinestock 1.x
{Bond Shde Labai 1]
Options
Darkress | 7 -
Spred |-{ w| mm

Kuva 10-20: Nimea merkintavarasto uudelleen

Saada Cognitive-tulostimen kalibrointi

0 Jos kyseessa on BOND-ADVANCE-asennus, kirjaudu siséan BOND-ADVANCE-ohjaimeen BOND Dashboard-
kayttajana. Jos Dashboard on parhaillaan ndytdssd, sulje se painamalla Alt+F4.
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

1. Napsauta Windowsin tehtdvapalkissa Start (Aloita) -painiketta ja valitse Devices and Printers
(Laitteet ja tulostimet).

2. Napsauta tulostinkuvaketta hiiren oikealla painikkeella (esimerkiksi Cognitive Terminal 1
(Cognitive-paate 1)) ja valitse Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet).

See what's printing
Sat as default printer

Figure 10-21: Valitse Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet)

ﬁ Al3 valitse Printing Preferences (Tulostusasetukset) -vaihtoehtoa, valintaikkunat ovat samanlaiset,
mutta asetukset eivat paivity oikein.

Jarjestelma avaa Cognitive Printer Properties (Cognitive-tulostimen ominaisuudet) -
valintaikkunan, kuten naytetaan Figure 10-22.

x
Printer Settings | Stocks | Forts | Command Foris | Abou |
e jm
Location: ]

Comment: ‘
Mgdek Cognitive Cai 2 inch 300 DRI TT
| Features
Codor Mo Faper available:
Double-sided: No User defined =]
Stapile: Unkncwn Band Shde Labell
Spead: Unknoamn
Maximurn resohution: 300 dps ;I
Prgferences... I Print Test Page I

ok ] _cocs | | |

Figure 10-22: Cognitive-tulostimen ominaisuudet
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

3. Valitse Advanced (Lisaasetukset) -vililehti.

Jarjestelma nayttaa Advanced (Lisdasetukset) -vélilehden kuten Figure 10-23.

= Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|

Frinter Settrge | Socks | Langueage | Earcode Forts | Commend Forts | About |
Gerardl | Srawg | Pots Advanced | CoiorMaragement | Sscumy

" Available froem 1200 Al T F I &AM a
Prore |1 o
Diriyen: |':Ug|'|i‘|i'\r! Cxi Zinch 300 DPITT :j Weyy Driver...

1= Spool prind docusments so progremn finishes printing Taster

1™ Start printing after last page is spooled
I+ Start prirting jmmediately

" Print grecthy to the printer

[~ Hold mismetched documants

[+ Print spooled documents first

[~ Eeep printed documents
[ Enabile advanced printing features

Primting Defeults... Pript Processor... I Separstgr Page... |

o] o |0 |0 |

Figure 10-23: Lisdasetukset-valilehti

4. Napsauta Printing Defaults... (Tulostuksen oletusarvot)... -painiketta.
Jarjestelma avaa Printing Defaults (Tulostuksen oletusarvot) -valintaikkunan, kuten

naytetdan Figure 10-24.

= Cognitiwe Cxi 2 inech 300 DFI TT Printing Defaults

X

Command Forts | Cusiom Commands | import/Expot settigs | Abou |
Omom | Advanced Seup | Dihesng | Stocks | Barcode Fores

Satings
Bio. O Copees: I'I
Speed. L b
Pkt e —r—
Hpcks: ILsef:I.efr-bu _""J
Pagser Fomat
o u I+ ot
T ™ |andecaps
i MBAR = e 100
Width: 22.00
Efesghe: 15.00

Lrprniable Ama
Lat: 0.0 Tap 1:|-I-
Fight- 0.50 [Eofom: 000

ok | cees | oy | b |

Figure 10-24: Printing Defaults (Tulostuksen oletusarvot) -valintaikkuna
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

Tassa asiakirjassa viitataan tulostimen asetuksiin millimetreissa.
Aseta sen vuoksi paperin formaatti millimetreiksi.

5. Valitse "BOND Slide Label” (BOND-leikemerkintd) Stocks (Varastot) -pudotusvalikosta.
6. Valitse Stocks (Varastot) -vililehti.

= Cognitise Cxi 2 inch 300 DPLTT Printing :
Disfireed slocks

Siock desceplion
Bond Skde Label

[lesmonpbion

Define your cown Isbel stock: Feere and save i for futune wse. Each
slock ones label dimensions and some prinber sslings

Figure 10-25: Tulostuksen oletusasetukset — Varastot-vdlilehti
7. Napsauta Changes... (Muuta...) -painiketta.
Jarjestelma nayttda Define Stock (Maarita varasto) -valintaikkunan kuten Kuva 10-19.

20

MName

|Bard Side Label

Figure 10-26: Define Stock (Maarita varasto) -valintaikkuna
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

« Jos vasen reuna leikkautuu pois, véhenna hieman arvoa Left (Vasen) Unprintable Area
(Tulostamaton alue) -kohdassa, esimerkiksi 0.50 mm:sta 0.30 mm:in.

« Jos oikea reuna leikkautuu pois, liséa hieman arvoa Right (Oikea) Unprintable Area
(Tulostamaton alue) -kohdassa, esimerkiksi 0.50 mm:sta 0.70 mm:in.

« Jos yla- tai alareuna leikkautuu pois, katso Saada pystysuuntaisen merkinnan asentoa Cognitive Cxi -
tulostimessa sivulla 235.

8. Napsauta OK.

ﬁ Saatat saada virheviestin Stock name already used by system from database (Varaston nimi on
jo jarjestelman kdytossa tietokannassa) sen jalkeen, kun olet napsauttanut OK. Muokkaa tassa

tapauksessa Name (Nimi) Define Stock (Maéarita varasto) -valintaikkunassa, kuten Figure 10-27, ja
napsauta sitten OK.

i

¥ \E:.:“ﬂ g sk o, Al ‘-\-"""‘v‘il-- -u..*"'-i"'--lﬂd"'

Figure 10-27: Nimed merkintdvarasto uudelleen

9. Tarkista tulos tulostamalla merkintd. Toista toimenpide, kunnes merkinta on hyvaksyttava (tekstia ei
leikkaudu pois).

Saada pystysuuntaisen merkinndn asentoa Cognitive Cxi -tulostimessa

Jos merkinnan sijainti on liian korkea tai matala, valitse Advanced Setup (Lisdasetusten

asettaminen)-vidlilehti Printing Defaults (Tulostuksen oletusarvot) -valintaikkunassa, kuten Kuva
10-28.

g Cognitiee Cxi 3 inch 300 DPI TT Printing Defas 1

x|
Commend Forts | Custom Commands | import/Expost settngs | About |
Opfions  Advanced Sehp | Dihedng | Socks | Barcode Forta

Pari Made

" Comct Theemal & [Thwmal Traraler
Seraor Type

* Gap " Hack B i Mona
Presert Labal

[T [isabie Sefings Sent 1o the Prinber

Frint Reschion me =| DA
Graphac Options
% Dirmct Pt ™ Storing Graphic
Espiost Lashel Format to Printer
" RAM & FLASH
Dwimiter Hore =
More Setings

[ ] o |_tw | o |

Kuva 10-28: Lisaasetusten asettaminen -valilehti
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10. Yllapito-ohjelma ( BOND -jarjestelman ohjain)

« Jos ylareuna leikkautuu pois, lisaa hieman Distance Advance (Etdisyys eteenpdin) -arvoa
kohdassa Present Label (Nykyinen merkinta), esimerkiksi 0.00 mm:sta 1.00 mm:iin.

« Jos alareuna leikkautuu pois, lisda hieman Distance Reverse (Etdisyys taaksepdin) -arvoa
kohdassa Present Label (Nykyinen merkinta), esimerkiksi 0.00 mm:sta 1.00 mm:iin.

ﬁ Sovella saatdja vain yhteen asetukseen. Jos Distance Advance (Etdisyys eteenpdin) -kohdassa on jo
arvo, ja alareuna leikkautuu pois, pienennd Distance Advance (Etaisyys eteenpadin) -arvoa sen sijaan,
etta lisaisit Distance Reverse (Etdisyys taaksepdin) -arvoa. Yksi arvo pysyy nollassa ja toinen arvo
ohjaa sijaintia.

10.Napsauta OK.

11.Tarkista tulos tulostamalla merkinta. Toista toimenpide, kunnes merkinta on hyvaksyttava (tekstia ei
leikkaudu pois).
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11. LIS-integraatiopaketti ( BOND -
ohjaimessa)

Valinnainen BOND LIS -integraatiopaketti (LIS-ip) yhdistad BOND-jarjestelman mihin tahansa
yhteensopivaan Laboratory Information System (LIS) -jarjestelmaan. LIS-ip siirtaa tapaus- ja leiketiedot
LIS:std BOND-jarjestelmaan ja BOND-jarjestelma palauttaa prosessointitiedot LIS-ip:n kautta LIS-
jarjestelmaan.

LIS-ip on erittdin konfiguroitava ja pystyy tyoskentelemdan useiden eri LIS-tyyppien ja laboratorion
tyonkulkujen kanssa. LIS-ip voidaan maarittaa siten, etta integraatio LIS:n ja BOND-jarjestelman valilla
sujuu saumattomasti mahdollistaen LIS-leikkeiden automaattisen tunnistamisen, jolloin leikkeitd ei tarvitse
merkita uudelleen. Katso Tyonkulut (Kohta 11.8 sivulla 247), yleiskatsaus kaytettavissa olevista
tydnkuluista.

Leica Biosystems jarjestda kattavan toimipaikkakohtaisen koulutuksen jokaisen asennuksen yhteydessa.

Saat lisatietoja BOND LIS-ip:sta seuraavista osioista:

« LIS-ip-toimintaan liittyvat termit
Ks. 11.1 - LIS-terminologia

« Lisdtietoja ohjelmiston lisatoiminnoista
Ks. 11.2 - Ohjelmiston lisdominaisuudet

« Yleiskatsaus LIS-yhteyteen ja -konfiguraatioon
Ks. 11.3 - LIS-yhteys ja alustaminen

« LIS-virheilmoituksen ja palautumisen kuvaus
Ks. 11.4 - LIS-ilmoitukset

« Tapausten ja leikkeiden tietojen viiteluettelo
Ks. 11.5 - Tapauksen ja leikkeen tietovaatimukset

« Kuvaus leikkeen tilatiedoista, joita BOND LIS-ip voi raportoida LIS:lle
Ks. 11.6 - Leikkeen tietojen Iahettdminen takaisin LIS-jdrjestelmaan

« Tiedot leikkeen merkintavaatimuksista
Ks. 11.7 - Leikkeen merkinnat

« Yleiskatsaus tyypillisista LIS-toteutuksista
Ks. 11.8 - Tyonkulut.
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11. LIS-integraatiopaketti ( BOND -ohjaimessa)

11.1  LIS-terminologia

LIS-toimintojen kuvaamiseen ja normaalien BOND-jarjestelmén elementtien ja LIS-elementtien valisten
erojen kuvaamiseen tarvitaan joitakin uusia termeja. Nama termit on selitetty seuraavassa luettelossa.

LIS — Laboratory Information System; ohjelmisto, joka hallinnoi laboratorion tydhdn liittyvia tietoja.
LIS-ip — BOND LIS -integraatiopaketti, valinnainen lisdosa, jonka avulla BOND-jarjestelma pystyy
tydskentelemaan LIS-jarjestelman kanssa.

LIS-leike — LIS:n luoma leike, joka on Iahetetty BOND-jarjestelmadn kasittelya varten.

LIS-tapaus — LIS:n luoma tapaus, joka on lahetetty BOND-jarjestelmaan.

Automaattisesti tunnistettava leikkeen merkinta — leikkeen merkinta, jonka BOND-jarjestelma pystyy
tunnistamaan automaattisesti. Sen voi tulostaa BOND-jdrjestelmassa tai LIS:ssd, kunhan kdytetdan
tunnistettavaa viivakoodiformaattia. Ks. 11.3 - LIS-yhteys ja alustaminen.

Avustetusti tunnistettava leikkeen merkinta — leikkeen merkinta, jota BOND-jarjestelma ei pysty
tunnistamaan automaattisesti.

LIS-leikkeen merkinta — leikkeen merkintd, joka on tulostettu LIS-jarjestelmaan liitetylla tulostimella.
LIS-leikkeen merkinndssa nakyy LIS-viivakoodi ja kaikki muut LIS-jarjestelmdan merkintda varten
madritetyt tiedot.

BOND-LIS-leikkeen merkinta — merkinta leikkeelle, joka on luotu LIS:ssa, mutta tulostettu BOND-
jarjestelmaan liitetylla tulostimella. BOND-LIS-merkinndssa kaytetdan BOND LIS-leikkeen merkinndn
madritysta, jota voidaan muokata kayttden BOND-ohjelmistoa.

Naytteen lisdysnumero — yleinen LIS-termi numerolle tai muulle tunnisteelle, joka tunnistaa tietyn
tapauksen. Naytteen lisdysnumero vastaa BOND-jarjestelman "tapauksen tunnistetta".

Potilastiedot — potilaan tiedot, jotka muodostavat “tapauksen” BOND-jarjestelmassa.

Demografiset tiedot — yleinen LIS-termi potilastiedoille tai tapaustiedoille.

LIS-viivakoodi — LIS:n maarittdma viivakoodi, joka tunnistaa ainutkertaisesti kunkin LIS-leikkeen.
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11. LIS-integraatiopaketti ( BOND -ohjaimessa)

11.2  Ohjelmiston lisaominaisuudet

LIS-kayttoisissa BOND-jarjestelmissa on muita ohjelmiston ominaisuuksia, joita ei I6ydy standardiversiosta.
BOND LIS-ip-jarjestelmissa on kaikki BOND-perusohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot.

Katso:

o 11.2.1 - LIS-tilan kuvake

o 11.2.2 - LIS-tapaukset

e 11.2.3 - LIS-leikkeet

o 11.2.4 - Julkiset markkerien nimet
« 11.2.5 - Ensisijaiset leikkeet

o 11.2.6 - LIS-leikkeen tietokentat

o 11.7 - Leikkeen merkinnat

11.2.1  LIS-tilan kuvake

Kuva 11-1: LIS-tilan kuvake BOND-ohjelmiston nayton oikeassa yldkulmassa

BOND-ohjelmisto LIS-ip:l1a siséltéa LIS-tilan kuvakkeen standardin toimintapalkin oikeassa reunassa. Se
nayttaa seuraavat:

« LIS-yhteyden tila (ks. 11.3 - LIS-yhteys ja alustaminen)
o LIS-virheilmoitus (ks. 11.4 - LIS-ilmoitukset)

11.2.2  LIS-tapaukset

LIS-tapaukset ovat tapauksia, jotka luodaan LIS:ssa ja Iahetetadn sitten BOND-jarjestelmaan. BOND-
tapaukset on puolestaan luotu BOND-jarjestelmassa.

« LIS-tapaukset sisaltédvat samat ominaisuuskentat kuin BOND-tapaukset, mutta tietoja ei voi muokata
sen jalkeen, kun tapaus on lahetetty BOND-jarjestelmaan.

« BOND-jarjestelma allokoi automaattisesti ainutkertaisen tapausnumeron jokaiselle LIS-tapaukselle.

« LIS:n naytteen lisdysnumerosta tai tapauksen tunnisteesta tulee tapauksen tunniste BOND-
jarjestelmassa.

« Jos tama tapauksen tunniste on sama kuin olemassa olevan BOND-tapauksen tunniste, uusi LIS-
tapaus hylataan. Sinun tulee vaihtaa tapauksen tunniste LIS-jarjestelmassa.

« Jos uuden LIS-tapauksen tapauksen tunniste ja potilaan nimi ovat samat kuin aktiivisen LIS-
tapauksen jo Slide setup (Leikkeen asetukset) -ndyttssa rekisteréidyt, olemassa olevaa
tapausta kaytetdan automaattisesti. "Uuden” tapauksen leikkeet lisatddn olemassa olevan tapauksen
leikkeisiin. Jos tapauksen tunnisteet ovat samat, mutta potilaan nimi on eri, uusi tapaus hylataan.

« Jos LIS-tapauksen tunniste ja potilaan nimi ovat samat kuin vanhentuneen tai poistetun LIS-
tapauksen tiedot BOND-jarjestelmassa, joko olemassa oleva tapaus palautetaan kayttdon tai uusi
tapaus hylataan, riippuen asetuksistasi yllapito-ohjelman LIS-ndytossa (ks. Duplikaattitapauksen
tunniste sivulla 206).

« LIS-tapaukseen BOND-ohjelmistoa kayttden lisatyt leikkeet luodaan BOND-leikkeina.

« LIS-tapauksilla on sama oletusarvoinen valmisteluprotokolla ja annostelumaara kuin BOND-
tapauksilla yllapito-ohjelman asetuksien mukaisesti (ks. 10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset).
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11. LIS-integraatiopaketti ( BOND -ohjaimessa)

11.2.3  LIS-leikkeet

LIS-leikkeet ovat leikkeitd, jotka on luotu LIS:ssa ja lahetetty sitten BOND-jdrjestelmaan. BOND-leikkeet on
puolestaan luotu BOND-jarjestelmassa, joko BOND-tapauksessa tai LIS-tapauksessa.

LIS-leikkeet voidaan tunnistaa leikeluettelossa niiden merkinnan varin perusteella: LIS-leikkeissa on harmaa
merkinta.

Kuva 11-2: LIS-leike (vasen) ja yksoéisvarjaysrutiinin BOND-leike (oikea)

Seuraavat seikat koskevat LIS-leikkeita:

« LIS:std tulostetut merkinnat sisaltavat yleensa viivakoodin. Edellyttden, etta viivakoodi on jossakin
BOND-jarjestelman tukemasta kuudesta formaatista ja BOND-jérjestelma on maaritetty lukemaan
kyseisen formaatin, BOND-jarjestelma pystyy tunnistamaan leikkeen sen lataamisen yhteydessa. Ks.
11.3 - LIS-yhteys ja alustaminen.

« BOND-jarjestelmasta tulostetuissa LIS-leikkeiden merkinndissa kéytetddn BOND LIS -leikkeiden
merkintdjen maaritysta. Ks. 10.3 - Merkinnat.

« LIS-leikkeet voivat sisdltaa LIS-kohtaisia lisdkenttia. Ks. 11.2.6 - LIS-leikkeen tietokentat.

« LIS:sta perdisin olevia leikkeiden ominaisuuksia ei voi muokata BOND-ohjelmistolla.

« Kun BOND-ohjelmistoa kaytetddn LIS-leikkeen kopioimiseen, kopio luodaan BOND-leikkeenda BOND-
leikkeen merkintdjen maaritykselld. Kaikki LIS-kohtaiset kentat poistetaan ja kaikki kentat muuttuvat
muokattaviksi.

11.2.4  Julkiset markkerien nimet

Julkisten markkerien nimet (ensisijaiset vasta-aineet ja anturit) toimivat linkkeina LIS:n maarittdmien
markkereiden ja BOND-jarjestelmaan rekisterdityjen markkereiden valilld. Kun LIS maarittaa markkerin
testid varten, BOND-jarjestelma kayttaa testissa reagenssia, jolla on sama julkisen markkerin nimi. BOND-
jarjestelma hylkaa LIS-maaritetyn testin, jos LIS-markkerin nimead vastaavaa julkista nimea ei ole.

Julkisen markkerin nimet madritetdan kayttden Public name (Julkinen nimi) -kenttaa Edit reagent
properties (Muokkaa reagenssin ominaisuuksia) -valintaikkunassa (ks. 8.2 - Reagenssin
asetusndyttd). Tama kenttd nakyy vain, kun LIS-ip on asennettu.

Jokaisen julkisen nimen on oltava ainutkertainen. Julkisia nimia voidaan vaihtaa BOND-reagenssien valilla
milloin tahansa ja silloin, kun nain tehdaan, se ei vaikuta jo luotuihin leikkeisiin.
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11.2.5 Ensisijaiset leikkeet

LIS voi maarittaa ensisijaiset leikkeet, jotka vaativat kiireellista kasittelya. Mika tahansa tapaus, joka sisdltda
ensisijaisen leikkeen, nékyy punaisella palkilla varustettuna Slide setup (Leikkeen asetukset) -

naytossa.
I L0012 « 25216 Shady, Albart Joseph 1
201304 18-ISHRefine Benjamin Hightowar Kavin Pannell 10
201 30416-IHC Fannie Huray Arthur Josey 10

Kuva 11-3: Ensisijaisia leikkeita sisaltdva tapaus korostettuna punaisella Slide setup (Leikkeen
asetukset) -naytossa

ﬁ Talla hetkelld ensisijainen LIS-tapaus lisétaan ensin luettelon loppuun. Tapaus nakyy luettelon yldosassa
vain kliinisen asiakkaan seuraavissa istunnoissa.

Ensisijaiset leikkeet on merkitty punaisella P-kirjaimella.

P

Kuva 11-4: Ensisijainen LIS-leike, sellaisena kuin se nakyy Slide setup (Leikkeen asetukset) -ndytossa

11.2.6 LIS-leikkeen tietokentat

Leikkeen vakio-ominaisuuksien lisdksi BOND LIS-ip:lla on seitsemén konfiguroitavaa tietokenttaa, jotka
voidaan asettaa nayttdmaan valitut tiedot LIS:sta. Perusyhteyden maarittaa Leica Biosystems -
huoltoedustaja asennuksen aikana. Sen jalkeen, kun tama on kaytéssa, kayttajat voivat kuitenkin valita
kenttien nayttamisen tai ei, ja voivat my6s asettaa kunkin kentdn nimen — ks. LIS-leikkeen tietokentdt sivulla
206.

Kentat naytetaan erityiselld LIS-valilehdella Slide properties (Leikkeen ominaisuudet) -
valintaikkunassa ja voidaan myds tulostaa leikkeen merkintdihin (ks. 10.3 - Merkinnat). Ne ovat vain

raportointia varten, eika niilla ole vaikutusta laitteen prosessointiin.
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11.3  LIS-yhteys ja alustaminen

Kunkin BOND LIS-IP-moduulin asentaa valtuutettu Leica Biosystems -edustaja, joka mukauttaa toiminnan
yksittaisen laboratorion vaatimusten mukaisesti.
BOND-jérjestelma voidaan maarittada lukemaan mité tahansa seuraavista viivakoodiformaateista:

1D-viivakoodit 2D-viivakoodit
Koodi 128 QR
Aztec
Data Matrix

Kun LIS-moduuli on asennettu, nakyviin tulee LIS-kuvake BOND-ohjelmiston naytdssa ylhaalla oikealla

ilmoittaen yhteyden tilan (Kuva 11-5)

Ay

< Q S

Kuva 11-5: LIS ei ole kytketty (vasen) ja kytketty (oikea)
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11.4 LIS-ilmoitukset

BOND-ohjelmisto ilmoittaa LIS-yhteydesta tai tietovirheista nayttamalla LIS-tilan kuvakkeen nayton
oikeassa ylakulmassa BOND-ohjelmiston naytdssa (ks. 11.2.1 - LIS-tilan kuvake). Jos LIS-ilmoituksia on
jaljella, ndkyviin tulee laskuri, joka ilmoittaa jaljella olevien ilmoitusten maaran. Kun uusi ilmoitustapahtuma

esiintyy, laskuri vilkkuu hetken aikaa.
Qe

Kuva 11-6: LIS-tilan kuvake

Saat ilmoituksen tiedot napsauttamalla tilakuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla komennon
Show LIS report (Ndyta LIS-raportti), jolla LIS service events (LIS-huoltotapahtumat) -
valintaikkuna avautuu. Valintaikkunassa nakyvat virheet ja kaikki leikkeet, joiden siirto ei onnistunut.
Virheen syy on myds luettelossa. Tyypillisia LIS-virheitd ovat puuttuvat tiedot, tietojen ristiriidat (esim. sama
AC-numero, jota kaytetaan eri tapauksissa) tai tilanteet, joissa julkista markkeria ei ole rekisterdity BOND-
jarjestelmaan (ks. 11.2.4 - Julkiset markkerien nimet).

LIS service events

I S S = S

Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
g Marker ID GFAP Unable to add LIS slide -
1. 24-Jan-17 2:33... 7012 Marker2 1D Barcode already used Acknowledge

Tissue type test
Message ID 002.1

Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
Patient ID PID120
Doctor ID Dr Jones
1. 24Jan172:34.. 7007 Marker ID GFAP Cannot map tissue type Acknowledge
Marker2 ID
Tissue type tesst
Message ID 0021
Barcode 88820
Case ID LS0012-45210
1. 24-Jan-172:35.. 7006 PatientiD PID120 Marker does not exist Acknowledge
Doctor ID Dr Jones
Marker ID GFAP
Close

Kuva 11-7: LIS service events (LIS-huoltotapahtumat) -valintaikkuna

LIS-kokoonpanosta riippuen voi olla mahdollista korjata virheet ja Idhettad tapaus tai leike uudelleen. Jos
LIS ei pysty lahettdmaan tietoja uudelleen, tapaus tai leikkeet voidaan luoda suoraan kayttden BOND-
ohjelmistoa.

Kun olet lukenut jokaisen virheviestin, napsauta Acknowledge (Kuittaa) -painiketta poistaaksesi
ilmoituksen valintaikkunasta.

Kun kaikki virheilmoitukset poistetaan valintaikkunasta, ilmoituslaskuri katoaa naytdsta.
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6 Voit tarvittaessa tarkastella viesteja viela LIS-huoltolokissa napsauttamalla ensin Leica Biosystems -logoa
yllapito-ohjelman ndytén oikeassa yldkulmassa, jolloin ndkyviin tulee About (Tietoja) BOND-
valintaikkuna. Napsauta sitten Service log (Huoltoloki) ja valitse *LIS* pudotusvalikon Serial N°©
(Sarjanumero) -luettelosta. Vaihtoehtoisesti voit asettaa aikavalin ja napsauttaa sen jalkeen Generate
(Luo) LIS-huoltolokin luomiseksi.

11.5 Tapauksen ja leikkeen tietovaatimukset

Tiedot, joita BOND-jarjestelma vaatii LIS:sta tapausten ja leikkeiden tuontiin, ovat alla olevissa osioissa
(ks.11.5.1 - Tapaustiedot ja 11.5.2 - Leikkeen tiedot).

6 LIS-tapausten ja leikkeiden tietoja ei voi muuttaa BOND-jarjestelmassa, lukuun ottamatta leikkeen
kommentteja.

11.5.1 Tapaustiedot

11.5.1.1 Pakolliset kentat

BOND-kentan Kuvaus Yleiset LIS-termit
nimi
Tapauksen Numero tai nimi, jolla tapaus tunnistetaan | Naytteen lisdysnumero
tunniste .
Tilausnumero

11.5.1.2 Valinnaiset kentat

BOND-kentan Kuvaus Yleiset LIS-termit
nimi
Potilaan nimi Potilaan nimi Potilaan nimi

Laboratoriolle kohdennettu
tunniste (labAssid)

Laakari Lahettava lagkari Ladkarin nimi ja/tai tunniste

Hoitava laakari

Tilaava laakari
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11.5.2

11.5.2.1

Leikkeen tiedot

Pakolliset kentat

BOND-kentan nimi

Kuvaus

Yleiset LIS-termit

Kommentit

« Markkeri

« Ensisijainen
vasta-aine
(IHC) tai anturi
(ISH)

« Ensisijainen
vasta-aine
(IHC)

o Anturi (ISH)

« Markkeri
(jompikumpi)

« Varjays

« Julkinen nimi toimii
linkkina LIS:n
maarittamien
markkereiden ja BOND-
jarjestelmaan
rekisterdityjen
markkereiden valilla.
Julkinen nimi on
madritettava jokaiselle
markkerille, joka
maaritetaan LIS:ssa.
Ks. 11.2.4 - Julkiset
markkerien nimet

« Jokaisella markkerilla
on oletusarvoiset
varjays- ja
esikasittelyprotokollat,
joita voidaan muuttaa
tarvittaessa kayttamalla
BOND-ohjelmistoa.

11.5.2.2 Valinnaiset kentat

BOND-kentan nimi | Kuvaus Yleiset LIS-termit Kommentit
[LIS-viivakoodi] Jokaiselle LIS- Viivakoodi Taydellinen
leikkeelle annettu tunnisteviivakoodi on
H"uomau.tu.s: . ainutkertainen annettava BOND-
Viivakoodi ei nay e . e .
i tunnisteviivakoodi jarjestelmassa leikkeen
kayttdjalle BOND- . : . . e
e . (poistettujen tunnistamiseksi. Tama on
Jarjestelméssa leikkeiden tunnisteita pakollinen kaytettaessa LIS-
ei voi kayttaa tyonkulkua 1 (ks.
uudelleen) 11.8 - Tyonkulut).
Kudostyyppi Testi- tai Testityyppi Jos LIS ei anna téta tietoa,
kontrollikudos kohtaan tulee
(positiivinen tai oletusarvoisesti "Test” (testi).
negatiivinen) Ks. 6.2.1 - Kontrollikudos.
Kommentit Kaikki leikkeeseen Kommentti Jos LIS-jarjestelma lahettaa
liittyvat kommentit tai LIS-leikkeen paivityksen,
ohjeet kaikki uudet leikkeiden
kommentit liitetdan olemassa
oleviin leikkeiden
kommentteihin.
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11.6 Leikkeen tietojen lahettaminen takaisin LIS-
jarjestelmaan
BOND LIS-ip pystyy raportoimaan leikkeen tilan LIS-jarjestelmadn. BOND LIS-ip voi raportoida seuraavia
tietoja:
o Leike luotu — maaritetty leike on luotu BOND-ohjelmistossa
« Leike tulostettu —tietylle leikkeelle on tulostettu merkinta
o Leike kasittelyssa — maaritettya leikettd kasitelldan

« Leike kasitelty — maaritetyn leikkeen kasittely on suoritettu loppuun (virheilla tai ilman)
« Leike poistettu — maaritetty leike on poistettu BOND-jarjestelmasta.

11.7 Leikkeen merkinnat

Jokainen fyysinen leike vaatii tunnistusmerkinnan, jotta se voidaan yhdistaa oikeisiin tapaus- ja
testitietoihin. Useimmissa kaytanndllisen tydnkulun LIS-leikkeissa on LIS-jarjestelman tulostamat merkinnat
("LIS-leikkeen merkinnat”) ja nama merkinnat tunnistetaan BOND-jarjestelmdssa. Tama on kuitenkin
mahdollista vain, jos:

1. LIS antaa ainutkertaisen viivakoodin jokaiselle jarjestelmén leikkeelle. Jokainen fyysinen leike vaatii
tunnistusmerkinndn, jotta se voidaan yhdistaa oikeisiin tapaus- ja testitietoihin.

2. LIS-tulostin kayttaa yhtd BOND-jarjestelman tukemista viivakoodiformaateista.

Jos LIS ei tdyta naita vaatimuksia, BOND-jérjestelma voi luoda omat merkinténsa LIS-leikkeille — "BOND-
LIS-leikkeen merkinnat” Tassa tapauksessa voit valinnaisesti asettaa BOND-jarjestelman siten, etta se
prosessoi LIS-leikkeet vain silloin, kun niissa on BOND-jarjestelmassa tulostetut merkinnat. Téma asetetaan
yllépito-ohjelman LIS-ndytdssa —ks. 10.2 - LIS.

Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa kolmannen osapuolen merkintalaitteen merkintdja tai kasin kirjoitettuja
merkintdja. Nama merkinnaton tunnistettava manuaalisesti BOND-jarjestelmédssa ennen prosessointia (ks.
5.1.5.2 - Leikkeiden manuaalinen tunnistus laitteessa).
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11.8 Tydnkulut

Vaikka jokainen LIS-ip-jarjestelman toteutus on erittdin mukautettu, on silti hyddyllista antaa joitakin yleisia
kuvauksia BOND LIS-ip -tydnkuluista, jotka perustuvat térkeimpiin LIS-ip-asetuksiin. Seuraavassa
taulukossa on nelja tyénkulkua. My6s muut tyénkulut ovat mahdollisia. Jokaisen asennuksen yhteydessa
annetaan kattava laitoskohtainen koulutus.

Tybnkulku | Tiedot LIS:sta Syoétetyt tiedot | Merkinnat Tunniste

BOND- tulostettu
jarjestelmassa

1 Tapauksen ja leikkeen tiedot | Ei tietoja LIS Automaattinen

(LIS-viivakoodilla)

2 Tapauksen ja leikkeen tiedot | Ei tietoja BOND-jarjestelma | Automaattinen
Lisaleike BOND-jarjestelma | Automaattinen

4 Ei tietoja Ulkoinen Avustettu

Ty6nkulku 1 on kaytanndllisin, silla se tarjoaa saumattoman integraation LIS:n ja BOND-jarjestelman valilla.
BOND-jarjestelma tunnistaa LIS-leikkeet automaattisesti ja prosessointi voi alkaa valittémasti ilman, etta
leikkeisiin tulisi tehda uudet merkinnat tai etta tarvittaisiin lisatietoja.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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12. Puhdistus ja huolto
(BOND-III ja BOND-MAX)

Kytke prosessointimoduuli aina pois paalta suorittaessasi puhdistus- tai huoltotehtavia
(paitsi jos olet suorittamassa imuanturin tai bulkkinesterobotin puhdistusta).

> >

Jotkut immunohistokemiassa ja in situ -hybridisaatiossa kaytetyt reagenssit ovat
vaarallisia. Varmista, etta olet saanut asianmukaisen koulutuksen tahan toimenpiteeseen
ennen kuin jatkat:

a. Kayta lateksi- tai nitriilikdsineitd, suojalaseja ja muita asianmukaisia suojavaatteita
reagensseja kasitellessasi tai laitteita puhdistaessasi.

b. Noudata reagenssien ja lauhteiden kasittelyssa ja havittamisessa kaikkia
laboratoriolaitoksessa sovellettavia menetelmia ja séannoksia.

Prosessointimoduuleissa on kuumentimet ja kuumennetut pinnat, jotka voivat aiheuttaa
syttymisvaaran, jos ne ovat ldhella syttyvia materiaaleja.

Al3 aseta syttyvid materiaaleja kuumentimien paélle tai ldhelle.
Al3 aseta syttyvid materiaaleja prosessointimoduulin kuumille pinnoille.

Varmista, ettd kaikkien bulkkisailididen korkit on suljettu asianmukaisesti tayton tai
tyhjentdmisen jalkeen.

Valta koskettamasta leikkeiden varjayskokoonpanoja ja niiden ymparistda. Ne voivat olla
hyvin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Odota kaksikymmenté minuuttia
toimenpiteen jalkeen, jotta leikkeen varjayskokoonpanot ja niitéd ympardivat alueet ehtivat
jaahtya.

> B P

Puhdista kaikki irrotettavat osat ainoastaan késin. Ald pese mitdén osaa automaattisessa
astianpesukoneessa vaurioiden vélttdmiseksi. Ald puhdista mitdan osia liuottimilla,
voimakkailla tai hankaavilla puhdistusnesteilla tai voimakkailla tai hankaavilla liinoilla.

Tassa luvussa kuvataan puhdistus- ja huoltotoimenpiteet. Kliinisessa asiakkaassa on kunkin jarjestelmén
prosessointimoduulin huoltondyttd. Napsauta padikkunan vasemmalla puolella olevaa prosessointimoduulin
valilehtea nahdaksesi sen System status (Jarjestelman tila) -naytdn ja napsauta sitten Maintenance
(Huolto) -vdlilehted. Lisatietoja saat kohdasta 5.3 - Huoltonaytté. Aina kun kaytdt BOND-jarjestelmaa,
kiinnita huomiota mahdollisiin vuotoihin tai kuluneisiin tai vaurioituneisiin osiin. Jos tassa luvussa on ohjeita
kuluneen tai viallisen osan korjaamiseen, noudata kyseisia ohjeita. Muussa tapauksessa ota yhteytta

asiakastukeen.
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Ennaltaehkaiseva huolto

Taman luvun mukaisten saannéllisten (kayttdjien suorittamien) huoltotehtavien lisaksi BOND-III- ja
BOND-MAX-prosessointimoduulien tulisi olla sadnnéllisesti Leica Biosystemsin huoltoedustajan huoltamia.

BOND-ohjelmisto ilmoittaa ennaltaehkaisevan huoltopalvelun jarjestémisen tarpeesta kullekin
prosessointimoduulille kerran vuodessa tai aina 15 600 leikkeen vélein (kumpi tahansa tulee
ensin).

Lukema nollataan Maintenance complete (Huolto valmis) -painikkeella ylldpito-ohjelman Processing
modules (Prosessointimoduulit) -vélilehdelld (10.6.1 - Prosessointimoduulit).

Tama luku sisaltaa seuraavat osiot:

e 12.1 - Puhdistus- ja huoltoaikataulu

o 12.2 - Bulkkisailiot

o 12.3 - Covertiles-laatat

o 12.4 - Leikkeen varjayskokoonpano

« 12.5 - Kdynnista prosessointimoduuli uudelleen
e 12.6 - Imuanturi

« 12.7 - Pesublokki ja sekoitusasema

« 12.8 - Suojukset, luukut ja kansi

« 12.9 - Tunnisteen kuvantaja

« 12.10 - Tippa-alustat

e 12.11 - Leikealustat

« 12.12 - Bulkkinesterobottianturit (vain BOND-III)
e 12.13 - Ruiskut

o 12.14 - Virtaldhteen sulakkeet
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12.1  Puhdistus- ja huoltoaikataulu

6 Kayta alla olevaa aikataulua, jos laitoksessasi varjataan noin 300 leikettad viikossa laitetta kohti. Jos
laitoksessasi prosessoidaan tdtd enemman leikkeita, ota yhteytta asiakastukeen mukautetun aikataulun

laatimiseksi.

Tehtdva Osio
Paivittdin — pdivan alkaessa
Tarkista, etteivat bulkkijatesailiét ole tdynna yli puolen valin* 12.2
Tarkista, etta bulkkireagenssisailiét ovat tdynna vahintdan puoleen valiin 12.2
oikealla reagenssilla*
Paivittdin — paivan padttyessa
Puhdista Covertiles-laatat 12.3
Viikoittain
Puhdista leikkeiden varjayskokoonpanot* 12.4
Tarkista Covertile-puristimet 12.4
Kaynnista prosessointimoduulit uudelleen 12.5
Pyyhi paasiallisen robotin imuanturi 12.6
Tarkista pesublokit ja sekoitusasema — puhdista tai vaihda tarvittaessa 12.7
Puhdista suojukset, luukut (jos asennettu) ja kansi 12.8
Puhdista tunnistekuvantaja 12.9
Puhdista kasikayttdinen viivakoodiskanneri 13.1
Kuukausittain
Puhdista kaikki tippa-alustat* 12.10
Vaihda sekoitusasema 12.7
Puhdista bulkkireagenssisailiot 12.2
Puhdista bulkkijatesailiot 12.2
Puhdista leikealustat 12.11
Puhdista bulkkinesteen robottianturit (BOND) 12.12
Puhdista leikkeen merkintdlaite 13.2
Tarkista ruiskut 12.13
Kehotettaessa
Puhdista paarobotin imuanturi 12.6.1
Vaihda paarobotin imuanturi 12.6.2
Vaihda ruiskut 12.13

* Suorita ndma tehtavat tarvittaessa useammin.
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12.1.1  Puhdistamisen ja huollon tarkistuslistat

Seuraavalla sivulla ylldpitoaikataulu on esitetty taulukkona, joka on suunniteltu tulostettavaksi ja
kaytettdvaksi tarkistuslistana. Taulukossa on alueet, joihin voi kirjata BOND Wash-, ER1-, ER2- ja Devax
Solution -eranumerot. Piirra tarkistusmerkki tai nimikirjaimet jaljella oleviin ruutuihin, kun tehtavat on

suoritettu.
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Puhdistus- ja huoltoaikataulu

Ti Ke To Pe La Su

PAIVITTAIN

Tarkista bulkkireagenssisailitt

BOND Wash -eranumero

ER1-erdanumero

ER2-eranumero

Parafiininpoistoliuoksen erdanumero

Tarkista jatesailiot

O O O O O O

Puhdista Covertiles-laatat

O O O O O O

VIIKOITTAIN

Puhdista leikkeiden
varjayskokoonpanot*

O

Tarkista Covertile-puristimet

Kaynnisté PM:t uudelleen

Pyyhi imuanturi

Tarkista pesulohko ja sekoitusasema

Puhdista suojukset, luukut (jos
asennettu) ja kansi

O ojo|ga|o

Puhdista tunnistekuvantaja

O

Puhdista kasikayttdinen skanneri

O

KUUKAUSITTAIN

Puhdista tippa-alustat*

Vaihda sekoitusasema

Puhdista bulkkireagenssisailitt

Puhdista bulkkijatesailiot

Puhdista leikealustat

Puhdista bulkkinesteen robottianturit
(vain BOND)

O ojojo|jo|0o

Puhdista leikkeen merkintalaite

O

BOND-MAX:

« Jos ulkoisessa jateastiassa on vain yksi korkki,
irrota kaapeli ja nesteletkut ennen korkin
ruuvaamista auki.

« Jos bulkkisailidt ovat lapinakymattémia, nosta
paikallaan olevien sdilididen pohjaa tilavuuden
arvioimiseksi — sdilidita ei tarvitse poistaa
laitteesta.

*Puhdista tarvittaessa useammin
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Ma Ti Ke To Pe La Su
Tarkista ruiskut O
KEHOTETTAESSA Alkaen viikolla
Puhdista imuanturi | paattyen
Vaihda imuanturi O
Vaihda ruiskut O Kuukausi:
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12.2  Bulkkisailiot

Jotkut immunohistokemiassa ja in situ -hybridisaatiossa kaytetyt reagenssit ovat
vaarallisia. Varmista, etta olet saanut asianmukaisen koulutuksen téhan

toimenpiteeseen ennen kuin jatkat:

a. Kayta lateksi- tai nitriilikdsineitd, suojalaseja ja muita asianmukaisia
suojavaatteita reagensseja kasitellessasi tai laitteita puhdistaessasi.

b. Noudata reagenssien ja lauhteiden kasittelyssa ja havittamisessa kaikkia
laboratoriolaitoksessa sovellettavia asianmukaisia menetelmia ja sdannoksia.

Jotkut BOND-jérjestelman prosessointimoduuleissa kaytetyista reagensseista ovat
Al3 vie liekkia tai sytytyslahdetta lahelle prosessointimoduuleja.

Varmista, ettéd kaikkien bulkkisailididen korkit on suljettu asianmukaisesti téyton tai
tyhjentdmisen jalkeen.

Tarkista bulkkisailiiden tasot (vahintaan) paivittdin ja puhdista bulkkisailiot joka kuukausi. Lisatietoja:

« 12.2.1 - Sailididen tasojen tarkistaminen

« 12.2.2 - Bulkkisdilididen taytto tai tyhjentaminen
« 12.2.3 - Bulkkisailididen puhdistaminen

« 12.2.4 - Ulkoinen jateastia (vain BOND-MAX)

12.2.1 Sailididen tasojen tarkistaminen

Tarkista bulkkisailididen tasot jokaisen paivan alkaessa. Tarkista ne my6s ennen yon yli kestavan tai
pidennetyn ajon alkamista. Kiireisissa laboratorioissa tarvitaan ehka kaksi bulkkisailididen tarkastusta
paivittain.

BOND-III- ja nykyisen mallin BOND-MAX-prosessointimoduuleissa (ja kaikissa BOND-MAX-ulkoisissa
jateastioissa) nestetasot nakyvat sailién seindmien lapi. BOND-MAX-malleissa, joissa on lapindkymattémia
sailiéita, tulee paikallaan olevien séilididen pohjaa nostaa tilavuuden arvioimiseksi — niita ei tarvitse poistaa
laitteesta, silla tama toimenpide laukaisee fluidistorijarjestelman esitayton, kun sailibt asetetaan takaisin
paikalleen.

Kuvakkeet System status (Jarjestelman tila) -naytdssa ilmoittavat bulkkisailitasoista BOND-
jarjestelmassa ja niitd kdytetdan korkeista jatetasoista tai alhaisista reagenssitasoista ilmoittamiseen
BOND-MAX-jarjestelmassa. Kayta kuvakkeita vain tasojen vahvistamiseen ja/tai ilmoitusten tarkasteluun —
ne eivat korvaa paivittaisia fyysisia tarkistuksia.

ﬁ BOND-prosessointimoduulit on varustettu bulkkisailion valaistusjarjestelmalla (ks. Bulkkisailididen
valaistusjarjestelma (BOND-III) sivulla 33.

Tayta tai tyhjenna sailidt seuraavissa tapauksissa:

« Tyhjenna jateastiat, jotka ovat yli puoliksi tdynna
« Tayta reagenssisailitt, jotka alle puoliksi tyhjia.

Ks. 12.2.2 - Bulkkisailididen tayttd tai tyhjentdminen
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alussa (tarvittaessa useammin — katso edella olevat ohjeet). Jos nain ei toimita, voi
seurauksena olla ajon keskeytyminen, mikd voi vaarantaa varjayksen.

f Tarkista bulkkisailididen tasot ja tyhjenna tai tayta ne tarvittaessa kunkin paivan

12.2.2  Bulkkisailididen taytto tai tyhjentaminen

Kun tarkistat bulkkisailididen tasot, tyhjenna jateastiat, jotka ovat yli puoliksi tdynna ja tayta
reagenssisailiot, jotka ovat alle puoliksi tdynnd. Pyyhi aina kaikki roiskeet, joita syntyy bulkkisailididen tayton
tai tyhjentamisen yhteydessa. Puhdista sadilididen ja korkkien ulkopinnat ennen niiden palauttamista

laitteeseen.

Katso alla olevat tyhjennys- ja uudelleentdyttéohjeet. 12.2.2.5 - Ajon aikana -kohdassa on ohjeet, jos sailid
on tyhjennettava tai tdytettdva ajon aikana.

o 12.2.2.1 - Bulkkireagenssin tayttdminen — BOND-III

e 12.2.2.2 - Tyhjenna vaarallinen jate — BOND-III

o 12.2.2.3 - Tyhjenna tavanomainen jate — BOND-III

o 12.2.2.4 - Tyhjenna vaarallinen jate tai tayta bulkkireagenssi — BOND-MAX

o 12.2.2.5 - Ajon aikana

Ks. 12.2.4 - Ulkoinen jateastia (vain BOND-MAX) -kohdasta ohjeet BOND-ulkoisen sdilién tyhjentémisesta.

Palauta aina taytetyt tai tyhjennetyt sailiét samoihin paikkoihin
prosessointimoduulissa. Jos ndin ei toimita, reagenssit voivat kontaminoitua ja

vaarantaa varjayksen.

Bulkkireagenssisailidissa olevan reagenssin tyyppia ei saa muuttaa. Painvastainen
toiminta voi aiheuttaa kontaminaation ja vaarantaa varjayksen.

Al3 pakota sailivité takaisin paikoilleen, se voi vaurioittaa séiliéta ja nesteanturia.

> B>

12.2.2.1 Bulkkireagenssin tayttaminen — BOND-III

ﬁ BOND-III-bulkkireagenssisailitt voidaan tayttda niiden ollessa laitteessa. Niitd ei tarvitse poistaa
bulkkisailididen kammiosta.

1. Kierrd bulkkireagenssisailion korkki auki ja tayta sailio.
2. Kun sdilid on taynnd, aseta korkki paikoilleen ja kirista.

ettd suppilo on puhdas. Jos ndin ei toimita, reagenssit voivat kontaminoitua ja

f Jos kaytat suppiloa reagenssien lisdamiseen sailidihin BOND-III-laitteissa, varmista,
vaarantaa varjayksen.
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12.2.2.2 Tyhjenna vaarallinen jate — BOND-III

1.

i AN

Varmista, etta prosessointimoduuli ei ole kaytdssa. (Jos kuitenkin saat ilmoituksen jateastian
tayttymisestd ajon aikana, noudata naita ohjeita astian tyhjentamiseksi — ks. myds 12.2.2.5 - Ajon
aikana.)

Veda astia ulos bulkkisailididen kammiosta.

Avaa korkki ja havita jate laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.

Aseta korkki takaisin paikalleen ja kirista.

Palauta sdilio laitteeseen. Tydnna varovasti, kunnes tunnet séilién liittimen asettuvan kohdakkain
kaapin takaosassa olevan liittimen kanssa. Tydnna sitten sailiéta voimakkaasti, kunnes liitin kiinnittyy
kunnolla, jotta liitanta on vuototiivis.

12.2.2.3 Tyhjenna tavanomainen jate — BOND-III

Koska laitteessa on kaksi tavanomaisen jatteen astiaa, voit poistaa tdyden astian (astian kuvake nayttaa
taytta System status (Jarjestelman tila) -naytdssa) milloin tahansa, myds prosessoinnin aikana (ks.
5.1.3.6 - Bulkkisilion tila). Ald kuitenkaan koskaan poista molempia bulkkijiteastioita laitteen ollessa

kaytossa ja jos sailid ei nayta taytta System status (Jarjestelman tila) -naytdssa, on suositeltavaa
odottaa, kunnes prosessointi on valmis ennen astian poistamista. Kun bulkkijateastian poistaminen on
turvallista, noudata samoja ohjeita kuin edella vaarallisten jatteiden tyhjentamisen vaiheessa (2).

Kuva 12-1: Jateastian palauttaminen paikalleen
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12.2.2.4 Tyhjenna vaarallinen jate tai tayta bulkkireagenssi — BOND-MAX

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli ei ole kaytdssa. (Jos kuitenkin saat ilmoituksen jateastian
tayttymisestd ajon aikana, noudata naita ohjeita astian tyhjentamiseksi — ks. myds 12.2.2.5 - Ajon
aikana.)

2. Veda astia ulos bulkkisailioiden kammiosta.

Kuva 12-2: BOND-MAX -vaarallisen jatteen sailié (vasen) ja bulkkireagenssisailio (oikea)

Nro Nimi
1 Tayttd-/tyhjennyskorkki

2 Nestetasosensorin korkki
3 Liitin

3. Tayta tai tyhjenna astia:
« Jos kyseessa on jateastia, avaa taytté-/tyhjennyskorkki (kohta 1 Kuva 12-2) ja havita jate
laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.
« Jos kyseessa on bulkkireagenssi, aseta sailio tasaiselle alustalle, avaa taytto-/tyhjennyskorkki

(kohta 1 Kuva 12-2) ja tayta siten, etta sisalto jaa juuri viivan alapuolelle sdilién kaulassa,
johon korkki kierretdan.

Nestetason anturin korkkia ei saa poistaa bulkkisailiosta, silla se voi vahingoittua.
Tyhjenna ja tayta bulkkisailiét vain taytto-/tyhjennyskorkin kautta.

4. Aseta korkki takaisin paikalleen ja kirista.
5. Palauta saili¢ laitteeseen. Tyénna varovasti, kunnes tunnet sdilion liittimen asettuvan kohdakkain

kaapin takaosassa olevan liittimen kanssa. Tyonna sitten sdiliétd voimakkaasti, kunnes liitin kiinnittyy
kunnolla, jotta liitdnta on vuototiivis.
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12.2.2.5 Ajon aikana

Jos paivittaiset bulkkisailididen tarkistukset tehdaan asianmukaisesti (seka lisatarkastukset ennen yon yli
jatkuvia ja pidennettyja ajoja ja saannolliset lisatarkistukset kiireisissa laboratorioissa), jatesailididen ei tulisi
koskaan tayttya eika reagenssisailididen sisaltda tarvitse koskaan tdydentaa prosessoinnin aikana. Jos
jompikumpi ndistd kuitenkin tapahtuu ajon aikana, sinun on tyhjennettava tai téytettava vastaavat sailiot.
Lue alla olevat ohjeet varmistaaksesi oikean toimenpiteen.

Jateastia tdynna — BOND-MAX

Jos jateastia tulee Iahes tayteen ajon aikana, ilmoitussymboli {-" ilmestyy nékyviin vastaavan sailién
kuvakkeessa System status (Jarjestelman tila) -naytossa.

Tyhjenna sailid valittdmasti. Noudata laitoksen kaikkia tavanomaisia varotoimia ja jatteiden
havittdmismenettelyja. Toimimalla nopeasti voit valttda ajon keskeyttamisen tai lyhentda keskeyttamisen
kestoa. Ajon keskeyttaminen voi vaarantaa varjayksen.

Jos ajo keskeytetdan sdilion tyhjentédmisen ajaksi tai jatkat kayttéa, kunnes prosessointimoduuli

pysaytetdan automaattisesti, halytys- 1Y (vilkkuva) tai varoitussymboli ilmestyy sailién
kuvakkeeseen. Palauta tyhjennetty astia mahdollisimman pian ja huomioi edella mainitut ohjeet ja
varotoimet.

Luo ajon tapahtumien raportti nahdaksesi, millaisia vaikutuksia keskeytyksella oli ajoon.

Reagenssisiilié tyhja — BOND-MAX

Jos reagenssin bulkkiséilid tyhjenee ldhes tdysin ajon aikana, ilmoitussymboli :ft-‘!:' ilmestyy nakyviin
vastaavan sailion kuvakkeessa System status (Jarjestelman tila) -ndytossa.

1. Avaa Protocol status (Protokollan tila) -naytt6 ja tarkastele jokaisen prosessointimoduulin ajon
kdynnissa olevia ja tulevia vaiheita.

2. Jos jossakin ajoista kaytetaan parhaillaan tai tullaan pian kdyttémaan lahes tyhjaa
bulkkireagenssisailiéta, odota, kunnes reagenssia kayttavat vaiheet on suoritettu loppuun.

3. Kun bulkkireagenssisailitta kayttavat vaiheet ovat valmiit, poista sadilio, tayta se ja vaihda
mahdollisimman nopeasti (kaikkia perusvarotoimia noudattaen).

Ajan saastamiseksi sinun ei ehka tarvitse tdyttaa sailiota tavalliseen enimmaismaaraansa.

Protocol status (Protokollan tila) -naytto ja varmista, ettd sailiota ei
parhaillaan kayteta eika aiota pian kdyttaa. Painvastainen toiminta saattaa
vaarantaa prosessoitavat leikkeet. Palauta astia heti tayton jalkeen.

f Jos BOND-MAX-bulkkisailid vaatii tayttamista prosessoinnin aikana, tarkista aina

Valttadksesi tadman tilanteen tarkista bulkkisailididen tasot paivittdin (tarvittaessa
useammin —ks. 12.2.1 - Sdilididen tasojen tarkistaminen).
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12.2.3  Bulkkisailididen puhdistaminen

Seuraavat puhdistustoimenpiteet on suoritettava kuukausittain.

12.2.3.1 ER1-, ER2-, BOND Wash- ja deionisoidun veden sailiét

1. Tyhjenna ER1-, ER2-, BOND Wash- ja deionisoidun veden bulkkireagenssisailiot.
2. Pese sailiot teollisuuskayttdoon tarkoitetulla pesuaineella ja huuhtele huolellisesti deionisoidulla

vedella.
3. Anna sailiiden kuivua ennen uudelleentayttéa tuoreella reagenssilla ja palauta ne laitteeseen.

12.2.3.2 Parafiininpoisto- ja alkoholisailiot

1. Tyhjenna parafiininpoiston ja alkoholin bulkkireagenssisadiliét. Havitd parafiininpoiston ja alkoholin
bulkkireagenssisailididen sisaltd laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.

2. Kaada pieni maara tuoretta reagenssia jokaiseen sailiodn ja pyoritd nestetta sailion sisalla
mahdollisten epapuhtauksien poistamiseksi sen seinamista. Tyhjenna sailid, kun olet valmis. Havita

jate laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.
Huomautus: Ali koskaan kaada vetts tai pesuaineita alkoholi- tai parafiininpoistoséilidihin.

3. Tayta bulkkis&ilio tuoreella reagenssilla ja palauta se laitteeseen.

12.2.3.3  Bulkkijatesailiot

1. Tyhjenna kaikki jate astioista. Havita jate laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.
2. Puhdista jatesailiot 0.5-prosenttisella valkaisuaineliuoksella (volyymipaino) tai teollisuuskayttodn
tarkoitetulla pesuaineella ja huuhtele huolellisesti deionisoidulla vedella.

3. Palauta jatesailict laitteeseen.
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12.2.4  Ulkoinen jateastia (vain BOND-MAX)

Tyhjenna 9 litran BOND-MAX -ulkoinen tavanomaisen jatteen astia jokaisen paivan alkaessa ja tarkista taso
ennen yon yli kestavia tai pidennettyja ajoja. Tyhjenna, kun astia on puoliksi tai yli puoliksi tdynna; kayta
puolivalin ohjeena sailion merkinndssa olevaa valkoista vaakasuoraa viivaa — ks. Kuva 12-3.

Nro Nimi

1 Taytto-/tyhjennyskorkki
2 Puoliksi tdynna oleva astia

Kuva 12-3: 9 litran BOND-MAX -ulkoinen tavanomaisen jatteen astia
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Puhdista astia kuukausittain samoin kuin muut bulkkisailiot (ks. 12.2.3 - Bulkkisdilididen puhdistaminen).

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli ei ole kaytdssa. (Jos kuitenkin saat ilmoituksen jateastian
tayttymisestd ajon aikana, noudata naita ohjeita astian tyhjentéamiseksi — ks. myds 12.2.2.5 - Ajon
aikana.)

2. Astiassa on liittimet, kuten Figure 12-4 (huomaa, ettd jotkut anturien liittimista ovat mustia, eivat
hopeanvarisia kuten kuvassa):

Figure 12-4: Ulkoisen jateastian liitdnnat

Nro Nimi

1 Nestetason anturin liitin
2 Nesteliitin

i. Nosta anturiliittimen punainen salpa (1) peukalolla ja veda liitin pois korkista.
ii. Paina nesteliittimen (2) metallipainiketta ja veda liitin pois korkista.

3. Poista tayttd-/tyhjennyskorkki astian tyhjentdmiseksi. Al3 irrota liittimilld varustettua korkkia. Havita
jate laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.

4. Aseta tayttd-/tyhjennyskorkki takaisin, kirista tiukasti ja palauta astia prosessointimoduuliin.
Paina nesteliitin takaisin korkin liittimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liita anturin liitin uudelleen. Tyonna liitin alaspain korkin liitdnnan pohjaan.

Taytena ulkoinen jateastia on raskas.
Kayta oikeita nostotekniikoita ulkoisen jateastian tyhjentédmisessa.

o w

Irrota aina anturi ja nesteliittimet ennen astian tyhjentamista vaurioiden
valttdmiseksi.
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12.3 Covertiles-laatat

Puhdista Covertiles-laatat jokaisen kayttokerran jdlkeen (Leica Biosystems Covertile -puhdistustelinetta
voidaan kayttaa tahan). Covertiles-laattoja voidaan kadyttda uudelleen enintdan 25 kertaa edellyttaen, etta
ne eivat ole vaurioituneita tai voimakkaasti varjaytyneita ja etta ne puhdistetaan asianmukaisesti. Havita
Covertiles-laatat, jos ne ovat vahingoittuneet tai jos varjaamisen laatu heikkenee.

12.3.1 Poista DAB-jaanteet (valinnainen)

1.

Liota vahintaan 30 minuuttia tuoreessa volyymipainoltaan 0.5-prosenttisessa natriumhypokloriitti- ja
deionisoidun veden liuoksessa.

Poista ja kasta tuoreeseen deionisoituun veteen 10 kertaa.

Suorita tavallinen puhdistus (katso alla).

12.3.2  Vakiopuhdistus (pakollinen)

1.

Liota vahintaan 10 minuuttia 100-prosenttisessa IMS:ssa (teollinen denaturoitu alkoholi), etanolissa
tai reagenssilaatuisessa alkoholissa.
Sekoita 30 sekuntia ja poista.
Kuivaaminen:
« pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla tai
« ilmakuivaa.

Tarkasta Covertiles-laatat huolellisesti saréjen, halkeamien tai vadntymien varalta. Havitg, jos laatat
ovat vaurioituneet.
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12.4 Leikkeen varjayskokoonpano

Prosessointimoduuleissa on kuumentimet ja kuumennetut pinnat, jotka voivat
aiheuttaa syttymisvaaran, jos ne ovat ldhella syttyvia materiaaleja.

« Al3 aseta syttyviad materiaaleja kuumentimien paélle tai ldhelle.
. Al3 aseta syttyvia materiaaleja prosessointimoduulin kuumille pinnoille.

« Varmista, etta kaikkien bulkkisailididen korkit on suljettu asianmukaisesti
tayton tai tyhjentamisen jalkeen.

Valta koskettamasta leikkeiden varjayskokoonpanoja ja niiden ymparistoa. Ne
voivat olla hyvin kuumia ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Odota kaksikymmenta
minuuttia toimenpiteen jalkeen, jotta leikkeen varjdyskokoonpanot ja niita
ymparoivat alueet ehtivat jaahtya.

Puhdista maéritetyt osat vain kasin. Ald pese mitdén osaa automaattisessa
astianpesukoneessa vaurioiden vélttdmiseksi. Ald puhdista osia liuottimilla,
voimakkailla tai hankaavilla puhdistusnesteilla tai voimakkailla tai hankaavilla
liinoilla.

Varmista ennen puhdistamista tai ylalevyn poistamista, etta bulkkinesterobotit
(BOND-III) ovat alkuasennossa laitteen takaosassa, eika sijoitettuna leikkeiden
varjayskokoonpanojen vierelle.

Al3 kayta vanupuikkoja tai muita pumpulikérkisia applikaattoreita pesulohkon
reikien tai leikkeiden varjayskokoonpanojen imeytysnastojen puhdistamiseen, silla
pumpulikarki voi irrota ja aiheuttaa tukoksen.

> B B B B>

Tavallinen puhdistus
Puhdista leikkeen varjayskokoonpanot viikoittain tai useammin, jos niissa nakyy kertynytta likaa.

Kayta 70-prosenttiseen alkoholiin kostutettua nukkaamatonta liinaa (mahdollisimman vahan). Kayta
vaikeasti poistettavaan saostumaan BOND Wash Solution -liuosta (mahdollisimman vahan) ja huuhtele
sitten deionisoidulla vedella.

Pyyhi BOND-III-bulkkinesterobotin ohjainkisko (kohta 3 Figure 12-6).

Kaanna ylalevy auki (ks. Yldlevyn poistaminen sivulla 266) ja puhdista:

« Kuumentimen tyynyt

« Tyhjennysaukot ja imeytysnastat

« Kuumentimen levyjen valiset alueet
« Tyynyja ymparoiva tippa-alusta
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Tarkista aina, ettd tyhjennysaukoissa (mukaan lukien aukkojen reunalla olevat pienet, kosteutta siirtavat
nastat) ei ole vierasta materiaalia eika niissé ole naarmuja tai muita vaurioita. Ota yhteys asiakastukeen, jos
nama tai muut leikkeiden varjdyskokoonpanojen osat ovat vaurioituneet.

Nro Nimi
1 Covertile-laattojen puristimet
2 Tyhjennysaukot ja imeytysnastat
3 Kuumentimen tyynyt
4 Tippa-alusta

Kuva 12-5: Leikkeiden varjayskokoonpano ylalevy avattuna

Kun yldlevy on auki, tarkasta levyn alla olevat Covertile-laattojen kiinnikkeet ja varmista, etta jouset liikkuvat
vapaasti. Jos puristinjouset eivat ponnahda takaisin paikoilleen niista painettaessa, ota yhteytta
asiakastukeen niiden vaihtamiseksi.
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Yldlevyn poistaminen

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli on vapaa ja kytke virta pois paalta.

2. Avaa ylalevy painamalla sita alaspain ja kdantamalla sinisid kdantokiinnittimia kummassakin paassa
(kohdat 1 Figure 12-6 ja Figure 12-7) neljanneskierros vastapadivaan. Kaanna ylalevy auki saranoiden
varaan (laitteeseen katsottaessa ylalevyn oikea puoli nousee auki).

Nro Nimi

1 Kaantokiinnittimet

2 Saranat

3 Bulkkinesterobotin ohjauskisko

Figure 12-6: BOND-III-yldlevy

Nro Nimi

1 Kaantokiinnittimet

2 Saranat

Figure 12-7: BOND-MAX-ylalevy
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3.

Jos haluat irrottaa yldlevyn kokonaan (ei tarvita rutiininomaiseen puhdistukseen), veda
jousikuormitetuista nivelkiinnittimista levyn kummassakin paassa (kohdat 2 Figure 12-6 ja Figure
12-7) ja nosta sitten levy pois leikkeen varjdyskokoonpanosta.

Figure 12-8: Ylalevyn nivelkiinnittimen vapauttaminen

12.4.0.1 Ylalevyn vaihtaminen

Huomautus: BOND-III-leikkeen varjayskokoonpanojen ylalevyt on numeroitu. Aseta aina oikea ylalevy
oikeaan leikkeen varjayskokoonpanoon (laitteeseen katsottaessa leikkeen varjayskokoonpano vasemmalla
on numero yksi).

1.

Etsi kdantdpisteet leikkeen varjdyskokoonpanosta. Pida ylalevya avoimessa asennossa ja aseta
toinen nivelkiinnikkeista leikkeen varjdyskokonaisuuden kaantdpisteeseen.

Veda toisesta nivelkiinnittimestd, aseta levyn paa paikalleen ja vapauta sitten kiinnitin.

Sulje ylalevy ja tarkista, etta paikannustapit asettuvat levyn kummassakin paassa oleviin reikiin
oikein.

Pida ylalevya painettuna alas ja kddnna kaantokiinnittimia myotapaivaan. Niiden tulisi puristaa levy
tiukasti neljanneskierroksella myétapaivaan.
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12.4.1 Leikkeiden varjdyskokonaisuuksien manuaalinen avaaminen

Jokainen leikkeen varjayskokoonpano voidaan avata manuaalisesti, esimerkiksi leikkeiden poistamiseksi
sahkokatkoksen aikana.

Leikkeiden varjdyskokoonpanot sisaltdvat liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Ennen kuin yritat avata leikkeen varjdyskokonaisuuksia

manuaalisesti, kdanna prosessointimoduulin virtakytkin pois paalta, kytke virta pois
paalta ja irrota verkkovirtapistoke seinasta.

» 12.4.1.1 - BOND-III
» 12.4.1.2 - BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Ruiskupumppumoduuli (BOND-III) on raskas ja voi kaatua eteenpain
A vapautettaessa. Taman menettelyn saavat suorittaa vain kayttajat, joita on

varoitettu mahdollisista vaaroista ja jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen.

Leikkeen varjayskokoonpanon avaaminen manuaalisesti BOND-jdrjestelmassa:

1. Sammuta virta ja irrota virtajohto.
2. Ruuvaa auki nelja kuusiokoloruuvia, joilla ruiskumoduulin suojus on kiinnitetty, kayttaen
toimitukseen sisdltyvaa 3 mm:n kuusioavainta. Poista suojus, jotta paaset kasiksi vapautustappeihin

ja moduulin kahvaan.
3. Paikanna kaksi ruiskupumppujen 1 ja 4 vieressa olevaa vapautustappia.

Figure 12-9: Vapautustappien sijainti laitteen ollessa auki

4. Veda kahta tappia eteenpdin itsedsi kohti, kunnes ne napsahtavat ja laske moduuli alas. Varo, ettet
veda tai purista ruiskupaiden fluidistorijarjestelman letkuja moduulin liikkuessa eteenpain.
5. Ruiskupumppumoduuli avautuu niin, etta leikkeiden varjayskokoonpanoihin padsee kasiksi.
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6. Paikanna manuaalinen vapautusnuppi leikkeen varjayskokoonpanon alla.

Figure 12-10: Manuaalinen vapautusnuppi

7. Kaanna nuppia Figure 12-10 esitettyyn suuntaan. Nuppia kaannettaessa Covertiles-laatat siirtyvat
leikkeiden ylapuolelle ja koko kokoonpano ja alusta liikkuvat yl6spain.

8. Jatka vapautusnupin kaantamistd, kunnes tunnet vastusta. Tassa vaiheessa leikealustan poistamisen
pitdisi olla mahdollista kokoonpanosta.

9. Sailyta leikkeita laitoksen menettelytapojen mukaisesti.

10. Tydnna ruiskupumppumoduuli varovasti takaisin paikalleen, varo vetémasta tai puristamasta
fluidistorijarjestelman letkuja.

11.Varmista, ettd moduulin kummallakin puolella olevat tapit napsahtavat takaisin lukitusasentoon.

tai prosessointimoduulin alustamista. Jos ndin ei toimita, ruiskut voivat vaurioitua

2 Varmista, ettd ruiskumoduuli (BOND-III) on tdysin suljettu ennen ajon aloittamista
kdyton aikana.

12. Aseta ruiskumoduulin suojus takaisin ja kiinnita se neljalla kuusiokoloruuvilla.

Protokollan tila tulee tarkistaa (ks. 5.2 - Protokollan tilandyttd) ennen laitteen kdynnistamista.

Kun prosessointimoduuli kdynnistetaan, laite alustetaan, se havaitsee kokoonpanojen tilan ja ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin saattaakseen ne kayttovalmiiksi.

Alustamisen jalkeen leikkeen varjdyskokoonpanon tila vapautuu eika Protocol status (Protokollan tila) -
naytdssa ndy toimintavaiheita. Prosessointi voidaan mahdollisesti suorittaa loppuun BOND-III-jarjestelmalla
tai jaljella olevat vaiheet voidaan suorittaa manuaalisesti.

12.4.1.2 BOND-MAX

Avaa leikkeen varjdyskokoonpano manuaalisesti BOND-MAX-jarjestelmdssa seuraavasti:

1. Sammuta virta ja irrota virtajohto.

Avaa bulkkisailididen luukku ja poista bulkkisailiot.

Liu'uta bulkkisailididen kammion yldosassa oleva alusta ulos.

Paikanna manuaalinen vapautusnuppi (ks. Figure 12-10) leikkeen varjayskokoonpanon alla.

K&anna nuppia Figure 12-10 esitettyyn suuntaan. Nuppia kaénnettdessa Covertiles-laattojen tulee
siirtya leikkeiden ylapuolelle ja koko kokoonpano ja alusta liikkuvat yléspain.

i kW

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 269



12. Puhdistus ja huolto (BOND-III ja BOND-MAX)

6. Jatka vapautusnupin kaantamistd, kunnes tunnet vastusta. Tassa vaiheessa leikealustan poistamisen
pitaisi olla mahdollista kokoonpanosta.

7. Sailyta leikkeita laitoksen menettelytapojen mukaisesti.

8. Puhdista ala- ja ylatippa-alustat tarvittaessa ja aseta sitten ylempi alusta uudelleen bulkkisailididen
kammioon. Alustan 45 asteen kulmassa taipuva reuna jaa etuosaan siten, etta kulma on yléspain.

9. Aseta bulkkisailiét takaisin paikoilleen.
10. Sulje bulkkisailididen kammion luukku.

Protokollan tila tulee tarkistaa (ks. 5.2 - Protokollan tilandyttd) ennen laitteen kdynnistamista.

Kun prosessointimoduuli kdynnistetaan, laite alustetaan, se havaitsee kokoonpanojen tilan ja ryhtyy
tarvittaviin toimenpiteisiin saattaakseen ne kayttovalmiiksi.

Alustamisen jalkeen leikkeen varjayskokoonpanon tila vapautuu eika Protocol status (Protokollan tila) -
naytdssa ndy toimintavaiheita. Prosessointi voidaan mahdollisesti suorittaa loppuun BOND-MAX-
jarjestelmalla tai jaljella olevat vaiheet voidaan suorittaa manuaalisesti.

12.5 Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen

Jokainen prosessointimoduuli on sammutettava ja kdynnistettava uudelleen viikoittain. Tama on tarkead,
silla ndin prosessointimoduuli voi suorittaa jarjestelman automaattisen diagnostiikkatarkistuksen.

Yhden paikan BOND-ohjainta ei tarvitse sammuttaa ja kaynnistaa uudelleen saannéllisesti. Jos BOND-
ohjelmisto kuitenkin hidastuu huomattavasti, sinun taytyy ehka kdaynnistaa ohjain uudelleen Windowsin
Start-valikon kautta.

Jos sinulla on BOND-ADVANCE-jarjestelmad, ks. 16.1 - BOND-ADVANCE -jarjestelmén kdynnistaminen
uudelleen.

Prosessointimoduuli

Varmista, etta prosessointimoduuleilla ei ole ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja, ja sammuta
virta laitteen oikealla puolella olevalla virtakytkimelld. Odota 30 sekuntia ja kytke sitten takaisin paalle.
Kaynnistettdessa BOND-jdrjestelma esitayttaa fluidistorijarjestelman ja suorittaa useita jarjestelmatesteja
(ks. 2.2.2 - Prosessointimoduulin alustus).

Huomaa, etta fluidistorijarjestelman osittaisen esitdytdn voi suorittaa ilman prosessointimoduulin
sammuttamista (ks. - Puhdista fluidistorijarjestelma).

Puhdista fluidistorijarjestelma

Clean fluidics (Puhdista fluidistorijdarjestelma) -painike Maintenance (Huolto) -naytolla esitayttaa
fluidistorijarjestelman letkut bulkkisailidista (osa prosessointimoduulin alustusta kaynnistettdessa). Suorita
rutiini, jos epailet fluidistorijarjestelmassa olevan tukoksia tai ilmaa.

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli on vapaa ilman ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja.

2. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta ndkyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

3. Napsauta Maintenance (Huolto) -valilehted ja napsauta sitten Clean fluidics (Puhdista
fluidistorijarjestelmad) -painiketta.

4. Napsauta Yes (Kylla) vahvistuskehotteessa.

5. Fluidistorijarjestelma esitaytetdan, mika voi kestaa useita minuutteja.

270 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



12. Puhdistus ja huolto (BOND-III ja BOND-MAX)

12.6  Imuanturi

Imuanturi puhdistetaan normaalin kdytdn aikana automaattisesti pesublokissa aina, kun se on ollut
kosketuksissa kuhunkin reagenssiin. Viikoittainen pyyhinta ja puhdistaminen BOND Aspirating Probe
Cleaning System -puhdistusjarjestelmalla on myds suoritettava. Puhdistusjarjestelman reagenssit on
optimoitu BOND-jarjestelmalle ja BOND-ohjelmisto kdyttda puhdistusprotokollaa, joka on suunniteltu
maksimoimaan pesutehokkuus. BOND-ohjelmisto varoittaa kayttdjia, kun anturin puhdistaminen ja
vaihtaminen on ajankohtaista.

Al liikuta paaasiallista robottivartta, kun prosessointimoduuli on kytketty paélle.
Robotin kohdistus voi muuttua, mika johtaa huonoon varjaykseen.

Jos robottia on liikutettu: sammuta laite, odota 30 sekuntia ja kdynnista uudelleen.

Katso:

e 12.6.1 - Imuanturin puhdistaminen
e 12.6.2 - Imuanturin vaihtaminen

12.6.1  Imuanturin puhdistaminen

Sammuta prosessointimoduuli aina ennen pyyhkimista ja varo taivuttamasta anturia. Pyyhi imuanturin
ulkopuoli viikoittain 70-prosenttisella alkoholiliuoksella kostutetulla nukkaamattomalla liinalla tai
alkoholityynylla. Tarkasta imuanturiin kiinnitetty letku ja varmista, etta letku ei ole kiertynyt ja etta sen
sisalla ei ole esineita. Letkun tulisi olla puhdas.

BOND-ohjelmisto ilmoittaa anturin puhdistamistarpeesta BOND-imuanturin puhdistusjarjestelmalla
300 leikkeen valein (ks. 12.6.1.1 - Imuanturin puhdistamisen suorittaminen). Lukema nollautuu -
automaattisesti, kun puhdistus on suoritettu tai anturi vaihdettu onnistuneesti. —

BOND-imuanturin puhdistusjarjestelmat tulee rekisterdidéd BOND-jarjestelmaan niiden

vastaanoton yhteydessa samalla tavalla kuin detektiojarjestelmat (ks. 8.3.3 - Reagenssien ja
reagenssijarjestelmien rekisterdiminen). Ohjelmisto pitaa kirjaa puhdistusjarjestelman kaytosta ja sallii 15
puhdistuskertaa kullekin jarjestelmalle.

Jotta reagenssien teho sailyisi puhdistusjarjestelmissa, lataa ne prosessointimoduuleihin vasta sitten, kun
niitd aiotaan kayttaa. Imuanturia ei voi puhdistaa, jos laitteeseen on ladattu muita reagensseja tai
reagenssijarjestelmia, eika leikkeiden prosessointia voi aloittaa, jos laitteeseen on ladattu
puhdistusjarjestelma.

12.6.1.1  Imuanturin puhdistamisen suorittaminen

Noudata alla olevia ohjeita imuanturin puhdistamiseen BOND-imuanturin puhdistusjarjestelmalla.

Puhdistusprotokollan suorittaminen kestda noin 20 minuuttia.

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli on vapaa ilman ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja.

2. Poista kaikki reagenssit tai reagenssijarjestelman alustat prosessointimoduulista.

3. Lisaa BOND-imuanturin puhdistusjarjestelma prosessointimoduulissa olevaan reagenssialustaan.

4. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nékyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.
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5. Napsauta Maintenance (Huolto) -vililehtea ja napsauta sitten Clean aspirating probe
(Puhdista imuanturi) -painiketta.

6. Napsauta Yes (Kylld) puhdistuksen kaynnistamiseksi kehotettaessa.
Puhdistusprotokolla kdynnistyy ja siitd ilmoitetaan prosessointimoduulin valilehden
puhdistuskuvakkeella.

7. Odota, kunnes saat ilmoituksen siitd, etta puhdistus on valmis.
Poista BOND-imuanturin puhdistusjarjestelma reagenssialustalta.

9. Napsauta OK Cleaning complete (Puhdistus valmis) -valintaikkunassa normaalin toiminnan
jatkamiseksi.

©

12.6.2  Imuanturin vaihtaminen

BOND-ohjelmisto ilmoittaa imuanturin vaihtamisen tarpeesta aina 7 800 prosessoidun leikkeen
vdlein. Ks. 5.1.2 - Laitteiston tila. L

-

Jos haluat, etté Leica Biosystemsin huoltoinsinédri vaihtaa imuanturin, ota yhteytta asiakastukeen.
Muussa tapauksessa voit vaihtaa imuanturin alla kuvatulla tavalla.

Imuanturin vaihtamiseen ei tarvita tyokaluja.

12.6.2.1 Imuanturin irrottaminen

Kuva 12-11: Imuanturin kokoonpano:

Nro Nimi
1 Imuanturin putki
2 Liitin
3 Imuanturiteline
4 Eristelohko, takana pyalletty ruuvi
5 Imuanturi
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Poista imuanturin kokoonpano seuraavasti:

O
9.

. Varmista, etta prosessointimoduuli on vapaa ilman ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja.

Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nakyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

Napsauta Maintenance (Huolto) -valilehtea ja napsauta sitten Replace aspirating probe
(Vaihda imuanturi) -painiketta.

Lue huolellisesti ohjeet Replace aspirating probe (Vaihda imuanturi) -valintaikkunassa ja jatka
sitten napsauttamalla Yes (Kylla).

Prosessointimoduuli valmistelee nyt fluidistorijarjestelmdn imuanturin vaihtamista varten.

Kun fluidistorijarjestelman valmistelu on valmis (tama saattaa kestaa jonkin aikaa),

\ls

prosessointimoduuli katkaisee yhteyden ohjelmistoon ja ilmoittaa siitd T Status screen (Tila-
naytto) -valilehdella.

Sammuta prosessointimoduuli ja avaa kansi.

Pyyhi anturin kdrki paperipyyhkeella kosteuden tai pisaroiden poistamiseksi.

Ldysaa eristelohkon takaosassa oleva pyalletty ruuvi kokonaan (ruuvia ei voi irrottaa). Katso
seuraavalla sivulla olevaa valokuvaa.

Jos et |6ysaa pyallettya ruuvia kokonaan, voit vaurioittaa imuanturin teflonpinnoitetta.

Pida esilla olevaa karkea eristelohkon alapuolella ja tydnna sitad varovasti yléspain varmistaaksesi,
ettd se on irrallaan.

Al3 veda letkua valittdmasti imuanturin telineen paélté (kohta 3 Kuva 12-11), koska letku voi irrota
karjesta.

10.Kun anturi on irrallaan, veda letkua varovasti yléspain imuanturin telineen lapi ja poista se.
11.Ruuvaa imuanturin letkun liitin irti (kohta 2 Kuva 12-11) robottivarren vasemmalla puolella olevasta

"ketjusta”.
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12.6.2.2 Uuden imuanturin asentaminen

Imuanturin asentaminen on kriittisen tarkea tehtava. Jos sita ei asenneta oikein, se voi vaikuttaa
varjaykseen laitteessa. Jos sinulla on ongelmia tdman toiminnon suorittamisessa, ota yhteytta
asiakastukeen.

Legenda

1 2mm

2 pyalletty ruuvi

Kuva 12-12: Imuanturin saato

Asenna uusi imuanturikokoonpano seuraavasti varoen vahingoittamasta teflonkarkea:

1. Varmista, etta imuanturin teline on nostettu kokonaan ylos.

2. Poista uusi imuanturi varovasti suojakotelosta.

3. Syota imuanturia imuanturin telineen yldosaan, kunnes imuanturin karki tulee esiin eristelohkosta ja
pysayta.
Jos anturi ei kulje telineen Iapi helposti, tarkista, etta pyalletty ruuvi on 16ysa ja aseta anturi
uudelleen, kunnes se liukuu sisdan. Toimenpiteessa ei pitdisi tarvita voimaa.

4. Pida imuanturin telineesta kiinni toisella kadella ja imuanturin karjesta toisella kddella.
Vedéd anturia hitaasti alaspain, kunnes se pysahtyy.

Noin 2 mm ruostumatonta terasta tulee nékya anturin yldosassa (ks. oikealla) olevan
teflonpinnoitteen ja eristelohkon pohjassa olevan letkuston valissa.
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5. Samalla kun pidat imuanturia vield alhaalla, kirista eristelohkon takaosassa oleva pyalletty ruuvi
(kohta 4 Kuva 12-11). Kirista sormitiukaksi.

Al3 kirista liikaa, silld imuanturi voi vaurioitua.
Tarkista varovaisesti, voiko imuanturia kiertaa tai siirtda ylos tai alas. Se ei saisi liikkua.

Katso anturia etu- ja sivukulmista varmistaaksesi, etta se on pystysuorassa kaikilla tasoilla. Jos anturi
ei ole pystysuorassa, l6ysaa pyallettya ruuvia ja tarkista uudelleen, etta se on kunnolla paikallaan. Jos
anturi ei vielakaan ole pystysuorassa, eli se on taipunut, vaihda se uuteen.

6. Ruuvaa imuanturin letkun liitin (kohta 2 Kuva 12-11) "ketjulohkoon" siten, etté se on sormitiukka. Ala
kirista liikaa.

7. Varmista, ettd imuanturin teline on nostettu kokonaan ylds, ja kdynnista sitten prosessointimoduuli.
Prosessointimoduuli esitayttda jarjestelman, kun se kdynnistetdan — tarkista liitdnnat ja anturin karki
varmistaaksesi, ettei nestettd vuoda jarjestelman esitaytdn aikana.

8. Kun olet vaihtanut imuanturin, napsauta Yes (Kylla) vahvistusvalintaikkunassa. Jos et ole varma
siita, ettd uusi imuanturi on asennettu oikein, napsauta No (Ei) ja ota yhteytta asiakastukeen.

9. Voidaksesi tarkistaa, ettd uusi imuanturi on asennettu oikein, suorita testikudosten tai
kontrollikudosten ajo varmistaaksesi, ettd asianmukainen varjdys saavutetaan.
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12.7 Pesublokki ja sekoitusasema

Sekoitusasemassa on kuusi kuppia reagenssien sekoittamiseen. Se sopii asetettavaksi inserttina
pesublokkiin.

— ] POOOCH—

Kuva 12-13: Pesublokin yldandkyma pesualueen (1) ja sekoitusaseman (2) ollessa paikoillaan

Jotkut immunohistokemiassa ja in situ -hybridisaatiossa kaytetyt reagenssit ovat
vaarallisia. Varmista, etta olet saanut asianmukaisen koulutuksen ennen jatkamista.

Tarkista sekoitusasema saanndllisesti varimuutosten ja yleisen kunnon osalta ja vaihda tarvittaessa. Vaihda
asema kuukausittain normaalin huollon yhteydessa. Varmista aina ennen poistamista, etta kaikki ajot on
suoritettu.

Irrota sekoitusasema tarttumalla sekoitusaseman takana olevaan kielekkeeseen ja nostamalla se pois.
Sekoitusaseman puhdistaminen

Sekoitusasemaa voidaan kayttaa uudelleen kuukausittaiseen vaihtoon saakka edellyttéen, etta se ei ole
vaurioitunut tai voimakkaasti varjdantynyt ja etta se puhdistetaan asianmukaisesti.

1. Jos puhdistaminen on tarpeen, liota vahintaan 30 minuuttia tuoreessa volyymipainoltaan 0.5-
prosenttisessa natriumhypokloriitin ja deionisoidun veden liuoksessa.

Poista ja kasta tuoreeseen deionisoituun veteen 10 kertaa.
Liota vahintaan 10 minuuttia reagenssilaatuisessa alkoholissa.
Sekoita 30 sekuntia ja poista.

IImakuivaa.

ik W

Pesublokin puhdistaminen

Puhdista pesublokki viikoittain nukkaamattomalla liinalla.

Al3 kayta vanupuikkoja tai muita pumpulikérkisia applikaattoreita pesublokin reikien
puhdistamiseen. Jos puuvillakarjet irtoavat, ne voivat tukkia reidt.

12.8  Suojukset, luukut ja kansi

Puhdista suojukset, luukut (jos asennettu) ja prosessointimoduulin kansi viikoittain pélyhuiskulla tai
kangasliinalla.

Als kayta puhdistusaineita. Kayté tarpeen vaatiessa vedelld kostutettua nukkaamatonta liinaa suojusten,
luukkujen ja kannen puhdistamiseen lian keradntymisen estamiseksi.

Jos jokin suojuksista, luukuista tai kansi vaantyy tai vaurioituu, ota yhteys asiakastukeen.
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12.9 Tunnisteen kuvantaja

Paarobottivarren tunnisteen kuvantajan ikkuna on pidettava puhtaana leikkeiden tunnistamisen
varmistamiseksi. Puhdista ikkuna nukkaamattomalla 70-prosenttisella alkoholiliuoksella kostutetulla liinalla
joka viikko tai silloin, kun kuvantaja ei toistuvasti pysty kuvantamaan tunnisteita oikein.

. \

Kuva 12-14: Tunnisteen kuvantaja
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12.10 Tippa-alustat

Puhdista tippa-alustat kuukausittain tai useammin, jos niissa nakyy vuotanutta reagenssia tai jatetta. Ota
yhteyttd asiakastukeen, jos alustoissa nakyy liiallisia roiskeita tai suolakertymia.
« 12.10.1 - BOND-III-bulkkisailidn tippa-alustat

« 12.10.2 - BOND-III-laitteen tippa-alusta
« 12.10.3 - BOND-MAX-bulkkisailidn tippa-alusta

12.10.1 BOND-III-bulkkisailion tippa-alustat

BOND-III sisaltaa kaksi bulkkisailion tippa-alustaa, jotka sijaitsevat bulkkisdiliGiden alapuolella laitteiden yla-

ja alatasoilla.
Puhdista BOND-III -bulkkisailion tippa-alustat seuraavalla menettelylla:

1. Varmista, etta prosessointimoduuli ei ole kaytdssa.

2. Poista kaikki bulkkisailict.
3. Poista mustat suojukset, jotka suojaavat kunkin bulkkiséilion painoanturia (ks. Figure 12-15). Pyyhi

jokainen suojus liinalla tai sideharsolla, joka on kostutettu 70-prosenttisella alkoholiliuoksella.

LLELLE T i
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00000 0Y

Figure 12-15: BOND-III-bulkkisdilion tippatelineet seka
painoanturin suojukset
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4. Pyyhi tippa-alustat 70-prosenttisella alkoholiliuoksella. Valtd koskettamasta metallisiin
painoantureihin.

5. Kuivaa tippa-alustat paperipyyhkeella.
6. Pyyhi kaikki bulkkisailiot ja palauta ne oikeisiin paikkoihinsa.

12.10.2 BOND-III-laitteen tippa-alusta

BOND-III-laitteessa on kolmas tippa-alusta, joka sijaitsee laitteen alla, kuten Kuva 12-16 alla.

N A
! i LY

RAHEEEARN LLLLLL L1

Kuva 12-16: BOND-III-laitteen tippa-alusta

Noudata seuraavaa menettelya paastaksesi kasiksi laitteen tippa-alustaan:

1. Paikanna tippa-alusta laitteen alla (ks. Kuva 12-16) ja veda alustaa ulospain. Tue alustan painoa
kahdella kadella estadksesi nesteen laikkymisen.

2. Tyhjenna alustan sisdlto ja hdvita jate laitoksesi hyvaksyttyjen menetelmien mukaisesti.
Huomautus: Alustan takakulmassa on ura, joka helpottaa kaatamista ja estaa laikkymisen.

3. Pese alusta 70-prosenttisella alkoholiliuoksella ja palauta se sitten oikeaan paikkaansa.
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12.10.3 BOND-MAX-bulkkisailion tippa-alusta

BOND-MAX-laitteessa on yksi tippa-astia, joka sijaitsee bulkkisailididen alapuolella bulkkisailididen
kammiossa.

Noudata seuraavaa menettelya paastaksesi kasiksi bulkkisailion tippa-alustaan:

1. Varmista, ettd kasittelymoduuli ei ole kaytdssa ja poista kaikki bulkkisailiot.

2. Poista tippa-alusta ja pyyhi se liinalla tai sideharsolla, joka on kostutettu 70-prosenttisella
alkoholiliuoksella.

3. Kuivaa tippa-alusta paperipyyhkeella ja palauta se oikeaan paikkaansa (kaareva reuna laitteen
etuosaan pain).

4. Pyyhi kaikki bulkkisailidt ja palauta ne oikeisiin paikkoihinsa.

12.11 Leikealustat

Puhdista leikealustat kuukausittain pesemalla ne lampimalla saippuavedella ja huuhtelemalla juoksevalla
vedelld. Varmista aina ennen kayttda, ettd leikealustat ovat kuivat. Vaihda vaantyneet tai vahingoittuneet

alustat.

12.12 Bulkkinesterobottianturit (vain BOND-III)

Kunkin bulkkinesterobotin anturi vaatii kuukausittaista puhdistamista 70-prosenttisella alkoholiliuoksella ja
nukkaamattomalla liinalla tai alkoholityynylla.

Tarkista anturit kulumien varalta puhdistamisen yhteydessa ja vaihda tarvittaessa.

« 12.12.1 - Bulkkinesterobottianturien puhdistaminen
« 12.12.2 - Bulkkinesterobottianturien vaihtaminen

12.12.1 Bulkkinesterobottianturien puhdistaminen

Puhdista bulkkinesterobottien annosteluanturit kuukausittain; ala taivuta antureita.

kayttaja voi puhdistaa ne. Taman menettelyn saavat suorittaa vain kayttajat, joita
on varoitettu mahdollisista vaaroista ja jotka ovat saaneet asianmukaisen
koulutuksen.

f Bulkkinesterobotit liikkuvat leikkeiden varjayskokoonpanojen mukana niin, etta

1. Varmista, etta prosessointimoduuli on vapaa ilman ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja.

2. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nakyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

3. Napsauta Maintenance (Huolto) -valilehtea ja napsauta sitten Clean bulk fluid robot probes
(Puhdista bulkkinesterobottianturit) -painiketta.
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4. Lue huolellisesti Clean bulk fluid robot probes (Puhdista bulkkinesterobottianturit) -
valintaikkunan ohjeet, lukitse kaikki leikealustat ja jatka napsauttamalla Yes (Kylla).

x

Nro Nimi
1 Anturin liitin
2 Anturi

Figure 12-17: Pyyhi kaikki kolme bulkkinesterobottianturia 70-prosenttisella alkoholiliuoksella (anturi
on merkitty kuvaan)

5. Kun kaikki kolme bulkkinesterobottia ovat siirtyneet laitteen etuosaan, sammuta laite.

6. Puhdista anturit varovasti 70-prosenttisella alkoholiliuoksella kostutetulla pehmealla liinalla tai
alkoholityynylla.
Varo, ettet tydnna antureita pois kohdistetusta sijainnista.

7. Valitse valintaikkunassa onnistuneesti puhdistamasi bulkkinesterobotit ja napsauta sen jalkeen Done
(Valmis). Tai jos et ole puhdistanut yhtaén, napsauta None were cleaned (Yhtaan ei
puhdistettu) -painiketta.

8. Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen. Alustuksen aikana bulkkinesterobotit palaavat
alkuasemaansa laitteen takaosassa.

12.12.2 Bulkkinesterobottianturien vaihtaminen

Jos haluat, ettéd Leica Biosystemsin huoltoinsindori vaihtaa bulkkinesterobottianturin, ota yhteytta
asiakastukeen. Muussa tapauksessa voit vaihtaa bulkkinesterobotin anturit alla kuvatulla tavalla.

1. Varmista, etta prosessointimoduuli on vapaa ilman ladattuja, aikataulutettuja tai prosessoitavia ajoja.

2. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nakyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

3. Napsauta Maintenance (Huolto) -vdlilehted ja napsauta sitten Replace bulk fluid robot
probes (Vaihda bulkkinesterobottianturit) -painiketta.
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4. Lue huolellisesti Replace bulk fluid robot probes (Vaihda bulkkinesterobottianturit) -
valintaikkunan ohjeet, lukitse kaikki leikealustat ja jatka napsauttamalla Yes (Kylla).

Kaikki kolme bulkkinesterobottia siirtyvat sijaintiin 10 laitteen etuosassa.

5. Sammuta prosessointimoduuli.

6. Kierra vaihdettavan anturin letkun liitin irti ja veda anturi ylos ja ulos bulkkinesterobotista (ks. Figure
12-17).

7. Aseta uusi anturi koteloon ja kierra anturin letkun liitin takaisin sisdan, kiristd sormitiukaksi.

Toista toisten antureiden kohdalla tarpeen mukaan.

9. Kaynnista prosessointimoduuli. Alustuksen aikana bulkkinesterobotit palaavat alkuasemaansa
laitteen takaosassa.

10.Kun alustus on valmis, valintaikkuna tulee nakyviin. Valitse onnistuneesti vaihdetut
bulkkinesterobotin anturit ja napsauta sitten Done (Valmis). Tai jos et vaihtanut yhtdan ruiskua,
napsauta None were replaced (Yhtaan ei vaihdettu) -painiketta.

11.Voidaksesi tarkistaa, etta uudet bulkkinesterobottianturit on asennettu oikein, suorita testikudosten
tai kontrollikudosten ajo varmistaaksesi, etté asianmukainen varjays saavutetaan.

©

12.13 Ruiskut

BOND-ohjelmisto ilmoittaa ruiskun (BOND-MAX) tai ruiskujen (BOND-III) vaihtamisen tarpeesta
joka kuudes kuukausi tai 7 800 prosessoidun leikkeen jélkeen, kumpi tahansa tapahtuu ensin (ks.
5.1.2 - Laitteiston tila). —

)

Tarkista ruiskut silmamaaraisesti, erityisesti ruiskun ylaosa ja mannan alapuoli, vuotojen varalta
kerran viikossa alustuksen aikana tai puhtaan fluidistorijarjestelméan ajon aikana (ks. 12.5 - Kdynnista
prosessointimoduuli uudelleen). Tarkista lisaksi liitetyt letku ja liittimet. Vaihda, jos vuotoja ilmenee.

Jos haluat, etta Leica Biosystemsin huoltoinsinédri vaihtaa ruiskut, ota yhteyttd asiakastukeen. Muussa
tapauksessa voit vaihtaa ruiskun (ruiskut) alla kuvatulla tavalla.

Kaytd aina suojavaatteita ja kasineita.

=
(—7

3

- -

« 12.13.1 - BOND-III-ruiskujen vaihtaminen
o 12.13.2 -9 portin BOND-MAX-ruiskun vaihtaminen

12.13.1 BOND-III-ruiskujen vaihtaminen

Vaihda kaikki ruiskut samaan aikaan, paitsi silloin, jos joudut vaihtamaan yhden viallisen ruiskun pian
vaihdon jalkeen.

1. Varmista, etta prosessointimoduuli on vapaa (ei ladattuja tai aikataulutettuja ajoja).

2. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nakyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

3. Napsauta Maintenance (Huolto) -valilehtea ja napsauta sitten Replace syringe (Vaihda
ruisku) -painiketta.
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4. Lue ohjeet ja napsauta Yes (Kylla).
Prosessointimoduuli poistaa nesteen kaikista ruiskuista ja asettaa ne paikalleen vaihtoa varten (tdma

\ls
voi kestaa jopa 10 minuuttia). Odota, ettd prosessointimoduulin yhteys katkaistaan T ja
sammuta se. Ald sammuta ohjainta (tai BOND-ADVANCE-paatettd).

C Varmista, etta prosessointimoduuli on pois paalta ennen kuin jatkat.

5. Ruuvaa auki nelja kuusiokoloruuvia, joilla ruiskumoduulin suojus on kiinnitetty, kayttaen
toimitukseen sisaltyvaa 3mm:n kuusioavainta. Poista suojus.

6. LOysaa jokaisen ruiskun puristimen pyallettya ruuvia ja laske puristin alas.

7. Kayta laitteen mukana toimitettua 2.5 mm:n kuusiokoloavainta mannan lukitusruuvin poistamiseksi
mannan pohjasta.

Figure 12-18: Kierréd mannan lukitusruuvi auki kuusioavaimella

Joissakin malleissa on pyalletty ruuvi kuusiokoloruuvin sijaan.

8. Kierra ruiskun runko irti venttiilista. Irrota ruisku ja puristin laitteesta.

9. Aseta uusi ruisku puristimeen.

10. Aseta ruisku ja puristin laitteeseen — ruuvaa ruisku venttiiliin.

11. Aseta mannan lukitusruuvi takaisin paikalleen ja kirista.

12. Nosta puristin ruiskun yldosaan ja kirista pyalletty ruuvi.

13. Aseta ruiskumoduulin suojus takaisin ja kiinnita se neljalla kuusiokoloruuvilla.

14.Valitse valintaikkunassa onnistuneesti vaihdetut ruiskut ja napsauta sitten Done (Valmis). Tai jos et
vaihtanut yhtaan ruiskua, napsauta None were replaced (Yhtaan ei vaihdettu) -painiketta.

15.Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen.

16. Tarkista mahdolliset vuodot, kun prosessointimoduulia alustetaan, erityisesti ruiskujen ylapaissa ja
mantien alla. Ilmoita kaikki vuodot asiakastukeen.

17.Voidaksesi tarkistaa, etté uudet ruiskut on asennettu oikein, suorita testikudosten tai
kontrollikudosten ajo varmistaaksesi, etta asianmukainen varjays saavutetaan.
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12.13.2 9 portin BOND-MAX-ruiskun vaihtaminen

1. Varmista, ettd prosessointimoduuli on vapaa (ei ladattuja tai aikataulutettuja ajoja).

2. Valitse kliinisessa asiakkaassa prosessointimoduulin valilehti, jotta nakyviin tulee System status
(Jarjestelman tila) -naytto.

3. Napsauta Maintenance (Huolto) -valilehtea ja napsauta sitten Replace syringe (Vaihda
ruisku) -painiketta.

4. Lue ohjeet ja napsauta Yes (Kylla).
Prosessointimoduuli poistaa nesteen ruiskusta ja asettaa sen paikalleen vaihtamista varten. Odota,

\ls

etta prosessointimoduulin yhteys katkaistaan L»- ja sammuta se. Ald sammuta ohjainta (tai
BOND-ADVANCE-paatetta).

2 Varmista, ettd prosessointimoduuli on pois paaltd ennen kuin jatkat.

5. L&ysaa ruiskun puristimen pyallettya ruuvia ja laske puristin alas.
6. Kayta kuusioavainta mannan lukitusruuvin poistamiseksi mannan pohjasta.

Figure 12-19: Kierréa mannan lukitusruuvi auki kuusioavaimella
Joissakin malleissa on pyalletty ruuvi kuusiokoloruuvin sijasta.

7. Kierra ruiskun runko irti venttiilista. Irrota ruisku ja puristin laitteesta.

8. Aseta uusi ruisku puristimeen.

9. Aseta ruisku ja puristin laitteeseen — ruuvaa ruisku venttiiliin.

10. Aseta mannan lukitusruuvi takaisin paikalleen ja kirista.

11. Nosta puristin ruiskun yldosaan ja kirista pyalletty ruuvi.

12. Napsauta valintaikkunassa Yes (Kylla) varmistaaksesi, etta olet vaihtanut ruiskun onnistuneesti.
13. Kaynnista prosessointimoduuli uudelleen.

14. Tarkista mahdolliset vuodot, kun prosessointimoduulia alustetaan, erityisesti ruiskun ylapaassa ja
mannan alla. Ilmoita kaikki vuodot asiakastukeen.

15. Voidaksesi tarkistaa, etta uusi ruisku on asennettu oikein, suorita testikudosten tai kontrollikudosten
ajo varmistaaksesi, etta asianmukainen varjays saavutetaan.
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12.14 Virtalahteen sulakkeet

Kaikissa BOND-III- ja BOND-MAX-laitteissa on kaksi virtasulaketta ja kaksi kuumentimen sulaketta
sulakkeiden luokituksen vaihdellessa verkkovirtalahteen mukaan. Sulakkeet sijaitsevat takakannessa (ks.
2.2.13 - Takasuojus).

BOND-III kayttaa seuraavia sulakkeita:

Sulake Kuvaus 100-240 VAC -syotto
F1 Kuumentimen virtalahde | 3AG T8A 250 V UL
F2 Jarjestelman virtaldhde | 3AG T8A 250V UL

F3 AC Verkkovirta 3AGT15A 250V UL
(neutraali)

F4 AC Verkkovirta 3AGT15A 250V UL
(aktiivinen)

BOND-MAX-prosessointimoduulit kdyttavat yhta kahdesta eri virtalahteesta. Ne voidaan tunnistaa
takakannessa olevien puhallinten maarasta — uusissa virtaldhteiden malleissa on kaksi tuuletinta, kun taas
vanhemmissa virtalahteissa on yksi tuuletin. Myds vaihtosulakkeen tekniset tiedot on painettu takakanteen.

BOND-MAX-prosessointimoduulit uusilla virtaldhteilla (kaksi tuuletinta):

Sulake Kuvaus 100-240 VAC -syotto

F1 AC Verkkovirta 3AGT15A 250V UL
(aktiivinen)

F2 AC Verkkovirta 3AGT15A 250V UL
(neutraali)

F3 24 V:n kuumentimen 3AGT8A 250 V UL
syotto

F4 24 VDC virtalahde 3AG T8A 250 V UL

BOND-MAX-prosessointimoduulit vanhoilla virtaldhteilla (yksi tuuletin takakannessa):

Sulake Kuvaus 100-240 VAC -syotto 100-240 VAC -syotto

F1 AC Verkkovirta 3AG T15A 250 V UL 3AG T8A 250 V UL
(aktiivinen)

F2 AC Verkkovirta 3AGT15A 250V UL 3AG T8A 250 V UL
(neutraali)

F3 24 VDC kuumentimen 3AG T8A 250 V UL 3AG T5A 250 V UL
syotto

F4 24 VDC virtaldhde 3AG T8A 250 V UL 3AG T5A 250 V UL
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Al3 ohita tai oikosulje sulakkeita.
Sammuta laite ja irrota virtajohto ennen sulakkeiden vaihtamista.

Kayta sulakkeiden vaihtamisessa vain vakio-osia ja jos sulakkeet palavat toistuvasti,
ota yhteys asiakastukeen.

Sulakkeet vaihdetaan seuraavasti:

1. Sammuta prosessointimoduuli.

Sammuta verkkovirtaldhde ja irrota verkkovirtalahde pistorasiasta.

Kierra sulakkeen kansi auki.

Veda sulakekansi ulos ja vaihda sulake. Varmista, etta uudella sulakkeella on oikeat tekniset

maaritykset.

5. Tydnné sulakkeen kansi sisdén ja lukitse sulake paikalleen kiertdmalla myotapaivaan. Ala kiristd
liikaa.

HwWnN
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13.1  Kasikayttoiset viivakoodiskannerit

13.1.1  Symbol-viivakoodiskanneri

Na@ma ohjeet koskevat vain vanhempaa Symbol-viivakoodiskanneria. Jos sinulla on uudempi Honeywell-
viivakoodiskanneri, ks. 13.1.2 - Honeywell-viivakoodiskanneri.

Puhdista kasikayttdinen skanneri viikoittain:

« Al anna hankaavan materiaalin koskettaa ikkunaa
« Al suihkuta vetta tai muita puhdistusaineita suoraan ikkunaan
« Skannerin kuminokkaa ei saa irrottaa.

Puhdista skanneri seuraavasti:

1. Irrota skanneri ensin ohjaimesta tai paatteesta.
2. Poista likahiukkaset kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

3. Puhdista ikkuna nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 70-prosenttisella alkoholiliuoksella.

Laservaara.
Kasikayttdinen viivakoodiskanneri sisdltaa laserlaitteen, joka voi aiheuttaa vakavia
silmavaurioita.

Skannerin ikkunaan ei saa katsoa sen ollessa paalla.
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13.1.1.1  Symbol-viivakoodiskannerin maarittdminen

Jos haluat alustaa Symbol-viivakoodiskannerin (USB) uudelleen, tulosta tasta sivusta korkealaatuinen
paperikopio ja skannaa kukin seuraavista viivakoodeista vuorollaan.

Skannaus 1: Aseta kaikki oletusarvot

Skannaus 2: Ota koodi 128 kayttédn

Skannaus 3: Skannausasetukset

Skannaus 4: <DATA><SUFFIX>

Skannaus 5: Enter

Kuva 13-1: Viivakoodien skannaussekvenssi Symbol-skannerin maarittamiseen
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13.1.1.2  Aanimerkin asettaminen

Jos haluat asettaa Symbol-viivakoodiskannerin danimerkin danenvoimakkuuden, tulosta tasta sivusta

korkealaatuinen paperikopio ja skannaa haluttuun danenvoimakkuuteen kuuluva viivakoodi.

Matala adnenvoimakkuus

Keskitason aanenvoimakkuus

Korkea danenvoimakkuus

Kuva 13-2: Adnimerkin danenvoimakkuuden viivakoodit Symbol-skannerille
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13.1.2  Honeywell-viivakoodiskanneri

0 Nama ohjeet koskevat vain uudempaa Honeywell-viivakoodiskanneria. Jos sinulla on vanhempi Symbol-
viivakoodiskanneri, ks. 13.1.1 - Symbol-viivakoodiskanneri.

Puhdista kasikayttéinen skanneri viikoittain:

« Al3d anna hankaavan materiaalin koskettaa ikkunaa

« Al3 suihkuta vetts tai muita puhdistusaineita suoraan ikkunaan
Puhdista skanneri seuraavasti:

« Irrota skanneri ensin ohjaimesta tai paatteesta.
« Poista likahiukkaset vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.
« Puhdista ikkuna nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 70-prosenttisella alkoholiliuoksella.

Jos kasikayttdinen viivakoodiskanneri ei toimi oikein, huoltohenkildstdsi voi pyytaa sen alustamista
uudelleen. Voit myds saatda skannerin danimerkin adnenvoimakkuutta.

13.1.2.1  Honeywell-viivakoodiskannerin maarittdminen

Voit alustaa Honeywell-viivakoodiskannerin (USB) uudelleen tulostamalla tasta sivusta korkealaatuisen
paperikopion ja skannaamalla viivakoodit alla olevassa jarjestyksessa:

Skannaus 1: Poista mukautetut oletusasetukset

Skannaus 2:Aktivoi oletusasetukset

i1."1

Skannaus 3:Honeywell-skannerin maarittdminen

Kuva 13-3: Viivakoodit skannerin maarittamiseen

290 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 BOND 6.0 -kdyttdopas (EI USA ja Kiina), versio A05



13. Puhdistus ja huolto (sekalaiset)

13.1.2.2  Aanimerkin asettaminen

Jos haluat asettaa Honeywell-viivakoodiskannerin adnimerkin danenvoimakkuuden, tulosta tasta sivusta
korkealaatuinen paperikopio ja skannaa haluttuun danenvoimakkuuteen kuuluva viivakoodi.

Matala adnenvoimakkuus

Keskitason aanenvoimakkuus

Korkea danenvoimakkuus

Asnimerkki pois paalts

Kuva 13-4: Adnimerkin 4anenvoimakkuuden viivakoodit Honeywell-skannerille
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13.1.2.3 Hands free -kaytdn maarittaminen

Kun skanneri on sijoitettu jalustaan, se on yleensa hands free -tilassa eika sinun tarvitse painaa liipaisinta
viivakoodeja luettaessa.

Jos haluat asettaa Honeywell-viivakoodinlukijan hands free -kdyton ON- tai OFF-tilaan, tulosta tasta sivusta
korkealaatuinen paperikopio ja skannaa haluttuun toimintoon kuuluva viivakoodi.

Hands free -kéyttd PAALLA

Hands free -kéyttd POIS PAALTA

Kuva 13-5: Hands free -kayton viivakoodit Honeywell-lukijalle
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13. Puhdistus ja huolto (sekalaiset)

13.1.3  Zebra DS2208-kasikayttdinen viivakoodiskanneri

0 Nama ohjeet koskevat vain mybhempaa Zebra-viivakoodinlukijaa.Jos sinulla on vanhempi Symbol-
viivakoodinlukija, katso 13.1.1 - Symbol-viivakoodiskanneri. Jos sinulla on Honeywellin-viivakoodilukija,
katso 13.1.2 - Honeywell-viivakoodiskanneri.

Puhdista kasikayttdinen skanneri viikoittain:
« Ala anna hankaavan materiaalin koskettaa ikkunaa
« Al3 suihkuta vettd tai muita puhdistusaineita suoraan ikkunaan

Puhdista skanneri seuraavasti:

« Irrota skanneri ensin ohjaimesta tai paatteesta.
« Poista likahiukkaset vedella kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.
« Puhdista ikkuna nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 70-prosenttisella alkoholiliuoksella.

Jos kasikayttoinen viivakoodiskanneri ei toimi oikein, huoltohenkildstosi voi pyytaa sen alustamista
uudelleen. Voit my0s sadtaa skannerin adnimerkin danenvoimakkuutta.
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13. Puhdistus ja huolto (sekalaiset)

13.1.3.1 Zebra-viivakoodiskannerin maarittdminen

Jos haluat alustaa Zebra-viivakoodiskannerin (USB) uudelleen, tulosta tasta sivusta korkealaatuinen
paperikopio ja skannaa kukin seuraavista viivakoodeista vuorollaan.

Kuva 13-6: Viivakoodin skannausjarjestys Zebra-skannerin kokoonpanoa varten

Skannaus 1: Aseta kaikki oletusarvot

Skannaus 2: Ota koodi 128 kayttdon

Skannaus 3: Skannausasetukset

Skannaus 4: <DATA><SUFFIX>

Skannaus 5: Enter

EARREA T

Skannaus 6: Konfiguroi koodi 128
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13. Puhdistus ja huolto (sekalaiset)

13.1.3.2  Aanimerkin asettaminen

Jos haluat asettaa Zebra-viivakoodiskannerin danimerkin danenvoimakkuuden, tulosta tasta sivusta
korkealaatuinen paperikopio ja skannaa haluttuun danenvoimakkuuteen kuuluva viivakoodi.

Kuva 13-7: Aanimerkkien d3anenvoimakkuuden viivakoodit Zebra-skannerille

Matala aanenvoimakkuus

Keskitason aanenvoimakkuus

Korkea danenvoimakkuus
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13. Puhdistus ja huolto (sekalaiset)

13.1.3.3 Hands free -kaytdn maarittaminen

Kun skanneri on sijoitettu jalustaan, se on yleensa hands free -tilassa eika sinun tarvitse painaa liipaisinta
viivakoodeja luettaessa.

Jos haluat asettaa Zebra-viivakoodinlukijan hands free -kayton ON- tai OFF-tilaan, tulosta tasta sivusta
korkealaatuinen paperikopio ja skannaa haluttuun toimintoon kuuluva viivakoodi.

Kuva 13-8: Hands-free-kdyttoiset viivakoodit Zebra-skannerille

MW

Hands free -kéyttd PAALLA

Hands free -kéytté POIS PAALTA

13.2 Leikkeen merkintalaite

Leikkeen merkintdlaitteen mukana toimitetaan kayttoohjeet. Saat naista ohjeista lisatietoja laitteen
puhdistamisesta seka tarrojen ja tulostusnauhan lataamisesta. Puhdista kuukausittain.
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14. BOND-reagenssien kaytto

Tassa luvussa on yleista tietoa kudosvarjayksen tieteellisista ja kliinisistd nakékohdista BOND-
jarjestelmassa.

« 14.1 - Menettelyn periaate

« 14.2 - Naytteen valmistelu

o 14.3 - Laadunvalvonta

« 14.4 - Varjayksen tulkinta

« 14.5 - Yleiset rajoitukset

« 1.1 - Merkint&jen symboleiden merkitykset

o 14.6 - Viitteet

14.1 Menettelyn periaate

Tassa osassa on yleinen johdanto IHC:lle ja ISH:lle. Siind kuvataan myds BOND-detektiojarjestelmia ja
teranostisia jarjestelmia.

« 14.1.1 - BONDDetektiojdrjestelmat
« 14.1.2 - Teranostiset jarjestelmat

Immunohistokemia (IHC)

Immunohistokemiallisia tekniikoita on kaytetty spesifien antigeenien havaitsemiseen soluissa tai kudoksissa
jo vahintadn 50 vuoden ajan. Ensimmaisessa raportoidussa menetelmassa kaytettiin fluoresoivia merkintdja
vuonna 1941 1. Téman jalkeen otettiin kdyttdon entsyymit, kuten peroksidaasi 2. Nyky&an
immunohistokemiaa kaytetdaan helpottamaan solujen tunnistamista yhdesséa H- ja E-parafiinivarjaysrutiinien
kanssa, ja siita on apua normaalien ja epanormaalien solujen tunnistamisessa. Immunohistokemialliset
menetelmat ovat muuttuneet "hoitostandardiksi” kirurgisessa patologiassa silloin, kun perinteiset
menetelmét yksin eivat tuota lopullista diagnoosia 3. Menetelmé&ssa on kuitenkin ollut joitakin
toistettavuuteen liittyvia varauksia °, huolimatta sen l3hes maailmanlaajuisesta kaytosta.

Automaattisen BOND-jarjestelman reagenssit osoittavat antigeenien olemassaolon kudoslohkoissa
immunohistokemiallisilla tekniikoilla. Yhteenvetona voidaan mainita, etta spesifi primaarivasta-aine sitoutuu
lohkoon, jonka jalkeen BOND-detektiojarjestelmén reagenssit visualisoivat kompleksin.

Diagnostinen “markkeri” on reagenssi, jota kdytetdan spesifin antigeenin tai DNA/RNA-sidoskohdan
havaitsemiseen kudosndytteessa. Markkeri on IHC:ssa primaarivasta-aine, ja ISH:ssa anturi (katso alla).

In situ -hybridisaatio (ISH)

Molekyylibiologiset tekniikat ovat edistaneet suuresti sairauksien ymmartamista. In situ -hybridisaatiossa
yhdistyy seka molekyylibiologia etté histologia, mikd mahdollistaa DNA:n tai RNA:n visualisoinnin niiden
solukonteksteissa. Sen jalkeen, kun nukleiinihappodetektio otettiin ensimmaisen kerran kayttéon vuonna
1969 6, in situ -hybridisaatioprotokollien kehittyminen on tehnyt siit4 yha arvokkaamman tyokalun
kliinisessa patologiassa ja tutkimuksessa.
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14. BOND-reagenssien kaytto

In situ -hybridisaatiossa kdytetadn DNA:n tai RNA:n nukleotidiemadsten taydentavia sidoksia. Merkitty
nukleiinihappoanturi sitoutuu kiintedssa kudos- tai solundytteessa erityisesti sen tdydentavaan sekvenssiin.
Anturi visualisoidaan vasta-ainetta kayttden BOND-polymeeritunnistusreagenssien seuraamaa merkintaa
vasten. Automaattinen BOND-jarjestelma ja reagenssit tarjoavat luotettavan ja tehokkaan vaihtoehdon
hankalalle manuaaliselle tekniikalle.

14.1.1 BONDDetektiojarjestelmat

Leica Biosystems tarjoaa valikoiman detektiojarjestelmia, jotka on kehitetty erityisesti BOND-jarjestelmalle.
Ensisijalla ndiden joukossa on BOND Polymer Refine Detection™ -jarjestelma, jolla saadaan intensiiviset
varjdystulokset ja tarkkapiirtoiset maaritelmat ilman streptavidiinin ja biotiinin kayttda.

Kaytettavissa olevat BOND-detektiojarjestelmat on lueteltu alla olevissa osioissa.
« 14.1.1.1 - BOND Polymer Refine Detection

« 14.1.1.2 - BOND Polymer Refine Red Detection
« 14.1.1.3 - BOND-streptavidiini-biotiini-detektio (DAB)

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

BOND-polymeeriin perustuva DAB-pohjainen jarjestelma BOND Polymer Refine Detection, antaa
intensiiviset varjaystulokset seka tarkkapiirtoisen maarityksen kohdeantigeeniin sitoutuvasta vasta-aineesta
tai nukleiinihappoon sitoutuvasta anturista. Jarjestelmassa ei kayteta streptavidiinia tai biotiinia ja siksi silla
valtetdan endogeenisen biotiinin aiheuttama ei-spesifinen varjdys. Endogeeninen biotiini on vallitseva
joissakin kudoksissa, kuten ruoansulatuskanavassa, munuaisissa, maksassa ja rintakarsinoomassa. BOND -
polymeerin detektiojarjestelmat ovat herkempia kuin streptavidiini-biotiinijarjestelmat, minka johdosta
vasta-ainepitoisuudet ovat alhaisempia ja suoritusajat lyhempia.

Naissa detektiojérjestelmissa kaytetyt vaiheet ovat:

1. Inkubointi vetyperoksidilla.

2. Spesifin primaarivasta-aineen kaytto (IHC:ssa) tai anturin ja yhdistdvan primaarivasta-aineen kayttd
(ISH:ssa).

3. Inkubointi yhdistavalla toissijaisella vasta-aineella (primaarivaiheen jalkeen).

4. Inkubointi polymeerireagenssilla, joka sisaltaa polymeerisen piparjuuriperoksidaasin (HRP)
tertiadrisia vasta-ainekonjugaatteja.

5. Kompleksin visualisointi DAB:lla.

6. Hematoksyliini-vastavarjays mahdollistaa solujen tuman havaitsemisen.

Tulosten inkubointi, pesu ja tulkinta suoritetaan, kuten on kuvattu merkityissa BOND-streptavidiini-biotiini-
detektiojarjestelmissa.

Jos halutaan voimakkaampi intensiteetti, seuraavat vaihtoehdot ovat kaytettavissa kaikille BOND-
polymeeridetektiojarjestelmille:

i. Inkubaatioaikojen lisdaminen primaarivasta-aineen tai anturin ja/tai detektiojérjestelman
komponenteille.
ii. BOND DAB Enhancer -vahvennevaiheen kdyttdminen. Huomaa, etta pelkka vahvenne ei lisaa
varjayksen intensiteettid samalla tavalla kuin Intense R -detektiojarjestelmalla saatu intensiteetti.
iii. Primaarivasta-ainepitoisuuden liséaminen, vain IHC:ssa.
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14. BOND-reagenssien kaytt6

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

Kaytettavissa on yksi Red Detecion -detektiojarjestelma: BOND Polymer Refine Red Detection™. Silla on
samat edut kuin edella kuvatuilla DAB-pohjaisilla polymeeridetektiojarjestelmilld, mutta visualisointiin
kaytetadn Fast Red -kromogeenia DAB:n sijaan. Jarjestelma sopii kdytettavaksi ihon tapaisissa kudoksissa,
joissa kudospigmentteja voidaan erheellisesti pitad DAB:na.

BOND Polymer Refine Red Detection System on erittdin herkka Compact Polymer™ -jarjestelma, johon
kuuluu alkaliseen fosfataasiin perustuva kirkkaan fuksianpunainen immunovarjays seka hematoksyliini-
vastavarjays (mukaan lukien sinivarjays).

Fast Red -kromogeeni on kemiallisesti epastabiili normaaleissa laboratorio-olosuhteissa. Noudata tarkasti
BOND Polyme Refine Red Detection -jarjestelman kayttoohjeita kromogeenin tehokkuuden yllapitdmiseksi.
Aseta aina kontrollikudos samalle leikkeelle kuin potilaskudos, jotta jarjestelm&n mahdollinen
heikkeneminen voidaan havaita nopeasti.

Leica CV Ultra Mounting Media -aineita suositellaan kaytettdvaksi yhdessa BOND Polymer Refine Red
Detection -jarjestelman kanssa. Muut kiinnitysaineet eivat valttamatta sadilyta varjayksen alkuperaista
intensiteettia.

BOND Polymer Refine Red Detection -jarjestelman vaiheet ovat seuraavat:

1. Spesifin primaarivasta-aineen kayttaminen.

2. Inkubointi reagenssilla primaarivaiheen jalkeen.

3. Inkubointi polymeerireagenssilla, joka sisdltda polymeerisen alkalisen fosfataasin tertidarisia vasta-
ainekonjugaatteja.

4. Kompleksin visualisointi substraattikromogeenilla Fast Red, punaisen saostuman avulla.

5. Hematoksyliini-vastavarjays mahdollistaa solujen tuman havaitsemisen.

Tulosten inkubointi, pesu ja tulkinta suoritetaan, kuten on kuvattu merkityssa BOND-streptavidiini-biotiini-
detektiojarjestelmassa.

14.1.1.3 BOND-streptavidiini-biotiini-detektio (DAB)

Tassa luokassa on yksi detektiojarjestelmd: BOND Intense R Detection.

Tama DAB-pohjainen detektiojarjestelma toimii seuraavasti:

1. Inkubointi vetyperoksidilla endogeenisen peroksidaasiaktiivisuuden vaimentamiseksi.

2. Spesifin primaarivasta-aineen kayttdminen.

3. Vasta-aine on kayttajan toimittamassa biotiinikonjugoidussa sekundaarivasta-aineformulaatiossa,
joka tunnistaa niiden primaarivasta-aineet.

4, Lisataan streptavidiini-entsyymikonjugaatti, joka sitoutuu toissijaisen vasta-aineen biotiiniin.

5. Kompleksin visualisointi substraattikromogeenilla (3,3'-diaminobentsidiini tai DAB), jonka
entsyymituote on ruskea saostuma.

6. Hematoksyliini-vastavarjays mahdollistaa solujen tuman havaitsemisen.

Jokaisessa vaiheessa BOND-jarjestelma inkuboi lohkoja tarkan ajan ja pesee sitten lohkot sitoutumattoman
aineksen poistamiseksi. Tulokset tulkitaan optisella valomikroskoopilla ja niitd kdytetdan apuna patologisten
prosessien differentiaalidiagnoosissa, jotka voivat olla tai eivat ole yhteydessa tiettyyn antigeeniin.
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14. BOND-reagenssien kaytto

14.1.2  Teranostiset jarjestelmat

Sydvan heterogeenisen luonteen ja sydpasolujen luontaisen genomiepavakauden vuoksi potilasvaste
laajavaikutteisille sydpalagkkeille on usein suboptimaalinen. Nailla Idakkeilld on usein vakavia
sivuvaikutuksia, jotka huonontavat potilaan eldmanlaatua ja voivat myos asettaa potilaan alttiiksi vakaville
laakkeiden haittavaikutuksille. Monet kehittyvat sydpahoidot puolestaan keskittyvat spesifeihin
biomarkkereihin. Naiden kohdennettujen hoitojen kehittymiselld on ollut merkittédva vaikutus
patologiapohjaiseen diagnostiseen testaukseen. Naita erityisia diagnostisia testeja kutsutaan nimella
"teranostiset testit" ja ne auttavat tunnistamaan tietyista hoidosta todennakdisimmin hyotyvat potilaat:

Teranostinen jarjestelma = terapia + diagnoosi

Jokainen laite on taydellinen jarjestelma kohdeproteiinin tai -geenin lasndolon maarittdmiseen, josta
voidaan paatelld kohdennetun hoidon soveltuvuus. Leican teranostiset analyysit toimitetaan kokonaisina,
optimoituina jarjestelmina kayttdvalmiilla vasta-aineilla tai antureilla, detektioreagensseilla,
kontrollireagensseilla ja joissakin tapauksissa kontrollileikkeilld, joilla taataan diagnostisen tuloksen
taydellisen laadunvarmistus. Laitteet perustuvat joko IHC- tai ISH-menetelmiin, ja ne ovat asianmukaisten
alueellisten sadntelyelinten hyvaksymia kaytettaviksi sellaisten potilaiden tunnistamiseen, joille hoitoa
voidaan harkita.

6 Jokaisen teranostisen jarjestelman mukana toimitetaan taydelliset kayttdohjeet. Kayta naita ohjeita
teranostisten ajojen maarittdmiseen. Teranostisen testauksen luonteesta johtuen on erittdin tarkeaa, etta
ndita ohjeita noudatetaan tarkasti, jotta testi ei mitatoityisi.

14.2  Naytteen valmistelu

Tassa osassa kasitelladn kudoksen valmistelua varjaykseen.

o 14.2.1 - Tarvittavat materiaalit

e 14.2.2 - Kudoksen valmistelu

« 14.2.3 - Parafiinin poisto ja sintraus
« 14.2.4 - Epitooppien talteenotto

14.2.1  Tarvittavat materiaalit

Seuraavat materiaalit tarvitaan BOND-jarjestelmassa suoritettaviin immunohistokemiallisiin ja in situ -
hybridisaatiovarjayksiin.
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14. BOND-reagenssien kaytt6

14.2.1.1 Yleiset materiaalit

« Kiinnitysaine — suositellaan 10-prosenttista neutraalia puskuroitua formaliinia
« Parafiinivaha

« Kudosprosessori ja valamiskeskus

« Positiiviset ja negatiiviset kudoskontrollit (ks. 14.3 - Laadunvalvonta)

« Mikrotomi

« Ladatut mikroskooppileikkeet (esim. Leica BOND Plus -leikkeet)

« Kuivausuuni

« Alkoholi (reagenssilaatu*)

« BOND Dewax Solution -parafiinin poistoliuos

« Deionisoitu vesi

« BOND Enzyme Pretreatment Kit -pakkaus

« BOND Slide Labels ja Printer Ribbon

« BOND Universal Covertile -laatat

« Pesuliuos (valmistettu BOND Wash Solution -liuoksesta, 10X konsentraatio)
« Asianmukainen BOND-reagenssijarjestelma

« Kiinnitysaine, resiinipohjainen tai vesipohjainen

« Peiteliuskat

*Reagenssilaatuinen alkoholi tarkoittaa seuraavia: Etanoli, vahintaén 90 % (massaosuus); isopropanoli,
enintdan 5 % (massaosuus); metanoli, enintdan 5 % (massaosuus).

14.2.1.2 IHC-materiaalit

Ylla lueteltujen materiaalien liséksi IHC-testeissa tarvitaan seuraavia:

« Primaarisiin vasta-aineisiin spesifiset negatiiviset kontrollireagenssit (ks. 14.3 - Laadunvalvonta)

« BOND BOND Epitope Retrieval Solution 1

« BOND BOND Epitope Retrieval Solution 2

« Kayttévalmiit BOND-primaarivasta-aineet tai primaarivasta-aineet laimennettuina BOND Primary
Antibody Diluent -laimentimella BOND avoimissa sailidissa, 7 ml tai 30 ml

« Kiinnitysaine, resiinipohjainen tai vesipohjainen

« Titrausvdlineet, valinnainen (ks. 14.2.1.4 - Titrausvalineet)

14.2.1.3 ISH-materiaalit

Yll4 lueteltujen materiaalien lisaksi ISH-testeissa tarvitaan seuraavia:

« ISH-anturit
« Fluoreseiinivasta-aine
« ISH-spesifiset positiiviset ja negatiiviset kontrollianturit (ks. 14.3 - Laadunvalvonta)

14.2.1.4 Titrausvalineet

BOND-titrausvalinepakkauksessa on 10 tyhjaa astiaa ja 50 inserttid (6 ml) ja sita kdytetaan primaarivasta-
aineiden pitoisuuden optimointiin BOND-jarjestelmdssa. Pienia maaria kutakin primaarivasta-ainepitoisuutta
voidaan valmistaa ja asettaa insertteihin. Jokaiseen astiaan mahtuu yhteensa 40 ml reagenssia.
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14. BOND-reagenssien kaytto

Konsentroitujen vasta-aineiden titraus voidaan toteuttaa perdkkaisilla kaksivaiheisilla laimennuksilla.
Seuraavassa menetelmassa kuvataan perakkaisten laimennusten yhden pl:n annoksen valmistelu. Kunkin
titrausastian inserttiin jaa jonkin verran laimennettua vasta-ainetta. BOND-jarjestelma on mitannut tdman
maaran, ja sita voidaan kayttaa tarvittaessa mydhemmin optimointiprotokollissa.

1. Merkitse kullekin vasta-aineelle kolme inserttia, joissa on asianmukaiset laimennukset.
Tee aloituslaimennus ensimmaiselle 1 ml:n insertille.

Annostele 500 pl:a BOND Primary Antibody Diluent -laimenninta insertteihin 2 ja 3.
Siirré alkulaimennuksesta 500 pl:a inserttiin 2 ja sekoita varovasti.

Siirra 500 pl:a insertista 2 inserttiin 3 ja sekoita varovasti.

A

14.2.2  Kudoksen valmistelu

Suosittelemme, ettd kaytat kudoksen kiinnittdmiseen kudoksen maaraan verrattuna 15-20-kertaista
maaraa 10-prosenttista neutraalipuskuroitua formaliinia immunohistokemiallisessa ja in situ -
hybridisaatiovarjayksessa BOND-jarjestelmassa. Kiinnitys voidaan tehda huoneenldammassa (15-25 °C).

HER2-testausta varten ks. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologsts -kudosten
valmistelusuositukset 19 tai tutustu paikallisiin ohjeisiin ja maarayksiin.

Kudoksen leikkaamisen helpottamiseksi ja mikrotomin terien vaurioitumisen valttamiseksi poista kalkki
luukudoksista ennen kudoksen prosessointia 11/12,

Vuoden 1988 US Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA) -laki vaatii liittovaltioiden 42 sadaddksen (CFR)
kohdassa 493.1259(b) etta "Laboratorion on sdilytettéva varjattyja leikkeitd vahintdan kymmenen vuotta
tutkimuksen paivamaarasts ja naytelohkoja vahintaan kaksi vuotta tutkimuksen paivamaarasta." 13 Katso
laitostasi koskevat vaatimukset paikallisista saannéksista.

Leikkaa ja aseta 3—-5 pm:n paksuisia lohkoja ladatulle lasileikkeelle (jotkut tietyt kudostyypit saattavat vaatia
erilaisia lohkon paksuuksia). Jos haluat kuivata kudoksen, aseta hyvin dreenatut leikkeet 60 °C:een (£5 °C)
uuniin 10-30 minuutin ajaksi tai yon yli 37 °C:een. Leikkeet voidaan myds sintrata BOND-III- ja BOND-MAX-
prosessointimoduuleissa. Leikkeiden on oltava hyvin ilmakuivattuja ennen sintrausta. Katso lisatietoja
naytteiden valmistelusta viitekohdista 13, 14 ja 15.

Kiinnita leikkeiden merkinnat nayte- ja kontrollileikkeisiin kohdassa 4 - Pika-aloitus kuvatulla tavalla.
Parafiinin poisto, rehydraatio ja epitoopin talteenotto ovat taysin automaattisia BOND-jarjestelmassa.

14.2.3  Parafiinin poisto ja sintraus

Immunohistokemiassa parafiiniin upotetuista kudoslohkoista tulee ensin poistaa parafiini ja lohko tulee
rehydratoida. Parafiini poistetaan kayttamalla BOND Dewax Solution -liuosta ja lohkot rehydratoidaan.
BOND-jarjestelma sisaltaa parafiinin poistoprotokollat, joilla prosessi automatisoidaan.

Ennen parafiinin poistoa BOND-jérjestelma voi myds sintrata kudoksen, jotta se kiinnittyy leikkeeseen
mahdollisimman tiukasti. BOND-jarjestelman sintraus- ja parafiinin poistoprotokollat automatisoivat seka
sintrausprosessin etta parafiinin poistoprosessin.

Huomaa, etta kudos on ilmakuivattava veden poistamiseksi ennen kuin se asetetaan BOND-III- tai
BOND-MAX-prosessointimoduuliin sintrausta ja parafiinin poistoa varten.
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14.2.4  Epitooppien talteenotto

Kudoksen formaliinikiinnitys aiheuttaa kudoksen aldehydin ja aminoryhmien vélisen silloituksen ja ndiden
sidosten muodostuminen voi aiheuttaa vaihtelevan antigeenisyyden menetyksen maskausvaikutuksesta
johtuen. Formaliini muodostaa metyleenisiltoja, jotka voivat muuttaa epitoopin yleista kolmiulotteista
muotoa. Jotkut epitoopit ovat formaliiniherkkia ja osoittavat véhentynyttd immunoreaktiivisuutta
formaliinikiinnityksen jalkeen, kun taas toiset ovat formaliiniresistentteja.

Nukleiinihappoja ympardivat proteiinit, joten kudos taytyy tehda lapaisevaksi, jotta anturi padsee
kohdesekvensseihin.

Epitoopin talteenotto /-8 voidaan toteuttaa joko kayttamalla lampojohteista epitooppien talteenottoa
(HIER), entsyymien esikasittelya tai molempien yhdistelmaa. HIER on eniten kdytetty menetelma
epitooppien talteenottoon IHC:ssa. HIER-menetelmadn mekanismia ei ymmarreta taysin.

Hypoteesi on, etta epitoopin talteenottoliuoksessa olevan lohkon kuumentaminen korkeaan lampétilaan
hydrolysoi formaliinikiinnityksessa muodostuneet silloitukset. Tama johtaa epitoopin muuttumiseen
uudelleen, jolloin se voidaan varjata immunohistokemian avulla. HIER:n tarkeimmat tekijat ovat
talteenottoliuoksen Iampdtila, aika ja Ph. BOND-jarjestelmassa on kaytettévana kaksi erilaista epitooppien
talteenottoliuosta: sitraattipohjainen puskuri ja EDTA-pohjainen puskuri.

Entsyymien esikasittelyssa kdytetadn proteolyyttisia entsyymeja, joilla hajotetaan peptidisidokset
epitoopin/kohdenukleiinihapon paljastamiseksi. Entsyymipitoisuus ja inkubaatioaika ovat suhteessa
naytteen kiinnitysaikaan ja ne on optimoitava vastaavasti. Entsyymien esikasittely sopii vain joillekin
epitoopeille, mutta sita kaytetadn usein ISH-protokollissa.

14.3 Laadunvalvonta

Kudoksen prosessoinnin ja teknisten toimenpiteiden eroavaisuudet kayttdjan laboratoriossa voivat tuottaa
merkittdvia vaihteluita tuloksissa, jotka edellyttavat saanndllisia sisdisia kontrolleja seuraavien
toimenpiteiden lisdksi. Tutustu paikallisiin oppaisiin ja maarayksiin, ja tutustu my&s hyddylliseen
vaatimustenmukaisuuden kasikirjaan “CLIA Compliance Handbook: Essential Guide for the Clinical
Laboratory Second Edition” 22 ja seka ehdotettuihin NCCLS-ohjeisiin IHC:lle 14

Kontrollien tulee olla tuoreita ruumiinavaus-/biopsia-/kirurgisia naytteitd, jotka on kiinnitetty, prosessoitu ja
valettu mahdollisimman pian samalla tavalla kuin potilasndytteet. Tallaisessa kontrollissa seurataan
analyysin kaikkia vaiheita kudoksen valmistelusta varjdykseen.

Suosittelemme erityisesti asianmukaisen kontrollikudoksen asettamista samalle leikkeelle kuin potilaskudos.
Ks. lisdtietoja kohdasta 6.2 - Kontrollien kanssa tydskentely.

Katso:

« 14.3.1 - Analyysin todentaminen

o 14.3.2 - Kudoskontrollit

« 14.3.3 - Negatiivinen reagenssikontrolli IHC:lle
« 14.3.4 - Reagenssikontrollit ISH:lle

« 14.3.5 - Laadunvalvonnan edut
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14.3.1  Analyysin todentaminen

Ennen vasta-aineen, anturin tai varjaysjarjestelman ensimmaista kdyttéa diagnostisessa toimenpiteessa
varmista vasta-aineen/anturin spesifisyys testaamalla se talon omilla kudoksilla, joiden tiedetdan olevan
tunnettuja positiivisia ja negatiivisia kudoksia. Sovella edella kuvattuja toimenpiteita ja CAP-
sertifiointijarjestely 14:n immunohistokemian laadunvarmistussuosituksia ja/tai NCCLS IHC -ohjeita. 14 tai
paikallisia maarayksia ja ohjeita. Toista nama laadunvalvontatoimenpiteet kullekin uudelle vasta-aineen
erdlle tai aina kun analyysiparametreissa on muutos. Laadunvalvontaa ei voida suorittaa merkityksellisesti
yksittaiselld reagenssilla eristetyissa olosuhteissa, silla yhdistetyt reagenssit yhdessa maaritetyn
analyysiprotokollan kanssa on testattava synkronoidusti ennen detektiojarjestelman kayttamista
diagnostisiin tarkoituksiin. Katso kunkin ensisijaisen vasta-ainepakkauksen pakkausseloste kudoksille, jotka
soveltuvat analyysin todentamiseen.

Edella mainittujen analyysien todentamismenetelmien lisaksi suosittelemme positiivisten kudosten
kontrollivarjayksia kuukausittain ja niiden vertailua saman kudoksen edellisen kuukauden
kontrollivarjdykseen. Kuukausittain suoritettujen kontrollivarjdysten vertailu mahdollistaa analyysin
stabiilisuuden, herkkyyden, spesifisyyden ja toistettavuuden tarkkailun.

BOND-teranostiset jarjestelmat sisaltavat kaikki asianmukaiset kontrollireagenssit, ja ne voivat sisaltéa
testien suorittamiseen tarvittavat jarjestelman kontrollileikkeet. Mukana toimitettujen kontrollien
kayttdminen tarkasti kayttdohjeiden mukaisesti on tarkeaa. Talon omia kudoskontrolleja (eivat sisélly) tulee
kayttaa silloin, kun kayttdohjeissa ndin suositellaan. Talon omia toimenpiteita ei ole validoitu, eika niitd nain
ollen tule kayttaa — painvastainen toiminta mitatdi diagnostisen tuloksen.

Kaikki laadunvalvontavaatimukset tulee toteuttaa paikallisten, osavaltion ja/tai liittovaltion maaraysten tai
akkreditointivaatimusten mukaisesti.

14.3.2  Kudoskontrollit

14.3.2.1 Positiivinen kudoskontrolli

« Osoittaa oikein valmistellut kudokset ja asianmukaiset varjaystekniikat.

« Sisédltada yhden positiivisen kudoskontrollin kullekin testaussarjalle jokaisessa varjaysajossa.

« Kudos, jolla on heikko positiivinen varjays, sopii paremmin kuin kudos, jolla on voimakas positiivinen
varjays optimaalisen laadunvalvonnan varmistamiseksi ja vahaisten reagenssien hajoamistasojen
havaitsemiseksi 4.

« Vahvoja, keskitasoisia ja heikkoja antigeenitiheyden/nukleiinihappoilmaisun osoittavia kudoksia
sisaltdvan monikudosleikkeen kayttaminen takaa laaja-alaisen kontrollin.

« Jos positiiviset kudoskontrollit eivat osoita positiivista varjaytymista, testindytteiden tuloksia on
pidettava virheellising.

« Suosittelemme, etta kaytat aina BOND-jarjestelmaa siten, etta kontrollikudos on samalla leikkeella
kuin naytekudos optimaalisen laadunvalvonnan varmistamiseksi.
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14.3.2.2 Negatiivinen kudoskontrolli

« Tarkasta positiivisen kudoskontrollin jalkeen kohdeantigeenin merkinnan spesifisyys primaarivasta-
aineella IHC:ssa tai kohdenukleiinihapon merkinnan spesifisyys anturilla ISH:ssa, jolloin voit myds
selvittaa spesifin taustavarjayksen (vaara positiivinen varjays).

« Useimmissa kudoslohkoissa esiintyvien eri solutyyppien monimuotoisuus antaa usein negatiivisia
kontrollikohtia, mutta kayttajan tulisi tarkistaa tama.

« Jos spesifia varjdysta tapahtuu negatiivisessa kudoskontrollissa, potilasnaytteen tuloksia on
pidettdva virheellisena.

14.3.3  Negatiivinen reagenssikontrolli IHC:lle

Kaytd negatiivista reagenssikontrollia IHC:lle primaarivasta-aineen sijasta kunkin potilasndytteen lohkolla ei-
spesifin varjayksen arviointiin ja spesifin varjayksen paremman tulkinnan saavuttamiseen.

« Suositeltu ihanteellinen kontrollireagenssi:

i. Kaytda monoklonaalisissa vasta-aineissa saman isotyypin vasta-ainetta kuin mita tuotetaan
supernatantista kudosviljelmasta ja samalla tavoin kuin primaarivasta-ainetta, mutta vasta-
ainetta, joka ei osoita spesifia reaktiivisuutta ihmiskudoksilla.

Laimenna tdma samaan immunoglobuliini- tai proteiinipitoisuuteen kuin primaarivasta-aine
kdyttden samaa laimenninta (BOND Primary Antibody Diluent).

Jos naudan sikidseerumi sailyy puhtaassa vasta-aineessa prosessoinnin jalkeen, kaytettavaksi
sopii my6s naudan sikidseerumi, jonka proteiinipitoisuus vastaa samalla laimentimella
laimennettua primaarivasta-ainetta.

ii. Kayta polyklonaalisissa vasta-aineissa normaalin tai ei-immuunin seerumin immunoglobuliinin
fraktiota (tai koko seerumia, jos asianmukaista), joka on perdisin samasta eldinldhteestd ja
jolla on sama proteiinipitoisuus kuin primaarivasta-aineella samaa laimenninta kayttaen
(BOND Primary Antibody Diluent).

« Pelkkdaa BOND Primary Antibody Diluent -laimenninta voidaan kdyttad védhemman suositeltavana
vaihtoehtona aiemmin kuvatuille negatiivisille reagenssikontrolleille.

« Negatiivisen reagenssikontrollin inkubaatioajan tulee vastata primaarivasta-aineen inkubaatioaikaa.

« Kayta erillista negatiivista reagenssikontrollileiketta kullekin kaytetylle talteenottomenetelmalle
(mukaan lukien ei talteenottoa) tietylla primaarivasta-aineella.

« Kun perakkaisissa lohkoissa kaytetaan useiden vasta-aineiden paneelia, yhden leikkeen negatiivisesti
varjaytyneet alueet voivat toimia negatiivisina/ei-spesifina sitovina taustakontrolleina muille vasta-
aineille.

« Erottaaksesi endogeenisen entsyymiaktiviteetin tai entsyymien ei-spesifin sitomisen spesifista
immunoreaktiivisuudesta, varjaa lisaa potilaskudoksia ainoastaan substraattikromogeeni- tai
entsyymikomplekseilla ja substraattikromogeenilla.

« BOND-jarjestelma sisaltaa oletusarvoisen negatiivisen IHC-kontrollireagenssin nimelta “*Negative”,
joka voidaan valita minka tahansa IHC-protokollan markkeriksi. Se korvaa BOND Wash -liuoksen (ks.
10.5.2 - Tapauksen ja leikkeen asetukset).

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 305



14. BOND-reagenssien kaytto

14.3.4 Reagenssikontrollit ISH:lle

14.3.4.1 Positiivinen reagenssikontrolli

Kaytd in situ -hybridisaatiossa positiivista kontrollianturia.

« Kayta sita anturin asemasta kunkin potilasnadytteen lohkolla, jotta saat tietoa nukleiinihappojen
sailymisesta kudoksessa seka nukleiinihappojen paasysta anturiin.

« Positiivisen kontrollianturin protokollan tulisi vastata testianturin protokollaa.

« Jos positiivinen kontrollianturi ei osoita positiivista varjdytymista, testindytteiden tuloksia on
pidettava virheellising.

14.3.4.2 Negatiivinen reagenssikontrolli

Kayta in situ -hybridisaatiossa negatiivista kontrollianturia.

« Negatiivisen kontrollianturin protokollan tulisi vastata testianturin protokollaa.

« Kayta sitd anturin asemasta kunkin potilasnaytteen lohkolla ei-spesifin varjdyksen arviointiin ja
spesifin varjdyksen paremman tulkinnan saavuttamiseen.

« Negatiivisen reagenssikontrollin inkubaatioajan tulee vastata anturin inkubaatioaikaa.

« Kayta erillista negatiivista reagenssikontrollileiketta kullekin kaytetylle talteenottomenetelmalle
(mukaan lukien ei talteenottoa) tietylla anturilla.

« Erottaaksesi endogeenisen entsyymiaktiviteetin tai entsyymien ei-spesifin sitomisen spesifista
immunoreaktiivisuudesta, varjaa lisaa potilaskudoksia ainoastaan substraattikromogeeni- tai
entsyymikomplekseilla ja substraattikromogeenilla.
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14.3.5

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto laadunvalvonnan eduista.

Laadunvalvonnan edut

Kudos: Spesifi vasta- Positiivinen Negatiivinen
Kiinnit , aine/anturi reagenssikontro | reagenssin
inn ett}/]a detektiojarjestelman Ili sekd samat kontrolli [ISH]
prosessoitu kuten . o . . il
reagensseilla detektiojarjestelm | tai ei-spesifi

potilasndyte

an reagenssit, joita
kaytetdan spesifin
vasta-
aineen/anturin
kanssa

vasta-aine tai
puskuri [IHC]
seka samat
detektiojarjestelm
an reagenssit, joita
kaytetaan spesifin
vasta-
aineen/anturin
kanssa

Positiivinen
kudoskontrolli:
Kudos tai solut, jotka
sisdltavat havaittavan
kohdeantigeeni-
/nukleiinihapposekven
ssin (voidaan paikantaa
potilaskudoksessa).
Ihanteellinen kontrolli
on heikosti positiivinen
kudoksen
varjaytyminen, joka on
kaikkein herkin vasta-
aineelle/nukleiinihapon

Kontrolloi analyysin
kaikkia vaiheita.
Validoi varjéykseen
kaytetyn reagenssin ja
toimenpiteet.

Ei-spesifin
taustavarjayksen
havaitseminen

hajoamiselle.
Negatiivinen Vasta-aineen tahattoman Ei-spesifin
kudoskontrolli ristireaktiivisuuden taustavérjayksen

Kudokset tai solut,
joiden odotetaan
olevan negatiivisia
(voivat sijaita
potilaskudoksessa tai
positiivisessa
kontrollikudoksessa)

havaitseminen
soluihin/solukomponentte
ihin [THC]

Anturin tahattoman
ristihybridisaation
havaitseminen muihin
nukleiinihapposekvenssei
hin tai
soluihin/solukomponentte
ihin [ISH]

havaitseminen
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Kudos:

Kiinnitetty ja

prosessoitu kuten

potilasnayte

Spesifi vasta-
aine/anturi
detektiojarjestelman
reagensseilla

Positiivinen
reagenssikontro
Ili seka samat
detektiojarjestelm
an reagenssit, joita
kaytetaan spesifin
vasta-
aineen/anturin
kanssa

Negatiivinen
reagenssin
kontrolli [ISH]
tai ei-spesifi
vasta-aine tai
puskuri [IHC]
seka samat
detektiojarjestelm
an reagenssit, joita
kaytetaan spesifin
vasta-
aineen/anturin
kanssa

Potilaskudos

Spesifin varjayksen
havaitseminen

Nukleiinihapon
sailymisen/kudoks
en kiinnityksen
arviointi ja/tai
talteenotto [ISH]

Ei-spesifin
taustavarjayksen
havaitseminen

14.4 Varjayksen tulkinta

Patevan patologin, jolla on kokemusta immunohistokemiallisista ja/tai in situ -hybridisaatiomenetelmista,
tulee arvioida kontrollit ja hyvaksya varjaystuote ennen tulosten tulkintaa.

Antigeenien detektion spesifisyys ja herkkyys riippuvat kdytetysta spesifista primaarivasta-aineesta. Jotta
haluttu varjays voidaan varmistaa, optimoi jokainen spesifi vasta-aine BOND-jarjestelmassa vaihtelemalla
inkubaatioaikaa ja/tai spesifin vasta-aineen pitoisuutta. Jos spesifistad vasta-ainetta ei voida optimoida,
seurauksena voi olla suboptimaalinen antigeenin detektio.

Katso:

o 14.4.1 - Positiivinen kudoskontrolli
o 14.4.2 - Negatiivinen kudoskontrolli
« 14.4.3 - Potilaskudos

14.4.1  Positiivinen kudoskontrolli

Tarkasta positiivinen kudoskontrolli ensin varmistaaksesi, etta kaikki reagenssit toimivat oikein.

Kun kaytetaan DAB-pohjaisia jarjestelmia, kohdesoluissa ilmeneva ruskea reaktiotuote (3,3’
diaminobentsidiinitetrakloridi, DAB) ilmoittaa positiivisen reaktiivisuuden. Kun kaytat BOND Polymer Red
Detection Systems -detektiojarjestelmid, kohdesoluissa ilmeneva punainen reaktiotuote ilmoittaa
positiivisen reaktiivisuuden. Jos positiiviset kudoskontrollit eivat osoita positiivista varjaytymista,
testindytteiden tuloksia on pidettava virheellisina.
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14.4.2  Negatiivinen kudoskontrolli

Tarkasta negatiivinen kudoskontrolli positiivisen kudoskontrollin jalkeen varmistaaksesi
kohdeantigeenin/nukleiinihapon merkinnan spesifisyys primaarivasta-aineella/anturilla.

Spesifin varjayksen puuttuminen negatiivisessa kudoskontrollissa vahvistaa vasta-aineen/anturin puuttuvan
ristireaktiivisuuden soluihin/solukomponentteihin.

Jos negatiivisessa ulkoisessa kudoskontrollissa ilmenee spesifia varjaysta (vaara positiivinen varjays),
tuloksia on pidettava virheellisind. Mikali ei-spesifia varjdystd ilmenee, se ndyttaa yleensa hajanaiselta.
Sidekudoksen satunnaista varjaytymista voidaan myos havaita liiallisesti formaliinikiinnitettyjen kudosten
lohkoista. Kayta ehjia soluja varjaystulosten tulkintaan. Nekroottiset tai degeneroituneet solut varjaytyvat
usein ei-spesifisti.

14.4.3  Potilaskudos

Tutki primaarivasta-aineella/anturilla varjattyja potilasnaytteita viimeiseksi.

Positiivisen varjayksen intensiteetti tulee arvioida negatiivisen reagenssikontrollin ei-spesifin
taustavarjayksen yhteydessa. Kuten missa tahansa immunohistokemiallisissa tai in situ -
hybridisaatiotestissa, negatiivinen tulos tarkoittaa, ettd antigeenid/nukleiinihappoa ei havaittu, eika sita,
ettd antigeenid/nukleiinihappoa ei olisi ollut analysoiduissa soluissa tai kudoksessa.

Kayta tarvittaessa vasta-aineiden paneelia vaarien negatiivisten reaktioiden tunnistamiseen.

14.5 Yleiset rajoitukset

« Immunohistokemia ja in situ -hybridisaatio ovat monivaiheisia diagnostisia prosesseja, jotka vaativat
erityiskoulutusta asianmukaisten reagenssien valintaan, kudoksen valintaan, kiinnitykseen ja
kasittelyyn, leikkeiden valmisteluun ja varjaystulosten tulkintaan.

« Kudoksen varjaytyminen riippuu kudoksen kasittelysta ja prosessoinnista ennen varjdysta. Vaarin
suoritettu kiinnitys, jaddyttaminen, sulattaminen, pesu, kuivaus, kuumennus, lohkottaminen tai
kontaminaatio muiden kudosten tai nesteiden kanssa saattaa tuottaa artefakteja, vasta-ainekertymia
tai vaaria negatiivisia tuloksia. Ristiriitaiset tulokset voivat johtua kiinnitys- ja valamismenetelmien
vaihteluista tai kudoksen luontaisista epasaannéllisyyksista 18,

« Liiallinen tai epataydellinen vastavarjays voi vaarantaa tulosten tulkinnan.

« Kaikkien varjdysten tai niiden puuttumisen kliinista tulkintaa tulee tédydentaa morfologisilla
tutkimuksilla asianmukaisia kontrollimenetelmia kayttden ja patevan patologin tulee arvioida ne
potilaan kliinisen historian ja muiden diagnostisten testien pohjalta.

« Hepatiitti B -virusta sairastavien henkildiden hepatiitti B -pinta-antigeenia (HbSag) sisaltavat
kudokset voivat antaa epaspesifeja varjaystuloksia piparjuuriperoksidaasilla. 1°.

« Odottamattomat negatiiviset reaktiot huonosti erilaistuneissa kasvaimissa saattavat johtua
antigeenin ilmaisun haviamisesta tai merkittavasta vahenemisesta, tai antigeenin geenikoodauksen
havidmisesta tai mutaatiosta. Odottamaton positiivinen varjays kasvaimissa saattaa johtua sellaisen
antigeenin ilmaisusta, jota ei yleensa esiinny morfologisesti samankaltaisissa normaaleissa soluissa,
tai antigeenin pysyvyydesta tai osuudesta kasvaimessa, johon kehittyy toiseen soluhaaraan liittyvia
morfologisia ja immunohistokemiallisia ominaisuuksia (divergentti erilaistuminen). Histopatologinen
kasvainten luokittelu ei ole tarkka tieteenala, ja jotkut kirjallisuusraportit odottamattomasta
varjaantymisesta voivat olla kiistanalaisia.
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IHC

ISH

Reagenssit voivat osoittaa odottamattomia reaktioita aiemmin testaamattomissa kudoksissa.
Odottamattomien reaktioiden mahdollisuutta myos jo testatuissa kudosryhmissa ei voida taysin
sulkea pois kasvaimissa tai muissa patologisissa kudoksissa esiintyvan antigeenien ilmaisujen /
kohdenukleiinihapon biologisen vaihtelevuuden vuoksi. Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjaan tai
Leica Biosystemsin alueelliseen toimistoon odottamattomien reaktioiden raportoimiseksi.

Normaalit tai ei-immuunit seerumit samasta eldinldhteesta kuin sekundaariset antiseerumit, joita
kaytetaan blokkaamisvaiheissa, voivat aiheuttaa vaaria negatiivisia tai vaaria positiivisia tuloksia
autovasta-aineiden tai luonnollisten vasta-aineiden takia.

IHC:ssa voi ilmeta vaaria positiivisia tuloksia proteiinien tai substraattireaktiotuotteiden ei-
immunologisen sitomisen vuoksi. Ne voivat johtua my&s pseudoperoksidaasiaktiivisuudesta
(erytrosyytit), endogeenisesta peroksidaasiaktiivisuudesta (sytokromi C) tai endogeenisestd
biotiinista (esimerkiksi maksa, rinta, aivot, munuaiset) riippuen kdytetysta immunovarjayksen
tyypista 16.

Vaarat negatiiviset tulokset IHC:ssa voivat johtua useista tekijoistd, mukaan lukien todellinen
antigeenin lasku, hdviaminen tai rakenteellinen muutos kasvaimen “ei-erilaistumisen” aikana tai
artefaktimuutos kiinnityksen tai prosessoinnin aikana. Kuten kaikissa immunohistokemiallisissa
testeissa, negatiivinen tulos tarkoittaa sitd, ettd antigeenia ei havaittu, eika sitd, ettd antigeenia ei
olisi ollut analysoiduissa kudoksissa.

ISH:ssa voi ilmeta vaaria positiivisia tuloksia johtuen anturin ristireaktiivisuudesta muihin
nukleiinihapposekvensseihin sekéd anturin tai detektioreagenssien ei-spesifista sidoksesta kudokseen
tai kudoskomponentteihin 18, Negatiiviset kudos- ja reagenssikontrollit on siséllytettéva testaukseen
vaarien positiivisten varjaysten tunnistamiseksi.

DNA ja RNA voivat hajota nukleaasin aktiviteetin johdosta 819, Siksi on tarkeaé testata positiiviset
kontrollianturit potilaskudoksella yhta aikaa kuin spesifilld anturilla ja potilaskudoksella
nukleiinihapon hajoamisen havaitsemiseksi. Kiinnitysaineen valinta vaikuttaa nukleiinihappojen
sailymiseen. Tasta syysta suositellaan kudosten kiinnittamista 10-prosenttisella neutraalilla
puskuroidulla formaliinilla. 1°. Kuten miss& tahansa in situ -hybridisaatiotestissa, negatiivinen tulos
tarkoittaa, etta nukleiinihappoa ei havaittu, eika sita, ettd nukleiinihappoa ei olisi ollut analysoiduissa
kudoksissa.
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15. Jarjestelman hallinta ( BOND -
ohjaimessa)

15.1 BOND System Manager (Jarjestelmanhallinta)

15.1.1  Yleiskatsaus

BOND System Manager on apuohjelma, jonka avulla voit helposti tarkastella BOND-jarjestelman kayttamien
ensisijaisten ohjelmistopalvelujen tilaa, lopettaa ja kdynnistaa yksittaisia palveluja, kuten Print Spoolerin
(Taustatulostus), tai lopettaa tai kdynnistaa kaikki palvelut.

Asiakastuki voi kuitenkin pyytaa sinua lopettamaan tai kdynnistamaan yhden tai

f Al3 lopeta mitdén palveluita, silld se estdd BOND-jarjestelmaa toimimasta oikein.
useamman palvelun osana jarjestelman vianmaaritysta.

Voit avata BOND System Manager -apuohjelman napsauttamalla Windowsin ilmoitusalueella olevaa BOND

System Manager -kuvaketta £ .

F=H | = I 0549
SN| = ’_"'-*1-" Wl gy 05200 E
6 Kuvake voi olla piilotettuna nakymasta. Jos ndin on, saat sen nakyviin napsauttamalla pienta ylanuolta.

Jos BOND-jarjestelmavirhe tapahtuu, nakyviin tulee ilmoitusviesti; voit piilottaa viestin napsauttamalla sita.

BOND System Manager -ikkunan voi piilottaa napsauttamalla Windowsin ilmoitusalueella olevaa kuvaketta
uudelleen.
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15.1.2 BOND System Manager -ikkuna

+ BOND System Manager

Lesca BOMD Instrument Contrad o
Lesca BOND Batch Management t o [ =]
Lesta DHCP Sarver | o -
Lesca BOMD Print Management Irest W -
Lesca BOND Heartheat Service o .
Leica BOMD Password Management L v a
Lesca BOMD LIS Serdce t o a
Print Spodler i .
PostgreSQL - PostgreSL Server Irest W ]
PostgreS0L Agent - BOMD " a
World Wide Web Pubkshing Senede | o [ ]

B statan [ Stop AN

.y BrAlam
EN||& 1 [ | i &

Kuva 15-1: BOND System Manager -ikkuna

0 BOND-jarjestelmévirheen tapahtuessa BOND System Manager -kuvake £ péivittyy ndyttdmaan virheen
tyypin:

« £ yksi tai useampi palvelu on lopetettu (“" naytetdsn myos BOND System Manager -ndytdssa)

« Jg yhteyttd BOND-jarjestelmaén ei voida muodostaa (o naytetdan myods BOND System Manager
-ndytdn vasemmassa ylakulmassa)

BOND-ADVANCE-asennuksen tapauksessa tama tarkoittaa todennakdisimmin, etta:

i. ohjain on kytketty pois paalta tai
ii. terminaaliverkkoyhteys on katkaistu tai
iii. terminaaliverkon kytkin on kytketty pois paélta.

« £ BOND System Manager ei ole kdytettévissa (6 ndytetdaan myds BOND System Manager -
naytdn vasemmassa yldkulmassa).
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15.1.3 Palvelujen lopettaminen

Yksittdinen palvelu voidaan lopettaa napsauttamalla palvelun nimen oikealla puolella olevaa punaista
lopetuspainiketta. Kaikki palvelut voidaan vaihtoehtoisesti lopettaa napsauttamalla palveluluettelon
alapuolella olevaa Stop All (Lopeta kaikki) -painiketta.

Nakyviin tulee ponnahdusikkuna, joka pyytaa sinua vahvistamaan, etta haluat lopettaa palvelut. Napsauta
Yes (Kylld), jos haluat jatkaa, tai No (Ei) peruuttaaksesi toimen.

5

Stopping services sl prevesd BOMD from ot aibing correctty
[ you wish 0 corbrue?

Kuva 15-2: Vahvistusvalintaikkuna

Joitakin palveluja ei voi lopettaa (PostgresSQL, PostgresSQL Server ja World Wide Web Publishing Service),
koska BOND System Manager tarvitsee niitd toimiakseen. Naiden palveluiden lopettamispainikkeet eivét ole
kaytettdvissa.

15.1.4 Palvelujen kdynnistaminen

Kun palvelu lopetetaan, BOND-ohjelmisto kdynnistaa palvelun useimmiten automaattisesti uudelleen
muutaman minuutin kuluessa.

Jos BOND-jarjestelma ei toimi odotetusti ja huomaat, etta yksi tai useampi palvelu on lopetettu, voit
kdynnistaa lopetetut palvelu BOND System Manager -apuohjelman avulla.

Yksittdinen palvelu kdynnistetadn napsauttamalla palvelun nimen oikealla puolella olevaa vihreaa
kaynnistyspainiketta. Kaikki palvelut voidaan vaihtoehtoisesti kdaynnistda napsauttamalla palveluluettelon
alapuolella olevaa Start All (Kaynnista kaikki) -painiketta.

BOND System Manager

Lesca BOND Instrument Conbno L W .
Lesca BOMD Batch Management t W a
Leaca DHCP Server -
Lesca BOMND Print Management Irest W -
Lesxca BOND Heartheat Service o -
Lesca BOMD Password Management .
Lesca BOND LIS Serdce t v a
Print Spoaler u .
PostgreSOL - PostreSoL Server Irest W

a

PostgreSQL Agent - BOMD /

World Wide Web Pubkshing Serece

B statan B Stop an

. oo B:ZLAM
EN||l= Lk |
TR

Kuva 15-3: BOND System Manager -apuohjelmassa ndytetaan varoituskolmio (Print Spooler
[Taustatulostus] -palvelu lopetettu)
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15.2

Kaikki BOND-ohjainten ja -pdatteitten kiintolevyt ovat vikasietoisia BOND-jarjestelman suojaamiseksi, jos

Kiintolevyn vikasietoisuus

kiintolevy vikaantuu. Téma suojausjarjestelma valvoo jatkuvasti jarjestelman kiintolevyja. Kulloinkin
voimassa oleva tila ndytetaan kuvakkeella Windowsin ilmoitusalueella.

Kuvake

Merkitys

Normaali - Kiintolevyt toimivat oikein.

Varoitus — Jarjestelman kiintolevyissa on ongelma. Ota yhteytta
asiakastukeen.

Virhe — On tapahtunut kiintolevyn virhe. Ota yhteytta asiakastukeen.

Varattu — Tama voidaan nayttaa kiintolevyja tarkistettaessa esimerkiksi
odottamattoman sammutuksen jalkeen. Ohjain tai terminaali voi toimia
tarkistuksen aikana hitaasti; tdma kestaa yleensa 2—-3 tuntia. BOND-
jarjestelmaa ei ehka voi kayttaa tana aikana.

Kuvakkeen tulisi palata tarkistuksen jéalkeen normaalitilaansa, jolloin myés
kiintolevyjen normaali toiminta jatkuu. Jos kuvake kuitenkin nayttaa varoitus-
tai virhetilaa, ota yhteytta asiakastukeen.

Palvelu ei kdynnissa — Ohjelmistopalvelu, jolla kiintolevyn suojausta
valvotaan, ei ole kdynnissa. Kuvake nayttaa taman tilan, kun ohjainta tai
terminaalia kdynnistetaan. Ota yhteyttd asiakastukeen, jos kuvake ei ndyta
normaalitilaa edes useiden minuuttien kuluttua.
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16. BOND-ADVANCE-toiminnot

16.1 BOND-ADVANCE -jarjestelman kaynnistéaminen
uudelleen

6 Suorita tdama toimenpide vain, jos:

« Leica Biosystems -asiakastuki on pyytanyt sinua tekemaan niin tai
« valmistaudut suunniteltuun sahkokatkokseen.

Kaynnista koko BOND-jarjestelma uudelleen seuraavasti:

1. Varmista, ettei mitadn instrumentteja kdyteta (eli ettd yksikaan leikealusta ei ole lukittuna).

Kytke kaikki prosessointimoduulit pois paalta.

Kytke kaikki terminaalit pois paalta (napsauta Start [Kdynnista] > Shut Down [Sammuta]).
Kytke toissijainen ohjain pois paalta (jos sellainen on kayttssa) painamalla virtapainiketta lyhyesti
(katso esimerkki alta).

5. Kytke ensisijainen ohjain pois padlta painamalla virtapainiketta lyhyesti (katso Kuva 16-1).

H N

6 Virtapainike voi olla ohjaimen irrotettavan etusuojuksen takana, joka voi olla lukossa. Hae tdssa tapauksessa
ensin avain maaritetyltd henkildlta, jolla on avain.

Seuraa ohjauspaneelin ndyttdd sammuttamisen aikana, silla virtapainiketta voi olla tarpeen painaa
toistamiseen, mikali sammutusprosessi ei enda jatku, kun Windowsin sisadnkirjautumisnaytto
saavutetaan. Jos ndin kdy, odota vahintdan 90 sekuntia ja paina sitten virtapainiketta uudelleen.

Kun painat virtapainiketta uudelleen, ohjaimen sammuttaminen alkaa. Alé paina virtapainiketta yli 2
sekunnin ajan, sillad tdma voi saada aikaan tehdasasetusten palautuksen ja sammuttaa ohjaimen
valittdmasti. Ohjaimen sammuminen (virtapainikkeen valon sammuminen) kestaa korkeintaan 45 sekuntia.

6. Odota 2 minuuttia ja kytke sitten ensisijainen ohjain paalle.

Jos nayttéon avautuu Shutdown event tracker (Sammutustapahtuman seuranta) -ikkuna, sulje se
valitsemalla Cancel (Peruuta) tai <Esc>-nappain.

7. Odota 30 sekuntia ja kytke sitten toissijainen ohjain paalle (jos sellainen on kaytdssa).
8. Kun ohjaimet ovat kdynnistyneet kokonaan, kytke paalle kaikki terminaalit.

9. Kytke paalle kaikki prosessointimoduulit.

10.Kirjaudu sisaan kuhunkin terminaaliin.

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 317



16. BOND-ADVANCE-toiminnot

Kuva 16-1: Virtapainikkeen sijainti ohjaimen etupaneelissa (kuvassa suojus poistettuna)

Nro Nimi

1 Virtapainike

16.2 Toissijaiseen ohjaimeen vaihtaminen

ﬁ Nama ohjeet koskevat vain BOND-ADVANCE-jarjestelmid, joissa on toissijainen (vara)ohjain. Suorita tdma
toimenpide vain, jos:

« Leica Biosystems -asiakastuki on pyytanyt sinua tekemaan niin tai
« ensisijainen ohjain ei toimi.

Toissijainen ohjain toimii itsendisessa tilassa, eika jarjestelmassa ole enaa vikasietoista
varmuuskopiointiominaisuutta. Toimenpiteen suorittamisen jélkeen BOND-jarjestelma jatkaa kuitenkin
prosessointia tavanomaiseen tapaansa.

6 Vaihtoprosessin aikana voidaan menettaa viimeisten 5 minuutin prosessointitiedot. Lisaksi kaikki
vaihtoprosessin aikana lahetetyt LIS-viestit voidaan menettaa. Tarkista taman vuoksi vaihdon jalkeen,
puuttuuko mitdan leikkeitd. Jos ndin on, laheta leikkeiden tiedot uudelleen LIS:n kautta tai luo puuttuvat
leikkeet manuaalisesti BOND-jarjestelmassa.
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1. Sulje kaikki kliiniset asiakasohjelmat ja yllapito-ohjelmat kaikissa BOND-ADVANCE-terminaaleissa.

2. Irrota terminaalin verkkokaapeli ensisijaisen ohjaimen portista, jossa on merkinta T1 tai T2, ja kytke
kaapeli sitten samaan porttiin toissijaisessa ohjaimessa.

Katso Figure 16-2.

Figure 16-2: Ohjaimen terminaaliportit

3. Irrota instrumentin verkkokaapeli ensisijaisen ohjaimen portista, jossa on merkintd I1 tai I2, ja
kytke kaapeli sitten samaan porttiin toissijaisessa ohjaimessa.

Katso Figure 16-3.

Figure 16-3: Ohjaimen instrumenttiportit
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4. TIrrota sillan verkkokaapeli ensisijaisen ohjaimen portista B1 tai B2.
Katso Figure 16-4.

Figure 16-4: Ohjaimen siltaportit

BOND-ADVANCE-jarjestelma havaitsee, etta verkkokaapelit on kytketty toissijaiseen ohjaimeen, ja
nayttaa vahvistusvalintaikkunan kaikissa terminaaleissa. Katso Figure 16-5.

Secondary (backup) contraller is connected

The system has detected that the BOND- A0YANCE Termmals are
nowy conmected to the secondary [hadeup] contraler.

If thiere s @ problems with the primary contrader and you would ke
to conbevwe oparation usng your secandary conkroller 35 a
standslong contraller, than enter your usemame and password and
didk 0K to continue. This operation s mot rewersibie wikhout onste
support fromm 2 Leica representative,

If you do conbinue, comtact oUstomer SUPDOTT to amsnge sendce of
vour dsconnected controdler. Tt is necessary for a Leica serice
respresenfabie o repain or replace the deoonnected canlroller,

Usermame: |testusar

Passwiard: | SR ERAREREAE

-
Figure 16-5: Valintaikkuna — toissijainen (vara)ohjain liitetty
0 Vaihdon palauttaminen ei ole mahdollista ilman paikan paalle saapuvaa Leica Biosystemsin edustajaa.

5. Vahvista, ettd haluat jatkaa vaihtoa toimimalla seuraavasti:

i. Syota kayttajanimesi ja salasanasi annettuihin kenttiin.
ii. Vahvista napsauttamalla OK.

0 Jos toinen kayttdja jatkaa vaihtoa ennen sinua, edelld mainittu valintaikkuna haviaa nakyvista.
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6. Kun olet vahvistanut vaihdon, kytke ensisijainen ohjain pois paalta.

7. Odota, kunnes jarjestelma ilmoittaa, etta vaihto itsendiseen toimintaan on onnistunut (katso Figure
16-6). Kaynnista sitten kliininen asiakasohjelma ja kirjaudu sisaan jarjestelmaan normaalisti.

Conversion to standalone succeeded

If you have not aiready done 50, conmect the instnement network cable to port 11 or 12 on the
secondary (now standalong) controller.

¥ou should immediately perform a manual database backup,

Figure 16-6: Valintaikkuna — vaihto itsendiseen toimintaan onnistui

8. Avaa valittdmasti yllapito-ohjelma ja varmuuskopioi tietokanta manuaalisesti. Katso
10.5.1 - Laboratorioasetukset (Laboratorioasetukset).
Kun vaihto toissijaiseen ohjaimeen on tehty, kaikkien leikkeiden ja instrumenttien tilan tulisi
automaattisesti pdivittya jarjestelman tilaa vastaaviksi. Jos ajoja kuitenkin tehtiin, kun instrumentit oli
kytketty irti ohjaimesta, ajon tilana ndytetaan edelleen In Progress (Kaynnissd). Tassa tapauksessa
kyseessa olevan leikealustan lukitus on avattava, jotta leikkeen varjayskokoonpanon tila paivittyy.

ﬁ Ota yhteys asiakastukeen jarjestaaksesi irti kytketyn ohjaimen huollon. Irti kytketyn ohjaimen saa korjata tai
vaihtaa vain Leica Biosystems -huoltoedustaja.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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17. Leikkeen
merkintatulostimen
vaihtaminen

17.1  Cognitive Cxi -tulostimen vaihtaminen yhden paikan
jarjestelmassa

Vaihda Cognitive-tulostin uuteen Cognitive-tulostimeen seuraavasti.

1. Kytke vanhan tulostimen sivulla oleva virtakytkin pois paalta.

Irrota USB-kaapeli ja virtajohto vanhan tulostimen takaa.

Liitd USB-kaapeli ja virtajohto uuteen tulostimeen.

Kytke uuden tulostimen sivulla oleva virtakytkin paalle.

BOND-ohjain nayttaa tydpoydan ilmoitusalueella (oikea alareuna) viestin tulostimen I16ytymisesta.

H N

5. Siirry kohtaan: Windows Start > Devices and Printers (Windows-kaynnistys > Laitteet ja
tulostimet) ja etsi juuri lisatty tulostin.

6. Napsauta tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Kopioi sitten
tulostimen nimi.

7. Avaa yllapito-ohjelma, Hardware configuration (Laitteistokokoonpano) -naytto ja Slide labelers
(Leikkeen merkintalaitteet) -valilehti, kuten kohdassa 10.6.3 - Leikkeen merkintdlaitteet (Leikkeen
merkintalaitteet) kuvataan. Valitse vanha tulostin, jonka olet vaihtanut uuteen.

8. Liitd nimi (korvaten jo olemassa olevan nimen) Printer name (Tulostimen nimi) -kenttaan siten,
etta nimeksi tulee esimerkiksi “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (kopio 1)".

9. Napsauta Save (Tallenna).

10. Tulosta testimerkinta varmistaaksesi, etta tulostin toimii.
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17.2  Cognitive Cxi -tulostimen vaihtaminen
BOND-ADVANCE -jarjestelmassa

Uuden tulostimen staattiseksi IP-osoitteeksi on asetettava vanhassa tulostimessa kaytetty IP-osoite ennen
kuin uusi tulostin yhdistetdan BOND-ADVANCE-jarjestelmaan.

Tulostimien IP-osoitteet alkavat arvosta 192.168.5.101. Vain viimeinen numero vaihtelee eri tulostimien
valilla. Esimerkiksi tulostimen 2 IP-osoite on 192.168.5.102.

Alla esitetadn, miten vanhan tulostimen staattinen IP-osoite voidaan selvittaa ja asettaa uuteen tulostimeen.
Cognitive-tulostimen etupaneeli

Kuva 17-1 naytetdan Cognitive Cxi -tulostimen nappaimistd ja LCD-naytto.

f EGGNITIVE%

O rower
11

Kuva 17-1: Cognitive-tulostimen LCD-naytto ja nappaimistd

Vanhan tulostimen IP-osoitteen lukeminen

Selvita vanhan tulostimen IP-osoite uutta tulostinta varten seuraavasti:

ﬁ Jos vanhan tulostimen ndytt6a ei jostain syysta voi kayttaa, selvita IP-osoite ohjaimesta noudattamalla
kohdan - Tulostimen IP-osoitteen haku ohjeita.

1. Paina .

Naytolld ndytetdan Main Menu: Language Menu (Paavalikko: Kielivalikko).

2. Valitse o nayttadksesi kohdan Printer Setup (Tulostimen asetukset).

3. Valitse W@ ndyttadksesi kohdan Printer Setup: Comm. Menu (Tulostimen asetukset:
Tietoliikennevalikko).

2. Valitse W ndyttadksesi kohdan Comm. Menu: Timeout (Tietoliikennevalikko: Aikakatkaisu).
4. Paina painiketta g kahdesti nayttaaksesi kohdan Ethernet.

5. Paina .
Naytolld naytetdan Ethernet - DHCP
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6. Paina .
Naytdlla ndytetaédn DHCP Off (DHCP pois paalta). (Jos ndytolla naytetédn DHCP On (DHCP paalla),
muuta arvoa painamalla -.)

7. Paina .
Nayttoon tulee viesti: Value has been set (Arvo on asetettu).

8. Valitse o nayttadksesi kohdan Set Static IP (Aseta staattinen IP-osoite).

9. Nayta nykyinen asetus painamalla .
10. Merkitse staattinen IP-osoite muistiin.
11.Kytke tulostin pois paélta ja kytke se irti virtalahteesta ja verkosta.

Tulostimen IP-osoitteen asettaminen

Aseta uuteen tulostimeen oikea staattinen IP-osoite seuraavasti.

Al3 liita uutta tulostinta BOND-verkkoon ennen kuin olet suorittanut alla olevan
toimenpiteen.

1. Liita uusi tulostin verkkovirtaan ja kytke sen sivulla oleva virtakytkin paalle.
2. Paina .

Naytolld naytetdan Main Menu: Language Menu (Paavalikko: Kielivalikko).
3. Valitse o nayttadksesi kohdan Printer Setup (Tulostimen asetukset).

4. Valitse W nayttdaksesi kohdan Printer Setup: Comm. Menu (Tulostimen asetukset:
Tietoliikennevalikko).

5. Valitse W nayttadksesi kohdan Comm. Menu: Timeout (Tietoliikennevalikko: Aikakatkaisu).
6. Paina painiketta g kahdesti nayttaaksesi kohdan Ethernet.

7. Paina .
Naytolld ndytetdan Ethernet - DHCP

8. Paina .
Naytolla ndytetdan DHCP Off (DHCP pois paalta). (Jos naytolla naytetaan DHCP On (DHCP paalla),
muuta arvoa painamalla -.)

9. Paina .
Nayttdon tulee viesti: Value has been set (Arvo on asetettu).
10. Valitse o nayttadksesi kohdan Set Static IP (Aseta staattinen IP-osoite).

11.Nayta nykyinen asetus painamalla .

12.Syota IP-osoite, jonka otit ylds vanhasta tulostimesta. Voit siirtaa kohdistinta vasemmalle ja oikealle
vasemman ja oikean puoleisilla painikkeilla ja muuttaa arvoa yla- ja alapainikkeilla.

13.Paina .
Nayttdon tulee viesti: Value has been set (Arvo on asetettu).

BOND 6.0 -kayttoopas (EI USA ja Kiina), versio AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2021 325



17. Leikkeen merkintatulostimen vaihtaminen

14.Paina painiketta . useita kertoja, kunnes palaat paanayttéén --COGNITIVE--.
15. Paina tulostimen sivulla oleva virtakytkin OFF-asentoon. Paina se sitten takaisin ON-asentoon.
16. Liitd uuteen tulostimeen Ethernet-kaapeli, jotta se voidaan yhdistaa BOND-verkkoon.

rffs.

Figure 17-2: Ethernet-liitin
17.Avaa yllapito-ohjelma ja tulosta testimerkinta.
Tulostimen IP-osoitteen haku

Jos vanhan tulostimen IP-osoitetta ei voida lukea, maérita uuden tulostimen IP-osoite seuraavasti.
1. Kirjaudu sisadn BOND-ADVANCE-ohjaimeen kdyttajana BONDDashboard.

2. Pienenna ohjauspaneelindytto valitsemalla Windows-logondppain :'. + M.

3. Valitse Windowsin tehtdvapalkista Start (Kaynnistd) ja sitten Devices and Printers (Laitteet ja
tulostimet).

4. Napsauta kyseessa olevan Cognitive-tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse
ponnahdusvalikosta Printer Properties (Tulostimen ominaisuudet), kuten Figure 17-3 naytetaan.

= Printers and Faxes (2]

See what's printing
W Set as default printer
Prnting preferences

Prinler properties

Create shortout
Remove device
Propertes

Figure 17-3: Valitse Tulostimen ominaisuudet

Jarjestelma ndyttaa Properties (Ominaisuudet) -valintaikkunan.
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17.3  Zebra-tulostimen vaihtaminen Cognitive Cxi -
tulostimeen yhden paikan jarjestelmassa

Voit vaihtaa Zebra TLP 3842- tai GX430t-tulostimen Cognitive Cxi -tulostimeen seuraavasti.

6 Jos Zebra-tulostin oli kytkettyna “rinnakkaisella” kaapelilla, voit irrottaa sen BOND-ohjaimesta. Cognitive-
tulostimen liittdémiseen BOND-ohjaimeen tarvitaan USB-kaapeli.

Kytke Zebra-tulostimen takaosassa oleva virtakytkin pois paalta.

Kytke rinnakkainen kaapeli tai USB-kaapeli ja virtajohto irti tulostimen takaa.

Kytke Zebra-tulostimen virtaldhde irti verkkovirrasta.

Liité Cognitive-tulostimen virtalahde verkkovirtaan.

Liita USB-kaapeli ja virtajohto Cognitive-tulostimeen.

Kytke tulostimen sivulla oleva virtakytkin paalle.

BOND-ohjain nayttaa tydpoydan ilmoitusalueella (oikea alareuna) viestin tulostimen I6ytymisesta.

ok LN

7. Valitse Windowsin tehtavapalkista Start (Kaynnistd) ja sitten Devices and Printers (Laitteet ja
tulostimet).

8. Varmista, etta tulostimen nimend naytetdan “Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT".

9. Kirjaudu sisdan BOND-yllapito-ohjelmaan.

10. Avaa Hardware (Laitteisto) -nayttd ja sitten Slide labelers (Leikkeen merkintalaitteet) -valilehti.

11.Valitse Add printer (Lisaa tulostin) (ndytdn vasemmasta alakulmasta).

12.Syota naytdn oikeanpuoleiseen paneeliin:

. Display name (Naytténimi): kayta tulostimen nimea: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT.
« Printer name (Tulostimen nimi): sy6td sama nimi uudelleen.

« Host name (Isantdnimi): jata tama kentta tyhjaksi.

« Printer type (Tulostimen tyyppi): valitse tulostimen malli: Cognitive Cxi.

13.Napsauta Save (Tallenna).

14. Napsauta luettelossa olevaa Zebra-tulostinta hiiren kakkospainikkeella.

15.Valitse ponnahdusikkunasta Delete (Poista).

16.Jarjestelma nayttaa viestin: “Are you sure you want to delete the printer?” (Haluatko varmasti poistaa
tulostimen?)

17.Napsauta Yes (Kylla).
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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18. Tekniset tiedot

o 18.1 - Jarjestelma

« 18.2 - Fyysiset ominaisuudet

o 18.3 - Sahkéteho- ja UPS-vaatimukset
« 18.4 - Ymparistd

« 18.5-Toiminta

« 18.6 - Mikroskooppileikkeet

« 18.7 - Kuljetus ja sdilytys

18.1

Jarjestelma

Verkkoyhteysvaatimukset

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Verkkokaapelit

CAT5e- tai CAT6-suojakaapelit, joissa RJ-45-liittimet

Ethernet-kytkimen vaatimukset:

Yhden paikan

BOND-ADVANCE

Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

8-porttinen Ethernet-kytkin

(tukee enintaan viitta prosessointimoduulia)

8- tai 16-porttinen Ethernet-kytkin (voidaan kytkeé yhteen
enintaan 30 prosessointimoduulin tukemiseksi)

Laitteiden vaatimukset

BOND-jarjestelman saatimien ja terminaalien tulee olla Leica

Biosystems toimittamia

18.2

Fyysiset ominaisuudet

BOND-III BOND-MAX
Mitat L—790 mm L—760 mm

K—-1378 mm K—703 mm

S—-806 mm S—-775mm
Paino (kuiva) 238 kg 120 kg

Vélysvaatimukset

600 mm ylapuolella
0 mm vasemmalla puolella
150 mm oikealla puolella

0 mm takana; kayttdjan on kuitenkin pystyttava irrottamaan
verkkovirtakaapeli prosessointimoduulia liikuttamatta.

Enimmaisetaisyys ulkoiseen
bulkkijatesailiéon (vain BOND-MAX)

~

Im
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18.3

Sahkoteho- ja UPS-vaatimukset

BOND-III

BOND-MAX

Kayttdjannite

(vanhanmallista virtalahdetta kayttavat
instrumentit, joiden takasuojuksessa on

yksi tuuletin)

103.4-127.2 V (nimellisjénnite 110-120 V)

tai

206.8-254 V (nimellisjannite 220240 V)

Kayttéjannite

(uudemman mallista virtaldhdetta
kayttavat instrumentit, joiden
takasuojuksessa on kaksi tuuletinta)

90-264 V (nimellisjannite 100-240 V)

Verkkotaajuus 50/60 Hz 50/60 Hz
Virrankulutus 1200 VA 1000 VA
18.4 Ymparisto

BOND-III BOND-MAX
Suurin kayttélampatila 35°C 35°C
Pienin kayttélampdtila 5°C 5°C
Varjayskykyvaatimusten edellyttama 18-26 °C 18-26 °C

lampdtila

Kayttokosteus (ei tiivistymista)

Suhteellinen kosteus 30-80
%

Suhteellinen kosteus 30-80
%

Kayttokorkeus

0-1 600 m merenpinnan
ylapuolella

0-1 600 m merenpinnan
ylapuolella

Asnenpainetaso (arvossa 1 m)

< 85 dBA, maksimi
< 65 dBA, normaali toiminta

< 85 dBA, maksimi
< 65 dBA, normaali toiminta

Suurin lammitysteho

1200 VA

1000 VA
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18.5 Toiminta

BOND-III

BOND-MAX

Leikekapasiteetti

30 kerrallaan.

Valmiita alustoja (10 leiketta) voidaan vaihtaa jatkuvasti.

Reagenssisailion kapasiteetti

7 mlja 30 ml

7 mlja 30 mi

Reagenssisailion kuollut tilavuus

555 ul (7 ml) ja 1 618 pl (30 ml)

Reagenssisailion varatilavuus

280 pl (7 ml) ja 280 ul (30 ml)

Titraussailion kapasiteetti 6 mi 6ml
Titraussailion kuollut tilavuus 300 ul 300
Titraussailion varatilavuus 280 ul 280 pl
Reagenssisailididen lukumaara 36 36
Bulkkireagenssisailion kapasiteetti 21tai5| 1ltai2l
Vaarallisen jatteen sailion kapasiteetti 51 21
Tavallisen jatteen sdilion kapasiteetti 2x5]1 ~
Ulkoisen bulkkijatesailion kapasiteetti ~ 9l

Kemiallinen yhteensopivuus

Kaikki BOND-reagenssit

70-prosenttinen alkoholiliuos (puhdistustarkoituksiin)

Lampdotilamerkinnat

Oletusarvot (huoltoedustajat voivat muuttaa naita arvoja):

[ammin: 35 °C, kuuma: 80 °C

Kaasu- ja nesteliitantdjen suurin sallittu
paine

1.0 bar

2.5 bar
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18.6  Mikroskooppileikkeet

Mitat

Leveys: 24.64-26.0 mm
Pituus: 74.9-76.0 mm
Paksuus: 0.8—1.3 mm

Merkintatarran alue

Leveys: 24.64—-26.0 mm
Pituus: 16.9-21.0 mm

Materiaali Lasi, ISO 8037/1

Kayttdalue Lisatietoja seuraavissa kaaviokuvissa. Annostelutilavuus
viittaa asetuksiin, jotka voit valita, kun maaritat leikkeita
BOND-ohjelmiston avulla (katso kohta 6.3 - Tapausten
kanssa tyoskentely).

100 pl 150 pl
BOND-III .
BOND-MAX . .
Kuva 18-1: Leikkeiden kayttdalueet BOND-prosessointimoduuleissa
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18.7  Kuljetus ja sailytys

Sailytyslampdtila -20-55°C
Sailytyskosteus (ei tiivistymistd) Suhteellinen kosteus < 80 %
Toimitustavat Sopii lahetettavaksi maantie-, lento- ja merirahtina.

Huomaathan, etta edelld mainitut tiedot koskevat vain pakattuja instrumentteja.

Pakkaamattomien instrumenttien osalta katso kohta 18.4 - Ymparistd.
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Tama sivu on jatetty tarkoituksella tyhjaksi.
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